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FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Comm ission  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ i zation  for standard ization  compris i ng  
a l l  nati onal  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  ob ject  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  questions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic fi e l ds.  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC publ i shes  I n ternational  S tandards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports,  Publ i cl y  Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu i des  (hereafter referred  to  as  “ I EC 
Publ i cation (s)” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  National  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti cipate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non-
governmental  organ i zations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC a l so  parti ci pate  i n  th i s  preparati on .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ ization  for S tandard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement between  the  two organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y as  possi ble,  an  i n ternational  
consensus  of opi n ion  on  the  rel evant sub jects  s i nce  each  techn ical  comm i ttee  has  representati on  from  al l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cati ons  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by  I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  conten t of I EC  
Publ i cations  i s  accurate,  I EC  cannot be  he l d  responsibl e  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m is i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternati onal  u n i form i ty,  I EC National  Commi ttees  undertake  to  appl y I EC Publ i cations  
transparen tl y to  the  maximum  extent  poss ibl e  i n  thei r national  and  reg i ona l  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Publ i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  sha l l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provide  any attestati on  of conform i ty.  I n dependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  respons i ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es.  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  comm i ttees  and  I EC Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property damage  or 
other damage  of any nature  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or rel i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  possib i l i ty that  some  of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  sub ject  of 
patent  ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  respons ibl e  for i denti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts.  

DISCLAIMER 
This  Consol idated  version  i s  not an  official  IEC  Standard  and  has  been  prepared  for 
user conven ience.  On ly the  current versions  of the  standard  and  i ts  amendment(s)  
are  to  be  considered  the official  documents.  

Th is  Consol idated  version  of IEC  60747-1 6-1  bears  the  ed i tion  number 1 . 2.  I t  consists  of 
the  fi rst ed i tion  (2001 -1 1 )  [documents  47E/200/FDIS  and  47E/204/RVD] ,  i ts  amendment 1  
(2007-01 )  [documents  47E/305/FDIS  and  47E/31 7/RVD]  and  i ts  amendment 2  (201 7-02)  
[documents  47E/500/CDV and  47E/51 8/RVC] .  The techn ical  content is  i dentical  to  the  
base  ed i tion  and  i ts  amendments.  

In  th is  Red l ine version ,  a  vertical  l i ne  i n  the  margin  shows where the technical  content 
i s  modified  by amendments  1  and  2 .  Add itions  are  in  green  text,  deletions  are  in  
strikethrough  red  text.  A separate  Final  version  with  al l  changes  accepted  i s  avai lable  
in  th is  publ ication .  
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I n ternational  Standard  I EC 60747-1 6-1  has  been  prepared  by subcommittee  47E:  D iscrete  
sem iconductor devices,  of I EC techn ical  committee  47:  Sem iconductor devices.  

The  French  vers ion  of th is  standard  has  not been  voted  upon .  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/IEC  D i recti ves,  Part 3 .  

The  committee  has  decided  that the  contents  of the  base  publ ication  and  i ts  amendments  wi l l  
remain  unchanged  unti l  the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC  web  s i te  under 
"http : //webstore. iec.ch "  i n  the  data  re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At th is  date,  the  
publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  

 

IMPORTANT – The 'colour inside'  l ogo on  the  cover page  of th is  publ ication  ind icates  
that i t  contains  colours  which  are  considered  to  be  usefu l  for the  correct 
understand ing  of i ts  contents.  Users  shou ld  therefore print th is  document using  a  
colour prin ter.  
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SEMICONDUCTOR DEVICES –  
 

Part 1 6-1 :  Microwave integrated  circuits  – Ampl i fiers  
 
 
 

1  Scope  

This  part of I EC  60747  provides  the  term inology,  the  essen tia l  rati ngs  and  characteristics,  as  
wel l  as  the  measuring  methods  for i n tegrated  ci rcu i t  m icrowave power ampl i fiers.  

2  Normative references  

The  fol l owing  normative  documents  conta in  provis ions  wh ich ,  through  reference i n  th is  text,  
consti tu te  provis ions  of th is  part of I EC 60747.  For dated  references,  subsequent amend -
ments  to ,  or revis ions  of,  any of these  publ ications  do  not apply.  However,  parties  to  
agreements  based  on  th i s  part of I EC 60747  are  encouraged  to  i nvesti gate  the  poss ib i l i ty of 
applying  the  most recent ed i ti ons  of the  normative  documents  i nd icated  be low.  For undated  
references,  the  l atest ed i ti on  of the  normative  document referred  to  appl i es.  Members  of I EC  
and  I SO  main ta in  reg isters  of curren tl y va l id  I n ternational  Standards.  

I EC 60050-702,  International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 702: Oscillations,  signals 
and related devices  (avai l able  at:  h ttp: //www.electroped ia .org)  

I EC 6061 7-1 2 : 1 997,  Graphical symbols for diagrams – Part 12: Binary logic elements 

I EC 6061 7-1 3: 1 993,  Graphical symbols for diagrams – Part 13: Analogue elements  

I EC  6061 7,  Graphical symbols for diagrams  (avai l able  at:  <h ttp: //std . i ec. ch/iec6061 7>)  

I EC 60747-1 : 1 983  2006,  Semiconductor devices – Discrete devices – Part 1 :  General  

I EC 60747-1 : 2006/AMD1 :201 0   

I EC  60747-4: 2007,  Semiconductor devices – Discrete devices – Part 4: Microwave diodes and 
transistors 
I EC 60747-4: 2007/AMD1 :201 7  

IEC 60747-7: 2000,  Semiconductor devices – Part 7: Bipolar transistors  

I EC 60748-2: 1 997,  Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 2: Digital integrated 
circuits 

I EC 60748-3: 1 986,  Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 3:  Analogue integrated 
circuits 
I EC 60748-3: 1 986/AMD1 : 1 991   
I EC 60748-3: 1 986/AMD2: 1 994  

I EC 60748-4: 1 997,  Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 4: Interface integrated 
circuits 

I EC/TS 61 340-5-1 ,  Electrostatics -  Part 5-1 :  Protection of electronic devices from electrostatic 
phenomena - General requirements 

http://www.electropedia.org/
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IEC/TS 61 340-5-2 ,  Electrostatics -  Part 5-2: Protection of electronic devices from electrostatic 
phenomena - User guide 

3 Terminology Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of th is  document,  the  fol lowing  terms  and  defin i ti ons  apply.  

3. 1  
l inear (power)  gain  Gl i n  
power gain  i n  the  l inear reg ion  of the  power transfer curve  Po  (dBm)  =  f(Pi )  

NOTE  I n  th i s  reg ion ,  ∆Po  (dBm)  =  ∆P i  (dBm).  

3.2  
l inear (power)  gain  flatness  ∆Gl i n  
power gain  fl atness  when  the  operati ng  poin t l i es  i n  the  l i near reg ion  of the  power transfer 
curve  

3.3  
power gain  Gp ,  G  
ratio  of the  ou tpu t power to  the  i nput power 

NOTE  Usual l y the  power gai n  i s  expressed  i n  decibel s .  

3.4 
(power)  gain  fl atness  ∆Gp  
d i fference between  the  maximum  and  m in imum  power ga in  for a  speci fi ed  i nput power i n  a  
speci fied  frequency range  

3.5  
(maximum  avai lable)  gain  reduction  ∆Gred  
d i fference i n  decibels  between  the  maximum  and  m in imum  power gains  that can  be  provided  
by the  gain  con trol  

3.6    Output  power l imiting  

3.6. 1  
output  power l imiting  range  
range  i n  wh ich ,  for ri s ing  i nput  power,  the  ou tpu t power i s  l im i ti ng  

NOTE  For speci fi cati on  purposes,  the  l im i ts  of th i s  range  are  speci fi ed  by speci fi ed  l ower and  upper l im i t  va l ues  
for the  i npu t  power.  

3.6.2  
l im iting  outpu t power Po(l tg )  
ou tpu t power i n  the  range  where  i t  i s  l im i ti ng  

3.6.3  
l im iting  outpu t power fl atness  ∆Po(l tg )  
d i fference between  the  maximum  and  m in imum  outpu t power i n  the  ou tput power l im i ting  
range:  

∆Po(l tg )  =  Po(l tg ,max)  – Po(l tg ,m in )  

3.7  
in termodu lation  d istortion  
Pn /Pi  Pn /P1  
ratio  of the  ou tput power of the  n th  order component to  the  ou tput power of the  fundamental  
component,  at  a  speci fied  i npu t of the  ou tpu t power 

Note  1  to  en try:  The  abbreviation  “IMDn ”  i s  i n  common  use  for the  n th  order i n termodu lati on  d i storti on .  
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SOURCE:  I EC  60747-4: 2007/AMD1 : 201 7,  7 . 2 . 1 9 .  

3.8  
power at  the  in tercept point  (for in termodulation  products)   
Pn(IP)  
output power at i n tersection  between  the  extrapolated  ou tpu t powers  of the  fundamental  
component and  the  n th  order i n termodu lation  componen ts,  when  the  extrapolation  i s  carried  
ou t i n  a  d iagram  showing  the  ou tpu t power of the  components  ( i n  decibels)  as  a  function  of 
the  i npu t power ( i n  decibels)  

3.9  
magnitude  of the  input  reflection  coefficient   
( input return  l oss)   
 s1 1  |S1 1 |  
see  3. 5. 2. 1  of I EC  60747-7  7. 4 . 3 . 1 0.2 . 2  of I EC 60747-4: 2007  

3. 1 0  
magni tude  of the  output reflection  coefficient  
(ou tpu t return  l oss)   
| s22 |S22 |  
see  3 . 5. 2. 2  of I EC  60747-7  7. 4 . 3 . 1 0. 2 . 2  of I EC 60747-4: 2007  

3. 1 1  
magni tude  of the  reverse transmission  coefficient  
( isolation)   
 s1 2  |S1 2 |  
see  3. 5. 2. 4  of I EC  60747-7  7. 4 .3 . 1 0 .2 . 2  of I EC  60747-4: 2007  

3. 1 2  
conversion  coefficient of ampl i tude  modu lation  to  phase  modulation  α(AM-PM)  
quotient  of  

the  phase  deviation  of the  ou tpu t s i gnal  ( in  degrees)  by 

the  change i n  i npu t power ( in  decibels)  producing  i t  

3. 1 3  
group delay time  td(grp)  
ratio  of the  change,  wi th  angu lar frequency,  of the  phase  sh i ft  through  the  ampl i fier  

NOTE  Usual l y g roup  delay t ime  i s  very cl ose  i n  val ue  to  i npu t-to-outpu t de lay t ime.  

3. 1 4 
nth  order harmon ic  d istortion  ratio  
Pnth /P1  
ratio  of the  power of the  n th  order harmon ic component measured  at  the  ou tput  port of the  
device  to  the  power of the  fundamental  frequency measured  at  the  ou tpu t port  for a  speci fied  
ou tpu t power 

3. 1 5  
output  noise power PN  
maximum  noise  power measured  at  the  ou tpu t port of the  device  wi th in  a  speci fied  bandwid th  
i n  a  speci fied  frequency range  for a  speci fied  ou tput power 

3. 1 6  
spurious  in tensi ty under specified  load  VSWR 
Psp/Po  
ratio  of the  power of the  maximum  spurious  power measured  at the  ou tput port of the  device  
to  the  power of the  fundamental  frequency measured  at the  ou tput port under speci fied  l oad  
VSWR 
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3. 1 7  
output power 
Po  
RF power measured  at  the  ou tpu t port  

SOURCE:  I EC  60747-4:2007/AMD1 : 201 7,  7 . 2 . 2 .  

3. 1 8  
output  power at 1  dB  gain  compression  
Po(1 dB)  
see  8. 2. 1 3  of I EC 60747-4   

3. 1 9  
noise  figure  
F 
see  702-08-57  of I EC 60050-702  

3.20  
power added  efficiency 
ηadd  
see  8. 2 . 1 5  of I EC 60747-4  

3.21  
ad jacent channel  power ratio  
Pad j /Po(mod)  
ratio  of the  tota l  ou tput power i n  a  speci fi ed  frequency band  away from  a  speci fi ed  carrier 
s i gnal  frequency to  the  tota l  power i n  a  speci fi ed  carrier s ignal  frequency band ,  when  a  
modu lation  s i gnal  i s  suppl ied  

3.22  
load  mismatch  tolerance  
ΨL  
see  7. 2 . 20  of I EC 60747-4  

3.23  
source  m ismatch  tolerance  
ΨS  
see  7. 2 . 21  of I EC 60747-4  

3.24 
load  mismatch  ruggedness  
ΨR  
see  7. 2. 22  of I EC 60747-4  

4 Essential  ratings  and  characteristics   

4. 1  General  

4. 1 . 1  Ci rcu i t  identi fication  and  types  

4. 1 . 1 . 1  Designation  and  types  

The  i nd ication  of type  (device  name),  the  category of the  ci rcu i t  and  the  technology appl ied  
shou ld  be  g i ven .  

M icrowave  ampl i fiers  are  d i vided  i n to  fou r categories:  

Type  A:  Low-noise  type.  
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Type B :  Auto-gain  control  type.  

Type  C:  L im i ti ng  type.  

Type  D:  Power type.  

4.1 . 1 .2  General  function  description  

A general  description  of the  function  performed  by the  in tegrated  ci rcu i t  m icrowave ampl i fi ers  
and  the  features  for the  appl ication  shou ld  be  made.  

4.1 . 1 .3  Manufacturing  technology 

The manufacturing  technology,  for example,  sem iconductor monol i th ic i n tegrated  ci rcu i t,  th i n -
fi lm  in tegrated  ci rcu i t,  m icro-assembly,  shou ld  be  s tated .  Th is  statement shou ld  i nclude  
detai ls  of the  sem iconductor technolog ies  such  as  MESFET,  M ISFET,  S i  b ipolar trans istor,  
HBT,  etc.  

4.1 . 1 .4  Package identi fication  

The fo l l owing  statements  shou ld  be  made:  

a)  I EC and /or national  reference  number of the  ou tl i ne  d rawing ,  or d rawing  of non-standard  
package  includ ing  term inal  numbering ;  

b)  principal  package  materia l ;  for example,  meta l ,  ceram ic,  p l astic.  

4. 1 . 1 .5  Main  appl ication  

The  main  appl ication  shou ld  be  stated ,  i f necessary.  I f the  device  has  restricti ve  appl ications,  
these  shou ld  be  stated  here.  

4.2  Appl ication  related  description  

I n formation  on  the  appl i cation  of the  in tegrated  ci rcu i t  and  i ts  re lation  to  the  associated  
devices  shou ld  be  g i ven .  

4.2. 1  Conformance to  system  and/or in terface  information  

I t  shou ld  be  s tated  whether the  i n tegrated  ci rcu i t  conforms  to  an  appl ication  system  and/or 
i n terface  standard  or recommendation .  

The  detai l ed  i n formation  about appl ication  systems,  equ ipment and  ci rcu i ts  such  as  VSAT 
systems,  DBS  receivers,  m icrowave  land ing  systems,  etc. ,  shou ld  a lso  be  g iven .  

4.2.2  Overal l  block d iagram  

A b lock d iagram  of the  appl i ed  systems shou ld  be  g i ven ,  i f necessary.  

4.2.3  Reference  data  

The most important properties  to  permit comparison  between  derivative types should  be g iven.  

4.2.4  Electrical  compatibi l i ty  

I t  shou ld  be  s tated  whether the  i n tegrated  ci rcu i t  i s  e l ectrica l l y compatib le  wi th  other particu lar 
i n tegrated  ci rcu i ts  or fam i l ies  of i n tegrated  ci rcu i ts  or whether specia l  i n terfaces  are  requ ired .  

Deta i l s  shou ld  be  g i ven  of the  type  of the  i npu t and  ou tpu t ci rcu i ts ,  for example,  i nput/ou tpu t 
impedances,  d . c.  b lock,  open-dra in ,  etc.  I n terchangeabi l i ty wi th  other devices,  i f any,  shou ld  
be  g i ven .  
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4.2.5  Associated  devices  

I f appl icable,  the  fol l owing  shou ld  be  s tated  here:  

– devices  necessary for correct  operation  ( l ist  wi th  type  number,  name,  and  function) ;  

– peripheral  devices  wi th  d i rect  i n terfacing  ( l i st  wi th  type  number,  name,  and  function) .  

4.3  Specification  of the  function  

4.3. 1  Detai l ed  block d iagram  – Functional  blocks  

A detai l  b l ock d iagram  or equ ivalent ci rcu i t  i n formation  of the  i n tegrated  ci rcu i t m icrowave  
ampl i fi ers  shou ld  be  g iven .  The  b lock d iagram  shou ld  be  composed  of the  fol lowing :  

1 )  functional  b locks;  

2)  mutual  i n terconnections  among  the  functional  b locks;  

3)  i nd ividual  functional  un i ts  wi th in  the  functional  b l ocks;  

4)  mutual  i n terconnections  among  the  i nd ividual  functional  b l ocks;  

5)  function  of each  external  connection ;  

6)  i n terdependence between  the  separate  functional  b locks.  

The  b lock d iagram  shou ld  i den ti fy the  function  of each  external  connection  and ,  where  no  

ambigu i ty can  arise,  can  a lso  show the  term inal  symbols  and/or numbers.  I f the  encapsu lation  
has  metal l ic  parts,  any connection  to  them  from  external  term inals  shou ld  be  i nd icated .  The  
connections  with  any associated  external  electrical  elements  should  be stated,  where necessary.  

As  add i tional  i n formation ,  the  complete  electrica l  ci rcu i t  d i agram  can  be  reproduced ,  bu t not  
necessari l y wi th  ind ications  of the  va lues  of the  ci rcu i t components .  The  graph ical  symbol  for 
the  function  shal l  be  g i ven .  Th is  may be  obta ined  from  a  cata logue  of s tandards  of graph ica l  
symbols  or designed  accord ing  to  the  ru les  of I EC  6061 7-1 2  or I EC  6061 7-1 3  I EC 6061 7.  

4.3.2  Identi fication  and  function  of terminals  

Al l  term inals  shou ld  be  i denti fied  on  the  b lock d iagram  (suppl y term inals,  i npu t or ou tpu t 
term inals ,  i nput/ou tpu t term inals).  

The  term inal  functions  1 ) -4)  shou ld  be  i nd icated  i n  a  table  as  fol lows:  

Terminal  
number 

Terminal  
symbol  

1 )  Terminal   
designation  

2)  Function  Function  of terminal  

3)  I nput/ou tpu t 
i denti fi cation  

4)  Type  of 
i nput/outpu t ci rcu i t  

      

      

      

1 )  Term inal  name 

 A term inal  name to  i nd icate  the  function  term inal  shou ld  be  g i ven .  Supply term inals ,  
g round  term inals ,  b l ank term inals  (wi th  abbreviation  NC),  non -usable  term inals  (wi th  
abbreviation  NU)  shou ld  be  d istingu ished .  

2)  Function  

 A brief ind ication  of the  term inal  function  shou ld  be  g iven .  

– Each  function  of mu l ti -role  term inals ,  that i s  term inals  that  have  mu l ti p le  functions.  

– Each  function  of the  i n tegrated  ci rcu i t  selected  by mutual  p in  connections,  
programming  and /or appl ication  of function  se lection  data  to  the  function  selection  p in ,  
such  as  mode selection  p i n .  

3)  I nput/output  i denti fication  
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 I nput,  ou tpu t,  i npu t/outpu t,  and  mu l tip lex i npu t/outpu t term inals  shou ld  be  d istingu ished .  

4)  Type  of i nput/output  ci rcu i ts  

 The  type  of the  input and  outpu t ci rcu i ts,  for example,  i nput/ou tpu t impedances,  wi th  or 
wi thout  d . c.  b lock,  etc. ,  shou ld  be  d istingu ished .  

5)  Type  of g round   

 I f the  baseplate  of the  package  is  used  as  ground ,  th is  shou ld  be  stated .  

Example:  

Supply voltage

Integrated
circuit

microwave
amplifiers

NC

Output(s)

Input(s)

NU

Ground  

4.3.3  Functional  description  

The function  performed  by the  ci rcu i t  shou ld  be  speci fi ed ,  i nclud ing  the  fol l owing  in formation :  

– bas ic  function ;  

– re lation  to  external  term inals ;  

– operation  mode (for example,  set-up  method ,  preference,  etc. ) ;  

–  i n terrupt hand l ing .  

4.3.4  Fami ly-related  characteristics  

I n  th is  part,  a l l  the  fam i l y-speci fic functional  descriptions  shal l  be  s tated  (refer to  I EC 60748-2 ,  
I EC 60748-3  and  I EC 60748-4).  

I f ratings  and  characteristics  and  function  characteristics  exist for the  fam i ly,  the  relevan t part  
of I EC 60748  shou ld  be  used  (for example,  for m icroprocessors ,  see  I EC 60748-2,  Chapter I I I ,  
Section  3) .  

NOTE  For each  new device  fam i l y,  speci fi c  i tems  shal l  be  added  i n  the  relevant  part  of I EC 60748.  

4.4 Limi ting  values  (absolu te  maximum rating  system)  

The  table  of these  va lues  contains  the  fol l owing .  

a)  Any i n terdependence  of l im i ting  cond i ti ons  shal l  be  speci fied .  

b)  I f external l y connected  and/or attached  e lements,  for example  heatsinks,  have  an  
i n fl uence  on  the  va lues  of the  rati ngs,  the  rati ngs  shal l  be  prescribed  for the  i n tegrated  
ci rcu i t wi th  the  e lemen ts  connected  and /or attached .  

c)  I f l im i ti ng  values  are  exceeded  for trans ient overload ,  the  perm issib le  excess  and  thei r 
duration  shal l  be  speci fi ed .  

d )  Where  m in imum  and  maximum  values  d i ffer during  programming  of the  device,  th is  shou ld  
be  stated .  

e)  Al l  vo l tages  are  referenced  to  a  speci fi ed  reference term inal  (Vss ,  GND ,  etc. ) .  
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f)  I n  satisfying  the  fol l owing  clauses,  i f maximum  and /or m in imum  values  are  quoted ,  the  
manufacturer must  ind icate  whether he  refers  to  the  absolu te  magn i tude  or to  the  
a lgebraic  value  of the  quan ti ty.  

g )  The  rati ngs  g i ven  must cover the  operation  of the  mu l ti -function  i n tegrated  ci rcu i t  over the  
speci fied  range  of operating  temperatures.  Where  such  ratings  are  temperature-
dependen t,  th is  dependence  shou ld  be  i nd icated .  

4.4. 1  Electrical  l imi ting  values  

Lim i ting  values  shou ld  be  speci fi ed  as  fol l ows.  

Parameters  M in .  Max.  

(1 )  Power supp ly vol tages  +  +  

(2)  Power supp ly cu rren ts  (where  appropri ate)   +  

(3)  I npu t  vol tage(s)  (where  appropriate)  +  +  

(4)  Ou tput  vol tage(s)  (where  appropri ate)  +  +  

(5)  I npu t  cu rren t(s)  (where  appropriate)   +  

(6)  Ou tput  cu rrent(s )  (where  appropri ate)   +  

(7)  Other term inal  vol tage(s)  (where  appropriate)  +  +  

(8)  Other term inal  cu rren t(s)  (where  appropriate)   +  

(9)  Vol tage  d i fference  between  i npu t  and  ou tpu t  
(where  appropriate)  

+  +  

(1 0)  Power d i ss ipati on   +  

 
The  detai l  speci fication  may ind icate  those  va lues  wi th in  the  tab le  i nclud ing  note  1  and  note  2 .  

Parameters  (Note  1 ,  Note  2 )  Symbols  M in .  Max.  Un i t  

     

NOTE  1    Where  appropriate,  i n  accordance  wi th  the  type  of ci rcu i t  considered .  

NOTE  2    For power suppl y vol tage  range:  

– l im i ti ng  val ue(s)  of the  conti nuous  vol tage(s)  at  the  supply term inal (s )  wi th  
respect  to  a  specia l  e l ectri cal  reference  poin t;  

– where  appropri ate,  l im i ti ng  val ue  between  speci fi ed  suppl y term inal s ;  

– when  more  than  one  vol tage  suppl y i s  requ i red ,  a  s tatement  shou l d  be  made  as  
to  whether the  sequence  i n  wh ich  these  suppl i es  are  appl i ed  i s  s i gn i fi cant:  i f so,  
the  sequence  shou l d  be  s tated ;  

– when  more  than  one  suppl y i s  needed ,  i t  may be  necessary to  state  the  
combinations  of rati ngs  for these  suppl y vol tages  and  cu rren ts.  

4.4.2  Temperatures  

1 )  Operating  temperature  (ambient or reference-poin t  temperature)  

2)  Storage  temperature  

3)  Channel  temperature  (type  C  and  type  D  on l y)  

4)  Lead  temperature  (for so ldering).  
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The  detai l  speci fication  may ind icate  those  values  wi th in  the  table  i nclud ing  the  note.  

Parameters  (Note)  Symbols  M in .  Max.  Un i t  

     

NOTE  Where  appropri ate,  i n  accordance  wi th  the  type  of ci rcu i t  considered .  

4.5  Operating  cond i tions  (wi th in  the  speci fied  operating  temperature  range)  

They are  not to  be  inspected  bu t may be  used  for qual i ty assessment purpose.  

4.5. 1  Power suppl ies  posi tive  and /or negative  values  

4.5.2  In i tial ization  sequences  (where  appropriate)  

I f special  i n i tia l i zation  sequences  are  necessary,  the  power suppl y sequencing  and  the  
i n i tia l i zation  procedure  shou ld  be  speci fi ed .  

4.5.3  Input  vol tage(s)  (where appropriate)  

4.5.4  Output current(s)  (where  appropriate)  

4.5.5  Vol tage  and/or current  of other terminal (s)  

4.5.6  External  elements  (where  appropriate)  

4.5.7  Operating  temperature  range  

4.6  Electrical  characteristics  

The characteristics  shal l  appl y over the  fu l l  operati ng  temperature  range,  un less  otherwise  
speci fied .  

Each  characteristic  of 4 . 6 . 1  and  4. 6 . 2  shou ld  be  stated ,  e i ther 

a)  over the  speci fi ed  range  of operating  temperatures,  or 

b)  at  a  temperature  of 25  °C,  and  at maximum  and  m in imum  operati ng  temperatures.  

4.6. 1  Static characteristics  

The parameters  shou ld  be  speci fied  correspond ing  to  the  type  as  fo l lows.  

Parameters  M in .  Typ. a  Max.  Types  

     A B  C  D  

4. 6. 1 . 1   Power suppl y cu rren t  +  +  +  +  +  +  +  

4 . 6 . 1 . 2   Thermal  res i stance    +    +  +  

a  Optional  

 
The  detai l  speci fication  may ind icate  those  va lues  wi th in  the  tab le.  

Characteri stics  Symbols  Condi tions  M in .  Typ. a  M ax.  Un i t  

       

a  Optional  
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4.6.2  Dynamic or a.c.  characteristics  

Each  dynam ic or a . c.  e l ectrical  characteristic shou ld  be  stated  under speci fied  e lectrica l  
worst-case  cond i tions  wi th  respect to  the  recommended  range  of suppl y vol tages,  as  s tated  
i n  4 . 5. 1 .  

The  parameters  shou ld  be  speci fied  correspond ing  to  the  type  as  fo l lows.  

Parameters  M in .  Max.  Types  

    A B  C  D  

4. 6. 2 . 1  Li near gai n  +   +  +   +  

4 . 6. 2 . 2  Li near gai n  fl atness   +  +  +   +  

4 . 6. 2 . 3  Power gai n  +    +   +  

4 . 6. 2 . 4  Power gai n  fl atness   +   +   +  

4 . 6. 2 . 5  Gain  reduction  +    +    

4 . 6. 2 . 6  Ou tput  power +    +   +  

4 . 6. 2 . 7  Ou tput  power at  1  dB  ga in  compress ion  +    +   +  

4 . 6. 2 . 8  Lim i ti ng  ou tput  power +  +    +   

4 . 6. 2 . 9  Lim i ti ng  ou tput  power fl atness   +    +   

4 . 6. 2 . 1 0  I n termodu l ation  d i storti on   +    +  +  

4 . 6. 2 . 1 1  Power at  i n tercept  poi n t  +     +  +  

4 . 6. 2 . 1 2  Noise  fi gure   +  +     

4 . 6. 2 . 1 3  Magn i tude  of the  i npu t  refl ection  coeffi cien t  
( i npu t  retu rn  l oss)  

+   +  +  +  +  

4 . 6. 2 . 1 4  Magn i tude  of the  ou tpu t refl ecti on  coeffi cien t  
(ou tpu t  retu rn  l oss)  

+   +  +   +b  

4 . 6 . 2 . 1 5  Magn i tude  of the  reverse  transm iss ion  coeffi cien t  
( i solati on )  

+   +  +  +  +  

4 . 6 . 2 . 1 6  Conversion  coeffi cien t  of ampl i tude  modu l ation  to  
phase  modu l ation  (where  appropriate)  

 +    +  +  

4 . 6 . 2 . 1 7  Group  delay t ime  (where  appropri ate)   +   +  +  +  

4 . 6 . 2 . 1 8  Time  constan t for au tomatic  gain  con trol  a        

4 . 6. 2 . 1 9  Power added  effi ciency  
(where  appropriate)  

+      +  

4 . 6. 2 . 20  n th  order harmon ic d i storti on  rati o   
(where  appropriate)  (note  2)  

 +     +  

4 . 6. 2 . 21  Ou tput  noi se  power  
(where  appropriate)  

 +  
+  

   +  
+  

4 . 6. 2 . 22  Spuri ous  i n tensi ty under speci fi ed  l oad  VSWR  
(where  appropriate)  (note  2)  

 +     +  

4 . 6. 2 . 23  Ad jacent channel  power ratio  (where  appropri ate)   +     +  

4 . 6. 2 . 24  Load  m ismatch  to lerance  (where  appropriate)   +     +  

4 . 6. 2 . 25  Source  m ismatch  to lerance  (where  appropriate)   +     +  

4 . 6. 2 . 26  Load  m ismatch  ruggedness  (where  appropriate)   +     +  

NOTE  1    I t  i s  necessary for types  B  and  D  to  select e i ther the  parameter set  of 4 . 6. 2 . 1 ,  4 . 6. 2 . 2  and  4 . 6 . 2 . 7  or 
that  of 4 . 6. 2 . 3 ,  4 . 6. 2 . 4  and  4 . 6 . 2 . 6.  

NOTE  2    General l y expressed  i n  dBc.  

a  Under considerati on .  
b  Optional .  For type  D,  the  devi ces  are  sometimes  requ i red  to  speci fy under l arge  s i gnal  operati on  i nstead  of 

smal l  s i gnal  operation .  Al though  the  defi n i ti on  i s  the  same for both  operati ng  cond i t i ons,  the  d i fferen t  
measuring  method  shou l d  be  employed  for the  parameter u nder l arge  s i gna l  operati on  from  that  under smal l  
s i gnal  operati on .  
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The  detai l  speci fication  may ind icate  those  values  wi th in  the  table.  

Characteri stics  Symbols  Condi tions  M in .  Typ. a  M ax.  Un i t  

       

a  Optional  

 

4. 7  Mechan ical  and  environmental  ratings,  characteristics  and  data  

Any speci fic mechan ica l  and  envi ronmental  ratings  appl icable  shou ld  be  stated  (see  a lso  
Subclause  5. 1 0  and  5. 1 1  of  I EC  60747-1 : 2006,  Chapter VI ,  cl ause  7) .  

4.8  Addi tional  information  

Where appropriate,  the  fol l owing  i n formation  shou ld  be  g i ven .  

4.8. 1  Equ ivalent input and  ou tput ci rcu i t  

Detai led  i n formation  shou ld  be  g i ven  regard ing  the  type  of the  i npu t and  ou tpu t ci rcu i ts;  for 
example,  i npu t/outpu t impedances,  d . c.  b lock,  open-drain ,  etc.  

4.8.2  In ternal  protection  

A statement shou ld  be  g i ven  to  i nd icate  whether the  i n tegrated  ci rcu i t contains  in ternal  
protection  against h i gh  static  vol tages  or e l ectrical  fi e lds .  

4.8.3  Capacitors  at  terminals  

I f capaci tors  for the  i npu t/output  d . c.  b l ock are  needed ,  these  capaci tances  shou ld  be  stated .  

4.8.4  Thermal  resistance  

4.8.5  In terconnections  to  other types  of ci rcu i t  

Where appropriate,  detai l s  of the  i n terconnections  to  other ci rcu i ts,  for example,  detector 
ci rcu i t for AGC,  sense  ampl i fiers,  buffer,  shou ld  be  g i ven .  

4.8.6  Effects  of external ly connected  component(s)  

Curves  or data  i nd icati ng  the  effect of external l y connected  component(s)  that i n fl uence the  
characteristics  may be  g i ven .  

4.8.7  Recommendations  for any associated  device(s)  

For example,  decoupl ing  of power supply to  a  h igh -frequency device  shou ld  be  s tated .  

4.8.8  Handl ing  precautions  

Where appropriate,  hand l ing  precautions  speci fic to  the  ci rcu i t shou ld  be  stated  (see  a lso  I EC  
60747-1 ,  Chapter I X I EC  61 340-5-1  and  I EC 61 340-5-2) .  
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4.8.9  Appl ication  data  

4.8. 1 0   Other appl ication  i nformation  

4.8. 1 1   Date  of i ssue  of the  data sheet  

5 Measuring  methods  

5. 1  General  

5. 1 . 1  Characteristic impedances   

The  input and  output characteristic impedances  of the  measurement system ,  shown  i n  the  
ci rcu i t i n  th is  standard ,  are  50  Ω .  I f they are  not 50  Ω ,  they shou ld  be  speci fi ed .  

5. 1 .2  General  precautions  

The  general  precautions  l i sted  i n  cl ause  2  6 . 3,  6 . 4  and  6. 6  of I EC 60747-1 : 2006,  Chapter VI I ,  
Section  One  appl y.  I n  add i tion ,  specia l  care  shou ld  be  taken  to  use  low-ripple  d . c.  suppl ies  
and  to  decouple  adequate l y a l l  b i as  suppl y vol tages  at the  frequency of measurement.  Also  
specia l  care  about  the  l oad  impedance  of the  test ci rcu i t  shou ld  be  taken  to  measure  the  
ou tpu t power.  

The  power l evels  are  i nd icated  by us ing  the  un i t "dBm".  The  un i t "dBm"  expresses  decibel  
referred  to  1  mW.  

5. 1 .3  Handl ing  precautions  

When  hand l ing  e lectrostatic-sens i ti ve  devices,  the  hand l ing  precau tions  g i ven  in  clause  1  of 
I EC 60747-1 ,  Chapter IX  I EC 61 340-5-1  and  I EC  61 340-5-2 ,  shal l  be  observed .  

5. 1 .4  Types  

The devices in  th is  standard  are both  package and  chip types,  measured  using  suitable test fixtures.  

5.2  Linear (power)  gain  (Gl i n )  

5. 2. 1  Purpose  

To measure  the  l i near ga in  under speci fied  cond i ti ons.  
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5.2.2  Ci rcu i t  d iagram  

Isolator
Variable
attenuator

Directional
coupler

Directional
coupler Device

being
measured

Signal
generator

Power
meter 1

Power
meter 2

Bias
supply

Spectrum
analyser

E B C

A

D

Frequency
meter

IEC   2246/01  

Figure 1  – Ci rcu i t  for the  measurements  of l inear gain  

5.2.3  Principle  of measurement 

I n  the  ci rcu i t  d i agram  shown  in  fi gure  1 ,  the  i npu t power Pi  and  the  ou tpu t power Po  of the  
device  being  measured  are  derived  from  the  fol l owing  equations:  

 Pi  =  P1  +  L1   (1 )  

 Po  =  P2  +  L2  (2)  

where  P1  and  P2  are  the  va lue  i nd icated  by the  power meters  1  and  2 ,  respectivel y.  

 L1  =  LA – LB  

where  LA i s  the  l oss  from  poin t E  to  poin t A and  LB  i s  the  l oss  from  poin t E  to  poin t B  shown  i n  
figure  1 ,  respectivel y.  

L2  i s  the  ci rcu i t l oss  from  poin t C  to  poin t  D  shown  in  fi gure  1 .  Pi ,  Po ,  P1  and  P2  are  expressed  
i n  dBm.  L1  and  L2  are  expressed  i n  decibels.  

Power gain  Gp  i n  dB  is  derived  from  equation  (1 )  and  (2)  as  fo l lows:  

 Gp  =  Po – Pi   (3)  

The  l i near gain  Gl i n  i s  the  power gain  measured  i n  the  reg ion  where  the  change  of the  ou tpu t 
power i n  dBm  is  the  same as  that of the  i npu t power.  

5.2.4  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

The purpose  of the  i so lator i s  to  enable  the  power level  to  the  device  being  measured  to  be  
kept constant  i rrespective  of impedance m ismatches  at  i ts  i npu t.  

The  ci rcu i t  l osses  L1  and  L2  shou ld  be  measured  beforehand .  

5.2.5  Precautions  to  be  observed  

Osci l lation ,  wh ich  i s  checked  by a  spectrum  anal yser,  shou ld  be  e l im inated  during  these  
measurements.  The  term ination  must  be  capable  of hand l i ng  the  power fed .  
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Harmon ics  or spurious  responses  of the  s i gnal  generator shou ld  be  reduced  to  neg l ig ib le .  

5.2.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s ignal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  i s  appl ied .  

An  adequate  input power is  appl ied  to  the  device  being  measured .  

By varying  i npu t power,  confi rm  that the  change of the  ou tpu t power in  dBm  is  the  same as  
that  of the  i npu t power.  

The  gain  measured  in  the  reg ion  where  the  change of ou tpu t power is  the  same as  that of 
i nput  power i s  l i near gain  Gl i n .  

5.2.7  Specified  cond i tions  

– Ambient  or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i tions  

– Frequency 

5.3  Linear (power)  gain  flatness  (∆Gl i n )  

5.3. 1  Purpose  

To measure  the  l i near gain  fl atness  under speci fi ed  cond i ti ons.  

5.3.2  Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d i agram  shown  i n  fi gure  1 .  

5.3.3  Principle  of measurement 

See  the  princip le  of measurements  of 5. 2 . 3 .  

L inear gain  fl atness  i s  derived  from  the  fol l owing  equation .  

 ∆Gl i n  =  G l i nmax – Gl i nm in   (4)  

where  Gl i nmax and  Gl i nm in  are  maximum  l inear ga in  and  m in imum  l i near ga in  i n  the  speci fi ed  
frequency band  at the  speci fi ed  i nput  power,  respective l y.  

5.3.4  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ i rements  of 5. 2. 4.  

5.3.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 2. 5.  

5.3.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s ignal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  is  appl i ed .  

An  adequate  input power l evel  i s  appl i ed  to  the  device  being  measured .  
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By varying  i npu t power l evel ,  confi rm  that the  change of ou tput power i n  dBm  is  the  same as  
that  of i npu t power.  

Decide  the  su i table  i nput  power l evel  for measuri ng  l i near ga in .  

Vary the  frequency i n  the  speci fied  frequency band  wi th  the  same i npu t power level .  

Obtain  the  maximum  l i near gain  G l i nmax and  the  m in imum  l i near gain  G l i nm in  i n  the  speci fied  
frequency band .  

L inear gain  fl atness  ∆Gl i n  i s  derived  from  equation  (4).   

5.3.7  Specified  cond i tions  

– Ambient  or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i tions  

– Frequency band  

5.4 Power gain  (Gp)  

5.4. 1  Purpose  

To measure  the  power ga in  under speci fied  cond i tions.  

5.4.2  Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d i agram  shown  i n  fi gure  1 .  

5.4.3  Principle  of measurement 

See  the  princip le  of measurements  of 5. 2 . 3 .  

5.4.4  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ i rements  of 5. 2. 4.  

5.4.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 2 . 5.  

5.4.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s ignal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  va lue.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  is  appl i ed .  

The  speci fied  i npu t power Pi  i s  appl ied  to  the  device  being  measured .  

The  ou tpu t power Po i s  measured .  

5.4.7  Specified  cond itions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency 

– I nput power 
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5.5  (Power)  gain  flatness  (∆Gp)  

5.5. 1  Purpose  

To measure  the  power gain  fl atness  under speci fi ed  cond i ti ons.  

5.5.2  Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d iagram  shown  i n  fi gure  1 .  

5.5.3  Principle  of measurement 

See  the  princip le  of measurements  of 5. 2 . 3 .  

Power ga in  fl atness  is  derived  from  the  fol l owing  equation .  

 ∆Gp  =  Gpmax – Gpm in   (5)  

where  Gpmax and  Gpm in  are  the  maximum  power gain  and  the  m in imum  power gain  i n  the  
speci fied  frequency band  at the  speci fied  i npu t  power,  respectivel y.  

5.5.4  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ irements  of 5. 2. 4.  

5.5.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 2. 5.  

5.5.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s i gnal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i tions  is  appl i ed .  

The  i nput power Pi  i s  appl ied  to  the  device  being  measured .  

The  ou tpu t power Po i s  measured .  

The  power gain  i s  calcu lated  by equation  (3) .  

The  frequency i n  the  speci fied  band  i s  varied  con ti nuousl y wi th  the  same inpu t power l evel .  

Obta in  the  maximum  power gain  Gpmax and  the  m in imum  power ga in  Gpm in  i n  the  speci fied  
frequency band .  

Power gain  fl atness  is  derived  from  equation  (5) .  

5.5.7  Specified  cond itions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency band   

– I npu t power 
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5.6  (Maximum avai lable)  gain  reduction  (∆Gred )  

5. 6. 1  Purpose  

To measure  the  gain  reduction  of an  AGC ampl i fi er under speci fi ed  cond i tions.  

5.6.2  Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d i agram  shown  i n  fi gure  1 ,  where  b ias  suppl y contains  AGC bias .  

5.6.3  Principle  of measurement 

See  the  princip le  of measurements  of 5. 2 . 3 .  

5.6.4  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ irements  of 5. 2. 4.  

5.6.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 2. 5.  

5.6.6  Measurement procedure  

The  frequency of the  s i gnal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  is  appl i ed .  

The  AGC bias  i s  set  to  speci fied  values  g iving  the  maximum  l i near ga in  Gl i nmax.  

An  adequate  input  power i s  appl ied  to  the  device  be ing  measured .  

By varying  i npu t power,  confi rm  the  change  of ou tput power i n  dBm  is  the  same as  that of 
i nput power.  

The  gain ,  measured  in  the  reg ion  where  the  change of ou tpu t power i s  the  same as  that of 
i nput power,  i s  maximum  l i near gain  Gl i nmax.  

The  AGC bias  i s  set  to  the  speci fied  value  g i ving  the  m in imum  l i near gain  Gl i nm in .  

The  m in imum  l inear gain  Gl i nm in  i s  measured  i n  dB  i n  the  same way as  above.  

 ∆Gred  =  Gl i nmax – Gl i nm in  (6)  

5.6.7  Specified  cond i tions  

– Ambient  or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i tions  

– Frequency 

– AGC b ias  g i ving  the  maximum  l i near gain  and  the  m in imum  l inear gain  

5.7  Limiting  output  power (Po(l tg ))  and  l im iting  output power fl atness  (∆Po(l tg ))  

Lim i ti ng  ou tput  power fl atness  (∆Po( l tg ))  

5.7. 1  Purpose  

To measure the l im iting  output power and  l im iting  output power flatness under specified  conditions.  
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5.7.2  Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d i agram  shown  i n  fi gure  1 .  

5.7.3  Principle  of measurement 

See  the  princip le  of measurements  of 5. 2 . 3 .  

5.7.4  Ci rcu i t  description  and  requirements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ irements  of 5. 2. 4.  

5.7.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 2. 5.  

5.7.6  Measurement procedure   

The frequency of the  s ignal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  i s  appl i ed .  

The  i nput  power Pi  i s  appl ied  to  the  device  being  measured .  

The  ou tpu t power Po i s  measured .  

By varying  the  i nput power between  the  lower and  upper l im i ts  of l im i ti ng  range,  fi nd  the  
m in imum  and  maximum  ou tpu t powers  (Po(l tg ,m in )  and  Po(l tg ,max)) .  

The  l im i ti ng  ou tput power (Po(l tg ))  and  l im i ting  ou tput power fl atness  (∆Po(l tg ))  are  derived  from  
the  fol l owing  equations:  

 Po(l tg )  =  Po(l tg ,max)   (7)  

 ∆Po(l tg )  =  Po(l tg ,max)  – Po(l tg ,m in )   (8)  

5.7.7  Specified  cond itions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency 

– Lower l im i t of l im i ting  range  

– Upper l im i t of l im i ting  range  

5.8  Output  power (Po)  

5. 8. 1  Purpose  

To measure  the  ou tpu t power under speci fi ed  cond i tions.  

5.8.2  Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d i agram  shown  i n  fi gu re  1 .  

5.8.3  Principle  of measurement 

See  the  princip le  of measurements  of 5. 2 . 3 .  
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5.8.4  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ i rements  of 5. 2. 4.  

5.8.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 2. 5.  

5.8.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s i gnal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  value.  

The  speci fied  b ias  cond i tions  are  appl ied .  

The  i nput  power wi th  the  speci fied  va lue  i s  appl ied  to  the  device  be ing  measured .  

The  ou tpu t power i s  measured .  

5.8.7  Specified  cond itions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency band  

– I nput power 

5.9  Output  power at 1  dB  gain  compression  (Po(1 dB))  

5. 9. 1  Purpose  

To measure  the  ou tpu t power at 1  dB  gain  compress ion  under speci fi ed  cond i tions.  

5.9.2  Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d i agram  shown  i n  fi gure  1 .  

5.9.3  Principle  of measurement 

See  the  princip le  of measurements  of 5. 2 . 3 .  

The  ou tpu t power at 1  dB  ga in -compress ion  Po(1 dB)  i s  the  value  where  the  ga in  decreases  by 
1  dB  compared  wi th  the  l i near gain .  

5.9.4  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ i rements  of 5. 2 . 4.  

5.9.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 2. 5.  

5.9.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s i gnal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  va lue.  

The  b ias  under speci fied  cond i tions  is  appl i ed .  

An  adequate  inpu t power is  appl ied  to  the  device  being  measured .  
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By varying  input  power,  confi rm  that the  change of ou tput power i n  decibels  i s  the  same as  
that  of i npu t power.  

The  gain ,  measured  i n  the  reg ion  where  the  change of ou tpu t power i n  decibels  i s  the  same 
as  that of input  power,  i s  l i near ga in  Gl i n .  

The  i npu t power is  i ncreased  up  to  the  power at wh ich  the  gain  decreases  by 1  dB,  compared  
wi th  l inear ga in  Gl i n .  

The  ou tpu t power is  measured  at 1  dB  ga in  compress ion  poin t.  

5.9.7  Specified  cond itions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency 

5.1 0   Noise  figure  (F)  

5. 1 0. 1    Pu rpose  

To measure  the  noise  figure  under speci fied  cond i tions.  

5.1 0.2    C i rcu i t  d iagram  

Signal
generator

Frequency
meter

Noise
meter Mixer

Low noise
amplifier

Noise
source

Isolator
Device being
measured Isolator

Bias supply

A B C

IEC   2247/01  
 

Figure 2  – Basic ci rcu i t  for the  measurement of the  noise  figure  

5. 1 0.3    Principle  of measurement 

The noise  figure  F of the  device  be ing  measured  i s  derived  from  the  fol l owing  equation :  
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where  

F1 2  i s  the  overal l  noise  figure;  

L1  i s  the  ci rcu i t l oss  from  poin t  A to  B ;  

F2  i s  the  noise  fi gure  after poin t C  at  the  ou tpu t stage;  

Gl i n  i s  the  l i near gain  of the  device  being  measured ;  

F1 2 ,  F2 ,  Gl i n  and  L1  are  expressed  i n  dB.  
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The  noise  figure  measurement i s  carried  ou t by u sing  the  hot and  cold  measurement method .  

F1 2 ,  F2  and  Gl i n  are  ca lcu lated  as  fo l l ows.  
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where  

ENR  i s  the  excess  noise  ratio  of the  noise  source expressed  in  decibels ;   

PN1  and  PN2  i n  W,  are  the  measured  noise  powers  under the  hot and  cold  state  of the  noise  
source,  respective l y;  

PN3  and  PN4  i n  W,  are  the  measured  noise  powers  under the  hot and  cold  state  of the  noise  
source,  respective l y,  i n  the  case  of d i rectl y connecting  poin t A to  C  i n  fi gure  2 .  

The  temperature  of the  measurement i s  290  K.  

5.1 0.4    C i rcui t  description  and  requ i rements  

The ci rcu i t  l oss  L1  shou ld  be  measured  beforehand .  

5.1 0.5    Precautions  to  be  observed  

The en ti re  ci rcu i t must be  sh ielded  and  earthed  to  preven t from  undesi red  s ignals .  For noise  
figure  measurement under the  SSB cond i ti on ,  carefu l  atten tion  must be  pa id  to  the  image and  
other spurious  responses  wh ich  are  generated  by the  m ixer.  

These  spurious  responses  shou ld  be  reduced  to  neg l ig ib le.  

5.1 0.6    Measurement procedure  

The frequency of the  s ignal  generator i s  ad justed  to  the  speci fied  cond i tion .  

I n  order to  measure  the  noise  contribu tion  of the  measurement system ,  connect poin t  A to  C  
i n  fi gure  2  wi thou t the  device  being  measured .  

The  noise  power PN3 and  PN4  correspond ing  to  the  noise  source  hot and  col d ,  respectivel y,  
are  measured .  

The  device  being  measured  i s  i nserted  as  shown  i n  figure  2 .  

The  b ias  under speci fied  cond i tions  i s  appl i ed .  

The  noise  power PN1  and  PN2  correspond ing  to  the  noise  source  hot and  cold ,  respectivel y,  
are  measured .  

The  noise  figure  i n  decibels  i s  ca lcu lated  by equation  (9).  

NOTE  Ad j ust  to  match  the  i npu t  and  ou tpu t  impedance  of the  device  being  measured ,  when  necessary.  
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5.1 0.7    Specified  cond itions  

– Ambient  or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i tions  

– Frequency 

– S ing le-s ide  band  or double-side  band  

5. 1 1   In termodulation  d istortion  (two-tone)  (Pn /P1 )  

5. 1 1 . 1    Purpose  

To measure  the  i n termodu lation  d istortion  under speci fied  cond i tions.  

5.1 1 .2    C i rcu i t  d iagram  
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Figure  3  – Basic ci rcu i t  for the  measurements  of two-tone  in termodu lation  d istortion  

5. 1 1 .3    Principle  of measurement  

I n  the  ci rcu i t d i agram  shown  i n  fi gure  3  the  i nput power Pi ,  the  ou tpu t powers  Po P1  and  Pn  of 
the  device  being  measured  are  derived  from  the  fol lowing  equations:  

 Pi  =  Pa  +  L1  (1 3)  

 Po  P1  =  Pb  +  L2  ( 1 4)  

 Pn  =  Pc +  L2  ( 1 5)  

where  

Po P1  and  Pn     are  the  ou tpu t powers  of the  fundamenta l  s i gnal  and  the  i n termodu lation  
d istortion ,  respectivel y;  

Pa ,  Pb  and  Pc  are  the  va lues  ind icated  by the  spectrum  anal yser and  correspond ing  to  Pi ,  Po  
P1  and  Pn ,  respectivel y.  
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L1   i s  the  d i fference between  the  l oss  LA and  LB  where  LA i s  the  loss  from  poin t E  
 to  poin t A and  LB  i s  the  l oss  from  poin t E  to  poin t  B  shown  in  F igure  3,  
 respectivel y.  L2  i s  the  ci rcu i t  l oss  from  poin t C  to  poin t D  shown  i n  fi gure  3 .  Pi ,  
 Po  P1 ,  Pn ,  Pa ,  Pb  and  Pc are  expressed  in  dBm .  L1  and  L2  are  expressed  in  
 decibels .  

The  i n termodu lation  d istortion ,  Pn/P1 ,  wh ich  is  expressed  i n  dBc,  i s  derived  from  Equations  
(1 4)  and  (1 5)  as  fo l lows:  

 Pn /P1   =  Pn  –  Po P1   =  Pc  – Pb  (1 6)  

5. 1 1 .4    C i rcu i t  description  and  requ irements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ irements  of 5. 2. 4.  

The  variable  attenuator 3  can  be  e l im inated .  

5. 1 1 .5    Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 2. 5.  

I t is  better to terminate the port D,  when  the switch  is  connected  to  the position  A,  and  vice versa.  

5. 1 1 .6    Measurement procedure  

The b ias  under speci fied  cond i tions  is  appl i ed .  

The  swi tch  is  connected  to  posi tion  A.  

The  s ignal  generator 1  i s  tu rned  on ,  and  the  fundamental  s i gnal  i s  appl i ed  to  the  device  being  
measured  with  the specified  level  Pi  using  the spectrum  analyser and  the variable  attenuator 1 .  

The  s ignal  generator 2  i s  tu rned  on ,  and  another s i gnal  i s  added  to  the  device  being  
measured  wi th  the  same l evel  as  the  fundamental  s i gnal  using  the  spectrum  anal yser and  the  
variable  attenuator 2 .  

The  swi tch  i s  connected  to  posi tion  D .  

The  output powers  Pb  and  Pc i n  dB  of the  fundamental  s i gnal  and  the  i n termodu lation  products  
are  measured  us ing  the  spectrum  anal yser.  

The intermodulation  d istortion  on  the specified  input power Pi  is  derived  from  the equations  (1 3) 
to  (1 6) .  

5. 1 1 .7    Specified  cond itions  

– Ambient  or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– I nput  power 

– Frequencies  

5.1 2  Power at  the  in tercept point  (for in termodulation  products)  (Pn(IP))  

5. 1 2. 1    Purpose  

To measure the power at the intercept point for intermodulation  products under specified  conditions.  
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5.1 2.2    C i rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d i agram  of 5. 1 1 . 2 .  

5.1 2.3    Principle  of measurement  

Refer the  pri ncip le  of measurements  of 5. 1 1 . 3.  

5.1 2.4    C i rcu i t  description  and  requ i rements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ irements  of 5. 1 1 . 4.  

5.1 2.5    Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 1 1 . 5.  

5.1 2.6    Measurement procedure  

The b ias  under speci fied  cond i ti ons  i s  appl ied .  

The  swi tch  i s  connected  to  posi tion  A.  

The  s ignal  generator 1  i s  tu rned  on ,  and  the  fundamental  s i gnal  i s  appl i ed  to  the  device  being  
measured  wi th  the  speci fied  level  us ing  the  spectrum  anal yser and  the  variable  attenuator 1 .  

The  s ignal  generator 2  i s  tu rned  on ,  and  another s i gnal  i s  appl ied  to  the  device  be ing  
measured  wi th  the  same l evel  as  the  fundamental  s i gnal  us ing  the  spectrum  anal yser and  the  
variable  attenuator 2 .  

The  swi tch  i s  connected  to  posi tion  D .   

The  output powers  of the  fundamenta l  s i gnal  and  the  speci fi ed  i n termodu lation  products  are  
measured  us ing  the  spectrum  anal yser.   

Chang ing  the  power l evel  of the  i nput s i gnals  us ing  the  variable  attenuator 3 ,  the  above 
procedure  is  repeated  wi th in  the  speci fied  range.  

The  data  obtained  are  plotted .  

The  stra igh t l i nes  of the  fundamental  s ignal  and  the  i n ter-modu lation  products  i n  the  l i near 
reg ion  are  extended .  

The  ou tput power at the  i n tercept poin t of the  two extended  l i nes  i s  the  power at the  i n tercept 
poin t for the  i n termodu lation  products,  i . e .  second  order,  th i rd  order etc. ,  under the  speci fied  
cond i ti ons  requ i red  i n  5. 1 2. 7.  

5.1 2.7    Specified  cond itions  

– Ambient  or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– I nput  power 

– Frequencies  

– Range  of i npu t power 

5. 1 3   Magni tude  of the  input  reflection  coefficient  ( i nput return  loss)  ( s1 1   |S1 1 | )  

5. 1 3. 1    Purpose  

To measure  the  magn i tude  of the  input reflection  coefficien t ( i nput  return  l oss)  under speci fi ed  
cond i tions.  
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5.1 3.2    C i rcu i t  d iagram  
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Figure 4  – Ci rcu i t  for the  measurements  of magni tude  of input/output reflection  
coefficient  ( input/output return  loss)  

NOTE  A network anal yser may be  used  to  measure  the  magn i tude  of the  refl ection  coeffi cien t  ( i npu t/ou tpu t  
retu rn  l oss).  

5. 1 3.3    Principle  of measurement  

I n  th is  measurement,  the  magn i tude  of the  reflection  coefficient i s  expressed  i n  retu rn  l oss,  
wh ich  i s  commonl y in  use.  Thus,  the  s i gn  of the  return  loss  i s  opposi te  to  that of the  
magn i tude  of the  reflection  coefficient  i n  decibels.  

The  i npu t return  l oss  i s  derived  from  the  fol l owing  equation :  

 1 1s  |S1 1 |  (dB)  =  P1  (dBm)  – P2  (dBm)  (1 7)  

where  

P1  i s  the  measured  power when  the  l i ne  at poin t A is  e i ther short-ci rcu i ted  or made  open-
circu i t;  

P2  i s  the  measured  power when  the  deviced  being  measured  is  i nserted .  

5. 1 3.4    C i rcu i t  description  and  requ irements  

The  purpose  of the  i solator i s  to  enable  the  power level  to  the  device  being  measured  to  be  
kept constant,  i rrespective  of impedance m ismatches  at  i ts  i npu t.  

The  i nput port of the  device  being  measured  i s  connected  to  d i rectional  coupler,  and  other r. f.  
ports  are  connected  to  the  term ination .  

The  d i recti vi ty of the  d i rectional  coupler shal l  be  sufficient to  avoid  undue  error i n  the  va lue  of 
the  return  l oss  of the  device  being  measured .  

5. 1 3.5    Precautions  to  be  observed  

As speci fied  i n  5. 1 . 2.  

5. 1 3.6    Measurement procedure  

The  frequency of the  s i gnal  generator i s  ad justed  to  the  speci fied  value.  

Poin ts  A and  B  are  d isconnected .  

The  l ine  at poin t A i s  e i ther short-ci rcu i ted  or made  open-circu i t.  

The  read ing  of the  power meter i s  recorded  as  P1 .  
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The  device  be ing  measured  i s  i nserted  between  poin ts  A and  B .  

The  b ias  under speci fied  cond i tions  is  appl i ed .  

The  read ing  of the  power meter i s  again  recorded  as  P2 .  

The  i npu t return  l oss  i s  ca lcu lated  by the  equation  (1 7) .  

5. 1 3.7    Specified  cond i tions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency 

– I npu t power 

5. 1 4    Magni tude of the  output reflection  coefficient  (output return  loss)  ( s22  |S22 | )  

The defin i tion  of the  parameter of the  magn i tude  of the  ou tput reflection  coefficien t   s22  |S22 |  
i s  the  on l y one  for a l l  the  operating  cond i ti on  of the  devices;  however,  i t  i s  necessary to  appl y 
the  d i fferent measuring  methods  accord ing  to  the  operati ng  cond i ti ons.  Note  that the  va lue  
of  s22  |S22 |  d epends  on  the  operati ng  ou tpu t power level .  

The  method  described  i n  5. 1 4 . 1  i s  for the  measurement under the  smal l -s ignal  operating  
cond i ti on ,  whereas  5. 1 4. 2  is  the  measuring  method  for the  l arge-s ignal  operati ng  cond i ti on .  

5.1 4. 1  Magni tude of the  output reflection  coefficient (output  return  loss)   
under smal l -s ignal  operating  condi tion  

5. 1 4. 1 . 1   Purpose  

To measure the  magn i tude  of the  ou tput  reflection  coefficien t (ou tpu t return  l oss)  under 
speci fied  smal l -signal  cond i tions.  

5. 1 4. 1 .2   Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d i agram  shown  i n  fi gure  4 .  

5. 1 4. 1 .3   Principle  of measurement  

See  the  princip le  of measurements  i n  5 . 1 3. 3.  

The  ou tpu t return  l oss  i s  derived  from  the  fol lowing  equation :  

        s22  |S22 |  (dB)  =  P1 (dBm )  – P2  (dBm )   (1 8)  

where  

P1   i s  the  measured  power when  the  l i ne  at poin t A i s  e i ther short-ci rcu i ted  or made open-
ci rcu i t;  

P2   i s  the  measured  power when  the  device  being  measured  i s  i nserted .  

5.1 4. 1 .4   Ci rcu i t  description  and  requ irements  

The purpose  of the  isolator i s  to  enable  the  power level  to  the  device  be ing  measured  to  be  
kept constant  i rrespective  of impedance m ismatches  at  i ts  i npu t.  

The  outpu t port of the  device  being  measured  i s  connected  to  d i rectional  coupler,  and  other 
r. f.  ports  are  connected  to  the  term ination .  
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The  d i recti vi ty of the  d i rectional  coupler shal l  be  sufficien t to  avoid  undue  error i n  va lue  of the  
return  l oss  of the  device  being  measured .  

5. 1 4. 1 .5   Precautions  to  be  observed  

As speci fied  in  5. 1 . 2.  

5. 1 4. 1 .6   Measurement procedure  

The frequency of the  s i gnal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  va lue.  

Poin ts  A and  B  are  d isconnected .  

The  l i ne  at poin t A is  e i ther short-ci rcu i ted  or made open-ci rcu i t.  

The  read ing  of the  power meter i s  recorded  as  P1 .  

The  device  be ing  measured  i s  i nserted  between  poin ts  A and  B .  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  is  appl ied .  

The  read ing  of the  power meter i s  again  recorded  as  P2 .  

The  ou tpu t return  l oss  i s  ca lcu lated  by the  equation  (1 8).  

5. 1 4. 1 .7   Speci fied  conditions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency 

– I nput power 

5.1 4.2  Magni tude of the  output reflection  coefficient (output  return  loss)   
under l arge-signal  operating  condition  

5. 1 4.2. 1   Purpose  

To measure  the  magn i tude  of the  ou tput reflection  coefficien t (ou tpu t retu rn  loss   s22  |S22 | )  
under the  speci fi ed  l arge-signal  operation .  
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5.1 4.2.2   Ci rcu i t  d iagram  
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Figure 5  – Ci rcu i t  for the  measurement of output reflection  coefficient  

5. 1 4.2.3   Principle  of measurement 

See  the  princip le  of measurements  i n  5 . 1 3. 3.  

The  ou tpu t return  l oss  is  derived  from  fo l lowing  equation :  

     s22  |S22 |  (dB )  =  P1 (dBm )  – P2  (dBm )  (1 9)  

where  

P1   i s  the  value  i nd icated  on  the  spectrum  anal yser when  the  r. f.  swi tch  is  tu rned  to  Y,  i n  dBm;  

P2   i s  the  value  i nd icated  on  the  spectrum  anal yser when  the  r. f.  swi tch  is  tu rned  to  A,  i n  dBm.  

5.1 4.2.4  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

The purposes  of the  i so lators  are  to  enable  the  power l evel  to  the  device  be ing  measured  to  
be  kept constan t i rrespective  of impedance m ismatched  at  i ts  i npu t.  

The  s i gnal  generator 1  suppl ies  speci fied  power to  the  device  being  measured ,  and  the  
generator 2  i s  s ignal  source  to  measure  the  outpu t  reflection  coefficient   s22 .  

5. 1 4.2.5   Precautions  to  be  observed  

Osci l lation,  which  is  checked  by spectrum  analyser,  shou ld  be el im inated  during  measurement.   
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Harmon ics  or spurious  responses  of the  s i gnal  generators  shou ld  be  reduced  to  be  neg l i g ib le.  

Separate  the  frequency of s ignal  generator 1  (f1 )  and  generator 2  (f2)  wi th in  the  neg l ig ib le  of 
the  frequency response  of the  device  bei ng  measured .   

5. 1 4.2.6   Measurement procedure  

The frequency of the  s ignal  generator 1  for i npu t s ignal  shou ld  be  set to  the  speci fied  
value  (f1 ) .  

The  frequency of the  s ignal  generator 2  for ou tput reflection  s ignal  shou ld  be  set  to  the  
speci fied  va lue  (f2) .  

The  r. f.  swi tch  is  turned  to  X.  

The  power of s i gnal  generator 2  shou ld  be  ad j usted  20  dB  l ess  than  the  speci fi ed  ou tpu t 
power of the  device  being  measured .  

The  r. f.  swi tch  i s  tu rned  to  Y.  

The  i nd icated  power on  the  spectrum  anal yser shou ld  be  recorded  (P1 ) .  

The  r. f.  swi tch  i s  tu rned  to  A.  

The  b iases  under speci fi ed  cond i tions  are  appl ied .  

The  speci fied  power shou ld  be  appl i ed  to  the  device  being  measured .  

Record  the  i nd icated  power on  the  spectrum  anal yser (P2) .  

The  ou tpu t reflection  coefficien t  s22  i s  ca lcu lated  from  equation  (1 9) .  

5.1 4.2.7   Speci fied  conditions  

– Ambient  temperature  or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequencies  

– I nput  power 

– Output  power 

5.1 5  Magni tude of the  reverse transmission  coefficient ( i solation)  ( s1 2  |S1 2 | )  

5. 1 5. 1    Pu rpose  

To measure  the  magn i tude  of the  reverse  transm iss ion  coefficien t ( isolation)  under speci fied  
cond i ti ons.  
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5.1 5.2    C i rcu i t  d iagram  
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Figure  6  – Ci rcu i t  for the  measurement of isolation  

NOTE  A network analyser can  a l so  be  used  to  measure  the  magn i tude  of the  i solati on .  

5. 1 5.3    Principle  of measurement  

The  ou tpu t port of the  device  being  measured  i s  connected  to  the  i so lator,  and  the  i nput port 
i s  connected  to  the  term ination .  

The  i npu t power at  poin t  A is  P1  and  ou tput  power at  poin t  B  i s  P2 .  

The  isolation  i s  derived  from  equation  (20)  as  fol l ows:  

 1 2s  |S1 2 |  (dB)  =  P1  (dBm)  – P2  (dBm)  (20)  

5.1 5.4    C i rcu i t  description  and  requ irements  

The purpose  of the  i solator i s  to  enable  the  power level  to  the  device  being  measured  to  be  
kept constant  i rrespective  of impedance m ismatches  at  i ts  ou tput ports .  

The  output port of the  device  be ing  measured  i s  connected  to  i solator,  and  i nput port i s  
connected  to  the  term ination .  

The  dynam ic range  of the  power meter shal l  be  large i n  comparison  to  the  reverse  
transm ission  coefficient of the  device  under measurement.  

5.1 5.5    Precautions  to  be  observed  

As speci fied  in  5. 1 . 2.  

5.1 5.6    Measurement procedure  

The frequency of the  s i gnal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  va lue.  

Poin ts  A and  B  are  connected  wi thout inserting  the  device  being  measured .  

The  read ing  of the  i nput power i nd icated  by meters  i s  recorded  as  P1 .  

The  device  being  measured  is  then  i nserted  between  poin ts  A and  B.  

The  b ias  under speci fied  cond i tions  i s  appl i ed .  

The  ou tpu t power now recorded  by the  meter i s  noted  as  P2 .  

The  reverse  transm ission  coefficient i s  derived  from  the  equation  (20) .  
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5.1 5.7  Specified  cond itions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency 

– I nput power 

5.1 6  Conversion  coefficient of ampl i tude  modu lation  to  phase  modulation  (α (AM -PM ))  

5. 1 6. 1    Purpose  

To measure  the  convers ion  coefficien t of ampl i tude  modu lation  to  phase  modu lation  under 
speci fied  cond i tions.  

5. 1 6.2  Ci rcu i t  d iagram  

Signal
generator

Isolator

Variable
attenuator

Directional
coupler

Device
being

measured

Directional
coupler

Frequency
meter

B

Power
meter

A

Phase
shifter

Phase
shifter

D
E

C

IEC   2252/01  

Figure  7  – Basic ci rcu i t  for the  measurement of  α (AM-PM)  

NOTE  A network anal yser can  a l so  be  used  to  measure  the  conversion  coeffi cien t  of ampl i tude  modu lation  to  
phase  modu l ation .  

5. 1 6.3  Principle  of measurement 

I n  the  ci rcu i t d iagram  shown  i n  fi gure  7 ,  the  i npu t power P i  i s  derived  from  the  fol lowing  
equation :  

 Pi  =  P1  +  L1  (21 )  

where  

P1  i s  the  va lue  i nd icated  by the  power meter;  

L1  i s  the  ci rcu i t l oss  from  poin t  A to  poin t B  shown  in  figure  7.  

The  ou tpu t s i gnal -phase  φ0  i n  the  ci rcu i t  d i agram  i s  derived  from  the  fol lowing  equation :  

 φ0  =  φ1  –  φ2  (22)  

where  

φ1 ,  φ2  are  the  phase  d i fferences  from  poin t B  to  poin t C  and  from  poin t D  to  poin t E  shown  i n  
figure  7  at  the  speci fied  i npu t power P i ,  respective l y.  
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Pi ,  P1  are  expressed  i n  dBm.  L1  i s  expressed  in  decibels .  φ0 ,  φ1 ,  and  φ2  are  expressed  i n  
degrees.  

The  convers ion  coefficien t of ampl i tude  modu lation  to  phase  modu lation  i s  derived  from  
equations  (21 )  and  (22)  as  fo l l ows:  

 α(AM–PM)  =  ∆φ0/∆P1  (23)  

where  

∆P1  i s  the  i nput power change accord ing  to  the  modu lation  of variable  attenuator;  

∆φ0  i s  the  s ignal -phase  deviation  correspond ing  to  the  change of i nput  power.  

5.1 6.4  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ i rements  of 5. 2 . 4.  

I t  i s  better that the  th rough-ci rcu i try s i gnal  phase  i s  measured  beforehand  and  the  phase  
sh i fter shown  in  figure  7  ad j usted  to  φ0  =  0  for the  conven ience  of the  deviation  calcu lation ,  
before  instal l i ng  the  device  being  measured .  

5.1 6.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  i n  5. 2 .5.  

Harmon ics  or spurious  responses  of the  s ignal  generator and  the  device  being  measured  
shou ld  be  reduced  to  a  neg l i g ib le  l evel .  

5.1 6.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s ignal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  i s  appl ied .  

A speci fied  i nput power i s  appl i ed  to  the  device  be ing  measured .  

Measure  the  s ignal -phase  φ1  and  φ2 ,  then  calcu late  φ0  accord ing  to  the  equation  (22) .  

By i ncreas ing  i nput  power,  measure  and  calcu late  another φ1 ,  φ2 ,  and  φ0 .  

Convers ion  coefficient:  α(AM-PM)  i s  determ ined  from  the  equation  (23)  at  the  speci fied  i npu t  
power.  

5.1 6.7  Specified  cond i tions  

– Ambient  or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i tions  

– I nput  power 

– Frequency 

– I ncrement of i nput power 

5.1 7  Group delay time  (td(grp))  

5. 1 7. 1  Purpose  

To measure  the  g roup  de lay time under speci fi ed  cond i tions.  
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5. 1 7.2  Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d i agram  shown  i n  fi gure  7 .  

NOTE  A network analyser can  a l so  be  used  to  measure  the  group  delay time.  

5. 1 7.3  Principle  of measurement 

I n  the  ci rcu i t d iagram  shown  i n  figure  7 ,  the  ou tput s i gnal -phase  φ0  i s  derived  from  the  
fol lowing  equation :  

 φ0  =  φ1  – φ2   (24)  

where  

φ1 ,  φ2  are  the  phase  d i fferences  from  poin t B  to  poin t C  and  from  poin t D  to  poin t E  at the  
speci fied  i npu t s i gnal  angu lar frequency ω,  respectivel y;  

φ0 ,  φ1  and  φ2  are  expressed  in  rad ians;   

ω  i s  expressed  i n  rad ians/second .  

The  group  delay time is  derived  from  equation  (24)  as  fol lows:  

 td(grp)  =  –∆φ0/∆ω  (25)  
where  

∆ω  i s  the  change  of i npu t s i gnal  angu lar frequency;  

∆φ0  i s  the  s ignal -phase  deviation  correspond ing  to  the  change of i nput  frequency.  

5. 1 7.4  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ irements  i n  5 . 2 . 4.  

The  through-circu i try s i gnal  phase  shou ld  be  measured  beforehand  and  the  phase  sh i fter 
shown  i n  fi gure  7  ad justed  to  φ0  =  0  before  i nsta l l i ng  the  device  being  measured .  

5. 1 7.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  i n  5. 1 6. 5.  

5. 1 7.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s i gnal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  is  appl i ed .  

A speci fi ed  input  power i s  appl i ed  to  the  device  being  measured .  

Measure  the  s ignal -phase  φ1  and  φ2 ,  then  calcu late  φ0  accord ing  to  equation  (24).  

By i ncreas ing  i nput  frequency,  measure  and  calcu late  another φ1 ,  φ2 ,  and  φ0 .  

Group delay time:  td (g rp)  i s  determ ined  from  the  equation  (25)  at the  speci fied  i npu t angu lar 
frequency.  

5.1 7.7  Specified  cond itions  

– Ambient  or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i tions  

– I nput  power 

– Frequency 
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– I ncrement of input  frequency 

5.1 8  Power added  efficiency (ηadd )  

5. 1 8. 1  Purpose  

To measure  the  power added  efficiency under speci fi ed  cond i ti ons.  

5. 1 8.2  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure  8  – Ci rcu i t  for the  measurement of the  power added  efficiency 

5. 1 8.3  Principle  of measurement 

I n  the  ci rcu i t d iagram  shown  in  figure  8,  i nput  power Pi  and  ou tpu t power Po  i n  dBm  are  
derived  from  equations:  

 Pi  =  P1  –  L1  (26)  
 Po  =  P2  +  L2  (27)  

where    

P1  i s  the  va lue  i nd icated  by the  power meter 1 ,  i n  dBm ;  

P2  i s  the  va lue  i nd icated  by the  power meter 2 ,  i n  dBm ;  

L1  i s  the  ( loss  from  poin t A to  poin t B,  i n  dB)  – ( l oss  from  poin t  A to  poin t  C,  i n  dB) ;  

L2  i s  the  loss  from  poin t D  to  poin t E ,  i n  dB.  

Power added  efficiency η add  i s  derived  from  equation :  

 
( )

2211

1 01 0 00011 01 0 io

add
IVIV

/
η

/P/P

⋅+⋅
−

=  (28)  

where  

V1  i s  the  d . c.  vol tage,  in  V,  appl ied  to  the  device  by the  b ias  suppl y 1 ;  

I1  i s  the  d . c.  curren t,  i n  A,  suppl ied  to  the  device  by the  bias  supply 1 ;  

V2  i s  the  con trol  d . c.  vol tage,  i n  V,  appl ied  to  the  device  by the  b ias  supply 2 ;  

I2  i s  the  con trol  d . c.  cu rrent,  i n  A,  suppl ied  to  the  device  by the  b ias  suppl y 2 .  

NOTE  1  Power added  effi ciency i s  normal l y expressed  as  a  percentage;  i . e.  1 00  ×  η ad d  from  the  equation  (28).  
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NOTE  2  Sometimes  Pi  i s  neg l ected  i n  the  equati on  (28)  because  i t  i s  usual l y much  smal l er than  Po .  

5. 1 8.4  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

Bias  suppl y 2  i s  for the  gain  control  of the  device  be ing  measured .  L 1  and  L2  shou ld  be  
measured  beforehand .  

5.1 8.5  Precautions  to  be  observed  

The outpu t s i gnal  and  osci l lation  shou ld  be  checked  by spectrum  anal yser.  Osci l l ation  shou ld  
be  e l im inated  during  these  measurements.  Harmon ics  or spurious  responses  of the  s i gnal  
generator shou ld  be  reduced  to  be  neg l i g ib le.  

5.1 8.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s ignal  generator i s  ad justed  to  the  speci fied  va lue.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  are  appl ied .  

Output  power  Po  i s  set to  the  speci fi ed  va lue  by ad justing  V2 ,  I2  or i nput power Pi .  

DC  b ias  curren ts  and  vol tages  are  measured .  

The  power added  efficiency ηadd  i s  ca lcu lated  from  equation  (28).  

5. 1 8.7  Specified  cond itions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency 

– Output power 

5.1 9  nth  order harmon ic  d istortion  ratio  (Pn th /P1 )  

5. 1 9. 1  Purpose  

To measure  the  n th  order harmon ic d istortion  ratio  Pn t h /P1  under speci fied  cond i ti ons.  



 – 44  – I EC 60747-1 6-1 : 2001 +AMD1 : 2007  
  +AMD2:201 7  CSV © I EC 201 7  

5.1 9.2  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure 9  – Ci rcu i t  for the  measurements  of the  nth  order harmon ic  d istortion  ratio  

5. 1 9.3  Principle  of measurement 

I n  the  ci rcu i t d iagram  shown  i n  fi gure  9 ,  nth  order harmon ic d istortion  ratio  Pn t h /P1  are  derived  
from  Equation  (29) :  

     Pn th /P1   =  Pn th  – P1 (dBc)     (29)  

where  

P1  i s  the  power of the  fundamenta l  frequency measured  by the  spectrum  analyser i n  dBm;  

Pn t h  i s  the  power of the  n th  order harmon ic component measured  by the  spectrum  anal yser 
i n  dBm .  

5.1 9.4  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

Bias  suppl y 2  i s  for the  gain  con trol  of the  device  being  measured .  

5.1 9.5  Precautions  to  be  observed  

The ou tpu t s i gnal  and  osci l lation  shou ld  be  checked  by spectrum  anal yser.  

Osci l lation  shou ld  be  e l im inated  during  these  measurements.  

Harmon ics  or spurious  responses  of the  s i gnal  generator shou ld  be  reduced  to  be  neg l i g ible .  

5.1 9.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s ignal  generator i s  ad justed  to  the  speci fied  va lue.  

The  b ias  V1  or I1  under speci fied  cond i tions  is  appl ied .  

Output  power Po  i s  set  to  the  speci fi ed  va lue  by ad justing  V2 ,  I2  or i npu t power Pi .  

The  power of the  fundamental  frequency P1  and  the  power of the  n th  order harmon ic  
component Pn t h  are  measured  by spectrum  anal yser.  
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The  n th  order harmon ic d istortion  ratio  Pn th /P1  i s  ca lcu lated  from  equation  (29) .   

5.1 9.7  Specified  cond itions  

−  Ambient or reference-poin t  temperature  

−  B ias  cond i ti ons  

−  Frequency (fundamental )  

−  I npu t power 

−  Ou tput  power 

5.20  Output noise power (PN  )  

5.20. 1  Purpose  

To measure  the  ou tpu t noise  power under speci fied  cond i ti ons.  

5.20.2  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure 1 0  – Ci rcu i t  d iagram  for the  measurement of the  output  noise  power 

5.20.3  Principle  of measurement 

Output noise  power PN  i s  the  maximum  output noise  power de l i vered  from  the  device  be ing  
measured  wi th in  the  speci fi ed  frequency range  of noise  measurement under the  cond i tion  that 
the  speci fi ed  i nput power of the  speci fied  frequency Pi  i s  appl ied  and  speci fied  ou tpu t power 
Po  i s  derived .  

I n  the  ci rcu i t d i agram  shown  in  fi gure  1 0  P i ,  Po ,  and  PN  are  obtained  by fol lowing  equations:  

 Pi  =  P1  –  L1  (30)  

 Po  =  P2  –  L2  (31 )  

 PN  =  P3  – L3  (32)  
where   

P1   i s  the  va lue  i nd icated  by power meter 1 ,  i n  dBm ;  

P2   i s  the  va lue  i nd icated  by power meter 2 ,  i n  dBm;  

P3   i s  the  maximum  va lue  measured  by the  spectrum  anal yser i n  the  speci fi ed  frequency 
range  for noise  power measurement;  
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L1   i s  ( the  power at poin t A,  i n  dBm)  −  ( the  power at  poin t B ,  i n  dBm)  for the  fundamental  
frequency;  

L2   i s  ( the  power at  poin t C,  i n  dBm)  −  ( the  power at  poin t D ,  i n  dBm)  for the  fundamental  
frequency;  

L3   i s  ( the  power at poin t C,  i n  dBm)  −  ( the  power at  poin t E ,  i n  dBm)  for the  noise  power 
measurement frequency.  

5.20.4  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

The pass  band  of band-pass  fi l ter i s  the  fundamental  frequency band  ( the  frequency band  for 
transm ission)  and  the  stop  band  i s  the  noise  power measurement frequency ( the  frequency 
band  for reception).  I t  shou ld  be  i nserted  to  reduce the  noise  from  the  s ignal  generator.  

ANT-TX path  of duplexer passes  the  fundamental  frequency s i gnal  and  stops  the  noise  power 
measurement frequency s ignal ,  and  ANT-RX path  passes  the  noise  power measurement  
frequency s i gnal  and  s tops  the  fundamental  frequency s i gnal .  The  purpose  of the  duplexer i s  
to  prevent the  spectrum  anal yser from  saturation  by the  fundamental  frequency s ignal .  

B ias  suppl y 2  i s  for gain  con trol  of the  device  being  measured .  

L1 ,  L2 ,  and  L3  shou ld  be  measured  beforehand .  

5.20.5  Precautions  to  be  observed  

Osci l lation  shou ld  be  e l im inated  during  the  measurement.  Harmon ics  and  spurious  response  
of the  s i gnal  generator shou ld  be  reduced  to  neg l i g ib le.  

I n  order to  enhance the  sens i ti vi ty of the  spectrum  anal yser i f necessary,  the  ampl i fi er i s  
i nserted  between  the  duplexer and  the  spectrum  anal yser.  The  noise  from  the  i nserted  
ampl i fi er shou ld  be  neg l i g ib l y smal l .  

5.20.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s i gnal  generator i s  ad justed  to  the  speci fied  value.  

The  b iases  under speci fi ed  cond i ti ons  are  appl ied .  

Output power Po  i s  set  to  the  speci fi ed  value  by ad justing  V2 ,  I2  or i npu t power Pi .  

The  maximum  power i n  the  speci fied  noise  measurement frequency band  is  measured  by the  
spectrum  anal yser.  

The  noise  power PN  i s  ca lcu lated  from  equation  (32)  

5.20.7  Specified  cond itions  

−  Ambient  or reference poin t  temperature  

−  B ias  cond i ti ons  

−  Fundamenta l  frequency 

−  Frequency band  of noise  measurement  

−  I nput  power 

−  Ou tput power 
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5.21  Spurious  in tensi ty under specified  load  VSWR (Psp/Po)  

5.21 . 1  Purpose  

To measure  the  spurious  in tensi ty under speci fi ed  load  VSWR to  determ ine  the  stabi l i ty under 
speci fied  cond i tions.  

5.21 .2  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure  1 1  – Ci rcu i t  d iagram  for the  measurement of the  spurious  in tensi ty  

5.21 .3  Principle  of measurement 

I n  the  ci rcu i t d iagram  shown  i n  fi gure  1 1 ,  the  ou tpu t power Po  and  the  spurious  output power 
Psp  are  derived  as  fol lows:  

 Po  =  P1  −  L1  (33)  

 Psp  =  P2  −  L2  (34)  

where  P1  i s  the  value  of the  fundamenta l  ou tpu t i nd icated  by the  spectrum  anal yser i n  dBm,  
P2  the  value  of the  spurious  ou tpu t of the  maximum  power,  except harmon ic components ,  
i nd icated  by the  spectrum  anal yser i n  dBm,  and  L1  and  L2  are  the  ci rcu i t l osses  from  poin t D  
to  poin t  E ,  i n  dB,  at  the  frequency of P1 ,  a t  the  frequency of P2 ,  respective ly.  

The  spurious  i n tensi ty Psp/Po  in  dBm  dBc is  defined  as  fol l ows:  

   Psp/Po  =  Psp  −  Po  (35)  

5.21 .4  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

Bias  suppl y 2  i s  for gain  con trol  of the  device  being  measured .  

The  variable  attenuator 2  shou ld  be  ad justed  to  get the  speci fi ed  l oad  VSWR at poin t D  
beforehand .  

L1  and  L2  shou ld  be  measured  beforehand .  

5.21 .5  Precautions  to  be  observed  

Harmon ics  or spurious  responses  of the  s i gnal  generator shou ld  be  reduced  to  be  neg l i g ible.  
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Osci l lation  wi l l  occur at  the  ou t-of-band  frequency of the  d i rectional  coupler.  

5.21 .6  Measurement procedure  

The  frequency of the  s i gnal  generator i s  ad justed  to  the  speci fied  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  is  appl ied .  

The  specified  i npu t power i s  appl ied .  

By varying  the  phase  of the  phase  sh i fter through  the  speci fied  phase  range,  fi nd  the  
maximum  spurious  ou tpu t.  

Wh i le  keeping  the  phase,  measure  the  power of the  fundamenta l  frequency P1  and  the  power 
of the  spurious  outpu t Psp  with  the  spectrum  anal yser.  

The  spurious  i n tensi ty  Psp/Po i s  ca lcu lated  from  equation  (35) .  

5.21 .7  Specified  cond itions  

– Ambient or reference  point  temperature  

– B ias  cond i tions  

– I nput frequency 

– I nput power 

– Load  VSWR 

– Phase  variation  range  of l oad   

5.22  Ad jacent  channel  power ratio  (Padj /Po(mod))  

5. 22. 1  Purpose  

To measure  the  ad j acen t channel  power ratio  under the  speci fi ed  cond i ti ons.  
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5.22.2  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure 1 2  – Ci rcu i t  for the  measurement of the  ad jacent channel  power ratio  

5.22.3  Principle  of measurement 

Under the  cond i tion  that the  modu lated  s i gnal  i s  suppl ied  for the  device  be ing  measured  in  
order to  get the  speci fied  ou tpu t power (Po) ,  Pad j  i s  the  tota l  ou tput power i n  the  speci fi ed  
bandwid th  at  the  speci fied  frequency away from  the  carrier s i gnal ,  and  Po(mod)  i s  the  tota l  
ou tpu t power in  the  speci fi ed  bandwid th  at the  carrier s ignal .  Ad jacent channel  power ratio  
Pad j /Po(mod)  i s  the  ratio  of Pad j  to  Po(mod) .  The  ad jacent channels  are  i n  both  the  upper s ide  
band  and  l ower s ide  band  of the  carrier.  The  modu lation  s i gnal  i s  the  carrier s ignal  modu lated  
wi th  the  s tandard  test s i gnal  having  the  same rate  as  the  speci fi ed  code  transm ission  rate.   

Pad j /Po(mod)  i n  dBc i s  g i ven  as  the  fol lowing  equations  in  the  ci rcu i t  of F igure  1 2.  

Po =  P1  +  L1  (36)  

Po(mod)  =  P2  +  L2  (37)  

Pad j  =  P3  +  L2  (38)  

Pad j /Po(mod)  =   Pad j  −  Po(mod)  =  P3  −  P2  (39)  

where  

P1   i s  the  value  i nd icated  by the  power meter 2 ;  

P2   i s  the  value  of tota l  power i n  the  speci fi ed  bandwid th  at the  carrier s ignal  i nd icated  by 
the  spectrum  anal yser;  

P3   i s  the  va lue  of tota l  ou tpu t power i n  the  speci fi ed  channel  bandwid th  at  the  speci fi ed  
frequency that i s  equal  to  the  channel  spacing  away from  the  carrier s ignal  ind icated  by 
the  spectrum  anal yser;   
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L1   i s  the  power at poin t C  i n  dBm ,  less  the  power at  poin t  D  in  dBm ;  

L2   i s  the  power at poin t C  i n  dBm ,  less  the  power at  poin t  E  i n  dBm .  

Po ,  Po(mod) ,  Pad j ,  P1 ,  P2  and  P3  are  expressed  in  dBm ;  

L1  and  L2  are  expressed  i n  dB;  

Pad j /Po(mod)  i s  expressed  i n  dBc.   

5.22.4  Ci rcu i t  description  and  requ i rement  

The ci rcu i t  l osses  L1  and  L2  shou ld  be  measured  beforehand .   

5.22.5  Precautions  to  be  observed  

The ou tpu t s ignal  and  osci l lation  shou ld  be  checked  by the  spectrum  anal yser.  Osci l l ation  
shou ld  be  e l im inated  du ring  these  measurements.  Harmon ics  or spurious  responses  of the  
s ignal  generator shou ld  be  reduced  so  as  to  be  neg l ig ib le.  An  adequate  attenuator shou ld  be  
i nserted  at the  i nput of the  spectrum  anal yser when  the  output  power is  h igh .  

5.22.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s i gnal  generator shal l  be  set to  the  speci fi ed  value.  

The b ias  cond i ti ons  shal l  be  appl ied  to  the  device  being  measured .  

An  adequate  input  power shal l  be  appl ied  to  the  device  being  measured .  

The  fo l l owing  i tems  of the  modu lator are  set to  the  speci fi ed  values  accord ing  to  the  standard  
code  of the  test s i gnal :  modu lation  method ,  s ignal  transm ission  rate  and  modu lation  
bandwid th .  

The  fo l lowing  i tems  of the  spectrum  anal yser are  set to  the  speci fi ed  values:  carrier 
frequency,  sweep  range,  resolu tion  bandwid th ,  vi deo  bandwid th ,  number of sampl ing  and  
sweep time.   

The  value  of P1  i s  measured  at  the  power meter 1 .  

Ou tpu t power of the  device  being  measured  Po  i s  ca lcu lated  from  Equation  (36) .  

By ad justing  the  variable  attenuator,  Po  i s  set  to  the  speci fied  value.  

The  channel  spacing  and  the  channel  bandwid th  are  set to  the  speci fi ed  values.  

The  values  of P2  and  P3  are  measured  at the  spectrum  anal yser.  

Po(mod) ,  Pad j  are  calcu lated  from  Equations  (37)  and  (38) .   

Ad jacent channel  power ratio  Pad j /Po(mod)  i s  ca lcu lated  from  Equation  (39) .   

NOTE  The  d i splay of the  spectrum  analyser i s  set  to  maximum  hold  mode.  The  detection  mode  of the  spectrum  
anal yser i s  set  to  pos i ti ve  peak mode.  

5.22.7  Specified  cond i tions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency (carrier frequency)  

– Output  power 

– Standard  code  of the  test  s i gnal :  
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•  channel  spacing  

•  channel  bandwid th  

•  modu lation  method  

•  s i gnal  transm iss ion  rate  

•  modu lation  bandwid th   

– Spectrum  anal yser:  

•  sweep range  

•  resolu tion  bandwid th  

*  video  bandwid th  of a  spectrum  anal yser 

*  sampl i ng  numbers  of a  spectrum  anal yser 

*  sweep time of a  spectrum  anal yser   

6 Veri fying  methods  

6. 1  Load  mismatch  tolerance (ΨL)  

6. 1 . 1  Purpose   

To veri fy the  l oad  m ismatch  to lerance under speci fi ed  cond i ti ons.  

6.1 .2  Verification  of method  1  (spurious  in tensi ty)  

6. 1 .2 .1  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure 1 3  – Ci rcu i t  for the  veri fication  of load  mismatch   
tolerance in  method  1  

6. 1 . 2 .2  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

The si gnal  generator shal l  be  capable  of operating  wi th in  the  speci fi ed  frequency band.  The  
s ignal  generator shal l  have  stable  characteristics  above noise  fl oor wi th  no  osci l lation  and  no  
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spurious  i n tens i ty.  The  noise  floor shou ld  be  smal ler than  speci fied  l evel  from  the  outpu t 
power.  The  s ignal  generator must generate  speci fi ed  modu lation  s i gnal .  

The  spectrum  anal yser shal l  be  capable  of operati ng  wi th in  speci fi ed  frequency range  for 
checking  no  osci l l ation  and  no  spurious  i n tensi ty.  The  spectrum  anal yser shal l  have  a  
speci fied  d ynam ic range.  

The  phase  sh i fter shal l  be  capable  of keeping  the  l oad  VSWR or the  magn i tude  of the  load  
reflection  coefficien t constant.  The  l i ne  s tretcher i s  su i table  for th is  purpose.  The  ou tput port  
of the  phase  sh i fter shou ld  be  shorted .  

The  purpose  of the  variable  attenuator i s  to  ad j ust  the  load  VSWR to  the  speci fi ed  value.  

6. 1 .2 .3  Precautions  to  be  observed   

Noise  floor or spurious  responses  of the  s ignal  generator shal l  be  reduced  so  as  to  be  
neg l ig ib le  at  the  VSWR and  less  than  the  speci fied  one.  

The  VSWR shal l  be  kept constan t at  a l l  phase  cond i ti ons  of the  phase  sh i fter.  

6. 1 .2 .4  Test procedure  

The l oad  VSWR is  set to  the  speci fied  value  by ad j usting  variable  attenuator.  

The  frequency of the  s ignal  generator i s  set  to  the  speci fied  value.  

The  modu lation  of the  s i gnal  generator i s  set  to  the  speci fied  cond i tion .  

The  b ias  under speci fied  cond i tion  i s  suppl ied .  

The  power l evel  of the  s ignal  generator i s  set  to  the  speci fi ed  value.  

The  phase  ang le  is  swept con tinuousl y by varying  the  l eng th  of the  l i ne  s tretcher.  

Veri fication  that there  i s  no  osci l l ation  or spu rious  in tens i ty l ess  than  the  speci fied  cond i ti on  is  
confi rmed  by us ing  the  spectrum  anal yser at  a l l  phase  ang les .  

NOTE  I nstead  of the  l i ne  stretcher,  a  s l i de  screw tuner can  be  used .  An  au tomatic  stub-tuner or an  e l ectron ic  
tuner i s  a l so  used  for conven i ence  to  enabl e  the  speci fi ed  VSWR.  The  demeri t  of the  tuners  i s  that  phase  cond i ti on  
i s  d i screte  and  cannot  be  swept conti nuousl y.  

6. 1 .2 .5  Specified  cond i tions  

– Ambient or reference poin t  temperature  

– Load  VSWR 

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency of the  i npu t s i gnal  

– Modu lation  of the  i npu t s i gnal  

– I nput power 

– Spurious  
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6. 1 .3  Verification  of method  2  (no  d iscontinu i ty of the  frequency response)  

6. 1 .3 .1  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure 1 4 – Ci rcu i t  for the  veri fication  of load  mismatch  tolerance in  method  2  

6. 1 .3 .2  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

The network anal yser shal l  be  capable  of operati ng  wi th in  speci fi ed  frequency-band .   

The  phase  sh i fter shal l  be  capable  of keeping  the  l oad  VSWR or the  magn i tude  of the  load  
reflection  coefficien t constant.  The  l i ne  stretcher is  su i table  for th is  purpose.  The  outpu t port  
of the  phase  sh i fter shou ld  be  shorted .  

The  pu rpose  of the  variable  attenuator i s  to  ad j ust  the  load  VSWR to  the  speci fied  value.  

6. 1 .3 .3  Precautions  to  be  observed   

The VSWR shal l  be  kept constan t at  a l l  phase  cond i ti ons  of the  phase  sh i fter.  

6. 1 .3 .4  Test procedure  

The l oad  VSWR is  set to  the  speci fi ed  value  by ad j usting  variable  attenuator.  

The  sweep frequency range  of the  network anal yser i s  set to  the  speci fied  value.  

The  power l evel  of the  network anal yser is  set to  the  speci fi ed  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i tion  i s  suppl ied .  

The  phase  ang le  is  swept con tinuousl y by varying  the  l eng th  of the  l i ne  stretcher.  

No  d iscontinu i ty of the  frequency response  i s  confi rmed  by us ing  the  network anal yser at a l l  
phase  ang les.  
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6. 1 .3 .5  Specified  cond itions  

– Ambient or reference poin t  temperature  

– Load  VSWR 

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency range  of the  i npu t s i gnal  

– I nput  power 

6.2  Source m ismatch  tolerance (ΨS)  

6. 2. 1  Purpose  

To veri fy the  source  m ismatch  to lerance under speci fi ed  cond i ti ons.  

6.2.2  Verification  of method  1  (spurious  in tensi ty)  

6. 2.2 .1  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure 1 5 – Ci rcu i t  for the  veri fication  of source mismatch  tolerance in  method  1  

6.2.2 .2  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ i rements  of 6. 1 . 2 . 2 .  

The  purpose  of the  isolator i s  to  enable  the  power level  to  the  device  being  measured  to  be  
kept constant  i rrespective  of impedance m ismatches  at  i ts  i npu t.  

6.2.2 .3  Precautions  to  be  observed   

See  the  precautions  to  be  observed  of 6 . 1 . 2. 3.  

6.2.2 .4  Test procedure  

The source  VSWR is  set  to  the  speci fied  value  by ad j usti ng  variable  attenuator.  
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The  frequency of the  s ignal  generator i s  set  to  the  speci fied  va lue.  

The  modu lation  of the  s i gnal  generator i s  set  to  the  speci fied  cond i tion .  

The  b ias  under speci fied  cond i ti on  is  suppl ied .  

The  power l evel  of the  s i gnal  generator i s  set  to  the  speci fied  value.   

The  phase  ang le  i s  swept con tinuous l y by varying  the  l eng th  of the  l ine  s tretcher.  

Veri fication  that there  i s  no  osci l l ation  or spurious  in tensi ty l ess  than  the  speci fied  cond i ti on  i s  
confi rmed  by us ing  the  spectrum  analyser at  a l l  phase  ang les .  

6.2.2 .5  Specified  cond itions  

– Ambient  or reference poin t  temperature   

– Source  VSWR 

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency of the  i npu t s i gnal  

– Modu lation  of the  i npu t s i gnal  

– I npu t power 

– Spurious  i n tens i ty 

6.2.3  Verifying  method  2  (no  d iscontinu i ty of the  frequency response)  

6.2.3. 1  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure 1 6  – Ci rcu i t  for the  veri fication  of source mismatch   
tolerance in  method  2  

6.2.3.2  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ i rements  of 6. 1 . 3. 2 .  
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The  purpose  of the  isolator i s  to  enable  the  power level  to  the  device  being  measured  to  be  
kept constant  i rrespective  of impedance m ismatches  at  i ts  i npu t.  

6.2.3.3  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 6 . 1 . 3. 3.  

6.2.3.4  Test procedure  

The source  VSWR is  set  to  the  speci fied  value  by ad j usting  variable  attenuator.  

The  sweep frequency range  of the  network anal yser is  set to  the  speci fied  value.  

The  power l evel  of the  network analyser i s  set to  the  speci fied  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti on  is  suppl ied .   

The  phase  ang le  i s  swept con tinuous l y by varying  the  l eng th  of the  l ine  s tretcher.  

Veri fication  that there  is  no  d iscon tinu i ty of the  frequency response is  confi rmed  by us ing  the  
network analyser at a l l  phase  ang les .  

6.2.3.5  Specified  cond itions  

– Ambient  or reference poin t  temperature   

–  Source  VSWR 

– B ias  cond i tions  

– Frequency range  of the  i npu t s i gnal  

– I npu t power 

6.3  Load  m ismatch  ruggedness  (ΨR)  

6. 3. 1  Purpose  

To veri fy the  l oad  m ismatch  ruggedness  under speci fi ed  cond i ti ons.  
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6.3.2  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure 1 7  – Ci rcu i t  for the  veri fication  of load  mismatch  ruggedness  

6.3.3  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

The s i gnal  generator shal l  be  capable  of operating  wi th in  the  speci fied  frequency band .  

The  spectrum  anal yser shal l  be  capable  of operating  wi th in  the  speci fied  frequency range  to  
ensure  that there  is  no  osci l lation  or spurious  in tens i ty.  

The  phase  sh i fter shal l  be  capable  of keeping  the  l oad  VSWR or the  magn i tude  of the  load  
reflection  coefficien t constant.  The  l i ne  s tretcher i s  su i table  for th is  purpose.  The  output port  
of the  phase  sh i fter shou ld  be  shorted .  

The  purpose  of the  variable  attenuator i s  to  ad j ust the  load  VSWR to  the  speci fi ed  va lue.  

6.3.4  Precautions  to  be  observed   

I t  shal l  be  ensured  that no  osci l l ation  ( l ess  than  the  speci fied  one)  occurs  i n  any of the  phase  
cond i tions  of the  phase  sh i fter at the  VSWR due  to  the  veri fication  system .  

The  VSWR shal l  be  kept  constan t during  a l l  phase  cond i tions  of the  phase  sh i fter.  

6.3.5  Test procedure  

DC and  RF  characteristics  are  measured  under speci fied  cond i ti ons  before  the  fol lowing  l oad  
m ismatch  test  procedure  is  carried  ou t.   

The  l oad  VSWR is  set to  the  speci fied  value  by ad j usti ng  variable  attenuator.  

The  frequency of the  s i gnal  generator i s  set  to  the  speci fied  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i tion  is  suppl ied .  

The  power l evel  of the  s i gnal  generator i s  set  to  the  speci fi ed  value.   
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The  phase  ang le  i s  swept con tinuous l y by varying  the  l eng th  of the  l ine  s tretcher.  

The  device  is  kept i n  operation  during  the  speci fi ed  operation  time at a l l  phase  ang les.  

DC  and  RF  characteristics  are  measured  under speci fied  cond i ti ons  once  more.   

Load  m ismatch  ruggedness  i s  veri fied  usi ng  speci fied  degradation  cri teria  of DC  and  RF  
characteristics.  

6.3.6  Specified  cond itions  

– Ambient or reference  poin t  temperature   

–  Load  VSWR 

– B ias  cond i tions  

– Frequency of the  i npu t s i gnal  

– I nput  power 

– Operation  time  

– Degradation  cri teria  of DC and  RF  characteristics  

– Measurement cond i tions  of DC and  RF  characteristics  

 

 

___________  
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Ampl i ficateurs  

 
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ia l e  de  normal i sation  
composée  de  l ' ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pou r 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questions  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  d e  l 'é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati ona les ,  des  Spéci fi cations  techn iques,  d es  Rapports  techn iques,  d es  Spéci fi cati ons  accessib les  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cation (s)  de  l ’ I EC").  Leu r é l aborati on  est  confiée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux travaux desque ls  tou t  Com i té  nationa l  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peut  parti ciper.  Les  
organ isati ons  i n ternational es ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti cipen t 
égal ement  aux travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement  avec l 'Organ isati on  I n ternationale  de  Normal i sation  ( I SO),  
selon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi c iel s  d e  l ’ I EC  concernant  l es  q uestions  techn i ques  représenten t,  d ans  l a  mesure  
du  possibl e,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud iés,  étan t  d onné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC 
i n téressés  son t représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  rai sonnabl es  son t en trepri s  afi n  que  l ’ I EC  
s 'assure  de  l 'exacti tude  d u  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC ne  peu t pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encourager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  poss ibl e,  à  appl i quer de  façon  transparente  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC  dans  l eurs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es .  Toutes  d i vergences  en tre  tou tes  Pub l i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  publ i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do ivent  être  i nd iquées  en  termes  cl ai rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC e l l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssen t des  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  d ans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi ven t s ' assurer qu ' i l s  son t  en  possess ion  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  imputée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nationaux de  l ’ I EC,  pour tou t  pré jud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matériel s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte ,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lan t  de  l a  publ i cati on  ou  de  l 'u ti l i sati on  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'attenti on  est  atti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L’ attention  est  atti rée  su r l e  fa i t  q ue  certa ins  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ’ I EC peuvent fai re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r i d en ti fi é  d e  tel s  d roi ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eu r exi stence.  

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ   
Cette  version  consol idée  n ’est pas  une Norme IEC  officiel le,  el le  a  été  préparée par 
commodité  pour l ’u ti l i sateur.  Seu les  les  versions  courantes  de  cette  norme et  de  
son(ses)  amendement(s)  doivent être  considérées  comme l es  documents  officiels .  

Cette  version  consol idée  de  l ’ IEC  60747-1 6-1  porte  le  numéro d 'éd i tion  1 .2 .  E l le  
comprend  l a  première éd i tion  (2001 -1 1 )  [documents  47E/200/FDIS  et  47E/204/RVD] ,  son  
amendement 1  (2007-01 )  [documents  47E/305/FDIS  et  47E/31 7/RVD]  et  son  amendement 
2  (201 7-02)  [documents  47E/500/CDV et 47E/51 8/RVC] .  Le  contenu  technique  est  
identique  à  celu i  de  l 'éd i tion  de  base et  à  ses  amendements.  
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Dans  cette  version  Redl ine,  une l igne  verticale  dans  l a  marge ind ique où  l e  contenu  
techn ique est mod ifié  par l es  amendements  1  et  2 .  Les  ajouts  sont en  vert,  l es  
suppressions  sont en  rouge,  barrées.  Une version  Finale  avec toutes  les  modifications  
acceptées  est d isponible  dans  cette  publ ication .   

La Norme I n ternationale  I EC  60747-1 6-1  a  été  établ ie  par le  sous-com i té  47E:  D isposi ti fs  à  
sem iconducteurs  d iscrets,  du  com ité  d ’études  47  de  l ’ I EC:  D isposi ti fs  à  semiconducteurs.  

La  version  française  de  cette  norme n ’a  pas  été  soum ise  au  vote.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D i rectives  I SO/IEC,  Partie  3 .  

Le  com ité  a  décidé  que  l e  contenu  de  l a  publ ication  de  base  et de  ses  amendements  ne  sera  
pas  mod i fié  avant l a  date  de  stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  d e  l ’ I EC sous  
"h ttp: //webstore. iec.ch"  dans  les  données  re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  
l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  

 

IMPORTANT – Le  logo "colour inside" qu i  se  trouve sur l a  page de  couverture  de  cette  
publ ication   i nd ique qu 'el le  contient des  cou leurs  qu i  sont considérées  comme uti les  à  
une  bonne compréhension  de  son  contenu.  Les  u ti l i sateurs  devraient,  par conséquent,  
imprimer cette  publ ication  en  u ti l i sant une imprimante cou leur.  
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DISPOSITIFS  À SEMICONDUCTEURS –  
 

Partie  1 6-1 :  Circuits  intégrés  hyperfréquences  –  
Ampl i ficateurs  

 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La présente  partie  de  l ’ I EC  60747  fourn i t l a  term inolog ie,  l es  valeurs  ass ignées  et 
caractéristi ques  essentie l les ,  a i nsi  que  les  méthodes  de  mesure  pour des  ampl i ficateurs  de  
pu issance  hyperfréquences  à  ci rcu i ts  in tégrés.   

2  Références  normatives  

Les  documents  normati fs  su ivants  con tiennen t des  d ispos i ti ons  qu i ,  par su i te  de  l a  référence  
qu i  y est fa i te,  consti tuen t des  d ispos i tions  va lables  pour l a  présente  partie  de  l a  Norme 
i n ternationale  I EC 60747.  Pour l es  références  datées,  tou t amendement ou  tou te  révis ion  
portan t sur ces  publ ications  qu i  sera ient publ iés  u l térieurement ne  s ’appl i que  pas.  Cependant,  
l es  parties  prenantes  aux accords  fondés  sur l a  présente  partie  de  l ’ I EC  60747  son t i nvi tées  à  
rechercher la  poss ib i l i té  d 'appl iquer les  éd i ti ons  l es  p lus  récentes  des  documents  normati fs  
i nd iqués  ci -après.  Pour l es  références  non  datées,  l a  dern ière  éd i tion  du  document normati f 
en  référence s ’appl i que.  Les  membres  de  l ’ I EC  et de  l ' I SO  ti ennent  à  j our l ’ état des  normes  
i n ternationales  en  vi gueur.  

I EC 60050-702,  Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 702: Oscillations,  
signaux et dispositifs associés  (d ispon ible  à  l ' adresse:  h ttp: //www.electroped ia. org )  

I EC 6061 7-1 2 : 1 997,  Symboles graphiques pour schémas – Partie 12: Opérateurs logiques 
binaires 

I EC 6061 7-1 3: 1 993 ,  Symboles graphiques pour schémas – Partie  13: Eléments analogues  

I EC 6061 7,  Symboles graphiques pour schémas  (d ispon ible  à  l 'adresse  
h ttp: //std . i ec. ch /iec6061 7)  

I EC 60747-1 : 1 983  2006 ,  Dispositifs à  semiconducteurs – Partie  1 :  Généralités  
I EC 60747-1 : 2006/AMD1 :201 0   

I EC 60747-4: 2007,  Dispositifs à  semiconducteurs – Dispositifs discrets – Partie 4:  Diodes et 
transistors hyperfréquences  
I EC 60747-4: 2007/AMD1 :201 7  

IEC 60747-7: 2000 ,  Dispositifs à  semiconducteurs – Partie 7: Transistors bipolaires 

I EC 60748-2: 1 997 ,  Dispositifs à  semiconducteurs – Circuits intégrés – Partie 2:  Circuits 
intégrés numériques 

I EC 60748-3: 1 986 ,  Dispositifs à  semiconducteurs – Circuits intégrés – Partie 3:  Circuits 
intégrés analogiques  
I EC 60748-3: 1 986/AMD1 : 1 991   
I EC 60748-3: 1 986/AMD2: 1 994  

I EC 60748-4: 1 997 ,  Dispositifs à  semiconducteurs – Circuits intégrés – Partie 4:  Circuits 
intégrés  d'interface 

http://www.electropedia.org/
http://std.iec.ch/iec60617
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IEC 61 340-5-1 ,  Electrostatique – Partie 5-1 : Protection des dispositifs électroniques contre  
les phénomènes électrostatiques – Exigences générales  

I EC TR 61 340-5-2,  Electrostatique – Partie 5-2: Protection des dispositifs électroniques 
contre les phénomènes électrostatiques – Guide d'utilisation  

3 Terminologie  Termes et défin i tions   

Pour les  besoins  du  présent document,  l es  termes  et défi n i tions  su ivan ts  s 'appl iquen t.  

3. 1  
gain  (en  pu issance)  l inéai re  Gl i n  
gain  en  pu issance dans  l a  rég ion  l i néai re  de  l a  courbe  de  transfert de  pu issance Po (dBm)  =  
f(Pi )  

NOTE  Dans  cette  rég ion ,  ∆Po  (dBm)  =  ∆P i  (dBm).  

3.2  
un iformité  du  gain  (en  pu issance)  l inéai re  ∆Gl i n  
un i form i té  du  gain  en  pu issance l orsque  l e  poin t de  fonctionnement se  trouve  dans  l a  rég ion  
l inéai re  de  la  courbe  de  transfert  de  pu issance  

3.3  
gain  en  pu issance  Gp ,  G  
rapport de  la  pu issance  de  sortie  sur la  pu issance d ’entrée  

NOTE  Habi tuel l ement  l e  gain  en  pu i ssance  est  exprimé  en  décibel s .  

3.4  
un iformité  du  gain  (en  pu issance)  ∆Gp  
d i fférence  en tre  le  ga in  en  pu issance maximale  et  m in imale  pour une  pu issance  d ’en trée  
spéci fiée  dans  une  p lage  de  fréquences  spéci fiée  

3.5  
réduction  du  gain  (maximum  d isponible)  ∆Gred  
d i fférence en  décibels  en tre  l es  gains  en  pu issance maximale  et m in imale  pouvant être  
fourn is  par la  commande de  gain   

3.6  Limitation  de  pu issance de  sortie  

3.6. 1  
plage  l im ite  de  pu issance  de  sortie  
plage  dans  l aquel l e  l a  pu issance  de  sortie  est l im i tée  pour augmenter l a  pu i ssance  d ’en trée  

NOTE  Pour l es  spéci fi cations,  l es  l im i tes  de  cette  p l age  son t i nd i quées  par des  va leu rs  l im i tes  i n férieu re  et  
supéri eu re  pou r l a  pu i ssance  d ’en trée.  

3.6.2  
pu issance de  sortie  l im i te  Po(l tg )  
pu issance  de  sortie  dans  l a  p l age  dans  l aquel l e  e l l e  est  l im i tée  

3.6.3  
un i formité  de  l a  pu issance de  sortie  l im ite  ∆Po(l tg )  
d i fférence entre  l a  pu issance de  sortie  maximale  et  m in imale  dans  l a  p lage  l im i te  de  
pu issance  de  sortie :  

∆Po(l tg )  =  Po(l tg ,max)  – Po(l tg ,m in)  
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3.7  
d istorsion  d ’ in termodulation   
Pn /Pi  Pn /P1  
rapport de  l a  composan te  du  n i ème  ordre  de  l a  pu issance de  sortie  su r à  l a  composante  
fondamentale  de  l a  pu issance  de  sortie  à  une  pu issance  d ’en trée  spéci fi ée  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  « IMDn»  est  encore  d ’ usage  couran t pour l a  d i stors ion  d ’ i n termodu l ation  du  n i èm e  
ord re.  

SOURCE:  I EC  60747-4:2007/AMD1 : 201 7,  7 . 2 . 1 9 .  

3.8  
pu issance au  point in terception  (pour l es  produ its  d ’ in termodu lation)  
Pn(IP)  
l a  pu issance de  sortie  à  l ’ i n tersection  en tre  l es  pu issances  de  sortie  extrapolées  de  l a  
composante  fondamentale  et des  composan tes  d ’ in termodu lation  du  n i ème  ordre,  l orsque  
l ’extrapolation  est effectuée  dans  un  d iagramme représentan t la  pu issance de  sortie  des  
composants  (en  décibels)  en  fonction  de  l a  pu issance  d ’entrée  (en  décibels)  

3.9  
ampl i tude du  coefficient de  réflexion  d ’entrée  
(affaib l issement de  réflexion  d ’entrée)  
 s1 1  |S1 1 |  
vo i r 3. 5. 2 . 1  de  l ’ I EC  60747-7  7. 4. 3. 1 0. 2. 2  de  l ’ I EC  60747-4 :2007  

3. 1 0  
ampl i tude du  coefficient de  réflexion  de  sortie  
(affaib l issement de  réflexion  de  sortie)  
|s22 |S22 |  
vo i r 3 . 5. 2 . 2  de  l ’ I EC  60747-7  7. 4. 3. 1 0. 2. 2  de  l ’ I EC  60747-4:2007  

3. 1 1  
ampl i tude du  coefficien t de  transmission  inverse  
( isolation)  
 s1 2  |S1 2 |  
vo i r 3. 5. 2 . 4  de  l ’ I EC  60747-7  7. 4. 3. 1 0. 2. 2  de  l ’ I EC  60747-4 :2007  

3. 1 2  
coefficient  de  conversion  modu lation  d ’ampl i tude/modu lation  de  phase  α(AM-PM)  
quotien t de  

l a  déviation  de  phase  du  s ignal  de  sortie  (en  degrés)  par 

l a  variation  de  pu issance  d ’en trée  (en  décibels)  l e  produ isant  

3. 1 3  
temps  de  retard  de  groupe  td(grp)  
rapport,  en  fonction  de  la  fréquence angu la i re,  de  la  variation  du  déphasage par 
l ’ in terméd ia i re  de  l ’ampl i ficateur 

NOTE  Habi tuel l ement,  l e  temps  de  retard  de  groupe  est  très  proche  en  val eu r d u  temps  de  retard  en trée/sorti e.  

3. 1 4 
taux de  d istorsion  de  l ’ harmonique  de  rang  n   
Pnth /P1  
rapport de  la  pu issance de  la  composan te  harmon ique  de  rang  n  mesurée  au  port de  sortie  
sur l a  pu issance de  la  fréquence fondamenta le  mesurée  au  port de  sortie  du  d ispos i ti f pour 
une  pu issance de  sortie  donnée  
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3. 1 5  
pu issance de  bru i t  en  sortie  PN  
pu issance de  bru i t maximale  mesurée  au  port de  sortie  du  d isposi ti f selon  une  l argeur de  
bande  comprise  dans  une  plage  de  fréquences  spéci fiée  pour une  sortie  de  pu issance  
donnée  

3. 1 6  
in tensi té  parasi te  selon  l e  ROS (rapport  d ’ondes  stationnai res)  de  charge spécifiée  
Psp/Po  
rapport de  la  pu issance paras i te  maximale  mesurée  au  port de  sortie  su r l a  pu issance de  l a  
fréquence fondamenta le  mesurée  au  port de  sortie  du  d isposi ti f du  d isposi ti f sur la  pu issance 
de  la  fréquence  fondamentale  mesurée  au  port de  sortie  selon  l e  ROS de  charge  spéci fi ée  

3. 1 7  
pu issance de  sortie  
Po 
pu issance  RF  mesurée  au  port  de  sortie  

SOURCE:  I EC  60747-4:2007/AMD1 : 201 7,  7 . 2 . 2 .  

3. 1 8  
pu issance de  sortie  pour une compression  du  gain  de  1  dB  
Po(1 dB)  
voir 8. 2. 1 3  de  l ’ I EC 60747-4   

3. 1 9  
facteur de  bru i t  
F 
voir 702-08-57  de  l ’ I EC  60050-702  

3.20  
rendement en  pu issance ajoutée  
ηadd  
voir 8. 2 . 1 5  de  l ’ I EC 60747-4  

3.21  
rapport  de  pu issance pour l e  canal  ad jacent 
Pad j/Po(mod)  

rapport de  l a  pu issance de  sortie  tota le  dans  une  bande  de  fréquences  spéci fi ée  é loignée  de  
l a  fréquence du  s ignal  porteur sur l a  pu issance tota le  dans  une  bande  de  fréquences  
spéci fiée  du  s ignal  porteur,  l orsqu 'un  s ignal  de  modu lation  est  appl i qué  

3.22  

tolérance de  charge non  adaptée  
ΨL  
voir 7. 2. 20  de  l ’ I EC 60747-4  

3.23  
tolérance de  source non  adaptée  
ΨS  
voir 7. 2. 21  de  l ’ I EC 60747-4  

3.24 
robustesse de  charge  non  adaptée  
ΨR  
voir 7. 2. 22  de  l ’ I EC 60747-4  
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4 Valeurs  assignées  et caractéristiques  essentiel les  

4.1  Général i tés  

4. 1 . 1  Identi fication  et  types  de  ci rcu i ts  

4. 1 . 1 . 1  Désignation  et  types  

I l  convien t de  préciser l ’ i nd ication  du  type  (nom  du  d isposi ti f) ,  l a  catégorie  du  ci rcu i t e t l a  
technolog ie  appl i quée.  

Les  ampl i ficateurs  hyperfréquences  son t d ivisés  en  quatre  catégories :  

Type  A:  à  fa ib le  bru i t.  

Type  B :  à  commande  au tomatique  de  gain .  

Type  C:  l im i teur.  

Type  D:  de  pu issance.  

4.1 . 1 .2  Description  de  l a  fonction  générale  

I l  convient d ’effectuer une  description  générale  de  l a  fonction  exécutée  par l es  ampl i ficateurs  
hyperfréquences  à  ci rcu i ts  i n tégrés  et  des  caractéri stiques  re lati ves  à  l ’ appl i cation .  

4.1 . 1 .3  Technolog ie  de  fabrication  

I l  convien t de  men tionner la  technolog ie  de  fabrication ,  par exemple,  un  ci rcu i t  i n tégré  
monol i th ique  à  sem iconducteurs,  un  ci rcu i t i n tégré  à  couches  m inces,  un  m icro-assemblage.  
I l  convient d ’ y i ncl ure  des  détai l s  re lati fs  aux technolog ies  des  sem iconducteurs ,  comme le  
MESFET,  l e  M ISFET,  l e  transistor b ipola i re  au  s i l icium ,  l e  HBT (trans istor b ipola i re  à  
hétéroj onction) ,  etc.  

4. 1 . 1 .4  Identi fication  du  boîtier 

I l  convien t d ’ ind iquer ce  qu i  su i t:  

a)  numéro  I EC ou  de  référence nationale  du  dessin  d ’encombrement,  ou  dessin  de  boîtier 
non  normal isé  comprenant une  numérotation  des  bornes;  

b)  matériau  pri ncipal  d u  boîtier;  par exemple  :  méta l ,  céram ique,  p lastique.  

4.1 . 1 .5  Appl ication  principale  

I l  convien t de  men tionner,  s i  nécessaire,  l ’ appl ication  principale.  S i  l e  d isposi ti f présente  des  
appl ications  restrictives,  i l  convient  de  le  mentionner ici .  

4.2  Description  relative  à  l ’ appl ication  

I l  convient de  donner des  in formations  sur l ’ appl i cation  du  ci rcu i t i n tégré  et sur sa  re lation  
avec les  d isposi ti fs  associés.  

4.2. 1  Conformité  au  système et/ou  aux informations  d ’ in terface  

I l  convient de  men tionner s i  l e  ci rcu i t i n tégré  est  conforme à  un  système  d ’appl ication  et/ou  
une  norme ou  des  recommandations  d ’ i n terface.  

I l  convien t également de  donner des  in formations  déta i l l ées  concernant l es  systèmes  
d ’appl ication ,  équ ipements  et ci rcu i ts ,  te ls  que  l es  réseaux VSAT,  l es  récepteurs  satel l i tes  de  
rad iod i ffusion  d i recte,  l es  systèmes  d ’atterrissage  hyperfréquences,  etc.  
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4.2.2  Schéma de  principe  g lobal  

I l  convien t,  s i  nécessaire,  de  fourn i r un  schéma de  pri ncipe  des  systèmes  appl iqués.  

4.2.3  Données  de  référence  

I l  convient d ’ i nd iquer l es  propriétés  l es  p l us  importan tes  pour permettre  une  comparaison  
en tre  des  types  de  dérivée.  

4.2.4  Compatibi l i té  é lectrique  

I l  convient de  men tionner s i  l e  ci rcu i t  i n tégré  est compatib le  du  poin t de  vue  é lectrique  avec 
d ’au tres  ci rcu i ts  i n tégrés  particu l iers  ou  fam i l l es  de  ci rcu i ts  i n tégrés  ou  s i  des  i n terfaces  
spécia les  son t nécessaires.   

I l  convient de  fourn i r des  déta i ls  concernant l e  type  de  ci rcu i ts  d ’en trée  et de  sortie ,  par 
exemple,  impédances  d ’en trée/de  sortie ,  b l ocage du  couran t con tinu ,  d rain  ouvert,  e tc.  I l  
convient  de  mentionner,  l e  cas  échéant,  l ’ i n terchangeabi l i té  avec d ’au tres  d ispos i ti fs.  

4.2.5  Disposi ti fs  associés  

I l  convien t,  l e  cas  échéant,  de  mentionner i ci  ce  qu i  su i t :  

– d ispos i ti fs  nécessaires  pour un  fonctionnement correct ( l i s te  i nd iquant  l e  numéro du  type,  
l e  nom  et l a  fonction) ;  

– d ispos i ti fs  périphériques  avec i n terconnexion  d i recte  ( l iste  i nd iquant l e  numéro du  type,  l e  
nom  et l a  fonction).  

4.3  Spécification  de  l a  fonction  

4.3. 1  Schéma de  principe  détai l l é  – Blocs  fonctionnels  

I l  convien t de  fourn i r un  schéma de  principe  détai l lé  ou  des  i n formations  de  ci rcu i t  
équ ivalentes  re lati ves  aux ampl i ficateurs  hyperfréquences  à  ci rcu i ts  i n tégrés.  Dans  le  schéma 
de  pri ncipe,  i l  convien t d ’ i nd iquer ce  qu i  su i t:  

1 )  b locs  fonctionnels ;  

2)  i n terconnexions  mutuel l es  entre  l es  b locs  fonctionnels ;  

3)  un i tés  fonctionnel l es  i nd ividuel les  parm i  l es  b locs  fonctionnels ;  

4)  i n terconnexions  mutuel l es  entre  l es  b locs  fonctionnels  ind ividuels;  

5)  fonction  de  chaque  connexion  externe;  

6)  i n terdépendance  entre  l es  b locs  fonctionnels  séparés.  

I l  convien t d ’ i den ti fier,  dans  l e  schéma de  principe,  l a  fonction  de  chaque connexion  externe  
et,  l orsque  aucune ambigu ïté  n ’est poss ib le,  les  symboles  et/ou  numéros  des  bornes.  S i  
l ’ encapsu lation  présen te  des  parties  métal l i ques,  i l  convien t d ’ i nd iquer tou te  connexion  de  
bornes  externes  à  ces  dern ières.  Lorsque  cela  s ’avère  nécessaire,  i l  convien t de  men tionner 
les  connexions  avec tous  l es  é léments  électri ques  externes  associés.  

A ti tre  d ’ i n formations  supplémentaires,  l e  schéma des  ci rcu i ts  é lectri ques  peu t être  reprodu i t,  
mais  pas  nécessai rement avec l es  ind ications  de  va leu rs  des  composants  de  ci rcu i t.  Le  
symbole  graph ique  pour la  fonction  doi t être  i nd iqué.  Celu i -ci  peu t être  obtenu  dans  un  
catalogue  de  normes  des  symboles  graph iques  ou  conçu  selon  l es  règ les  de  l ’ I EC 6061 7-1 2  
ou  I EC 6061 7-1 3  l ’ I EC  6061 7.  
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4.3.2  Identi fication  et  fonction  des  bornes  

I l  convient d ’ i denti fier toutes  les  bornes  sur l e  schéma de  principe  (bornes  d ’al imentation ,  
bornes  d ’en trée  ou  de  sortie ,  bornes  d ’en trée/de  sortie) .  

I l  convien t d ’ ind iquer l es  fonctions  des  bornes  1 ) -4)  dans  un  tab leau  comme su i t:   

Numéro de  l a  
borne  

Symbole  de  l a  
borne  

1 )  
Désignation  
de  l a  borne  

2)  Fonction  Fonction  de  l a  borne  

3)  I den ti fi cation  
d ’ entrée/de  sorti e  

4)  Type  de  ci rcu i t  
d ’ entrée/de  sorti e  

      

      

      

 
1 )  Nom  de  l a  borne  
 I l  convien t de  mentionner un  nom  de  borne  pour i nd iquer sa  fonction .  I l  convien t de  

d i fférencier les  bornes  d ’a l imentation ,  l es  bornes  de  terre,  l es  bornes  non  connectées  
(avec l ’abréviation  NC),  e t l es  bornes  non  u ti l i sables  (avec l ’abréviation  NU ).  

2)  Fonction  

 I l  convien t d ’ ind iquer brièvement la  fonction  des  bornes.  

– Chaque fonction  de  bornes  pol yvalentes,  c’est-à-d i re  l es  bornes  qu i  ont des  fonctions  
mu l tip les.  

– Chaque fonction  du  ci rcu i t i n tégré  sélectionnée par des  connexions  de  broches  
mutuel l es,  l a  programmation  et/ou  l ’ appl ication  de  données  de  sélection  de  fonction  
sur l a  broche  de  sélection  de  fonction ,  te l l e  qu ’une  broche de  sélection  de  mode.   

3)  I denti fication  d ’entrée/de  sortie  

 I l  convient de  d i fférencier l es  bornes  d ’en trée,  de  sortie,  d ’en trée/de  sortie ,  e t d ’en trée/de  
sortie  de  mu l tip lexage.  

4)  Type  de  ci rcu i ts  d ’en trée/de  sortie  

 I l  convien t de  d i fférencier les  types  de  ci rcu i ts  d ’entrée  et de  sortie,  par exemple,  les  
impédances  d ’en trée/de  sortie,  avec ou  sans  b locage  du  couran t conti nu ,  etc.  

5)  Type  de  m ise  à  l a  terre  

 S i  l a  p l aque  de  base  du  boîtier est  u ti l i sée  comme m ise  à  l a  terre,  i l  convien t de  l e  
mentionner.  

Exemple:  
 Tension  d ’al imentation  

Amplificateurs 
hyperfréquences 
à circuits intégrés 

NC 

Sortie(s) 

Entrée(s) 

NU 

Terre 
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4.3.3  Description  fonctionnel le  

I l  convien t de  préciser l a  fonction  réa l isée  par l e  ci rcu i t,  comprenant l es  i n formations  
su ivantes:  

– fonction  de  base;  

– re lation  avec l es  bornes  externes ;  

– mode de  fonctionnement (par exemple,  méthode de  rég lage,  préférence,  etc. ) ;  

– tra i temen t d ’ in terruption .  

4.3.4  Caractéristiques  relatives  à  la  fami l l e  

Dans  cette  partie,  tou tes  les  descriptions  fonctionnel l es  caractéristiques  de  l a  fam i l le  doivent  
être  mentionnées  (voir l ’ I EC  60748-2 ,  l ’ I EC 60748-3  et  l ’ I EC 60748-4) .  

S ’ i l  existe  des  va leurs  assignées  et caractéristiques,  a ins i  que  des  caractéristiques  
fonctionnel les  pour l a  fam i l l e,  i l  convien t d ’u ti l i ser l a  partie  concernée de  l ’ I EC  60748  (par 
exemple,  pour l es  m icroprocesseurs,  voi r l ’ I EC 60748-2,  chapi tre  I I I ,  section  3).  

NOTE  Pour chaque  nouvel l e  fam i l l e  de  d i spos i ti f,  des  é l éments  spéci fi ques  doiven t être  a jou tés  dans  l a  parti e  
concernée  de  l ’ I EC 60748.  

4.4  Valeurs  l im ites  (système de  valeurs  assignées  maximales  absolues)  

Le  tableau  de  ces  valeurs  contient  l es  i nd ications  su ivantes.  

a)  Toute  i n terdépendance  des  cond i ti ons  de  l im i tation  doi t être  spéci fi ée.  

b)  S i  des  é léments  attachés  et/ou  connectés  en  externe,  par exemple  des  d iss ipateurs  
therm iques,  ont une  i n fluence sur l es  va leurs  ass ignées,  ce l les-ci  doiven t être  prescri tes  
pour l e  ci rcu i t i n tégré  avec l es  é léments  connectés  et/ou  attachés.  

c)  S i  des  valeurs  l im i tes  sont dépassées  pour la  surcharge  trans i toi re,  l ’ excès  au torisé  et sa  
durée  doivent être  spéci fi és.  

d )  Lorsque  l es  valeurs  m in imale  et maximale  d i ffèren t pendan t l a  programmation  du  
d ispos i ti f,  i l  convien t de  l e  mentionner.  

e)  Toutes  l es  tensions  fon t référence à  une  borne  de  référence  spéci fiée  (Vss ,  GND ,  etc. ) .  

f)  Concernant les  articles  su ivants ,  s i  l es  va leurs  maximales  et/ou  m in imales  sont ci tées,  l e  
fabrican t doi t i nd iquer s ’ i l  fai t  référence  à  l ’ampl i tude  absolue  ou  à  l a  va leur a l gébrique  de  
l a  quanti té.   

g )  Les  va leurs  assignées  doivent couvri r l e  fonctionnement du  ci rcu i t i n tégré  mu l ti fonction  
sur l a  p lage  spéci fique  de  températures  de  fonctionnement.  Lorsque  l es  valeurs  ass ignées  
son t fonction  de  l a  température,  i l  convien t de  l ’ i nd iquer.  

4.4. 1  Valeurs  l im ites  électriques  

l l  convient  d ’ i nd iquer les  valeurs  l im i tes  comme su i t:  
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Paramètres  M in imum  Maximum 

(1 )  Tensions  d ’a l imentati on  +  +  

(2)  Cou rants  d ’a l imentati on  (s ’ i l  y  a  l i eu )   +  

(3)  Tension (s)  d ’ en trée  (s ’ i l  y  a  l i eu )  +  +  

(4)  Tension (s)  de  sorti e  (s ’ i l  y  a  l i eu )  +  +  

(5)  Cou rant(s)  d ’ en trée  (s ’ i l  y  a  l i eu )   +  

(6)  Cou rant(s)  de  sorti e  (s ’ i l  y  a  l i eu )   +  

(7)  Au tre(s)  tension(s )  de  borne  (s ’ i l  y  a  l i eu )  +  +  

(8)  Au tre(s)  cou ran t(s)  d e  borne  (s ’ i l  y  a  l i eu )   +  

(9)  D i fférence  de  tensi on  en tre  l ’ en trée  et  l a  sorti e  
(s ’ i l  y  a  l i eu )  

+  +  

(1 0)  D i ss ipation  de  pu i ssance   +  

 

Les  spéci fications  détai l l ées  peuvent ind iquer ces  valeurs  dans  l e  tab leau  comprenant l a  note  
1  et  l a  note  2 .  

Paramètres  (Note  1 ,  Note  2 )  Symboles  M in imum Maximum Un i té  

     

NOTE  1  S ’ i l  y  a  l i eu ,  sel on  l e  type  de  ci rcu i t  considéré.  

NOTE  2  Pou r une  pl age  de  tension  d ’ al imentati on :  

– va l eu r(s)  l im i te(s)  d e  l a  (des)  tens ion (s)  à  l a  (aux)  borne(s)  d ’ a l imentati on  par rapport  
à  un  poin t  d e  référence  é lectri que  spécial ;  

– l e  cas  échéant,  va leu r l im i te  en tre  des  bornes  d ’ al imentation  spéci fi ées;  

– l orsque  p l us  d ’ une  sou rce  d ’ al imentation  est  nécessai re,  i l  convi en t  d e  mentionner s i  
l ’ ord re  dans  l equel  ces  sources  sont  appl i q uées  est  s i gn i fi cati f;  s i  c’ est  l e  cas,  i l  
convi ent  d e  mentionner cet  ord re;  

– l orsque  pl us  d ’ une  sou rce  est  requ ise,  i l  peu t  être  nécessai re  de  menti onner l es  
combinaisons  de  val eu rs  assignées  pou r ces  tens ions  d ’ a l imentation  et  cou ran ts .  

 

4.4.2  Températures  

1 )  Température  de  fonctionnement (température  ambian te  ou  températu re  du  poin t de  
référence)  

2)  Température  de  s tockage  

3)  Température  du  canal  ( type  C  et  type  D  un iquement)  

4)  Température  maximale  de  broche de  raccordement (pour l e  soudage).  

Les  spéci fications  déta i l l ées  peuvent i nd iquer ces  va leurs  dans  l e  tableau  comprenant  l a  note.  

Paramètres  (Note)  Symboles  M in imum  Maximum Un i té  

     

NOTE  S ’ i l  y  a  l i eu ,  selon  l e  type  de  ci rcu i t  cons idéré.  
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4.5  Cond itions  de  fonctionnement (dans  la  p lage  de  températures  de  fonctionnement 
spécifiée)  

El les  ne  doivent pas  être  i nspectées  mais  peuvent être  u ti l i sées  pour une  évaluation  de  l a  
qua l i té.  

4.5. 1  Valeurs  posi tives  et/ou  négatives  de  sources  d ’al imentation  

4.5.2  Séquences  d ’ in i tial isation  (s’ i l  y a  l i eu )  

Si  des  séquences  d ’ i n i tia l i sation  sont nécessaires,  i l  convien t de  spéci fi er le  séquencement 
des  sources  d ’a l imentation  et  l a  procédure  d ’ in i tia l isation .  

4.5.3  Tension(s)  d ’entrée  (s ’ i l  y a  l ieu)  

4.5.4  Courant(s)  de  sortie  (s’ i l  y a  l i eu)  

4.5.5  Tension  et/ou  courant d ’autre(s)  borne(s)  

4.5.6  Eléments  externes  (s ’ i l  y a  l i eu)  

4.5.7  Plage de  températures  de  fonctionnement 

4.6  Caractéristiques  électriques  

Les  caractéristi ques  doivent s ’appl iquer sur toute  l a  p lage  de  températures  de  
fonctionnement,  sauf mention  con tra ire.  

Chaque caractéristique  de  4. 6 . 1  et  4 . 6 . 2  doi t être  mentionnée  

a)  sur l a  p lage  spéci fi ée  de  températures  de  fonctionnement,  ou  

b)  à  une  température  de  25  °C,  et  à  des  températures  de  fonctionnement maximales  et 
m in imales.  

4.6. 1  Caractéristiques  statiques  

I l  convien t de  spéci fier l es  paramètres  en  fonction  du  type,  se lon  ce  qu i  est  i nd iqué  ci -
dessous.  

Paramètres  M in imum Typea  Maximum Types  

     A B  C  D  

4. 6. 1 . 1   Cou ran t d ’ a l imentation  +  +  +  +  +  +  +  

4 . 6. 1 . 2   Résistance  therm ique    +    +  +  

a  Optionnel  

 
Les  spéci fications  déta i l l ées  peuvent i nd iquer ces  valeurs  dans  l e  tableau .  

Caractéristiques  Symboles  Condi tions  M in imum Typea  Maximum Un i té  

       

a  Optionnel  
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4.6.2  Caractéristiques  dynamiques  ou  en  courant al ternati f 

I l  convien t de  men tionner chaque caractéristi que  dynam ique  ou  é lectri que  à  couran t a l ternati f 
dans  les  cond i ti ons  é lectriques  spéci fiées  l es  p lus  défavorables,  par rapport à  l a  p l age  
recommandée  de  tensions  d ’a l imentation ,  se lon  ce  qu i  est  mentionné  en  4 . 5. 1 .  

I l  convien t de  spéci fier l es  paramètres  en  fonction  du  type,  se lon  ce  qu i  est  i nd iqué  ci -
dessous.  

Paramètres  M in imum Maximum Types  

    A B  C  D  

4. 6. 2 . 1  Gain  l i néai re  +   +  +   +  

4 . 6 . 2 . 2  Un i form i té  du  ga in  l i néa i re   +  +  +   +  

4 . 6 . 2 . 3  Gain  en  pu i ssance  +    +   +  

4 . 6 . 2 . 4  Un i form i té  du  ga in  en  pu i ssance   +   +   +  

4 . 6 . 2 . 5  Réduction  d u  gain  +    +    

4 . 6 . 2 . 6  Pu i ssance  de  sorti e  +    +   +  

4 . 6 . 2 . 7  Pu i ssance  de  sorti e  pou r 1  dB  de  compression  du  
gain  

+    +   +  

4 . 6 . 2 . 8  Pu i ssance  de  sorti e  l im i te  +  +    +   

4 . 6 . 2 . 9  Un i form i té  de  l a  pu i ssance  de  sorti e  l im i te   +    +   

4 . 6 . 2 . 1 0  D i stors ion  d ’ i n termodu lati on   +    +  +  

4 . 6 . 2 . 1 1  Pu i ssance  au  poi n t  i n tercepti on  +     +  +  

4 . 6 . 2 . 1 2  Facteur de  bru i t   +  +     

4 . 6 . 2 . 1 3  Ampl i tude  du  coeffi cien t  d e  réfl exi on  d ’ en trée  
(affai b l i ssement  de  réfl exion  d ’ en trée)  

+   +  +  +  +  

4 . 6 . 2 . 1 4  Ampl i tude  du  coeffi cien t  d e  réfl exi on  de  sorti e  
(affa i b l i ssement  de  réfl exion  de  sorti e)  

+   +  +   +b  

4 . 6. 2 . 1 5  Ampl i tude  du  coeffi cien t  d e  transm iss ion  i nverse  
( i solati on )  

+   +  +  +  +  

4 . 6. 2 . 1 6  Coeffi cien t  de  conversi on  modu lation  
d ’ampl i tude/modu lati on  de  phase  (s ’ i l  y  a  l i eu )  

 +    +  +  

4 . 6. 2 . 1 7  Temps  de  retard  de  g roupe  (s ’ i l  y  a  l i eu )   +   +  +  +  

4 . 6. 2 . 1 8  Constan te  de  temps  pour l a  commande  de  gain  
au tomatique  

      

4 . 6. 2 . 1 9  Rendement  en  pu i ssance  ajou tée  (s ’ i l  y  a  l i eu )  +      +  

4 . 6. 2 . 20  Taux de  d i stors ion  de  l ’ harmon ique  de  rang  n  (s ’ i l  
y a  l i eu )  (note  2 )  

 +     +  

4 . 6. 2 . 21  Pu i ssance  de  bru i t  en  sorti e  (s ’ i l  y  a  l i eu )   +  
+  

   +  
+  

4 . 6. 2 . 22  I n tens i té  parasi te  selon  l e  ROS  de  charge  
spéci fi ée  (s ’ i l  y  a  l i eu )  (note  2)  

 +     +  

4 . 6. 2 . 23  Rapport  de  pu i ssance  pou r l e  canal  ad j acent  (s ’ i l  
y  a  l i eu )  

 +     +  

4 . 6. 2 . 24  Tolérance  de  charge  non  adaptée  (s ’ i l  y  a  l i eu )   +     +  

4 . 6. 2 . 25  Tolérance  de  source  non  adaptée  (s ’ i l  y  a  l i eu )   +     +  

4 . 6. 2 . 26  Robustesse  de  charge  non  adaptée  (s ’ i l  y  a  l i eu )   +     +  

NOTE  1  I l  est  nécessai re,  pour l es  types  B  et  D,  de  sé lectionner soi t  l e  j eu  de  paramètres  de  4 . 6 . 2 . 1 ,  4 . 6 . 2 . 2  et  
4 . 6 . 2 . 7  soi t  cel u i  de  4 . 6. 2 . 3 ,  4 . 6 . 2 . 4  et  4 . 6. 2 . 6.  
NOTE  2  Généralement exprimée  en  dBc.  

a  A l ’ étude.  
b  Optionnel .  Pou r l e  type  D,  i l  est  parfoi s  nécessai re  de  spéci fi er l es  d i sposi ti fs  comme fonctionnant dans  des  

cond i ti ons  de  fonctionnement  en  g rands  s i gnaux au  l i eu  d ’ u n  foncti onnement  en  fai bles  s i gnaux.  B ien  q ue  l a  
défi n i ti on  soi t  l a  même pour l es  deux opérati ons  de  fonctionnement,  i l  convi en t  d ’ u ti l i ser une  méthode  de  
mesure  d i fféren te  pour l e  paramètre  dans  des  cond i ti ons  de  fonctionnement  en  g rands  s i gnaux par rapport  au  
fonctionnement en  fa ibles  s i gnaux.  
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Les  spéci fications  détai l l ées  peuven t i nd iquer ces  valeurs  dans  l e  tab leau .  

Caractéristiques  Symboles  Condi tions  M in imum Typea  Maximum Un i té  

       

a  Optionnel  

 

4. 7  Valeurs  assignées  mécaniques  et envi ronnementales,  caractéristiques  et données  

I l  convien t de  mentionner toutes  valeurs  ass ignées  mécan iques  et envi ronnementales  (voi r 
également  le  chapi tre  VI ,  article  7  l es  Paragraphes  5 . 1 0  et 5. 1 1  de  l ’ I EC 60747-1 : 2006) .  

4.8  Informations  supplémentai res  

S’ i l  y a  l i eu ,  i l  convien t d ’ i nd iquer les  in formations  su ivantes.  

4.8. 1  Ci rcu i t  équ ivalent  d ’entrée  et  de  sortie   

I l  convient d ’ i nd iquer des  in formations  détai l l ées  concernant l e  type  de  ci rcu i ts  d ’en trée  et de  
sortie;  par exemple,  impédances  d ’entrée/de  sortie,  b l ocage  du  couran t con tinu ,  d rain  ouvert;  
etc.  

4.8.2  Protection  i n terne  

I l  convient de  spéci fier une  mention  i nd iquant s i  l e  ci rcu i t  i n tégré  contien t une  protection  
i n terne  contre  les  tensions  ou  l es  champs  é lectri ques  stati ques  importants .  

4.8.3  Condensateurs  aux bornes  

Si  des  condensateurs  sont nécessai res  pour l e  b locage du  couran t con ti nu  d ’entrée/de  sortie ,  
i l  convient de  mentionner ces  dern iers .  

4.8.4  Résistance  thermique   

4. 8.5  In terconnexions  à  d ’ autres  types  de  ci rcu i t  

S’ i l  y a  l i eu ,  i l  convient de  fourn ir des  détai l s  concernant les  i n terconnexions  à  d ’au tres  
ci rcu i ts,  par exemple,  un  ci rcu i t de  détection  pour commande  automatique  de  ga in  (CAG),  des  
ampl i ficateurs  de  détection ,  u n  ampl i ficateur tampon .  

4.8.6  Effets  de  composant(s)  connecté(s)  en  externe  

Des  courbes  ou  données  i nd iquan t l ’effet du  (des)  composant(s)  connecté(s)  en  externe  qu i  
i n fl uencent l es  caractéristi ques  peuvent être  fourn ies.  

4.8.7  Recommandations  pour tout  (tous)  d ispositi f(s)  associé(s)  

Par exemple,  i l  convient de  men tionner l e  découplage  de  l a  source  d ’a l imentation  par rapport 
à  un  d ispos i ti f hau te  fréquence.  

4.8.8  Précautions  de  man ipu lation  

S’ i l  y a  l i eu ,  i l  convien t de  mentionner l es  précau tions  de  man ipu lation  spéci fi ques  au  ci rcu i t  
(voir également  l e  Chapi tre  IX de  l ’ I EC 60747-1  l ’ I EC  61 340-5-1  et l ’ I EC 61 340-5-2).  
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4.8.9  Données  d ’appl ication  

4.8. 1 0  Autres  in formations  d ’appl ication  

4.8. 1 1  Date  de  publ ication  de  l a  fiche  technique  

5 Méthodes  de mesure  

5.1  Général i tés  

5. 1 . 1  Impédances  caractéristiques  

Les  impédances  caractéristiques  d ’en trée  et de  sortie  du  système de  mesure,  représentées  
dans  le  ci rcu i t de  cette  norme,  sont de  50  Ω .  S i  e l l es  ne  sont pas  de  50  Ω ,  i l  convient de  
spéci fier leur va leu r.  

5.1 .2  Précautions  générales  

Les  précautions  générales  rapportées  dans  l ’ article  2  6 . 3 ,  6 . 4  et 6 . 6  de  l ’ I EC 60747-1 : 2006,  
chapi tre  VI I ,  Section  un  sont appl icables.  De  pl us,  i l  convient de  vei l l er à  u ti l i ser les  
a l imentations  conti nues  stabi l isées,  et à  découpler en  conséquence  toutes  l es  tens ions  
d ’a l imentation  de  polarisation  à  la  fréquence de  mesure.  I l  convien t également de  prendre  des  
précautions  spécia les  concernant l ’ impédance de  charge  du  ci rcu i t d ’essai ,  pour mesurer l a  
pu issance  de  sortie .  

Les  n i veaux de  pu issance sont i nd iqués  en  u ti l i san t l ’ un i té  "dBm".  L ’ un i té  "dBm"  exprime un  
décibel  par rapport  à  1  mW.  

5.1 .3  Précautions  de  manipu lation  

Lors  de  l a  man ipu lation  de  d isposi ti fs  sens ib les  à  l ’é l ectrostatique,  l es  précau tions  de  
man ipu lation  ind iquées  dans  l ’Article  1  de  l ’ I EC 60747-1 ,  Chapi tre  IX  l ’ I EC 61 340-5-1  et 
l ’ I EC 61 340-5-2,  do iven t être  observées.  

5.1 .4  Types  

Les  d ispos i ti fs  de  cette  norme sont à  l a  fois  des  d isposi ti fs  de  type  boîtier et puce,  mesurés  
au  moyen  de  supports  d ’essai  appropriés.  

5.2  Gain  (en  pu issance)  l inéai re  (Gl i n )  

5. 2. 1  Objecti f 

Mesurer l e  gain  l i néai re  dans  les  cond i tions  spéci fi ées.  
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5.2.2  Schéma de  circu i t  

 

Isolateur 
Atténuateur 
variable 

Coupleur 
d irectif 

Coupleur 
d irectif 

Dispositif 
mesuré 

Générateur 
de signaux 

Wattmètre 1  Al imentation  
de 

polarisation  

Analyseur 
de spectre 

E B C 

A 

D 

Fréquence- 
mètre 

IEC   2246/01  

Wattmètre 2 

 

Figure 1  – Ci rcu i t  pour l es  mesures  du  gain  l inéai re  

5.2.3  Principe  de  mesure  

Dans  le  schéma de  la  fi gure  1 ,  l a  pu issance d ’en trée  P i  et  l a  pu issance de  sortie  Po  d u  
d ispos i ti f mesuré  sont obtenues  au  moyen  des  équations  su ivan tes:  

 Pi  =  P1  +  L1   (1 )  

 Po  =  P2  +  L2  (2)  

dans  l esquel les  P1  et P2  sont l es  valeurs  ind iquées  par l es  wattmètres  1  et  2 ,  respectivement.  

 L1  =  LA – LB  

dans  l esquel l es  LA est l a  perte  du  poin t E  au  poin t A e t LB  est l a  perte  du  poin t E  au  poin t B ,  
représentés  respectivement sur l a  fi gure  1 .  

L2  est l a  perte  de  ci rcu i t  du  poin t C  au  poin t D  i nd iquée  su r l a  fi gure  1 .  Pi ,  Po ,  P1  et P2  sont 
exprimés  en  dBm.  L1  et L2  sont exprimés  en  décibels.  

Le  gain  en  pu issance Gp  exprimé en  dB  est obtenu  au  moyen  des  équations  (1 )  et  (2)  comme 
su i t:  

 Gp  =  Po  – P i   (3)  

Le  gain  l i néai re  G l i n  est l e  ga in  en  pu issance mesuré  dans  l a  rég ion  dans  l aquel le  l a  variation  
de  la  pu issance  de  sortie  exprimée en  dBm  est iden tique  à  cel le  de  la  pu issance  d ’en trée.  

5.2.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

L’ isolateur a  pour objet de  permettre  de  main ten i r constant le  n i veau  de  pu issance sur le  
d ispos i ti f mesuré  quel l e  que  soi t l a  désadaptation  d ’ impédance à  l ’ en trée.  

I l  convien t de  mesurer au  préalable  les  pertes  de  ci rcu i t L1  et  L2 .  
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5.2.5  Précautions  à  prendre  

I l  convien t d ’é l im iner l es  osci l l ations  re levées  par l ’anal yseur de  spectre  pendant ces  
mesures.  Les  sorties  doiven t pouvoi r supporter l a  pu issance d ’a l imentation .  

I l  convient de  rédu i re  ces  réponses  paras i tes  et harmon iques  de  man ière  à  ce  qu ’el l es  
deviennent nég l i geables.  

5.2.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler l a  fréquence  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

Une  pu issance d ’en trée  suffisante  est appl i quée  sur l e  d ispos i ti f mesuré.  

En  faisant varier l a  pu issance  d ’en trée,  confi rmer que  la  variation  de  l a  pu i ssance de  sortie  en  
dBm  est  i den tique  à  ce l l e  de  l a  pu issance d ’entrée.  

Le  gain  mesuré  dans  l a  rég ion  où  l a  variation  de  l a  pu issance de  sortie  est i denti que  à  cel l e  
de  la  pu issance  d ’en trée  est  l e  ga in  l i néaire  G l i n .  

5.2.7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

5.3  Un i formité  du  gain  (en  pu issance)  l inéai re  (∆Gl i n )  

5.3. 1  Objecti f 

Mesurer l ’ un i form i té  du  ga in  l i néai re  dans  l es  cond i ti ons  spéci fi ées.  

5.3.2  Schéma de  circu i t  

Voi r l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  1 .  

5.3.3  Principe de  mesure  

Voi r l e  principe  de  mesure  en  5. 2. 3 .  

Le  gain  en  pu issance  l inéai re  es t obtenu  au  moyen  de  l ’équation  su ivante:  

 ∆Gl i n  =  G l i nmax – Gl i nm in   (4)  

dans  l aquel le  G l i nmax et Gl i nm in  sont l e  gain  l i néai re  maximal  et  le  ga in  l i néaire  m in imal  dans  l a  
bande  de  fréquences  spéci fi ée  à  l a  pu issance  d ’en trée  spéci fiée,  respectivement.  

5.3.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voi r l a  description  et  les  exigences  du  ci rcu i t en  5 . 2 . 4 .  

5.3.5  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre  en  5. 2. 5 .  
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5.3.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler l a  fréquence  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

Un  n i veau  de  pu issance d ’entrée  suffisan t est  appl iqué  sur l e  d isposi ti f mesuré.  

En  faisant varier le  n iveau  de  la  pu issance d ’en trée,  confi rmer que  l a  variation  de  l a  
pu issance  de  sortie  en  dBm  est i denti que  à  ce l l e  de  la  pu issance  d ’entrée.  

Chois i r l e  n i veau  de  pu issance  d ’en trée  approprié  pour mesurer l e  ga in  l inéai re.  

Mod i fier l a  fréquence dans  la  bande  de  fréquences  spéci fi ée  avec l e  même n iveau  de 
pu issance  d ’entrée.  

Obten i r l e  ga in  l i néaire  maximal  G l i nmax et le  gain  l i néaire  m in imal  Gl i nm in  dans  l a  bande  de  
fréquences  spéci fiée.  

L ’un i form i té  du  gain  l i néai re  ∆Gl i n  est obtenue  au  moyen  de  l ’ équation  (4).   

5.3.7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Bande de  fréquences  

5.4 Gain  en  pu issance  (Gp)  

5.4. 1  Objecti f 

Mesurer l e  gain  en  pu issance  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

5.4.2  Schéma de  circu i t  

Voir l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  1 .  

5.4.3  Principe  de  mesure  

Voir l e  principe  de  mesure  en  5. 2. 3 .  

5.4.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voi r l a  description  et  les  exigences  du  ci rcu i t en  5 . 2 . 4 .  

5.4.5  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre  en  5. 2. 5 .  

5.4.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler la  fréquence  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fiée.  

La  polarisation  est appl iquée  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

La  pu issance  d ’entrée  spéci fiée  Pi  est appl i quée  sur l e  d ispos i ti f mesuré.  

La  pu issance  de  sortie  Po est  mesurée.  



 – 84  – I EC 60747-1 6-1 : 2001 +AMD1 : 2007  
  +AMD2: 201 7  CSV © I EC 201 7  

5.4.7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

– Pu issance d ’entrée  

5.5  Un iformité  du  gain  (en  pu issance)  (∆Gp)  

5.5. 1  Objecti f 

Mesurer l ’ un i form i té  du  gain  en  pu issance dans  les  cond i tions  spéci fiées.  

5.5.2  Schéma de  circu i t  

Voir l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  F igure  1 .  

5.5.3  Principe de  mesure  

Voi r l e  principe  de  mesure  en  5. 2. 3 .  

L ’un i form i té  du  gain  en  pu issance est  obtenue  au  moyen  de  l ’ équation  su ivan te :  

 ∆Gp  =  Gpmax – Gpm in   (5)  

dans  laquel l e  Gpmax et Gpm in  sont l e  gain  en  pu issance  maximal  et  l e  ga in  en  pu issance  
m in imal  dans  l a  bande  de  fréquences  spéci fi ée  à  la  pu issance d ’entrée  spéci fi ée,  
respectivement.  

5.5.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voir l a  description  et  les  exigences  du  ci rcu i t en  5 . 2 . 4 .  

5.5.5  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre  en  5. 2. 5 .  

5.5.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler la  fréquence  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

La  polarisation  est appl iquée  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

La  pu issance  d ’en trée  Pi  est  appl iquée  sur le  d ispos i ti f mesuré.  

La  pu issance  de  sortie  Po est  mesurée.  

Le  gain  en  pu issance  est ca lcu lé  au  moyen  de  l ’ équation  (3) .  

La  fréquence dans  la  bande  de  fréquences  spéci fiée  présen te  une  variation  continue  avec l e  
même n iveau  de  pu issance d ’en trée.  

Obten i r l e  ga in  en  pu issance maximal  Gpmax et l e  ga in  en  pu issance  m in imal  Gpm in  dans  l a  
bande  de  fréquences  spéci fi ée.  

L ’un i form i té  du  gain  en  pu issance  est obtenue  au  moyen  de  l ’ équation  (5).  
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5.5.7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Bande de  fréquences  

– Pu issance d ’entrée  

5.6  Réduction  du  gain  (maximum d ispon ible)  (∆Gred )  

5. 6. 1  Objecti f 

Mesurer la  réduction  du  ga in  d ’un  ampl i ficateur à  commande  au tomatique  de  gain  (CAG)  dans  
l es  cond i tions  spéci fiées.  

5.6.2  Schéma de  ci rcu i t  

Voi r l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  1 ,  dans  l equel  l ’ a l imentation  de  polarisation  
con tien t une  polarisation  de  la  CAG.  

5.6.3  Principe de  mesure  

Voi r l e  principe  de  mesure  en  5. 2 . 3 .  

5.6.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voi r l a  description  et  l es  exigences  du  ci rcu i t en  5 . 2 . 4 .  

5.6.5  Précautions  à  prendre  

Voir l es  précautions  à  prendre  en  5. 2. 5.  

5.6.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler l a  fréquence  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fiée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

La  polarisation  CAG  est rég lée  aux va leurs  spéci fiées,  pour donner l e  gain  l i néai re  maximal  
Gl i nmax.  

Une  pu issance d ’en trée  suffisante  est appl i quée  sur l e  d isposi ti f mesuré.  

En  faisant varier l a  pu issance d ’en trée,  confi rmer que  la  variation  de  l a  pu i ssance de  sortie  en  
dBm  est  i den tique  à  ce l l e  de  l a  pu issance d ’entrée.  

Le  ga in  mesuré  dans  l a  rég ion  où  l a  variation  de  l a  pu issance de  sortie  est i denti que  à  cel l e  
de  la  pu issance  d ’entrée  est  l e  ga in  l i néaire  maximal  Gl i nmax.  

La  polarisation  CAG  est  rég lée  à  l a  va leur spéci fiée,  pour donner l e  ga in  l i néaire  m in imal  
Gl i nm in .  

Le  gain  l i néai re  m in imal  Gl i nm in  est mesuré  en  dB  de  la  même man ière  que  ce  qu i  est ind iqué  
ci -dessus.  

 ∆Gred  =  Gl i nmax – Gl i nm in  (6)  

5.6.7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  
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– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

– La  polarisation  CAG  donnant l e  gain  l i néaire  maximal  et l e  ga in  l i néai re  m in imal  

5.7  Pu issance  de  sortie  l im ite  (Po(l tg ))  et  un i formi té  de  l a  pu issance  de  sortie  l im ite  
 (∆Po(l tg ))  

Un i form i té  de  l a  pu issance de  sortie  l im i te  (∆Po(l tg ))  

5.7. 1  Objecti f 

Mesurer la  pu issance de  sortie  l im i te  et l ’ un i form i té  de  l a  pu issance de  sortie  l im i te  dans  l es  
cond i ti ons  spéci fiées.  

5.7.2  Schéma de  circu i t  

Voir l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  1 .  

5.7.3  Principe de  mesure  

Voir l e  principe  de  mesure  en  5. 2. 3 .  

5.7.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voir l a  description  et  les  exigences  du  ci rcu i t en  5 .2 . 4 .  

5.7.5  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre  en  5. 2. 5 .  

5.7.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler l a  fréquence  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fiée.  

La  polarisation  est appl iquée  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

La  pu issance  d ’en trée  Pi  est  appl iquée  sur le  d ispos i ti f mesuré.  

La  pu issance  de  sortie  Po est  mesurée.  

En  faisant varier l a  pu issance d ’en trée  en tre  l es  l im i tes  i n férieure  et supérieure  de  l a  p lage  
l im i te,  trouver l es  pu issances  de  sortie  m in imale  et  maximale  (Po(l tg ,m in)  e t  Po(l tg ,max)) .  

La  pu issance de  sortie  l im i te  (Po(l tg ))  et l ’ un i form i té  de  l a  pu issance de  sortie  l im i te  (∆Po(l tg ))  
son t obtenues  au  moyen  des  équations  su ivantes:  

 Po(l tg )  =  Po(l tg ,max)   (7)  

 ∆Po(l tg )  =  Po(l tg ,max)  – Po(l tg ,m in )   (8)  

5.7.7  Cond i tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

– L im i te  i n férieure  de  la  pl age  l im i te  

– L im i te  supérieure  de  l a  p lage  l im i te  
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5.8  Pu issance  de  sortie  (Po)  

5.8. 1  Objecti f 

Mesurer l a  pu issance  de  sortie  dans  les  cond i ti ons  spéci fi ées.  

5.8.2  Schéma de  circu i t  

Voi r l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  1 .  

5.8.3  Principe de  mesure  

Voi r l e  principe  de  mesure  en  5. 2. 3 .  

5.8.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voi r l a  description  et  les  exigences  du  ci rcu i t en  5 . 2 . 4 .  

5.8.5  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre en  5. 2. 5 .  

5.8.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler la  fréquence  du  générateur de  s ignaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

Les  cond i ti ons  de  polarisation  spéci fi ées  sont  appl i quées.  

La  pu issance  d ’entrée  est appl iquée  avec la  va leur spéci fiée  sur l e  d ispos i ti f mesuré.  

La  pu issance  de  sortie  est mesurée.  

5.8.7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Bande de  fréquences  

– Pu issance d ’entrée  

5.9  Pu issance  de  sortie  pour une  compression  de  gain  de  1  dB  (Po(1 dB))  

5. 9. 1  Objecti f 

Mesurer la  pu issance de  sortie  pour une  compression  de  ga in  de  1  dB  dans  l es  cond i tions  
spéci fiées.  

5.9.2  Schéma de  ci rcu i t  

Voi r l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  1 .  

5.9.3  Principe de  mesure  

Voi r l e  principe  de  mesure  en  5. 2. 3 .  

La  pu issance  de  sortie  pour une  compress ion  de  gain  de  1  dB  Po(1 dB) ,  est l a  va leur pour 
l aquel l e  l e  ga in  d im inue  de  1  dB,  par rapport au  gain  l i néaire.  



 – 88  – I EC 60747-1 6-1 : 2001 +AMD1 : 2007  
  +AMD2:201 7  CSV © I EC 201 7  

5.9.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voir l a  description  et  l es  exigences  du  ci rcu i t en  5 . 2 . 4 .  

5.9.5  Précautions  à  prendre  

Voir l es  précautions  à  prendre  en  5. 2 . 5.  

5.9.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler la  fréquence  du  générateur de  s ignaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

Une  pu issance d ’en trée  su ffisante  est appl iquée  sur l e  d ispos i ti f mesuré.  

En  faisant varier l a  pu issance d ’entrée,  confi rmer que  la  variation  de  l a  pu i ssance  de  sortie  en  
décibels  est  i den tique  à  cel le  de  l a  pu issance d ’en trée.  

Le  gain  mesuré  dans  la  rég ion  où  l a  variation  de  la  pu issance de  sortie  en  décibels  est  
i dentique  à  cel le  de  l a  pu issance  d ’en trée  est l e  ga in  l i néaire  Gl i n .  

La  pu issance d ’en trée  est augmentée  j usqu ’à  ce  que  l e  gain  d im inue  de  1  dB  par rapport au  
gain  l i néai re  Gl i n .  

La  pu issance  de  sortie  est mesurée  au  poin t  de  compress ion  de  gain  de  1  dB.  

5.9.7  Cond i tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

5. 1 0  Facteur de bru i t  (F)  

5. 1 0. 1  Objecti f 

Mesurer l e  facteur de  bru i t  dans  l es  cond i tions  spéci fi ées.  



I EC 60747-1 6-1 :2001 +AMD1 : 2007  – 89  – 
+AMD2: 201 7  CSV © I EC 201 7  

5.1 0.2  Schéma de  circu i t  
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-mètre 
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Figure  2  – Ci rcu i t  de  base  pour l a  mesure du  facteur de  bru i t  

5. 1 0.3  Principe de  mesure  

Le  facteur de  bru i t  F d u  d ispos i ti f mesuré  est ca lcu lé  au  moyen  de  l ’équation  su ivante:  
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dans  l aquel le  

F1 2  est  l e  facteur de  bru i t g l obal ;  

L1  est  l a  perte  de  ci rcu i t du  poin t  A au  poin t B ;  

F2  est  l e  facteur de  bru i t après  l e  poin t C  au  n i veau  de  l a  sortie;  

Gl i n  est  l e  gain  l i néaire  du  d ispos i ti f mesuré;  

F1 2 ,  F2 ,  G l i n  et L1  sont  exprimés  en  dB.  

La  mesure  du  facteur de  bru i t est réa l isée  en  u ti l i san t l a  méthode de  mesures  chaude et  
froide.  

F1 2 ,  F2  et Gl i n  sont  calcu lés  comme su i t:  
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dans  l aquel le  

ENR  est  l e  rapport  de  bru i t  excédentaire  de  la  source  de  bru i t exprimée  en  décibels ;  

PN1  et PN2  exprimés  en  watts,  son t l es  pu issances  de  bru i t mesurées  respectivement dans  
l es  états  chaud  et  fro id  de  l a  source  de  bru i t;  

PN3 et PN4  exprimés  en  watts,  son t l es  pu issances  de  bru i t mesurées  respectivement dans  
l es  états  chaud  et fro id  de  l a  source  de  bru i t,  dans  l e  cas  où  l e  poin t A est 
d i rectement connecté  au  poin t  C  de  la  fi gu re  2 .  
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La  température  de  l a  mesure  est  290  K.  

5. 1 0.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

I l  convien t de  mesurer au  préalable  la  perte  de  ci rcu i t  L 1 .  

5.1 0.5  Précautions  à  prendre  

La tota l i té  du  ci rcu i t  do i t  être  protégée con tre  l es  i n terférences  é lectromagnétiques  et m ise  à  
l a  terre  pour empêcher l ’ i n fluence de  s ignaux paras i tes.  Pour l a  mesure  du  facteur de  bru i t  
dans  la  cond i tion  de  l a  bande  l atéra le  un ique,  l ’ image et l es  au tres  réponses  paras i tes  qu i  
son t produ i tes  par l e  mélangeur requ ièren t une  atten tion  tou te  particu l i ère.  

I l  convient de  rédu i re  ces  réponses  parasi tes  de  man ière  à  ce  qu ’e l les  deviennent 
nég l igeables.  

5.1 0.6  Procédure  de  mesure  

La  fréquence du  générateur de  s ignaux est a j ustée  à  l a  cond i tion  spéci fi ée.  

Pour mesurer la  con tribu tion  en  bru i t  d u  système de  mesure,  connecter l e  poin t  A au  poin t C  
sur l a  figure  2  sans  l e  d ispos i ti f à  mesurer.  

Les  pu issances  de  bru i t  PN3 et PN4 ,  correspondant respectivement aux sources  de  bru i t  
chaude  et  froide  sont  mesurées.  

Le  d ispos i ti f mesuré  est  i nséré  de  l a  man ière  i nd iquée  sur l a  fi gure  2 .  

La  polarisation  est appl iquée  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

Mesurer l es  pu issances  de  bru i t PN1  et PN2 ,  correspondant respectivement aux sources  de  
bru i t chaude et  froide.  

Le  facteur de  bru i t,  en  décibels ,  est  ca lcu lé  au  moyen  de  l ’ équation  (9) .  

NOTE  Rég ler l ’ impédance  d ’ en trée  et  de  sorti e  du  d i spos i ti f mesuré  pou r q u ’e l l es  coïnciden t,  s ’ i l  y  a  l i eu .  

5.1 0.7  Cond i tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

– Bande l atérale  s imple  ou  bande  l atéra le  double  

5.1 1  Distorsion  d ’ in termodu lation  (à  deux tonal i tés)  (Pn /P1 )  

5. 1 1 . 1  Objecti f 

Mesurer l a  d is tors ion  d ’ i n termodu lation  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  
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5.1 1 .2  Schéma de  circu i t  
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Figure 3  – Ci rcu i t  de  base  pour l es  mesures  de  l a  d istorsion  
d ’ in termodu lation  à  deux fréquences  porteuses  

5. 1 1 .3  Principe de  mesure  

Dans  l e  schéma de  l a  figure  3 ,  l a  pu issance d ’en trée  Pi  et  l es  pu issances  de  sortie  P0  P1  et Pn  
du  d isposi ti f mesuré  sont  obtenues  au  moyen  des  équations  su ivantes :  

 Pi  =  Pa  +  L1  (1 3)  

 Po P1  =  Pb  +  L2  (1 4)  

 Pn  =  Pc +  L2  (1 5)  

dans  l esquel les  

P0  P1  e t  Pn   son t respectivement l es  pu issances  du  s ignal  de  l a  composante  
fondamentale  et de  l a  d istors ion  d ’ i n termodu lation ;  

Pa ,  Pb  e t  Pc   son t l es  va leurs  i nd iquées  par l ’ anal yseur de  spectre  correspondant 
respectivement à  Pi ,  P0  P1  et  Pn :  

L1   est l a  d i fférence en tre  l es  pertes  LA  e t  LB  où  LA  est l a  perte  du  poin t E  au  
poin t A et LB  est l a  perte  du  poin t E  au  poin t B  i nd iquées  sur la  fi gure  3,  
respectivement.  L2  est l a  perte  de  ci rcu i t du  poin t  C  au  poin t D  i nd iquée  
sur l a  figure  3 .  Pi ,  P1 ,  Pn ,  Pa ,  Pb  e t  Pc  son t exprimés  en  dBm.  L1  e t  L2  
son t exprimés  en  décibels.  

La  d is tors ion  d ’ i n termodu lation ,  Pn /P1 ,  qu i  est exprimée  en  dBc,  est obtenue  au  moyen  des  
équations  (1 4)  et  (1 5)  comme su i t:  

 Pn /P1  =  Pn  – P0  P1  =  Pc  –  Pb  (1 6)  
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5. 1 1 .4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voi r l a  description  et  l es  exigences  du  ci rcu i t  en  5 . 2 . 4 .  

L ’atténuateur variable  3  peu t être  é l im iné.  

5.1 1 .5  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre  en  5. 2. 5 .  

I l  est recommandé de  raccorder l e  port D ,  l orsque  l ’ i n terrupteur est connecté  à  l a  pos i tion  A,  
et  vice  versa.  

5.1 1 .6  Procédure  de  mesure  

La  polarisation  est appl iquée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

L ’ i n terrupteur est  connecté  à  l a  pos i tion  A.  

Le  générateur de  s i gnaux 1  est acti vé  et l e  s ignal  de  l a  composan te  fondamentale  est 
appl iqué  au  d isposi ti f mesuré,  avec l e  n i veau  spéci fi é  Pi ,  au  moyen  de  l ’ anal yseur de  spectre  
et  de  l ’ atténuateur variable  1 .  

Le  générateur de  s ignaux 2  est acti vé  et un  au tre  s i gnal  est a j ou té  sur l e  d isposi ti f mesuré,  
avec l e  même n iveau  que  le  s i gnal  de  l a  composante  fondamentale,  au  moyen  de  l ’ anal yseur 
de  spectre  et  de  l ’ atténuateur variable  2 .  

L ’ i n terrupteur est  connecté  à  l a  pos i ti on  D.  

Les  pu issances  de  sortie  Pb  et Pc en  dB  du  s i gnal  de  la  composante  fondamentale  et des  
produ i ts  d ’ i n termodu lation  sont mesurées  au  moyen  de  l ’ anal yseur de  spectre.  

La  d is tors ion  d ’ i n termodu lation  pour la  pu issance  d ’en trée  spéci fiée  Pi  est  obtenue  au  moyen  
des  équations  (1 3)  à  (1 6) .  

5. 1 1 .7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Pu issance d ’entrée  

– Fréquences  

5. 1 2  Pu issance  au  point  d ’ in terception  (pour l es  produits  d ’ in termodu lation )  (Pn(IP))  

5. 1 2. 1  Objecti f 

Mesurer la  pu issance au  poin t d ’ i n terception  pour l es  produ i ts  d ’ in termodu lation  dans  l es  
cond i tions  spéci fiées.  

5. 1 2.2  Schéma de  ci rcu i t  

Voi r l e  schéma de  ci rcu i t  en  5. 1 1 . 2.  

5. 1 2.3  Principe de  mesure  

Voi r l e  principe  de  mesure  en  5. 1 1 . 3.  
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5.1 2.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voi r l a  description  et  les  exigences  du  ci rcu i t en  5 . 1 1 . 4 .  

5.1 2.5  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre  en  5. 1 1 . 5.  

5.1 2.6  Procédure  de  mesure  

La  polarisation  est appl iquée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

L ’ i n terrupteur est  connecté  à  l a  pos i tion  A.  

Le  générateur de  s i gnaux 1  est acti vé  et l e  s i gnal  de  l a  composante  fondamentale  est 
appl iqué  au  d isposi ti f mesuré,  avec l e  n i veau  spéci fi é,  au  moyen  de  l ’ analyseur de  spectre  et  
de  l ’atténuateur variable  1 .  

Le  générateur de  s i gnaux 2  est acti vé  et un  au tre  s i gnal  est appl iqué  au  d ispos i ti f mesuré,  
avec l e  même n iveau  que  le  s i gnal  de  l a  composante  fondamentale,  au  moyen  de  l ’ anal yseur 
de  spectre  et  de  l ’ atténuateur variable  2 .  

L ’ i n terrupteur est  connecté  à  l a  pos i tion  D.  

Les  pu issances  de  sortie  du  s ignal  de  l a  composante  fondamentale  et l es  produ i ts  
d ’ i n termodu lation  spéci fiés  sont mesurés  au  moyen  de  l ’ anal yseur de  spectre.   

Pour changer l e  n i veau  de  pu issance  des  s i gnaux d ’entrée  au  moyen  de  l ’atténuateur variable  
3,  la  procédure  ci -dessus  est renouvelée  dans  la  gamme spéci fiée.  

Les  données  obtenues  son t tracées.  

Les  l i gnes  droi tes  du  s i gnal  de  la  composante  fondamentale  et  des  produ i ts  d ’ i n termodu lation  
dans  l a  rég ion  l i néaire  sont étendues.  

La  pu issance de  sortie  au  poin t d ’ in terception  des  deux l i gnes  étendues  est la  pu issance au  
poin t d ’ i n terception  pour les  produ i ts  d ’ i n termodu lation ,  c’est-à-d i re  de  deuxième ordre,  de  
trois ième ordre,  etc. ,  dans  l es  cond i tions  spéci fi ées  requ ises  en  5 . 1 2 .7 .  

5.1 2.7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Pu issance  d ’en trée  

– Fréquences  

– P lage  de  pu issance  d ’en trée  

5. 1 3  Ampl i tude  du  coefficient de  réflexion  d ’en trée (affaibl issement de  réflexion  
d ’entrée)  ( s1 1   |S1 1 | )  

5. 1 3. 1  Objecti f 

Mesurer l ’ ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  d ’entrée  (affaib l issement de  réflexion  d ’en trée)  
dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  
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5. 1 3.2  Schéma de  ci rcu i t  
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Figure 4 – Ci rcu i t  pour l es  mesures  d ’ampl i tude  du  coefficient de  réflexion  d ’entrée/ 
de  sortie  (affaibl issement de  réflexion  d ’entrée/de  sortie)   

NOTE  Un  analyseur de  réseau  peu t  être  u ti l i sé  pou r mesurer l ’ ampl i tude  du  coeffi cien t  d e  réfl exi on  
(affai bl i ssement de  réfl exion  d ’ en trée/de  sorti e).  

5.1 3.3  Principe de  mesure  

Pour cette  mesure,  l ’ ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  est exprimée en  affaib l issement de  
réflexion ,  q u i  est communément u ti l i sé.  Ains i ,  l e  s i gne  de  l ’ affaib l issement de  réflexion  est 
opposé  à  ce lu i  de  l ’ ampl i tude  du  coefficient  de  réflexion  en  décibels.  

L ’affa ib l issement de  réflexion  d ’entrée  est  obtenu  au  moyen  de  l ’équation  su ivante:  

  1 1s  |S1 1 |  (dB)  =  P1  (dBm)  – P2  (dBm)  (1 7)  

dans  l aquel le  

P1  est l a  pu issance mesurée  l orsque  l a  l i gne  au  poin t A est soi t court-ci rcu i tée  soi t réa l isée  
en  ci rcu i t  ouvert;  

P2  est  l a  pu issance  mesurée  l orsque  l e  d ispos i ti f mesuré  est  i nséré.  

5.1 3.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

L’ isolateur a  pour objet de  permettre  de  main ten ir constant l e  n i veau  de  pu issance  sur l e  
d isposi ti f mesuré  quel l e  que  soi t  l a  désadaptation  d ’ impédance à  l ’ en trée.  

Le  port  d ’en trée  du  d isposi ti f mesuré  est connecté  au  coupleur d i recti f,  et d ’autres  ports  RF  
son t connectés  à  l a  term inaison .  

La  d i rectivi té  du  coupleu r d i recti f doi t  être  suffisante  pour évi ter une  erreur excessive  dans  la  
va leur d ’affaib l issement de  réflexion  du  d ispos i ti f mesuré.   

5.1 3.5  Précautions  à  prendre  

Voir ce  qu i  est  spéci fié  en  5. 1 . 2 .  

5.1 3.6  Procédure  de  mesure  

La  fréquence  du  générateur de  s ignaux est rég lée  à  la  va leur spéci fiée.  

Les  poin ts  A et  B  sont  déconnectés.  
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La  l i gne  au  poin t  A est  so i t  court-ci rcu i tée  soi t réal i sée  en  ci rcu i t  ouvert.  

Le  résu l tat d u  wattmètre  est  enreg istré  en  tant que  P1 .  

Le  d isposi ti f  mesuré  est i nséré  en tre  l es  poin ts  A et  B.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

Le  résu l tat d u  wattmètre  est  à  nouveau  enreg istré  en  tan t que  P2 .  

L ’affa ib l issement de  réflexion  d ’entrée  est  ca lcu lé  par l ’équation  (1 7) .  

5.1 3.7  Cond i tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

– Pu issance d ’entrée  

5.1 4 Ampl i tude  du  coefficient de  réflexion  de  sortie  (affaibl i ssement de  réflexion  de  
sortie)  ( s22  |S22 | )  

La  défin i ti on  du  paramètre  d ’ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  de  sortie   s22  |S22 |  est  l a  
seu le  pour tou tes  l es  cond i tions  de  fonctionnement des  d ispos i ti fs ;  cependant,  i l  est 
nécessai re  d ’appl i quer les  d i fférentes  méthodes  de  mesure  se lon  les  cond i tions  de  
fonctionnement.  A noter que  l a  va leur de   s22  |S22 |  d épend  du  n i veau  de  pu issance  de  sortie  
en  fonctionnement.  

La  méthode  décri te  en  5 . 1 4. 1  est destinée  à  l a  mesure  dans  la  cond i tion  de  fonctionnement 
en  fa ib les  s i gnaux,  tand is  qu ’en  5. 1 4 . 2  est l a  méthode de  mesure  pour l a  cond i tion  de  
fonctionnement en  g rands  s i gnaux.  

5.1 4. 1  Ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  de  sortie  (affaibl i ssement de  réflexion  de  
sortie)  dans  une condi tion  de  fonctionnement  en  faibles  s ignaux 

5. 1 4. 1 . 1  Objecti f 

Mesurer l ’ ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  de  sortie  (affa ib l issement de  réflexion  de  
sortie)  dans  les  cond i ti ons  en  faib les  s ignaux spéci fiées.  

5.1 4. 1 .2  Schéma de  ci rcu i t  

Voi r l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  4 .  

5.1 4. 1 .3  Principe de  mesure  

Voi r l e  principe  de  mesure  en  5. 1 3. 3.  

L ’affa ib l issement de  réflexion  de  sortie  est obtenu  au  moyen  de  l ’équation  su ivante:  

    s22  |S22 |  (dB )  =  P1 (dBm )  – P2  (dBm )   (1 8)  

dans  l aquel le  

P1   est la  pu issance mesurée  l orsque  l a  l i gne  au  poin t A est soi t  court-ci rcu i tée  soi t réal isée  
en  ci rcu i t ouvert;  
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P2   est  l a  pu issance mesurée  l orsque  l e  d isposi ti f mesuré  est  i nséré.  

5. 1 4. 1 .4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

L’ isolateu r a  pour objet de  permettre  de  main ten i r constant le  n i veau  de  pu issance sur le  
d ispos i ti f mesuré  quel l e  que  soi t l a  désadaptation  d ’ impédance à  l ’ en trée.  

Le  port  de  sortie  du  d ispos i ti f mesuré  est connecté  au  coupleur d i recti f,  et  d ’au tres  ports  RF  
son t connectés  à  la  term inaison .  

La  d i recti vi té  du  coupleur d i recti f do i t  être  su ffisante  pour évi ter une  erreur excess ive  dans  la  
valeur d ’affaib l issement de  réflexion  du  d ispos i ti f mesuré.   

5. 1 4. 1 .5  Précautions  à  prendre  

Voi r ce  qu i  est  spéci fi é  en  5. 1 . 2 .  

5. 1 4. 1 .6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler l a  fréquence  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

Les  poin ts  A et  B  sont déconnectés.  

La  l igne  au  poin t  A est  soi t  court-ci rcu i tée  soi t  réal i sée  en  ci rcu i t ouvert.  

Le  résu l tat du  wattmètre  est  enreg istré  en  tan t que  P1 .  

Le  d isposi ti f mesuré  est  i nséré  entre  les  poin ts  A et  B.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

Le  résu l tat d u  wattmètre  est  à  nouveau  enreg istré  en  tan t que  P2 .  

L ’affa ib l issement de  réflexion  de  sortie  est ca lcu lé  par l ’ équation  (1 8).  

5.1 4. 1 .7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

– Pu issance d ’entrée  

5.1 4.2  Ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  de  sortie  (affaibl i ssement de  réflexion  de  
sortie)  dans  une condi tion  de  fonctionnement  en  grands  signaux 

5. 1 4.2. 1  Objecti f 

Mesurer l ’ ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  de  sortie  (affa ib l i ssement de  réflexion  de  sortie  
 s22  |S22 | )  dans  l a  cond i tion  de  fonctionnement en  grands  s i gnaux spéci fi ée.  
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5.1 4.2.2  Schéma de  ci rcu i t  
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Figure 5  – Ci rcu i t  pour l a  mesure du  coefficient  de  réflexion  de  sortie  

5. 1 4.2.3  Principe de  mesure  

Voi r l e  principe  de  mesure  en  5. 1 3. 3.  

L ’affa ib l issement de  réflexion  de  sortie  est obtenu  au  moyen  de  l ’équation  su ivante:  

   s22  |S22 |  (dB )  =  P1 (dBm )  – P2  (dBm )  ( 1 9)  

dans  l aquel le  

P1   est l a  va leur i nd iquée  su r l ’ anal yseur de  spectre  l orsque  l ’ i n terrupteur r. f.  est pos i tionné  
sur Y,  exprimée en  dBm ;  

P2   est l a  va leur i nd iquée  su r l ’ anal yseur de  spectre  l orsque  l ’ i n terrupteur r. f.  est pos i ti onné  
sur A,  exprimée en  dBm .  

5. 1 4.2.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Les  iso lateurs  ont pour objet de  permettre  de  main ten ir constant l e  n i veau  de  pu issance sur l e  
d ispos i ti f mesuré  quel le  que  soi t l a  désadaptation  d ’ impédance à  l ’ en trée.  

Le  générateur de  s ignaux 1  fourn i t  une  pu issance  spéci fiée  au  d isposi ti f mesuré,  et l e  
générateur 2  est une  source  de  s i gnal  destinée  à  mesurer le  coefficien t de  réflexion  de  sortie  
 s22 .  



 – 98  – I EC 60747-1 6-1 : 2001 +AMD1 : 2007  
  +AMD2:201 7  CSV © I EC 201 7  

5.1 4.2.5  Précautions  à  prendre  

I l  convien t d ’é l im iner l es  osci l l ations  re levées  par l ’anal yseur de  spectre  pendant ces  
mesures.   

I l  convien t de  rédu ire  ces  réponses  parasi tes  ou  harmon iques  des  générateurs  de  s i gnaux de  
man ière  à  ce  qu ’e l l es  deviennent nég l igeables.  

Séparer l a  fréquence du  générateur de  s ignaux 1  (f1 )  et du  générateur 2  (f2)  parm i  l es  
réponses  en  fréquence nég l i geables  du  d isposi ti f mesuré.   

5. 1 4.2.6  Procédure  de  mesure  

I l  convient de  rég ler la  fréquence du  générateur de  s ignaux 1  pour l e  s ignal  d ’entrée  à  l a  
va leur spéci fi ée  (f1 ) .  

I l  convien t de  rég ler l a  fréquence du  générateur de  s i gnaux 2  pour l e  s ignal  de  réflexion  de  
sortie  à  l a  va leur spéci fi ée  (f2) .  

L ’ i n terrupteur RF  est pos i ti onné  sur X.  

I l  convien t d ’aj uster l a  pu issance du  générateur de  s i gnaux 2  à  20  dB  de  moins  que  l a  
pu issance  de  sortie  spéci fiée  du  d ispos i ti f mesuré.  

L ’ i n terrupteur RF  est pos i ti onné  sur Y.  

I l  convien t d ’enreg istrer l a  pu issance  ind iquée  sur l ’ anal yseur de  spectre  (P1 ) .   

L ’ i n terrupteur RF  est pos i ti onné  sur A.  

Les  polarisations  sont  appl iquées  dans  l es  cond i ti ons  spéci fi ées.  

I l  convien t d ’appl iquer l a  pu issance  spéci fiée  sur l e  d ispos i ti f mesuré.  

Enreg istrer l a  pu issance  i nd iquée  sur l ’ anal yseur de  spectre  (P2) .  

Le  coefficien t de  réflexion  de  sortie    s22  est  ca lcu lé  au  moyen  de  l ’ équation  (1 9) .  

5.1 4.2.7  Cond i tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquences  

– Pu issance d ’entrée  

– Pu issance de  sortie  

5.1 5  Ampl i tude  du  coefficien t de  transmission  inverse  ( i solation)  ( s1 2  |S1 2 | )  

5. 1 5. 1  Objecti f 

Mesurer l ’ampl i tude  du  coefficien t de  transm ission  i nverse  ( i solation)  dans  l es  cond i ti ons  
spéci fiées.  
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5. 1 5.2  Schéma de  circu i t  
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Figure 6  – Ci rcu i t  pour l a  mesure de  l ’ i solation  

NOTE  Un  anal yseur de  spectre  peut  égal ement être  u ti l i sé  pour mesurer l ’ ampl i tude  de  l ’ i solation .  

5.1 5.3  Principe de  mesure  

Le  port de  sortie  du  d i spos i ti f mesuré  est connecté  à  l ’ i solateur,  et  l e  port d ’en trée  est  
connecté  à  l a  term inaison .  

La  pu issance  d ’entrée  au  poin t A est P1  et l a  pu issance  de  sortie  au  poin t B  est P2 .  

L ’ isolation  est obtenue  au  moyen  de  l ’ équation  (20)  comme su i t:  

 1 2s  |S1 2 |  (dB)  =  P1  (dBm)  – P2  (dBm)  (20)  

5. 1 5.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

L’ isolateur a  pour objet de  permettre  de  main ten i r constant le  n i veau  de  pu issance sur le  
d ispos i ti f mesuré  quel l es  que  soien t l es  désadaptations  d ’ impédance  aux ports  de  sortie .  

Le  port de  sortie  du  d i spos i ti f mesuré  est connecté  à  l ’ i so lateur,  et l e  port d ’en trée  est  
connecté  à  l a  term inaison .  

La  p lage  d ynam ique  du  wattmètre  doi t ê tre  importan te  en  comparaison  du  coefficient de  
transm ission  i nverse  du  d ispos i ti f mesuré.  

5. 1 5.5  Précautions  à  prendre  

Voi r ce  qu i  est  spéci fi é  en  5. 1 . 2 .  

5. 1 5.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler la  fréquence  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

Les  poin ts  A et  B  sont  connectés  sans  i nsérer l e  d ispos i ti f mesuré.  

Le  résu l tat de  pu issance  d ’entrée  ind iqué  par l es  d ispos i ti fs  de  mesure  est  enreg istré  en  tant 
que  P1 .  

Le  d ispos i ti f mesuré  est  ensu i te  i nséré  en tre  l es  poin ts  A et B .  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

La  pu issance  de  sortie  enreg istrée  a lors  par l e  d i spos i ti f de  mesure  est notée  P2 .  
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Le  coefficien t de  transm ission  inverse  est  obtenu  au  moyen  de  l ’équation  (20) .  

5. 1 5.7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

– Pu issance d ’en trée  

5.1 6  Coefficient  de  conversion  modu lation  d ’ampl i tude/modu lation  de  phase  (α (AM -PM ))  

5. 1 6. 1  Objecti f 

Mesurer le  coefficien t de  conversion  modu lation  d ’ampl i tude/modu lation  de  phase  dans  les  
cond i ti ons  spéci fiées.  

5.1 6.2  Schéma de  circu i t  
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Figure 7  – Ci rcu i t  de  base  pour l a  mesure  de  α(AM-PM)  

NOTE  Un  anal yseu r de  réseau  peut  égal ement  être  u ti l i sé  pou r mesurer l e  coeffi cien t  de  conversion  modu l ation  
d ’ampl i tude/modu lati on  de  phase.  

5.1 6.3  Principe de  mesure  

Dans  l e  schéma de  ci rcu i t représenté  sur l a  fi gu re  7 ,  l a  pu issance d ’entrée  P i  est obtenue  au  
moyen  de  l ’ équation  su ivan te:  
 Pi  =  P1  +  L1  (21 )  

dans  l aquel le  

P1  est  l a  va leur i nd iquée  par l e  wattmètre ;  

L1  est  l a  perte  de  ci rcu i t  du  poin t  A au  poin t B  représentés  sur l a  figure  7.  

La  phase  du  s ignal  de  sortie  φ0  dans  l e  schéma de  ci rcu i t est obtenue  au  moyen  de  l ’équation  
su ivante:  
 φ0  =  φ1  –  φ2  (22)  

dans  l aquel le  

φ1 ,  φ2  son t respectivement l es  d i fférences  de  phase  du  poin t B  au  poin t C  et du  poin t D  au  
poin t  E  représentés  sur l a  figure  7,  à  la  pu issance  d ’en trée  spéci fi ée  P i .  
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Pi ,  P1  sont exprimés  en  dBm.  L1  est exprimé en  décibels.  φ0 ,  φ1 ,  et φ2  son t exprimés  en  
degrés.  

Le  coefficien t de  conversion  modu lation  d ’ampl i tude/modu lation  de  phase  est obtenu  au  
moyen  des  équations  (21 )  et  (22)  comme su i t:  

 α(AM–PM)  =  ∆φ0/∆P1  (23)  

dans  l esquel les  

∆P1  est la  variati on  de  pu issance  d ’entrée  selon  l a  modu lation  de  l ’atténuateur variable ;  

∆φ0  est la  déviation  de  phase  du  s i gnal  correspondan t à  l a  variation  de  pu issance  d ’en trée.  

5. 1 6.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voi r l a  description  et  l es  exigences  du  ci rcu i t  en  5 . 2 . 4 .  

I l  est préférable  que  l a  phase  de  s i gnal  à  travers  l es  ci rcu i ts  so i t  mesurée  au  préalable ,  et que  
l e  déphaseur représenté  sur l a  fi gure  7  soi t  rég lé  à  φ0  =  0  pour faci l i ter l e  ca lcu l  de  la  
déviation ,  avant  d ’ i nsta l ler l e  d ispos i ti f à  mesurer.  

5. 1 6.5  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre  en  5. 2. 5.  

I l  convient de  rédu i re  l es  réponses  harmon iques  ou  paras i tes  du  générateur de  s i gnaux et d u  
d ispos i ti f mesuré  à  un  n i veau  nég l i geable.   

5. 1 6.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler l a  fréquence  du  générateur de  s ignaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

Une  pu issance  d ’en trée  spéci fiée  est appl iquée  su r l e  d isposi ti f mesuré.  

Mesurer l a  phase  des  s i gnaux φ1  and  φ2,  pu is  calcu ler  φ0  selon  l ’ équation  (22).  

En  augmentan t l a  pu issance  d ’entrée,  mesurer et  ca lcu ler à  nouveau  φ1 ,  φ2 ,  et  φ0 .  

Coefficient de  convers ion :  α(AM-PM)  est déterm iné  par l ’équation  (23)  à  l a  pu issance d ’en trée  
spéci fiée.  

5. 1 6.7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Pu issance d ’entrée  

– Fréquence  

– I ncrément de  la  pu issance d ’en trée  

5. 1 7  Temps  de retard  de  groupe  (td (grp))  

5. 1 7. 1  Objecti f 

Mesurer l e  temps  de  retard  de  groupe dans  l es  cond i tions  spéci fi ées.  
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5. 1 7.2  Schéma de  circu i t  

Voi r l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  7 .  

NOTE  Un  anal yseur de  réseau  peu t également  être  u ti l i sé  pour mesurer l e  temps  de  retard  de  g roupe.  

5.1 7.3  Principe de  mesure  

Dans  l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  figure  7 ,  l a  phase  du  s ignal  de  sortie  φ0  est 
obtenue  au  moyen  de  l ’équation  su ivan te:  

 φ0  =  φ1  – φ2   (24)  

dans  l aquel le  

φ1 ,  φ2sont respectivement les  d i fférences  de  phase  du  poin t B  au  poin t C  et du  poin t D  au  
poin t  E,  à  la  fréquence angu lai re  du  s ignal  d ’entrée  spéci fiée  ω.  

φ0 ,  φ1 ,  et  φ2  sont exprimés  en  rad ians;  

ω  est  exprimé en  rad ians  par seconde.  

Le  temps  de  retard  de  groupe est obtenu  au  moyen  de  l ’équation  (24)  comme su i t:  

 td(grp)  =  –∆φ0/∆ω  (25)  
dans  l aquel le  

∆ω  est  l a  variation  de  l a  fréquence angu la i re  du  s ignal  d ’en trée;  

∆φ0  est la  déviation  de  phase  du  s i gnal  correspondan t à  l a  variation  de  fréquence  d ’en trée.  

5. 1 7.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voi r l a  description  et  l es  exigences  du  ci rcu i t  en  5 . 2 . 4 .  

I l  convien t de  mesurer l a  phase  du  s i gnal  à  travers  l e  ci rcu i t  au  préalable  et de  rég ler l e  
déphaseur représenté  su r l a  fi gure  7  à   φ0  =  0,  avan t d ’ instal ler l e  d ispos i ti f à  mesurer.  

5. 1 7.5  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre  en  5. 1 6. 5.  

5. 1 7.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler la  fréquence  du  générateur de  s ignaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

Une  pu issance d ’en trée  spéci fiée  est appl iquée  su r l e  d ispos i ti f mesuré.  

Mesurer l a  phase  des  s i gnaux φ1  et φ2,  pu is  calcu ler  φ0  selon  l ’équation  (24).  

En  augmentan t l a  fréquence  d ’entrée,  mesurer et  ca lcu ler à  nouveau  φ1 ,  φ2 ,  et  φ0 .  

Temps  de  retard  de  groupe:  td (g rp)  est déterm iné  par l ’ équation  (25)  à  l a  fréquence angu la i re  
d ’entrée  spéci fiée.  

5.1 7.7  Cond i tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Pu issance d ’entrée  
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– Fréquence  

– I ncrément de  la  fréquence d ’en trée  

5.1 8  Rendement en  pu issance  ajoutée  (ηadd )  

5. 1 8. 1  Purpose  

Mesurer l e  rendement en  pu issance ajou tée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

5. 1 8.2  Schéma de  circu i t  
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Figure 8  – Ci rcu i t  pour l a  mesure du  rendement en  pu issance ajoutée  

5. 1 8.3  Principe de  mesure  

Dans  l e  schéma de  ci rcu i t  représen té  sur l a  figure  8,  la  pu issance d ’en trée  P i  et l a  pu issance 
de  sortie  Po en  dBm  sont  obtenues  à  parti r des  équations  su ivan tes:  

 Pi  =  P1  –  L1  (26)  
 Po  =  P2  +  L2  (27)  

dans  l esquel les    

P1  est  l a  va leur i nd iquée  par l e  wattmètre  1 ,  en  dBm ;  

P2  est  l a  va leur i nd iquée  par l e  wattmètre  2 ,  en  dBm ;  

L1  est  la  (perte  du  poin t  A au  poin t B,  en  dB)  – (perte  du  poin t A au  poin t C,  en  dB);  

L2  est  la  perte  du  poin t  D  au  poin t E ,  en  dB.  

Le  rendement en  pu issance ajou tée  ηadd  est obtenu  au  moyen  de  l ’ équation :  
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=  (28)  

dans  l aquel le  

V1  est  l a  tension  conti nue,  en  V,  appl iquée  au  d isposi ti f par l ’ a l imentation  de  polarisation  1 ;  

I1  est  l e  couran t conti nu ,  en  A,  fourn i  au  d ispos i ti f par l ’ a l imentation  de  polarisation  1 ;  

V2  est  l a  tens ion  con tinue  de  commande,  en  V,  appl i quée  au  d ispos i ti f par l ’a l imentation  de  
polarisation  2 ;  
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I2  est l e  courant continu  de  commande,  en  A,  fourn i  au  d ispos i ti f par l ’ a l imentation  de  
polarisation  2 .  

NOTE  1  Le  rendement en  pu i ssance  ajou tée  est  normalement  exprimé  en  pou rcentage;  c’ est-à-d i re  1 00  ×  η add  
d ’ après  l ’ équation  (28).  

NOTE  2  Parfo i s ,  l a  val eu r Pi  est nég l i gée  dans  l ’ équati on  (28)  car e l l e  est  général ement  beaucoup  moins  
importan t q ue  Po .  

5.1 8.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

L’a l imentation  de  polarisation  2  est destinée  à  l a  commande  de  gain  du  d ispos i ti f mesuré.  I l  
convient  de  mesurer  L1  e t  L2  au  préalable.  

5. 1 8.5  Précautions  à  prendre  

I l  convien t de  véri fier le  s i gnal  de  sortie  et l ’ osci l l ation  au  moyen  d ’ un  anal yseur de  spectre.   I l  
convient  d ’é l im iner l es  osci l lations  pendant  ces  mesures.  I l  convien t de  rédu ire  l es  réponses  
paras i tes  ou  harmon iques  du  générateur de  s i gnaux de  man ière  à  ce  qu ’e l les  deviennent 
nég l igeables.  

5. 1 8.6  Procédure  de  mesure  

La  fréquence du  générateur de  s ignaux est  rég lée  à  l a  va leur spéci fiée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

La  pu issance de  sortie  Po  est rég lée  à  l a  va leur spéci fiée  en  aj ustant V2 ,  I2  ou  la  pu issance 
d ’entrée  Pi .  

Les  courants  et tens ions  de  polarisation  continus  son t mesurés.  

Le  rendement en  pu issance ajou tée  ηadd  est ca lcu lé  au  moyen  de  l ’équation  (28).  

5.1 8.7  Cond i tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

– Pu issance de  sortie  

5. 1 9  Taux de  d istorsion  de  l ’ harmonique  de  rang  n  (Pn th /P1 )  

5. 1 9. 1  Objecti f 

Mesurer l e  taux de  d i stors ion  de  l ’ harmon ique  de  rang  n(Pn /P1 )  d ans  les  cond i ti ons  
spéci fiées .  



I EC 60747-1 6-1 : 2001 +AMD1 : 2007  – 1 05  – 
+AMD2:201 7  CSV © I EC 201 7  

5. 1 9.2  Schéma de  circu i t  
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Figure 9  – Ci rcu i t  pour l es  mesures  du  taux de  d istorsion  de  l ’harmonique  de  rang  n  

5. 1 9.3  Principe de  mesure  

Dans  l e  schéma de  ci rcu i t représenté  sur l a  F igure  9 ,  l e  taux de  d istors ion  de  l ’ harmon ique  de  
rang  n   Pn t h /P1  en  dBc est obtenu  au  moyen  de  l ’ équation  (29) :  

 Pn t h /P1  =  Pn t h  −  P1  (dBc)  (29)  

dans  l aquel le  

P1  est l a  pu issance de  la  fréquence fondamentale  mesurée  par l ’ anal yseur de  spectre  en  
dBm ;  

Pn  est l a  pu issance de  l a  composante  harmon ique  de  rang  n  mesurée  par l ’ anal yseur de  
spectre  en  dBm ;  

5.1 9.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

L’al imentation  de  polarisation  2  est  destinée  à  l a  commande de  gain  du  d i spos i ti f mesuré.  

5.1 9.5  Précautions  à  prendre  

I l  convien t de  véri fi er l e  s ignal  de  sortie  et l ’osci l l ation  au  moyen  d ’ un  anal yseur de  spectre.   

I l  convien t d ’él im iner l es  osci l l ations  pendant ces  mesures.  

I l  convien t de  rédu i re  l es  réponses  parasi tes  ou  harmon iques  du  générateur de  s i gnaux de  
man ière  à  ce  qu ’e l l es  deviennent nég l i geables.  

5.1 9.6  Procédure  de  mesure  

La  fréquence  du  générateur de  s ignaux est rég lée  à  la  va leur spéci fiée.  

La  polarisation  V1  ou  I1  est appl iquée  dans  l es  cond i tions  spéci fi ées.  

La  pu issance de  sortie  Po  est rég lée  à  l a  va leur spéci fiée  en  aj ustant V2 ,  I2  ou  la  pu issance 
d ’entrée  Pi .  
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La  pu issance de  la  fréquence fondamenta le  P1  et l a  pu issance  de  l a  composante  harmon ique  
de  rang  n,  Pn  son t mesurées  par l ’ anal yseur de  spectre .  

Le  taux de  d istors ion  de  l ’harmon ique  de  rang  n  (Pn /P1 )  est calcu lé  au  moyen  de  l ’ équation  
(29).   

5. 1 9.7  Cond itions  spécifiées  

−  Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

−  Cond i tions  de  polarisation  

−  Fréquence  (fondamentale)  

−  Pu issance  d ’en trée  

−  Pu issance  de  sortie  

5.20  Pu issance  de  bru i t  en  sortie  (PN  )  

5.20. 1  Objecti f 

Mesurer l a  pu issance de  bru i t  en  sortie  dans  les  cond i ti ons  spéci fiées.  

5.20.2  Schémas  des  ci rcu i ts  
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Figure 1 0  – Schéma du  ci rcu i t  de  mesure  de  l a  pu issance de  bru i t  en  sortie  

5.20.3  Principe de  mesure  

La pu issance de  bru i t  en  sortie  PN  est la  pu issance de  bru i t en  sortie  maximum  fourn ie  par un  
d ispos i ti f mesuré  dans  l a  plage  de  fréquences  spéci fiée  de  l a  mesure  du  bru i t,  à  cond i tion  q ue  
l a  pu issance  d ’entrée  spéci fi ée  de  l a  fréquence  spéci fiée  Pi  so i t  appl iquée  et que  l a  pu issance 
de  sortie  spéci fiée  Po  so i t  dédu i te.  

Dans  l e  schéma de  ci rcu i t représen té  sur l a  fi gu re  1 0,  P i ,  Po ,  et  PN  sont  obtenus  au  moyen  
des  équations  su ivantes:  

 Pi  =  P1  –  L1  (30)  

 Po  =  P2  –  L2  (31 )  

 PN  =  P3  – L3  (32)  
dans  l esquel les   

P1   est  l a  va leur i nd iquée  par l e  wattmètre  1 ,  en  dBm ;  
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P2   est  l a  va leur i nd iquée  par l e  wattmètre  2 ,  en  dBm ;  

P3   est l a  va leur maximum  mesurée  par l ’ anal yseur de  spectre  dans  la  p l age  de  fréquences  
spéci fiée  pour l a  mesure  de  la  pu issance  de  bru i t;  

L1   est ( l a  pu issance  au  poin t A,  en  dBm)  −  ( la  pu i ssance  au  poin t  B,  en  dBm)  pour l a  
fréquence fondamenta le ;  

L2   est ( l a  pu issance au  poin t C,  en  dBm)  −  ( la  pu i ssance au  poin t D ,  en  dBm)  pour l a  
fréquence fondamentale ;  

L3   est ( l a  pu issance  au  poin t C,  en  dBm)  −  ( l a  pu i ssance au  poin t E,  en  dBm)  pour l a  
fréquence de  mesure  de  l a  pu issance  de  bru i t;  

5.20.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

La bande passante  du  fi l tre  passe-bande est l a  bande  de  fréquences  fondamentales  ( l a  bande  
de  fréquences  pour l a  transm iss ion)  et la  bande  atténuée est la  fréquence  de  mesure  de  l a  
pu issance de  bru i t ( l a  bande  de  fréquences  pour l a  réception ).  I l  convient de  l ’ i nsérer pour 
rédu i re  l e  bru i t  du  générateur de  s ignaux.  

Le  chem in  ANT-TX du  duplexeur l a isse  passer le  s i gnal  de  fréquence fondamentale  et b loque  
l e  s ignal  de  fréquence pour l a  mesure  de  l a  pu issance de  bru i t,  et l e  chem in  ANT-RX l aisse  
passer l e  s i gnal  de  fréquence pour l a  mesure  de  l a  pu issance de  bru i t  et b l oque  l a  fréquence  
fondamentale .  Le  bu t du  duplexeur cons iste  à  préven i r l ’ anal yseur de  spectre  de  l a  saturation  
par le  s ignal  de  fréquence fondamentale.  

L ’a l imentation  de  polarisation  2  est  desti née  à  l a  commande de  gain  du  d i sposi ti f mesuré.  

I l  convien t de  mesurer  L1 ,  L2 ,  e t L3  au  préalable .  

5.20.5  Précautions  à  prendre  

I l  convien t d ’é l im iner l es  osci l l ations  pendant  cette  mesure.  I l  convien t de  rédu ire  l es  
réponses  paras i tes  et harmon iques  de  man ière  à  ce  qu ’e l les  deviennent nég l i geables.  

Pour favoriser l a  sens ibi l i té  de  l ’ anal yseur de  spectre,  s i  nécessai re,  l ’ ampl i ficateur est  inséré  
en tre  le  duplexeur et l ’anal yseur de  spectre.  I l  convient,  su i te  à  l ’ i nsertion  de  l ’ ampl i ficateur,  
d ’obten ir un  bru i t  nég l i gemment fa ible .   

5.20.6  Procédure  de  mesure  

La  fréquence du  générateur de  s ignaux est rég lée  à  la  va leur spéci fiée.  

Les  polarisations  sont appl i quées  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

La  pu issance de  sortie  Po  est rég lée  à  l a  valeur spéci fiée  en  aj ustan t V2 ,  I2  ou  la  pu issance 
d ’en trée  Pi .  

La  pu issance  maximum  dans  l a  bande  de  fréquences  de  la  mesure  du  bru i t spéci fiée  est  
mesurée  par l ’anal yseur de  spectre.  

La  pu issance  de  bru i t  PN  est  ca lcu lée  au  moyen  de  l ’ équation  (32) .  

5.20.7  Cond itions  spécifiées  

−  Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

−  Cond i tions  de  polarisation  

−  Fréquence  fondamentale  

−  Bande  de  fréquences  de  l a  mesure  du  bru i t  

−  Pu issance d ’entrée  
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−  Pu issance de  sortie  

5.21  In tensi té  parasi te  selon  l e  ROS de  charge spécifiée  (Psp/Po)  

5. 21 . 1  Objecti f 

Mesurer l ’ i n tens i té  parasi te  selon  l e  ROS de  charge  spéci fiée  pour déterm iner l a  stabi l i té  
dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

5.21 .2  Schéma de  circu i t  
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Figure 1 1  – Schéma de  ci rcu i t  pour l a  mesure  de  l ’ in tensi té  parasi te  

5.21 .3  Principe de  mesure  

Dans  l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  1 1 ,  l a  pu issance de  sort ie  Po  et  l a  
pu issance  de  sortie  parasi te  Psp  sont  obtenues  de  l a  man ière  su ivan te:  

 Po  =  P1  −  L1  (33)  

 Psp  =  P2  −  L2  (34)  

où  P1  est l a  va leur de  l a  sortie  fondamenta le  ind iquée  par l ’anal yseur de  spectre  en  dBm,  P2  
est  l a  va leur de  sortie  parasi te  de  l a  pu issance  maximum ,  à  l ’ exception  des  composantes  
harmon iques,  i nd iquée  par l ’ anal yseur de  spectre  en  dBm ,  et L1  et  L2  son t l es  pertes  de  
ci rcu i t du  poin t D  au  poin t  E ,  en  dB,  à  l a  fréquence  de  P1 ,  à  l a  fréquence de  P2 ,  
respectivement.  

L ’ i n tens i té  parasi te  Psp/Po  en  dBm  dBc est défi n ie  de  l a  man ière  su ivan te:  

 Psp/Po  =  Psp  – Po  (35)  

5.21 .4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

L’al imen tation  de  polarisation  2  est  desti née  à  l a  commande de  gain  du  d i spos i ti f mesuré.  

I l  convient de  rég ler l ’ atténuateur variable  2  pour obten ir au  préalable  l e  ROS de  charge  
spéci fiée  au  poin t D .  

I l  convien t de  mesurer  L1  e t  L2  au  préalable.  
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5.21 .5  Précautions  à  prendre  

I l  convien t de  rédu ire  l es  réponses  paras i tes  ou  harmon iques  du  générateur de  s ignaux de  
man ière  à  ce  qu ’e l l es  deviennent nég l i geables.  

L ’osci l lation  aura  l i eu  à  l a  fréquence hors  bande  du  coupleur d i recti f.  

5.21 .6  Procédure  de  mesure  

La  fréquence du  générateur de  s ignaux est  rég lée  à  l a  va leur spéci fiée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

La  pu issance  d ’entrée  spéci fiée  est appl iquée.  

Trouver l a  sortie  paras i te  maximum  en  varian t l a  phase  du  déphaseur dans  la  p lage  de  
phases  spéci fiée.  

Tout en  main tenant la  phase,  mesurer l a  pu issance de  la  fréquence fondamentale  P1  et l a  
pu issance  de  sortie  parasi te  Psp  avec l ’anal yseur de  spectre .  

L ’ i n tens i té  parasi te  Psp/Po est calcu lée  au  moyen  de  l ’équation  (35).  

5.21 .7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  d ’entrée  

– Pu issance d ’entrée  

– ROS de  la  charge  

– P lage  de  variation  de  phases  de  la  charge  

5.22  Rapport de  pu issance  pour l e  canal  ad jacent  (Padj/Po(mod))  

5.22. 1  Objecti f 

Mesurer l e  rapport de  pu issance  pour l e  canal  ad jacen t dans  l es  cond i tions  spéci fi ées.  
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5.22.2  Schéma de  ci rcu i t  
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Figure 1 2  – Ci rcu i t  de  mesure  du  rapport de  pu issance  pour l e  canal  ad jacent  

5.22.3  Procédure  de  mesure  

A cond i ti on  que  l e  s ignal  modu lé  soi t fourn i  au  d i spos i ti f mesuré  pour obten i r l a  pu issance de  
sortie  spéci fi ée  (Po) ,  Pad j  est l a  pu issance  de  sortie  tota le  dans  la  l argeur de  bande  spéci fi ée  
à  l a  fréquence spéci fiée  à  d is tance  du  s ignal  porteur,  et  Po(mod)  est l a  pu issance de  sortie  
tota le  dans  l a  largeur de  bande  spéci fiée  au  n iveau  du  s i gnal  porteur.  Le  rapport de  
pu issance  pour l e  canal  ad jacent Pad j/Po(mod)  est l e  rapport de  Pad j  à Po(mod) .   Les  canaux 
ad j acents  son t à  l a  fo is  dans  l a  bande  l atéra le  supérieure  et l a  bande  l atérale  i n férieure  du  
porteur.  Le  s ignal  de  modu lation  est l e  s ignal  porteur modu lé  au  moyen  du  s i gnal  d ’essai  
normal isé  ayan t  l a  même vi tesse  que  l a  vi tesse  de  transm iss ion  de  code  spéci fi ée.    

Pad j/Po(mod)  en  dBc est donné  par l es  équations  su ivantes  dans  l e  ci rcu i t  de  l a  F igure  1 2 .  

Po  =  P1  +  L1  (36)  

Po(mod)  =  P2  +  L2  

(37)  

Pad j  =  P3  +  L2  

(38)  

Pad j/Po(mod)=   Pad j  −  Po(mod)  =  P3  −  P2  

(39)  

où  

P1   est la  va leur i nd iquée  par l e  wattmètre  2 ;  

P2   est l a  va leu r de  pu issance tota le  dans  l a  l argeur de  bande  spéci fi ée  au  n i veau  du  s ignal  
porteur i nd iquée  par l ’anal yseur de  spectre;  
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P3   est l a  va leur de  pu issance de  sortie  tota le  dans  la  l argeur de  bande  du  canal  spéci fi ée,  
à  l a  fréquence spéci fiée,  qu i  est égale  à  l ’ espacement du  canal  par rapport au  s i gnal  
porteur,  i nd iquée  par l ’ anal yseur de  spectre;   

L1   est  la  pu issance au  poin t  C  en  dBm ,  moins  l a  pu issance  au  poin t D  en  dBm;  

L2   est  la  pu issance au  poin t  C  en  dBm ,  moins  l a  pu issance  au  poin t E  en  dBm.  

Po ,  Po(mod) ,  Pad j ,  P1 ,  P2  e t  P3  son t exprimés  en  dBm;  

L1  e t  L2  son t exprimés  en  décibels.  

Pad j  /Po(mod)  est exprimé en  dBc.  

5.22.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t   

I l  convien t de  mesurer au  préalable  les  pertes  de  ci rcu i t L1  et  L2 .    

5.22.5  Précautions  à  prendre  

I l  convient de  véri fi er l e  s ignal  de  sortie  et  l ’ osci l l ation  au  moyen  de  l ’analyseur de  spectre.  I l  
convient d ’é l im iner l es  osci l lations  pendant ces  mesures.   I l  convien t de  rédu i re  les  réponses  
parasi tes  ou  harmon iques  du  générateur de  s i gnaux de  man ière  à  ce  qu ’e l les  deviennen t 
nég l igeables.  I l  convien t d ’ i nsérer un  atténuateur approprié  à  l ’ en trée  de  l ’ anal yseur de  
spectre  l orsque  l a  pu i ssance  de  sortie  est  é l evée.  

5.22.6  Procédure  de  mesure  

La  fréquence du  générateur de  s ignal  doi t être  rég lée  à  l a  va leur spéci fiée.  

Les  cond i tions  de  polarisation  doiven t être  appl iquées  au  d isposi ti f mesuré.  

Une pu issance d ’en trée  suffisante  doi t  ê tre  appl iquée  sur l e  d ispos i ti f mesuré.  

Les  é léments  su ivants  son t rég lés  aux valeurs  spéci fiées  se lon  l e  code  normal isé  du  s i gnal  
d ’essai :   méthode de  modu lation ,  vi tesse  de  transm ission  de  s ignaux et l argeur de  bande  de  
modu lation .  

Les  é lémen ts  su ivants  de  l ’anal yseur de  spectre  son t rég lés  aux va leurs  spéci fi ées:   
fréquence porteuse,  p lage  de  balayage,  l argeur de  bande  de  résolu tion ,  largeur de  bande  
vi déo,  nombre  d ’échanti l l onnage,  et  temps  de  ba layage.   

La  valeur de  P1  est  mesurée  par l e  wattmètre  1 .  

La  pu issance  de  sortie  du  d ispos i ti f mesuré  Po  est ca lcu lée  au  moyen  de  l ’Equation  (36).  

En  aj ustan t l ’ atténuateur variable,  Po  est rég lé  à  la  va leur spéci fiée.  

L ’espacement du  canal  et l a  l argeur de  bande  du  canal  sont  rég lés  aux valeurs  spéci fiées.  

Les  valeurs  de  P2  et  P3  son t mesurées  par l ’ anal yseur de  spectre.  

Po(mod) ,  Pad j  son t ca lcu lées  au  moyen  des  Equations  (37)  et  (38) .   

Le  rapport de  pu issance pour le  canal  ad jacent Pad j/Po(mod)  est ca lcu lé  à  parti r de  
l 'Equation  (39).  

NOTE  L’affi chage  de  l ’ anal yseur de  spectre  est  rég lé  au  mode  de  main ti en  maximal .  Le  mode  de  détection  de  
l ’ analyseur de  spectre  est  rég l é  au  mode  crête  pos i ti ve.  

5.22.7  Cond itions  spécifiées  

–  Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  
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–  Cond i tions  de  polarisation   

–  Fréquence  (fréquence  porteuse)  

–  Puissance de  sortie  

–  Code normal isé  du  s ignal  d ’essai :  

•  espacement du  canal  

•  l argeur de  bande  du  canal  

•  méthode de  modu lation  

•  vi tesse  de  transm ission  de  s i gnaux 

•  l argeur de  bande  de  modu lation   

– Anal yseur de  spectre  

•  p lage  de  ba layage  

•  l argeur de  bande  de  résolu tion  

*  l argeur de  bande  vi déo  d ’un  anal yseur de  spectre  

*  nombres  d ’échanti l lonnage  d ’ un  anal yseur de  spectre  

*  temps  de  balayage  d ’un  anal yseur de  spectre   

6 Véri fication  des  méthodes  

6.1  Tolérance de  charge non  adaptée (ΨL)  

6. 1 . 1  Objecti f  

Véri fi er l a  to lérance de  charge  non  adaptée  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

6.1 .2  Vérification  de  la  méthode  1  ( In tensi té  parasi te)  

6.1 .2 . 1  Schéma de ci rcu i t  
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A V 

IEC   1963/06 

Alimentaion 
électrique 2 

 

Figure 1 3  – Ci rcu i t  de  véri fication  de  l a  tolérance  de  charge non  adaptée  
dans  l a  méthode 1  
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6. 1 .2 .2  Description  et exigences  du  circu i t  

Le  générateur de  s i gnaux doi t  pouvoi r fonctionner dans  la  bande  de  fréquences  spéci fi ée.   Le  
générateur de  s ignal  doi t  avoir des  caractéristiques  stables  au -dessus  du  bru i t  de  fond  sans  
osci l l ation  n i  i n tens i té  paras i te.  Le  bru i t  de  fond  doi t être  i n férieur au  n i veau  spéci fié  par 
rapport à  l a  pu issance  de  sortie .   Le  générateur de  s ignaux doi t  générer le  s i gnal  de  
modu lation  spéci fi é.  

L ’anal yseur de  spectre  doi t  pouvoi r fonctionner dans  l a  p lage  de  fréquences  spéci fiée  pour 
véri fi er qu ’ i l  n ’ y a  n i  osci l lation  n i  i n tensi té  parasi te.  L’anal yseur de  spectre  doi t  avoir une  
p lage  d ynam ique  spéci fiée.  

Le  déphaseur doi t  ê tre  en  mesure  de  mainten i r constan ts  l e  ROS  de  l a  charge  ou  l ’ampl i tude  
du  coefficient de  réflexion  de  l a  charge.  L ’extenseur de  l i gne  convien t à  cette  caractéristi que.  
I l  convien t de  court-ci rcu i ter le  port de  sortie  du  déphaseur.  

Le  bu t de  l ’a tténuateur variable  cons iste  à  rég ler l e  ROS de  l a  charge  à  l a  va leur spéci fi ée.  

6. 1 .2 .3  Précautions  à  prendre  

I l  convient de  rédu i re  l es  réponses  parasi tes  et le  bru i t  de  fond  du  générateur de  s ignaux de  
man ière  à  ce  qu ’ i l s  deviennent nég l i geables  au  ROS  i n férieur au  ROS spéci fié.  

Le  ROS  doi t rester constan t pour toutes  l es  phases  du  déphaseur.  

6. 1 .2 .4  Procédure  d 'essai  

Rég ler l e  ROS de  la  charge  à  l a  va leur spéci fi ée  en  aj ustan t l ’ atténuateur variable.  

Rég ler l a  fréquence du  générateur de  s ignaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

Rég ler l a  modu lation  du  générateur de  s ignaux à  l a  cond i ti on  spéci fiée.  

Appl i quer l a  polarisation  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

Rég ler l e  n iveau  de  pu issance  du  générateur de  s ignaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

Balayer l ’ ang le  de  phase  de  man ière  con tinue  en  faisan t varier la  l ongueur de  l ’ extenseur de  
l igne.  

Véri fier et confi rmer qu ’ i l  n ’ y a  pas  d ’osci l l ation  n i  d ’ in tensi té  parasi te  i n férieures  aux 
cond i tions  spéci fiées  au  moyen  de  l ’ anal yseur de  spectre  pour tous  l es  ang les  de  phase.  

NOTE  Au  l i eu  d ’ u ti l i ser l ’ extenseur de  l i g ne,  on  peut  u ti l i ser une  vi s  d ’ accord  mobi l e.   Par commod i té,  un  bras  de  
réactance  au tomatique  peu t également  être  u ti l i sé  pour obten i r l e  ROS  spéci fi é .  Les  bras  de  réactance  présenten t 
l ’ i nconvén ien t  de  ne  pas  permettre  un  bal ayage  conti nu  en  ra i son  des  phases  d i scrètes.  

6.1 .2 .5  Conditions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– ROS de  la  charge  

– Cond i tions  de  polarisation   

– Fréquence  du  s ignal  d ’en trée  

– Modu lation  du  s i gnal  d ’entrée  

– Pu issance d 'en trée  

– Paras i tes  
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6.1 .3  Vérification  de  la  méthode  2  (pas  de  d iscontinu i té  de  l a  réponse en  fréquence)  

6.1 .3. 1  Schéma de ci rcu i t  
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Alimentation  
électrique 2  

 

Figure  1 4 – Ci rcu i t  de  véri fication  de  l a  tolérance  de  charge non  adaptée  
dans  l a  méthode 2  

6. 1 .3.2  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

L’anal yseur de  réseau  doi t  pouvoir fonctionner dans  l a  bande  de  fréquences  spéci fi ée.    

Le  déphaseur doi t pouvoir main ten i r constan ts  le  ROS de  l a  charge  ou  l ’ampl i tude  du  
coefficien t de  réflexion  de  l a  charge.  L ’extenseur de  l i gne  convient à  cette  caractéristique.  I l  
convient de  court-ci rcu i ter l e  port de  sortie  du  déphaseur.  

Le  bu t de  l ’a tténuateur variable  cons iste  à  rég ler l e  ROS de  l a  charge  à  l a  va leur spéci fi ée.  

6.1 .3.3  Précautions  à  prendre   

Le  ROS  doi t  rester constan t pour toutes  l es  phases  du  déphaseur.  

6.1 .3.4  Procédure d 'essai  

Rég ler l e  ROS de  la  charge  à  l a  va leur spéci fi ée  en  aj ustan t l ’ atténuateur variable.  

Rég ler l a  gamme de  fréquences  balayées  de  l ’anal yseur de  réseau  à  l a  va leur spéci fi ée.  

Rég ler l e  n i veau  de  pu issance  de  l ’ anal yseur de  réseau  à  la  va leur spéci fiée.  

Appl i quer l a  polarisation  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

Balayer l ’ ang le  de  phase  de  man ière  con tinue  en  faisan t varier l a  longueur de  l ’ extenseur de  
l i gne.  

Confi rmer qu ’ i l  n ’ y a  pas  de  d iscon tinu i té  de  la  réponse  en  fréquence au  moyen  de  l ’ anal yseur 
de  réseau  pour tous  l es  ang les  de  phase.  
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6.1 .3.5  Conditions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– ROS de  la  charge  

– Cond i tions  de  polarisation   

– Gamme de  fréquences  du  s i gnal  d ’en trée  

– Pu issance d 'en trée  

6.2  Tolérance de  source  non  adaptée  (ΨS)  

6.2. 1  Objecti f 

Véri fi er l a  to lérance de  source  non  adaptée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

6.2.2  Vérification  de  la  méthode  1  ( i n tensité  parasi te)  

6.2.2 . 1  Schéma de  ci rcu i t  
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Figure 1 5 – Ci rcu i t  de  véri fication  de  l a  tolérance  de  source non  adaptée  
dans  l a  méthode 1  

6.2.2 .2  Description  et exigences  du  circu i t  

Voir l a  description  et  l es  exigences  du  ci rcu i t en  6 . 1 . 2 . 2.  

L ’ i solateu r a  pour objet de  permettre  de  main ten ir constant le  n i veau  de  pu issance sur le  
d ispos i ti f mesuré  quel le  que  soi t l a  désadaptation  d ’ impédance à  l ’ en trée.  

6.2.2 .3  Précautions  à  prendre  

Voir l es  précautions  à  prendre  en  6. 1 . 2 . 3 .  

6.2.2 .4  Procédure d 'essai  

Rég ler l e  ROS de  la  source  à  l a  va leur spéci fi ée  en  rég lant l ’atténuateur variable.  
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Rég ler l a  fréquence  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

Rég ler l a  modu lation  du  générateur de  s ignaux à  l a  cond i tion  spéci fiée.  

Appl iquer l a  polarisation  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

Rég ler l e  n i veau  de  pu issance  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fiée.   

Balayer l ’ ang le  de  phase  de  man ière  con tinue  en  faisan t varier l a  l ongueur de  l ’ extenseur de  
l i gne.  

Véri fi er et confi rmer qu ’ i l  n ’ y a  pas  d ’osci l lation ,  n i  d ’ in tens i té  paras i te  in férieures  aux 
cond i ti ons  spéci fiées  au  moyen  de  l ’ anal yseur de  spectre  pour tous  l es  ang les  de  phase.  

6.2.2 .5  Conditions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence   

– ROS de  la  source  

– Cond i tions  de  polarisation   

–  Fréquence  du  s ignal  d ’en trée  

– Modu lation  du  s i gnal  d ’entrée  

– Pu issance  d 'en trée  

– I n tensi té  paras i te  

6.2.3  Vérification  de  la  méthode  2  (pas  de  d iscontinu i té  de  l a  réponse en  fréquence)  

6.2.3.1  Schéma de ci rcu i t  
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Figure 1 6  – Ci rcu i t  de  véri fication  de  l a  tolérance  de  source non  adaptée  
dans  l a  méthode 2  
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6.2.3.2  Description  et exigences  du  circu i t  

Voi r l a  description  et  l es  exigences  du  ci rcu i t en  6 . 1 . 3 . 2.  

L ’ i so lateu r a  pour objet de  permettre  de  main ten i r constant le  n i veau  de  pu issance sur le  
d ispos i ti f mesuré  quel le  que  soi t l a  désadaptation  d ’ impédance à  l ’ en trée.  

6.2.3.3  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre  en  6. 1 . 3 . 3 .  

6.2.3.4  Procédure d 'essai  

Rég ler l e  ROS de  la  source  à  l a  va leur spéci fi ée  en  rég lant l ’atténuateur variable.  

Rég ler l a  gamme de  fréquences  balayées  de  l ’anal yseur de  réseau  à  l a  va leur spéci fiée.  

Rég ler l e  n i veau  de  pu issance  de  l ’ anal yseur de  réseau  à  l a  va leur spéci fiée.  

Appl iquer l a  polarisation  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.   

Balayer l ’ ang le  de  phase  de  man ière  con tinue  en  faisan t varier l a  l ongueur de  l ’ extenseur de  
l i gne.  

Véri fi er et confi rmer qu ’ i l  n ’ y a  pas  de  d iscon tinu i té  de  la  réponse  en  fréquence au  moyen  de  
l ’anal yseur de  réseau  pour tous  l es  ang les  de  phase.  

6.2.3.5  Condi tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence   

– ROS de  la  source  

– Cond i tions  de  polarisation   

–  Gamme de  fréquences  du  s i gnal  d ’en trée  

– Pu issance  d 'en trée  

6.3  Robustesse de  charge  non  adaptée  (ΨR)  

6. 3. 1  Objecti f 

Véri fi er l a  robustesse  de  charge  non  adaptée  dans  l es  cond i tions  spéci fi ées.  
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6.3.2  Schéma de  ci rcu i t  
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Figure 1 7  – Ci rcu i t  de  véri fication  de  l a  robustesse  de  charge  non  adaptée  

6.3.3  Description  et exigences  du  ci rcu i t  

Le  générateur de  s ignaux doi t  pouvoir fonctionner dans  l a  bande  de  fréquences  spéci fiée.   

L ’anal yseur de  spectre  doi t  pouvoi r fonctionner dans  l a  p lage  de  fréquences  spéci fi ée  pour 
garanti r qu ’ i l  n ’ y a  n i  osci l lation  n i  i n tens i té  parasi te.  

Le  déphaseur doi t pouvoir main ten ir constan ts  le  ROS de  l a  charge  ou  l ’ampl i tude  du  
coefficien t de  réflexion  de  l a  charge.  L ’extenseur de  l i gne  convient à  cette  caractéristique.  I l  
convient de  court-ci rcu i ter l e  port de  sortie  du  déphaseur.  

Le  bu t de  l ’atténuateur variable  consiste  à  rég l er l e  ROS de  l a  charge  à  l a  va leur spéci fi ée.  

6.3.4 Précautions  à  prendre  

I l  do i t  être  garanti  qu ’aucune osci l l ation  ( i n férieure  à  l ’ osci l lation  spéci fi ée)  n ’a  l ieu  dans  
aucune  des  phases  du  déphaseur au  ROS  en  ra ison  du  système de  véri fication .  

Le  ROS  doi t rester constan t pour tou tes  l es  phases  du  déphaseur.  

6.3.5  Procédure d 'essai  

Mesurer l es  caractéristiques  en  con tinu  et en  RF  dans  l es  cond i ti ons  spéci fi ées  avant que  l a  
procédure  d ’essai  de  charge  non  adaptée  su ivan te  soi t réa l isée.   

Rég ler l e  ROS de  la  charge  à  l a  va leur spéci fi ée  en  aj ustan t l ’ atténuateur variable.  

Rég ler l a  fréquence du  générateur de  s ignaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

Appl i quer l a  polarisation  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  
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Rég ler l e  n iveau  de  pu issance  du  générateur de  s ignaux à  l a  va l eur spéci fi ée.   

Balayer l ’ ang le  de  phase  de  man ière  con tinue  en  faisan t varier la  l ongueur de  l ’ extenseur de  
l igne.  

Le  d ispos i ti f fonctionne  pendant l a  durée  de  fonctionnement spéci fiée  pour tous  l es  ang les  de  
phase.  

Mesurer à  nouveau  l es  caractéristiques  en  continu  et  en  RF  sans  les  cond i tions  spéci fiées.   

Véri fier l a  robustesse  de  charge  non  adaptée  au  moyen  de  cri tères  de  dégradation  spéci fiés  
des  caractéristiques  en  con tinu  et en  RF.  

6.3.6  Condi tions  spéci fiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence   

– ROS de  la  charge  

– Cond i tions  de  polarisation   

– Fréquence  du  s ignal  d ’en trée  

– Pu issance d 'en trée  

– Durée  de  fonctionnement  

– Cri tères  de  dégradation  des  caractéristiques  en  con tinu  et en  RF  

– Cond i tions  de  mesure  des  caractéristi ques  en  con ti nu  et  en  RF  

 

___________ 
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FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commission  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for s tandard ization  compris i ng  
a l l  nati onal  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  ob ject  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  questions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic fi e l ds.  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC publ i shes  I n ternational  S tandards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports,  Publ i cl y  Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu i des  (hereafter referred  to  as  “ I EC 
Publ i cation(s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  National  Comm i ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti cipate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non-
governmental  organ i zations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC al so  parti ci pate  i n  th i s  preparati on .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ ization  for Standard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement  between  the  two organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y as  possi ble,  an  i n ternational  
consensus  of opin ion  on  the  re l evant sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  al l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cati ons  have  the  form  of recommendations  for i n ternati onal  use  and  are  accepted  by  I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  content  of I EC  
Publ i cations  i s  accurate,  I EC  cannot be  he l d  responsibl e  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m is i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternati onal  u n i form i ty,  I EC National  Commi ttees  undertake  to  app ly I EC Publ i cati ons  
transparen tl y to  the  maximum  exten t poss ibl e  i n  thei r national  and  reg i ona l  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Publ i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  sha l l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provide  any attestati on  of conform i ty.  I ndependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent  certi fi cation  bod i es.  

6)  Al l  users  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  commi ttees  and  I EC Nati onal  Comm i ttees  for any personal  i n j u ry,  property  damage  or 
other damage  of any nature  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or rel i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  possib i l i ty that  some  of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  sub ject  of 
patent  ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  responsibl e  for i den ti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts.  

DISCLAIMER 
This  Consol idated  version  i s  not an  official  IEC  Standard  and  has  been  prepared  for 
user conven ience.  On ly the  current versions  of the  standard  and  i ts  amendment(s)  
are  to  be  considered  the official  documents.  

Th is  Consol idated  version  of IEC  60747-1 6-1  bears  the  ed i tion  number 1 . 2.  I t  consists  of 
the  fi rst ed i tion  (2001 -1 1 )  [documents  47E/200/FDIS  and  47E/204/RVD] ,  i ts  amendment 1  
(2007-01 )  [documents  47E/305/FDIS  and  47E/31 7/RVD]  and  i ts  amendment 2  (201 7-02)  
[documents  47E/500/CDV and  47E/51 8/RVC] .  The technical  content i s  i dentical  to  the  
base  ed i tion  and  i ts  amendments.  

Th is  Final  version  does  not show where  the technical  content i s  mod ified  by 
amendments  1  and  2 .  A separate  Redl ine  version  with  al l  changes  h igh l ighted  is  
avai lable  in  th is  publ ication .  
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I n ternational  Standard  I EC 60747-1 6-1  has  been  prepared  by subcommittee  47E:  D iscrete  
sem iconductor devices,  of I EC techn ical  committee  47:  Sem iconductor devices.  

The  French  vers ion  of th i s  s tandard  has  not been  voted  upon .  

Th is  publ ication  has  been  d rafted  i n  accordance wi th  the  I SO/IEC  D irecti ves,  Part 3.  

The  committee  has  decided  that the  contents  of the  base  publ ication  and  i ts  amendments  wi l l  
remain  unchanged  unti l  the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC  web  s i te  under 
"http: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At th is  date,  the  
publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  
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SEMICONDUCTOR DEVICES –  
 

Part 1 6-1 :  Microwave integrated  circuits  – Ampl i fiers  
 
 
 

1  Scope  

This  part of I EC  60747  provides  the  term inology,  the  essen tia l  rati ngs  and  characteristics,  as  
wel l  as  the  measuring  methods  for i n tegrated  ci rcu i t  m icrowave  power ampl i fi ers.  

2  Normative references  

The  fol l owing  normative  documents  contain  provis ions  wh ich ,  through  reference i n  th is  text,  
consti tu te  provis ions  of th is  part of I EC 60747.  For dated  references,  subsequent amend -
ments  to,  or revis ions  of,  any of these  publ ications  do  not appl y.  However,  parties  to  
agreements  based  on  th is  part of I EC 60747  are  encouraged  to  i nvesti gate  the  poss ib i l i ty of 
appl ying  the  most recent  ed i tions  of the  normative  documents  i nd icated  be low.  For undated  
references,  the  l atest ed i ti on  of the  normative  document referred  to  appl i es.  Members  of I EC  
and  I SO  mainta in  reg isters  of curren tl y va l id  I n ternational  Standards.  

I EC 60050-702,  International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 702: Oscillations,  signals 
and related devices  (avai l able  at:  h ttp: //www.electroped ia .org )  

I EC 6061 7,  Graphical symbols for diagrams  (avai l able  at:  <h ttp: //std . i ec. ch/iec6061 7>)  

I EC 60747-1 : 2006,  Semiconductor devices – Part 1 :  General  
I EC 60747-1 : 2006/AMD1 :201 0   

I EC  60747-4: 2007,  Semiconductor devices – Discrete devices – Part 4: Microwave diodes and 
transistors 

I EC 60747-4: 2007/AMD1 :201 7  

IEC 60748-2: 1 997,  Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 2:  Digital integrated 
circuits 

IEC 60748-3: 1 986,  Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 3: Analogue integrated 
circuits 
IEC 60748-3: 1 986/AMD1 : 1 991   
I EC 60748-3: 1 986/AMD2: 1 994  

IEC 60748-4: 1 997,  Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 4: Interface integrated 
circuits 

I EC/TS  61 340-5-1 ,  Electrostatics -  Part 5-1 : Protection of electronic devices from electrostatic 
phenomena - General requirements 

I EC/TS  61 340-5-2 ,  Electrostatics -  Part 5-2: Protection of electronic devices from electrostatic 
phenomena - User guide 

3 Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of th is  document,  the  fol lowing  terms  and  defin i ti ons  apply.  

http://www.electropedia.org/
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3. 1  
l inear (power)  gain  Gl i n  
power gain  i n  the  l inear reg ion  of the  power transfer curve  Po  (dBm)  =  f(Pi )  

NOTE  I n  th i s  reg ion ,  ∆Po  (dBm)  =  ∆P i  (dBm).  

3.2  
l inear (power)  gain  flatness  ∆Gl i n  
power gain  fl atness  when  the  operati ng  poin t l i es  i n  the  l i near reg ion  of the  power transfer 
curve  

3.3  
power gain  Gp ,  G  
ratio  of the  ou tpu t power to  the  i nput power 

NOTE  Usual l y the  power gai n  i s  expressed  i n  d ecibel s .  

3.4 
(power)  gain  fl atness  ∆Gp  
d i fference between  the  maximum  and  m in imum  power ga in  for a  speci fied  i nput power i n  a  
speci fied  frequency range  

3.5  
(maximum  avai lable)  gain  reduction  ∆Gred  
d i fference i n  decibels  between  the  maximum  and  m in imum  power gains  that can  be  provided  
by the  gain  con trol  

3.6    Output  power l imiting  

3.6. 1  
output  power l imiting  range  
range  i n  wh ich ,  for ri s ing  i nput  power,  the  ou tpu t power i s  l im i ti ng  

NOTE  For speci fi cati on  purposes,  the  l im i ts  of th i s  range  are  speci fi ed  by speci fi ed  l ower and  upper l im i t  val ues  
for the  i npu t  power.  

3.6.2  
l im iting  outpu t power Po(l tg )  
ou tpu t power i n  the  range  where  i t  i s  l im i ti ng  

3.6.3  
l im iting  outpu t power fl atness  ∆Po(l tg )  
d i fference between  the  maximum  and  m in imum  output power i n  the  ou tput power l im i ting  
range:  

∆Po(l tg )  =  Po(l tg ,max)  – Po(l tg ,m in )  

3.7  
in termodu lation  d istortion  
Pn /P1  
ratio  of the  n th  order componen t to  the  ou tput power of the  fundamental  component of the  
ou tpu t power 

Note  1  to  en try:  The  abbreviation  “IMDn ”  i s  i n  common  use  for the  n th  order i n termodu lati on  d i storti on .  

SOURCE:  I EC  60747-4: 2007/AMD1 : 201 7,  7 . 2 . 1 9.  

3.8  
power at  the  in tercept  point  (for in termodulation  products)   
Pn(IP)  
output power at i n tersection  between  the  extrapolated  ou tpu t powers  of the  fundamental  
component and  the  n th  order i n termodu lation  componen ts,  when  the  extrapolation  i s  carried  
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ou t i n  a  d iagram  showing  the  ou tpu t power of the  components  ( i n  decibels)  as  a  function  of 
the  i npu t power ( i n  decibels)  

3.9  
magnitude  of the  input  reflection  coefficient   
( i nput return  l oss)   
|S1 1 |  
see  7 . 4. 3. 1 0. 2. 2  of I EC  60747-4: 2007  

3. 1 0  
magni tude  of the  output reflection  coefficient  
(ou tpu t return  l oss)   
|S22 |  
see  7 . 4. 3. 1 0. 2. 2  of I EC  60747-4: 2007  

3. 1 1  
magni tude  of the  reverse transmission  coefficient  
( isolation)   
|S1 2 |  
see  7. 4. 3. 1 0. 2. 2  of I EC  60747-4: 2007  

3. 1 2  
conversion  coefficient of ampl i tude  modu lation  to  phase  modulation  α(AM-PM)  
quotient of  

the  phase  deviation  of the  ou tpu t s i gnal  ( in  degrees)  by 

the  change i n  i npu t power ( in  decibels)  producing  i t  

3. 1 3  
group delay time  td(grp)  
ratio  of the  change,  wi th  angu lar frequency,  of the  phase  sh i ft  through  the  ampl i fier 

NOTE  Usual l y g roup  delay t ime  i s  very cl ose  i n  va l ue  to  i npu t-to-outpu t de lay t ime.  

3. 1 4 
nth  order harmon ic  d istortion  ratio  
Pnth /P1  
ratio  of the  power of the  n th  order harmon ic component measured  at  the  ou tput  port of the  
device  to  the  power of the  fundamenta l  frequency measured  at the  ou tpu t port  

3. 1 5  
output  noise  power PN  
maximum  noise  power measured  at  the  ou tpu t port of the  device  wi th in  a  speci fied  bandwid th  
i n  a  speci fied  frequency range  for a  speci fied  ou tput power 

3. 1 6  
spurious  in tensi ty under specified  load  VSWR 
Psp/Po  
ratio  of the  power of the  maximum  spurious  power measured  at the  ou tput port of the  device  
to  the  fundamental  frequency measured  at the  ou tpu t port  under speci fied  l oad  VSWR 

3. 1 7  
output power 
Po  
RF power measured  at  the  ou tpu t port  

SOURCE:  I EC  60747-4:2007/AMD1 : 201 7,  7 . 2 . 2.  
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3. 1 8  
output  power at 1  dB  gain  compression  
Po(1 dB)  
see  8. 2. 1 3  of I EC 60747-4   

3. 1 9  
noise  figure  
F 
see  702-08-57  of I EC 60050-702  

3.20  
power added  efficiency 
ηadd  
see  8. 2. 1 5  of I EC 60747-4  

3.21  
ad jacent channel  power ratio  
Pad j /Po(mod)  
ratio  of the  tota l  ou tput power i n  a  speci fi ed  frequency band  away from  a  speci fi ed  carrier 
s i gnal  frequency to  the  tota l  power i n  a  speci fi ed  carrier s ignal  frequency band ,  when  a  
modu lation  s ignal  i s  suppl ied  

3.22  
load  mismatch  tolerance  
ΨL  
see  7. 2. 20  of I EC 60747-4  

3.23  
source  m ismatch  tolerance  
ΨS  
see  7. 2 . 21  of I EC 60747-4  

3.24 
load  mismatch  ruggedness  
ΨR  
see  7. 2. 22  of I EC 60747-4  

4 Essential  ratings  and  characteristics   

4. 1  General  

4. 1 . 1  Ci rcu i t  identi fication  and  types  

4. 1 . 1 . 1  Designation  and  types  

The  i nd ication  of type  (device  name),  the  category of the  ci rcu i t  and  the  technology appl ied  
shou ld  be  g i ven .  

M icrowave  ampl i fiers  are  d i vided  i n to  fou r categories:  

Type  A:  Low-noise  type.  

Type  B :  Au to-gain  control  type.  

Type  C:  L im i ti ng  type.  

Type  D:  Power type.  
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4.1 . 1 .2  General  function  description  

A general  description  of the  function  performed  by the  in tegrated  ci rcu i t  m icrowave ampl i fi ers  
and  the  features  for the  appl ication  shou ld  be  made.  

4.1 . 1 .3  Manufacturing  technology 

The manufacturing  technology,  for example,  sem iconductor monol i th ic i n tegrated  ci rcu i t,  th i n -
fi lm  in tegrated  ci rcu i t,  m icro-assembly,  shou ld  be  s tated .  Th is  statement shou ld  i nclude  
detai ls  of the  sem iconductor technolog ies  such  as  MESFET,  M ISFET,  S i  b ipolar trans istor,  
HBT,  etc.  

4. 1 . 1 .4  Package identi fication  

The  fo l lowing  statements  shou ld  be  made:  

a)  I EC and /or national  reference  number of the  ou tl i ne  d rawing ,  or d rawing  of non-standard  
package  includ ing  term inal  numbering ;  

b)  principal  package  materia l ;  for example,  meta l ,  ceram ic,  p l astic.  

4. 1 . 1 .5  Main  appl ication  

The main  appl ication  shou ld  be  stated ,  i f necessary.  I f the  device  has  restricti ve  appl ications,  
these  shou ld  be  stated  here.  

4.2  Appl ication  related  description  

I n formation  on  the  appl i cation  of the  i n tegrated  ci rcu i t  and  i ts  re lation  to  the  associated  
devices  shou ld  be  g i ven .  

4.2. 1  Conformance to  system  and/or in terface  information  

I t  shou ld  be  s tated  whether the  i n tegrated  ci rcu i t  conforms  to  an  appl ication  system  and/or 
i n terface  standard  or recommendation .  

The  detai l ed  i n formation  about appl ication  systems,  equ ipment and  ci rcu i ts  such  as  VSAT 
systems,  DBS  receivers,  m icrowave  land ing  systems,  etc. ,  shou ld  a lso  be  g iven .  

4.2.2  Overal l  block d iagram  

A b lock d iagram  of the  appl i ed  systems shou ld  be  g i ven ,  i f necessary.  

4.2.3  Reference  data  

The most important properties  to  permit comparison  between  derivative types should  be g iven.  

4.2.4  Electrical  compatibi l i ty  

I t  shou ld  be  s tated  whether the  i n tegrated  ci rcu i t  i s  e l ectrical l y compatib le  wi th  other particu lar 
i n tegrated  ci rcu i ts  or fam i l ies  of i n tegrated  ci rcu i ts  or whether specia l  i n terfaces  are  requ ired .  

Deta i l s  shou ld  be  g i ven  of the  type  of the  i npu t and  ou tpu t ci rcu i ts ,  for example,  i nput/ou tpu t 
impedances,  d . c.  b lock,  open-drain ,  etc.  I n terchangeabi l i ty wi th  other devices,  i f any,  shou ld  
be  g i ven .  

4.2.5  Associated  devices  

I f appl icable,  the  fol lowing  shou ld  be  s tated  here:  

– devices  necessary for correct  operation  ( l ist  wi th  type  number,  name,  and  function) ;  
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– peripheral  devices  wi th  d i rect  i n terfacing  ( l i st  wi th  type  number,  name,  and  function) .  

4.3  Specification  of the  function  

4.3. 1  Detai l ed  block d iagram  – Functional  blocks  

A detai l  b l ock d iagram  or equ ivalent ci rcu i t  i n formation  of the  i n tegrated  ci rcu i t m icrowave  
ampl i fi ers  shou ld  be  g iven .  The  b lock d iagram  shou ld  be  composed  of the  fol lowing :  

1 )  functional  b locks;  

2)  mutual  i n terconnections  among  the  functional  b locks;  

3)  i nd ividual  functional  un i ts  wi th in  the  functional  b l ocks;  

4)  mutual  i n terconnections  among  the  i nd ividual  functional  b l ocks;  

5)  function  of each  external  connection ;  

6)  i n terdependence between  the  separate  functional  b locks.  

The  b lock d iagram  shou ld  i den ti fy the  function  of each  external  connection  and ,  where  no  

ambigu i ty can  arise,  can  a lso  show the  term inal  symbols  and/or numbers.  I f the  encapsu lation  
has  metal l ic  parts,  any connection  to  them  from  external  term inals  shou ld  be  i nd icated .  The  
connections  with  any associated  external  electrical  elements  should  be stated,  where necessary.  

As  add i tional  i n formation ,  the  complete  electrica l  ci rcu i t  d i agram  can  be  reproduced ,  bu t not  
necessari l y wi th  i nd ications  of the  va lues  of the  ci rcu i t  components .  The  graph ical  symbol  for 
the  function  shal l  be  g iven .  Th is  may be  obta ined  from  a  cata logue  of s tandards  of graph ical  
symbols  or designed  accord ing  to  the  ru les  of I EC  6061 7.  

4.3.2  Identi fication  and  function  of terminals  

Al l  term inals  shou ld  be  i denti fied  on  the  b lock d iagram  (suppl y term inals,  i npu t or ou tpu t 
term inals ,  i nput/ou tpu t term inals) .  

The  term inal  functions  1 ) -4)  shou ld  be  i nd icated  i n  a  table  as  fol lows:  

Terminal  
number 

Terminal  
symbol  

1 )  Terminal   
designation  

2)  Function  Function  of terminal  

3)  I nput/ou tpu t 
i denti fi cation  

4)  Type  of 
i nput/outpu t ci rcu i t  

      

      

      

1 )  Term inal  name 

 A term inal  name to  i nd icate  the  function  term inal  shou ld  be  g i ven .  Suppl y term inals ,  
g round  term inals ,  b l ank term inals  (wi th  abbreviation  NC),  non -usable  term inals  (wi th  
abbreviation  NU)  shou ld  be  d istingu ished .  

2)  Function  

 A brief ind ication  of the  term inal  function  shou ld  be  g iven .  

– Each  function  of mu l ti -role  term inals ,  that i s  term inals  that  have  mu l tip le  functions.  

– Each  function  of the  i n tegrated  ci rcu i t  selected  by mutual  p in  connections,  
programming  and/or appl ication  of function  selection  data  to  the  function  selection  p in ,  
such  as  mode selection  p i n .  

3)  I npu t/outpu t identi fication  

 I npu t,  ou tpu t,  i nput/outpu t,  and  mu l tip lex i npu t/outpu t term inals  shou ld  be  d isti ngu ished .  

4)  Type  of i nput/output  ci rcu i ts  

 The  type  of the  input and  outpu t ci rcu i ts,  for example,  i npu t/ou tpu t impedances,  wi th  or 
wi thout d . c.  b lock,  etc. ,  shou ld  be  d istingu ished .  
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5)  Type  of g round   

 I f the  baseplate  of the  package  is  used  as  ground ,  th is  shou ld  be  stated .  

Example:  

Supply voltage

Integrated
circuit

microwave
amplifiers

NC

Output(s)

Input(s)

NU

Ground  

4.3.3  Functional  description  

The function  performed  by the  ci rcu i t  shou ld  be  speci fi ed ,  i nclud ing  the  fol lowing  in formation :  

– bas ic  function ;  

– re lation  to  external  term inals ;  

– operation  mode (for example,  set-up  method ,  preference,  etc. ) ;  

–  i n terrupt hand l ing .  

4.3.4  Fami ly-related  characteristics  

I n  th is  part,  a l l  the  fam i l y-speci fic functional  descriptions  shal l  be  stated  (refer to  I EC 60748-2 ,  
I EC 60748-3  and  I EC 60748-4).  

I f ratings  and  characteristics  and  function  characteristics  exist for the  fam i ly,  the  relevan t part  
of I EC 60748  shou ld  be  used  (for example,  for m icroprocessors,  see  I EC 60748-2,  Chapter I I I ,  
Section  3).  

NOTE  For each  new device  fam i l y,  speci fi c  i tems  shal l  be  added  i n  the  relevant  part  of I EC 60748.  

4.4 Limi ting  values  (absolu te  maximum rating  system)  

The  table  of these  va lues  contains  the  fol l owing .  

a)  Any i n terdependence  of l im i ting  cond i ti ons  shal l  be  speci fied .  

b)  I f external l y connected  and /or attached  e lements,  for example  heatsinks,  have  an  
i n fl uence on  the  values  of the  rati ngs,  the  rati ngs  shal l  be  prescribed  for the  i n tegrated  
ci rcu i t wi th  the  e lements  connected  and /or attached .  

c)  I f l im i ti ng  values  are  exceeded  for trans ient overload ,  the  perm issib le  excess  and  the ir 
duration  shal l  be  speci fi ed .  

d )  Where  m in imum  and  maximum  values  d i ffer during  programming  of the  device,  th is  shou ld  
be  stated .  

e)  Al l  vo l tages  are  referenced  to  a  speci fi ed  reference term inal  (Vss ,  GND ,  etc. ) .  

f)  I n  satisfying  the  fol lowing  clauses,  i f maximum  and /or m in imum  values  are  quoted ,  the  
manufacturer must i nd icate  whether he  refers  to  the  absolu te  magn i tude  or to  the  
a lgebraic va lue  of the  quan ti ty.  

g )  The  rati ngs  g i ven  must cover the  operation  of the  mu l ti -function  i n tegrated  ci rcu i t over the  
speci fied  range  of operating  temperatures.  Where  such  rati ngs  are  temperature-
dependent,  th is  dependence  shou ld  be  ind icated .  
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4.4. 1  Electrical  l imi ting  values  

Lim i ti ng  va lues  shou ld  be  speci fi ed  as  fol lows.  

Parameters  M in .  Max.  

(1 )  Power supp ly vol tages  +  +  

(2)  Power supp ly cu rren ts  (where  appropri ate)   +  

(3)  I npu t  vol tage(s)  (where  appropriate)  +  +  

(4)  Ou tput  vol tage(s)  (where  appropri ate)  +  +  

(5)  I npu t  cu rren t(s)  (where  appropriate)   +  

(6)  Ou tput  cu rrent(s )  (where  appropri ate)   +  

(7)  Other term inal  vol tage(s)  (where  appropriate)  +  +  

(8)  Other term inal  cu rren t(s)  (where  appropriate)   +  

(9)  Vol tage  d i fference  between  i npu t  and  ou tpu t  
(where  appropriate)  

+  +  

(1 0)  Power d i ss ipati on   +  

 
The  detai l  speci fication  may ind icate  those  va lues  wi th in  the  tab le  i nclud ing  note  1  and  note  2 .  

Parameters  (Note  1 ,  Note  2 )  Symbols  M in .  Max.  Un i t  

     

NOTE  1    Where  appropriate,  i n  accordance  wi th  the  type  of ci rcu i t  considered .  

NOTE  2    For power suppl y vol tage  range:  

– l im i ti ng  val ue(s)  of the  conti nuous  vol tage(s)  at  the  supply term inal (s )  wi th  
respect  to  a  specia l  e l ectri cal  reference  poin t;  

– where  appropri ate,  l im i ti ng  val ue  between  speci fi ed  suppl y term inal s ;  

– when  more  than  one  vol tage  suppl y i s  requ i red ,  a  s tatement  shou l d  be  made  as  
to  whether the  sequence  i n  wh ich  these  suppl i es  are  appl i ed  i s  s i gn i fi cant:  i f so,  
the  sequence  shou l d  be  s tated ;  

– when  more  than  one  suppl y i s  needed ,  i t  may be  necessary to  state  the  
combinations  of rati ngs  for these  suppl y vol tages  and  cu rren ts.  

4.4.2  Temperatures  

1 )  Operating  temperature  (ambient or reference-poin t  temperature)  

2)  Storage  temperature  

3)  Channel  temperatu re  (type  C  and  type  D  on l y)  

4)  Lead  temperature  (for soldering).  

The  detai l  speci fication  may ind icate  those  values  wi th in  the  table  i nclud ing  the  note.  

Parameters  (Note)  Symbols  M in .  Max.  Un i t  

     

NOTE  Where  appropri ate,  i n  accordance  wi th  the  type  of ci rcu i t  considered .  

4.5  Operating  cond i tions  (wi th in  the  speci fied  operating  temperature  range)  

They are  not to  be  inspected  bu t may be  used  for qual i ty assessment purpose.  
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4.5. 1  Power suppl ies  posi tive  and/or negative  values  

4.5.2  In i tial ization  sequences  (where  appropriate)  

I f special  i n i tia l i zation  sequences  are  necessary,  the  power suppl y sequencing  and  the  
i n i tia l i zation  procedure  shou ld  be  speci fied .  

4.5.3  Input  vol tage(s)  (where  appropriate)  

4.5.4  Output  current(s)  (where appropriate)  

4.5.5  Vol tage  and/or current  of other terminal (s)  

4.5.6  External  elements  (where  appropriate)  

4.5.7  Operating  temperature  range  

4.6  Electrical  characteristics  

The characteristics  shal l  appl y over the  fu l l  operating  temperature  range,  un less  otherwise  
speci fied .  

Each  characteristic  of 4 . 6 . 1  and  4 . 6 . 2  shou ld  be  stated ,  e i ther 

a)  over the  speci fied  range  of operating  temperatures,  or  

b)  at  a  temperature  of 25  °C,  and  at maximum  and  m in imum  operati ng  temperatures.  

4.6. 1  Static characteristics  

The parameters  shou ld  be  speci fied  correspond ing  to  the  type  as  fol lows.  

Parameters  M in .  Typ. a  Max.  Types  

     A B  C  D  

4. 6. 1 . 1   Power suppl y cu rren t  +  +  +  +  +  +  +  

4 . 6 . 1 . 2   Thermal  res i stance    +    +  +  

a  Optional  

 
The  detai l  speci fication  may ind icate  those  va lues  wi th in  the  tab le.  

Characteri stics  Symbols  Condi tions  M in .  Typ. a  Max.  Un i t  

       

a  Optional  

4.6.2  Dynamic or a.c.  characteristics  

Each  d ynam ic or a. c.  e l ectrical  characteristic shou ld  be  s tated  under speci fied  e lectrica l  
worst-case  cond i tions  wi th  respect to  the  recommended  range  of suppl y vol tages,  as  s tated  
i n  4 . 5. 1 .  

The  parameters  shou ld  be  speci fied  correspond ing  to  the  type  as  fol lows.  
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Parameters  M in .  Max.  Types  

    A B  C  D  

4. 6. 2 . 1  Li near gai n  +   +  +   +  

4 . 6. 2 . 2  Li near gai n  fl atness   +  +  +   +  

4 . 6. 2 . 3  Power gai n  +    +   +  

4 . 6. 2 . 4  Power gai n  fl atness   +   +   +  

4 . 6. 2 . 5  Gain  reduction  +    +    

4 . 6. 2 . 6  Ou tput  power +    +   +  

4 . 6. 2 . 7  Ou tput  power at  1  dB  ga in  compression  +    +   +  

4 . 6. 2 . 8  Lim i ti ng  ou tput  power +  +    +   

4 . 6. 2 . 9  Lim i ti ng  ou tput  power fl atness   +    +   

4 . 6. 2 . 1 0  I n termodu l ation  d i storti on   +    +  +  

4 . 6. 2 . 1 1  Power at  i n tercept  poi n t  +     +  +  

4 . 6. 2 . 1 2  Noise  fi gure   +  +     

4 . 6. 2 . 1 3  Magn i tude  of the  i npu t  refl ection  coeffi cien t  
( i npu t  retu rn  l oss)  

+   +  +  +  +  

4 . 6. 2 . 1 4  Magn i tude  of the  ou tpu t refl ecti on  coeffi cien t  
(ou tpu t  retu rn  l oss)  

+   +  +   +b  

4 . 6 . 2 . 1 5  Magn i tude  of the  reverse  transm iss ion  coeffi cien t  
( i solati on )  

+   +  +  +  +  

4 . 6 . 2 . 1 6  Conversion  coeffi cien t  of ampl i tude  modu l ation  to  
phase  modu l ation  (where  appropriate)  

 +    +  +  

4 . 6 . 2 . 1 7  Group  delay t ime  (where  appropri ate)   +   +  +  +  

4 . 6 . 2 . 1 8  Time  constan t for au tomatic  gain  con trol  a        

4 . 6. 2 . 1 9  Power added  effi ciency  
(where  appropriate)  

+      +  

4 . 6. 2 . 20  n th  order harmon ic d i storti on  rati o   
(where  appropriate)  (note  2)  

 +     +  

4 . 6. 2 . 21  Ou tput  noi se  power  
(where  appropriate)  

 +  
+  

   +  
+  

4 . 6. 2 . 22  Spuri ous  i n tensi ty under speci fi ed  l oad  VSWR  
(where  appropriate)  (note  2)  

 +     +  

4 . 6. 2 . 23  Ad jacent channel  power ratio  (where  appropri ate)   +     +  

4 . 6. 2 . 24  Load  m ismatch  to lerance  (where  appropriate)   +     +  

4 . 6. 2 . 25  Source  m ismatch  tol erance  (where  appropriate)   +     +  

4 . 6. 2 . 26  Load  m ismatch  ruggedness  (where  appropriate)   +     +  

NOTE  1    I t  i s  necessary for types  B  and  D  to  select e i ther the  parameter set  of 4 . 6. 2 . 1 ,  4 . 6 . 2 . 2  and  4 . 6 . 2 . 7  or 
that  of 4 . 6. 2 . 3 ,  4 . 6. 2 . 4  and  4 . 6. 2 . 6.  

NOTE  2    General l y expressed  i n  dBc.  

a  Under considerati on .  
b  Optional .  For type  D,  the  devi ces  are  sometimes  requ i red  to  speci fy under l arge  s i gnal  operati on  i nstead  of 

smal l  s i gnal  operation .  Al though  the  defi n i ti on  i s  the  same for both  operati ng  cond i t i ons,  the  d i fferen t  
measuring  method  shou l d  be  employed  for the  parameter u nder l arge  s i gna l  operation  from  that  under smal l  
s i gnal  operati on .  

The  detai l  speci fication  may ind icate  those  va lues  wi th in  the  tab le.  

Characteri stics  Symbols  Condi tions  M in .  Typ. a  M ax.  Un i t  

       

a  Optional  

 

4. 7  Mechan ical  and  environmental  ratings,  characteristics  and  data  
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Any speci fic mechan ical  and  environmental  rati ngs  appl icable  shou ld  be  stated  (see  a lso  
Subclause  5. 1 0  and  5. 1 1  of  I EC  60747-1 : 2006) .  

4.8  Addi tional  information  

Where appropriate,  the  fol lowing  i n formation  shou ld  be  g i ven .  

4.8. 1  Equ ivalent input and  ou tput ci rcu i t  

Detai l ed  i n formation  shou ld  be  g i ven  regard ing  the  type  of the  i npu t and  ou tpu t ci rcu i ts;  for 
example,  i npu t/outpu t impedances,  d . c.  b lock,  open-dra in ,  e tc.  

4.8.2  In ternal  protection  

A statement shou ld  be  g iven  to  i nd icate  whether the  i n tegrated  ci rcu i t contains  in ternal  
protection  against h i gh  static  vol tages  or e lectrical  fi el ds .  

4.8.3  Capacitors  at  terminals  

I f capaci tors  for the  i npu t/ou tput d . c.  b l ock are  needed ,  these  capaci tances  shou ld  be  stated .  

4.8.4  Thermal  resistance  

4.8.5  In terconnections  to  other types  of ci rcu i t  

Where appropriate,  deta i l s  of the  i n terconnections  to  other ci rcu i ts,  for example,  detector 
ci rcu i t for AGC,  sense  ampl i fi ers ,  buffer,  shou ld  be  g i ven .  

4.8.6  Effects  of external ly connected  component(s)  

Curves  or data  i nd icati ng  the  effect of external l y connected  component(s)  that i n fl uence the  
characteristics  may be  g iven .  

4.8.7  Recommendations  for any associated  device(s)  

For example,  decoupl i ng  of power suppl y to  a  h igh -frequency device  shou ld  be  stated .  

4.8.8  Handl ing  precautions  

Where appropriate,  hand l i ng  precau tions  speci fic to  the  ci rcu i t  shou ld  be  stated  (see  a lso  
I EC 61 340-5-1  and  I EC  61 340-5-2) .  

4.8.9  Appl ication  data  

4.8. 1 0   Other appl ication  i nformation  

4.8. 1 1   Date  of i ssue of the  data sheet  

5 Measuring  methods  

5. 1  General  

5. 1 . 1  Characteristic impedances   

The input and  output characteristic impedances  of the  measurement system ,  shown  i n  the  
ci rcu i t i n  th is  standard ,  are  50  Ω .  I f they are  not 50  Ω ,  they shou ld  be  speci fi ed .  

5.1 .2  General  precautions  

The general  precautions  l i sted  in  cl ause  6. 3 ,  6 . 4  and  6 . 6  of I EC 60747-1 : 2006  appl y.  I n  
add i ti on ,  special  care  shou ld  be  taken  to  use  low-ripple  d . c.  suppl ies  and  to  decouple  
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adequatel y al l  b ias  supply vol tages  at the  frequency of measurement.  Also  specia l  care  abou t 
the  l oad  impedance  of the  test ci rcu i t  shou ld  be  taken  to  measure  the  ou tpu t power.  

The  power l evels  are  i nd icated  by us ing  the  un i t "dBm".  The  un i t "dBm"  expresses  decibel  
referred  to  1  mW.  

5.1 .3  Handl ing  precautions  

When  hand l ing  e lectrostatic-sensi ti ve  devices,  the  hand l i ng  precautions  g i ven  i n  I EC 61 340-5-
1  and  I EC 61 340-5-2,  shal l  be  observed .  

5. 1 .4  Types  

The devices in  th is  standard  are both  package and  chip types,  measured  using  suitable test fixtures.  

5.2  Linear (power)  gain  (Gl i n )  

5. 2. 1  Purpose  

To measure  the  l i near ga in  under speci fied  cond i ti ons.  

5.2.2  Ci rcu i t  d iagram  

Isolator
Variable
attenuator

Directional
coupler

Directional
coupler Device

being
measured

Signal
generator

Power
meter 1

Power
meter 2

Bias
supply

Spectrum
analyser

E B C

A

D

Frequency
meter

IEC   2246/01  

Figure 1  – Ci rcu i t  for the  measurements  of l inear gain  

5.2.3  Principle  of measurement 

I n  the  ci rcu i t  d i agram  shown  in  fi gure  1 ,  the  i npu t power Pi  and  the  ou tpu t power Po  of the  
device  being  measured  are  derived  from  the  fol l owing  equations:  

 Pi  =  P1  +  L1   (1 )  

 Po  =  P2  +  L2  (2)  

where  P1  and  P2  are  the  value  i nd icated  by the  power meters  1  and  2 ,  respectivel y.  

 L1  =  LA – LB  

where  LA i s  the  l oss  from  poin t E  to  poin t A and  LB  i s  the  l oss  from  poin t E  to  poin t B  shown  i n  
figure  1 ,  respectivel y.  
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L2  i s  the  ci rcu i t l oss  from  poin t C  to  poin t  D  shown  in  fi gure  1 .  Pi ,  Po ,  P1  and  P2  are  expressed  
i n  dBm.  L1  and  L2  are  expressed  i n  decibels.  

Power gain  Gp  i n  dB  is  derived  from  equation  (1 )  and  (2)  as  fo l l ows:  

 Gp  =  Po – Pi   (3)  

The  l i near gain  Gl i n  i s  the  power gain  measured  i n  the  reg ion  where  the  change  of the  ou tpu t  
power i n  dBm  is  the  same as  that of the  i npu t power.  

5.2.4  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

The purpose  of the  isolator i s  to  enable  the  power level  to  the  device  be ing  measured  to  be  
kept constant  i rrespective  of impedance m ismatches  at  i ts  i npu t.  

The  ci rcu i t  l osses  L1  and  L2  shou ld  be  measured  beforehand .  

5.2.5  Precautions  to  be  observed  

Osci l lation ,  wh ich  i s  checked  by a  spectrum  anal yser,  shou ld  be  e l im inated  during  these  
measurements.  The  term ination  must  be  capable  of hand l i ng  the  power fed .  

Harmon ics  or spurious  responses  of the  s i gnal  generator shou ld  be  reduced  to  neg l ig ib le.  

5.2.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s i gnal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  va lue.  

The  b ias  under speci fied  cond i tions  is  appl i ed .  

An  adequate  input  power i s  appl ied  to  the  device  being  measured .  

By varying  input power,  confi rm  that the  change of the  ou tpu t power in  dBm  is  the  same as  
that of the  input power.  

The  gain  measured  in  the  reg ion  where  the  change of ou tpu t power i s  the  same as  that of 
i nput  power i s  l i near ga in  Gl i n .  

5.2.7  Specified  cond i tions  

– Ambient  or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i tions  

– Frequency 

5.3  Linear (power)  gain  flatness  (∆Gl i n )  

5.3. 1  Purpose  

To measure  the  l i near gain  fl atness  under speci fi ed  cond i ti ons.  

5.3.2  Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d i agram  shown  i n  fi gure  1 .  

5.3.3  Principle  of measurement 

See  the  princip le  of measurements  of 5. 2 . 3 .  

L inear gain  fl atness  i s  derived  from  the  fo l l owing  equation .  

 ∆Gl i n  =  G l i nmax – Gl i nm in   (4)  
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where  Gl i nmax and  Gl i nm in  are  maximum  l inear ga in  and  m in imum  l i near gain  i n  the  speci fi ed  
frequency band  at the  speci fi ed  i nput  power,  respective l y.  

5.3.4  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ i rements  of 5. 2. 4.  

5.3.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 2. 5.  

5.3.6  Measurement procedure   

The frequency of the  s ignal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  i s  appl ied .  

An  adequate  input power l evel  i s  appl i ed  to  the  device  being  measured .  

By varying  i npu t power l evel ,  confi rm  that the  change  of ou tpu t power i n  dBm  is  the  same as  
that  of i npu t power.  

Decide  the  su i table  i nput power l evel  for measuring  l i near ga in .  

Vary the  frequency i n  the  speci fi ed  frequency band  wi th  the  same i npu t power level .  

Obtain  the  maximum  l i near gain  G l i nmax and  the  m in imum  l i near gain  G l i nm in  i n  the  speci fied  
frequency band .  

L inear gain  fl atness  ∆Gl i n  i s  derived  from  equation  (4).   

5.3.7  Specified  cond i tions  

– Ambient  or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i tions  

– Frequency band  

5.4 Power gain  (Gp)  

5.4. 1  Purpose  

To measure  the  power ga in  under speci fied  cond i tions.  

5.4.2  Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d i agram  shown  i n  fi gure  1 .  

5.4.3  Principle  of measurement 

See  the  princip le  of measurements  of 5. 2 . 3 .  

5.4.4  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ i rements  of 5. 2. 4.  

5.4.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 2 . 5.  
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5.4.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s ignal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  va lue.  

The  b ias  under speci fied  cond i tions  i s  appl i ed .  

The  speci fied  i npu t power Pi  i s  appl ied  to  the  device  being  measured .  

The  ou tpu t power Po i s  measured .  

5.4.7  Specified  cond itions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency 

– I nput power 

5.5  (Power)  gain  flatness  (∆Gp)  

5.5. 1  Purpose  

To measure  the  power gain  fl atness  under speci fied  cond i ti ons.  

5.5.2  Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d i agram  shown  i n  fi gure  1 .  

5.5.3  Principle  of measurement 

See  the  princip le  of measurements  of 5. 2 . 3 .  

Power gain  fl atness  is  derived  from  the  fol l owing  equation .  

 ∆Gp  =  Gpmax – Gpm in   (5)  

where  Gpmax and  Gpm in  are  the  maximum  power gain  and  the  m in imum  power gain  i n  the  
speci fied  frequency band  at the  speci fied  i nput power,  respective l y.  

5.5.4  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ irements  of 5. 2. 4.  

5.5.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 2. 5.  

5.5.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s i gnal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  va lue.  

The  b ias  under speci fied  cond i tions  is  appl i ed .  

The  i nput power Pi  i s  appl ied  to  the  device  being  measured .  

The  ou tpu t power Po i s  measured .  

The  power gain  i s  calcu lated  by equation  (3) .  
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The  frequency i n  the  speci fi ed  band  is  varied  con ti nuousl y wi th  the  same inpu t power l evel .  

Obtain  the  maximum  power gain  Gpmax and  the  m in imum  power ga in  Gpm in  i n  the  speci fi ed  
frequency band .  

Power gain  fl atness  is  derived  from  equation  (5) .  

5.5.7  Specified  cond itions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency band   

– I npu t power 

5.6  (Maximum avai lable)  gain  reduction  (∆Gred )  

5. 6. 1  Purpose  

To measure  the  gain  reduction  of an  AGC ampl i fier under speci fied  cond i ti ons.  

5.6.2  Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d i agram  shown  i n  fi gure  1 ,  where  b ias  suppl y contains  AGC bias .  

5.6.3  Principle  of measurement 

See  the  princip le  of measurements  of 5. 2 . 3 .  

5.6.4  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ irements  of 5. 2. 4.  

5.6.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 2 . 5.  

5.6.6  Measurement procedure  

The  frequency of the  s i gnal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i tions  is  appl i ed .  

The  AGC bias  i s  set  to  speci fied  values  g iving  the  maximum  l i near ga in  Gl i nmax.  

An  adequate  inpu t power is  appl ied  to  the  device  being  measured .  

By varying  i npu t power,  confi rm  the  change  of ou tput power i n  dBm  is  the  same as  that of 
i nput power.  

The  gain ,  measured  in  the  reg ion  where  the  change of ou tpu t power i s  the  same as  that of 
i nput power,  i s  maximum  l i near gain  Gl i nmax.  

The  AGC bias  i s  set  to  the  speci fied  value  g i ving  the  m in imum  l i near gain  Gl i nm in .  

The  m in imum  l inear gain  Gl i nm in  i s  measured  i n  dB  i n  the  same way as  above.  

 ∆Gred  =  Gl i nmax – Gl i nm in  (6)  
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5.6.7  Specified  cond itions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency 

– AGC bias  g iving  the  maximum  l i near ga in  and  the  m in imum  l inear ga in  

5.7  Limiting  output  power (Po(l tg ))  and  l im iting  output power fl atness  (∆Po(l tg ))  

5.7. 1  Purpose  

To measure the l im iting  output power and  l im iting  output power flatness under specified  conditions.  

5.7.2  Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d i agram  shown  i n  fi gure  1 .  

5.7.3  Principle  of measurement 

See  the  princip le  of measurements  of 5. 2 . 3 .  

5.7.4  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ i rements  of 5. 2 . 4.  

5.7.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 2. 5.  

5.7.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s i gnal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  va lue.  

The  b ias  under speci fied  cond i tions  i s  appl i ed .  

The  i nput power Pi  i s  appl ied  to  the  device  being  measured .  

The  ou tpu t power Po i s  measured .  

By varying  the  i nput power between  the  lower and  upper l im i ts  of l im i ti ng  range,  fi nd  the  
m in imum  and  maximum  ou tpu t powers  (Po(l tg ,m in )  and  Po(l tg ,max)) .  

The  l im i ti ng  ou tput power (Po(l tg ))  and  l im i ting  ou tput power fl atness  (∆Po(l tg ))  are  derived  from  
the  fol l owing  equations:  

 Po(l tg )  =  Po(l tg ,max)   (7)  

 ∆Po(l tg )  =  Po(l tg ,max)  – Po(l tg ,m in )   (8)  

5.7.7  Specified  cond itions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency 

– Lower l im i t of l im i ting  range  

– Upper l im i t of l im i ting  range  
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5.8  Output power (Po)  

5. 8. 1  Purpose  

To measure  the  ou tpu t power under speci fi ed  cond i tions.  

5.8.2  Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d i agram  shown  i n  fi gure  1 .  

5.8.3  Principle  of measurement 

See  the  princip le  of measurements  of 5. 2 . 3 .  

5.8.4  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ irements  of 5. 2. 4.  

5.8.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 2. 5.  

5.8.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s ignal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  value.  

The  speci fied  b ias  cond i tions  are  appl ied .  

The  i nput  power wi th  the  speci fied  value  is  appl i ed  to  the  device  being  measured .  

The  ou tpu t power is  measured .  

5.8.7  Specified  cond itions  

– Ambient  or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency band  

– I nput  power 

5.9  Output power at 1  dB  gain  compression  (Po(1 dB))  

5. 9. 1  Purpose  

To measure  the  ou tpu t power a t 1  dB  ga in  compress ion  under speci fied  cond i ti ons.  

5.9.2  Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d iagram  shown  i n  fi gure  1 .  

5.9.3  Principle  of measurement 

See  the  princip le  of measurements  of 5. 2 . 3 .  

The  ou tpu t power at 1  dB  ga in -compress ion  Po(1 dB)  i s  the  value  where  the  ga i n  decreases  by 
1  dB  compared  wi th  the  l i near ga in .  
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5.9.4  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ i rements  of 5. 2 . 4.  

5.9.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 2. 5.  

5.9.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s i gnal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  i s  appl ied .  

An  adequate  input power is  appl ied  to  the  device  being  measured .  

By varying  i npu t power,  confi rm  that  the  change of ou tput  power i n  decibels  i s  the  same as  
that  of i npu t power.  

The  ga in ,  measured  i n  the  reg ion  where  the  change of ou tpu t power i n  decibels  i s  the  same 
as  that of input  power,  i s  l i near gain  Gl i n .  

The  i npu t power is  i ncreased  up  to  the  power at wh ich  the  gain  decreases  by 1  dB,  compared  
wi th  l inear ga in  Gl i n .  

The  ou tpu t power is  measured  at 1  dB  ga in  compress ion  poin t.  

5.9.7  Specified  cond itions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency 

5.1 0   Noise  figure  (F)  

5. 1 0. 1    Pu rpose  

To measure  the  noise  figure  under speci fied  cond i ti ons.  

5. 1 0.2    C i rcu i t  d iagram  

Signal
generator

Frequency
meter

Noise
meter Mixer

Low noise
amplifier

Noise
source

Isolator
Device being
measured Isolator

Bias supply

A B C

IEC   2247/01  
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Figure 2  – Basic ci rcu i t  for the  measurement of the  noise  figure  

5. 1 0.3    Principle  of measurement 

The noise  figure  F of the  device  be ing  measured  i s  derived  from  the  fol l owing  equation :  
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where  

F1 2  i s  the  overal l  noise  figure;  

L1  i s  the  ci rcu i t l oss  from  poin t  A to  B ;  

F2  i s  the  noise  fi gure  after poin t C  at  the  ou tpu t stage;  

Gl i n  i s  the  l i near gain  of the  device  being  measured ;  

F1 2 ,  F2 ,  Gl i n  and  L1  are  expressed  i n  dB.  

The  noise  figure  measurement i s  carried  ou t by u sing  the  hot and  cold  measurement method .  

F1 2 ,  F2  and  Gl i n  are  ca lcu lated  as  fo l l ows.  
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where  

ENR  i s  the  excess  noise  ratio  of the  no ise  source expressed  in  decibels ;   

PN1  and  PN2  i n  W,  are  the  measured  noise  powers  under the  hot and  cold  state  of the  noise  
source,  respective l y;  

PN3  and  PN4  i n  W,  are  the  measured  noise  powers  under the  hot and  cold  state  of the  noise  
source,  respective l y,  i n  the  case  of d i rectl y connecting  poin t A to  C  i n  fi gure  2 .  

The  temperature  of the  measurement i s  290  K.  

5.1 0.4    C i rcui t  description  and  requ i rements  

The ci rcu i t  l oss  L1  shou ld  be  measured  beforehand .  

5.1 0.5    Precautions  to  be  observed  

The en ti re  ci rcu i t must be  sh ielded  and  earthed  to  prevent from  undesi red  s i gnals .  For noise  
figure  measurement under the  SSB cond i ti on ,  carefu l  atten tion  must be  pa id  to  the  image and  
other spurious  responses  wh ich  are  generated  by the  m ixer.  

These  spurious  responses  shou ld  be  reduced  to  neg l ig ib le.  

5.1 0.6    Measurement procedure  

The frequency of the  s ignal  generator i s  ad justed  to  the  speci fied  cond i tion .  
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I n  order to  measure  the  noise  contribu tion  of the  measurement system ,  connect poin t  A to  C  
i n  fi gure  2  wi thou t the  device  be ing  measured .  

The  noise  power PN3 and  PN4  correspond ing  to  the  noise  source  hot and  cold ,  respectivel y,  
are  measured .  

The  device  being  measured  is  i nserted  as  shown  i n  figure  2 .  

The  b ias  under speci fied  cond i tions  is  appl i ed .  

The  noise  power PN1  and  PN2  correspond ing  to  the  noise  source  hot and  cold ,  respectivel y,  
are  measured .  

The  noise  figure  i n  decibels  i s  ca lcu lated  by equation  (9).  

NOTE  Ad j ust  to  match  the  i npu t  and  ou tpu t  impedance  of the  device  being  measured ,  when  necessary.  

5. 1 0.7    Specified  cond i tions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency 

– S ing le-s ide  band  or double-side  band  

5. 1 1   In termodulation  d istortion  (two-tone)  (Pn /P1 )  

5. 1 1 . 1    Purpose  

To measure  the  i n termodu lation  d istortion  under speci fied  cond i tions.  

5.1 1 .2    C i rcu i t  d iagram  
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Isolator
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attenuator 2

Variable
attenuator 1
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Variable
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Isolator

Frequency
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Figure 3  – Basic ci rcu i t  for the  measurements  of two-tone  i n termodu lation  d istortion  

5. 1 1 .3    Principle  of measurement  

I n  the  ci rcu i t d i agram  shown  i n  fi gure  3  the  i npu t power Pi ,  the  ou tpu t powers  P1  and  Pn  of the  
device  be ing  measured  are  derived  from  the  fol lowing  equations:  

 Pi  =  Pa  +  L1  (1 3)  

  P1  =  Pb  +  L2  (1 4)  

 Pn  =  Pc +  L2  ( 1 5)  

where  

P1  and  Pn     are  the  powers  of the  fundamenta l  s i gnal  and  the  in termodu lation  d istortion ,  
respective l y;  

Pa ,  Pb  and  Pc  are  the  va lues  i nd icated  by the  spectrum  analyser and  correspond ing  to  Pi ,  P1  
and  Pn ,  respective l y.  

L1   i s  the  d i fference between  the  l oss  LA and  LB  where  LA i s  the  loss  from  poin t E  
 to  poin t A and  LB  i s  the  l oss  from  poin t E  to  poin t  B  shown  in  F igure  3,  
 respectivel y.  L2  i s  the  ci rcu i t l oss  from  poin t C  to  poin t D  shown  i n  fi gure  3 .  Pi ,  
  P1 ,  Pn ,  Pa ,  Pb  and  Pc are  expressed  in  dBm.  L1  and  L2  are  expressed  i n  
 decibels .  

The  i n termodu lation  d istortion ,  Pn/P1 ,  wh ich  is  expressed  i n  dBc,  i s  derived  from  Equations  
(1 4)  and  (1 5)  as  fo l lows:  

 Pn /P1   =  Pn  –   P1   =  Pc  – Pb  ( 1 6)  

5. 1 1 .4    C i rcu i t  description  and  requ irements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ i rements  of 5. 2 . 4.  

The  variable  attenuator 3  can  be  e l im inated .  

5. 1 1 .5    Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 2. 5.  

I t  is  better to terminate the port D,  when  the switch  is  connected  to  the position  A,  and  vice versa.  

5. 1 1 .6    Measurement procedure  

The b ias  under speci fied  cond i tions  i s  appl i ed .  

The  swi tch  i s  connected  to  posi tion  A.  

The  s ignal  generator 1  i s  tu rned  on ,  and  the  fundamenta l  s igna l  i s  appl ied  to  the  device  be ing  
measured  wi th  the specified  level  Pi  using  the spectrum  analyser and  the variable  attenuator 1 .  

The  s ignal  generator 2  i s  tu rned  on ,  and  another s i gnal  i s  added  to  the  device  being  
measured  wi th  the  same l evel  as  the  fundamental  s i gnal  using  the  spectrum  anal yser and  the  
variable  attenuator 2 .  

The  swi tch  i s  connected  to  posi tion  D .  

The  output powers  Pb  and  Pc i n  dB  of the  fundamental  s i gnal  and  the  i n termodu lation  products  
are  measured  us ing  the  spectrum  anal yser.  



I EC 60747-1 6-1 : 2001 +AMD1 : 2007  – 31  – 
+AMD2: 201 7  CSV © I EC 201 7  

The intermodulation  d istortion  on  the specified  input power Pi  is  derived  from  the equations  (1 3) 
to  (1 6) .  

5. 1 1 .7    Specified  cond itions  

– Ambient  or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– I nput  power 

– Frequencies  

5.1 2  Power at  the  in tercept point  (for in termodulation  products)  (Pn(IP))  

5. 1 2. 1    Purpose  

To measure the power at the intercept point for intermodulation  products under specified  conditions.  

5. 1 2.2    C i rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d iagram  of 5. 1 1 . 2.  

5. 1 2.3    Principle  of measurement 

Refer the  pri ncip le  of measurements  of 5. 1 1 . 3.  

5. 1 2.4    C i rcu i t  description  and  requ irements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ irements  of 5. 1 1 . 4.  

5. 1 2.5    Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 5 . 1 1 . 5.  

5. 1 2.6    Measurement procedure  

The b ias  under speci fied  cond i ti ons  is  appl i ed .  

The  swi tch  i s  connected  to  posi tion  A.  

The  s ignal  generator 1  i s  tu rned  on ,  and  the  fundamental  s i gnal  i s  appl i ed  to  the  device  being  
measured  wi th  the  speci fi ed  level  us ing  the  spectrum  anal yser and  the  variable  attenuator 1 .  

The  s ignal  generator 2  i s  tu rned  on ,  and  another s ignal  i s  appl ied  to  the  device  being  
measured  wi th  the  same l evel  as  the  fundamental  s i gnal  using  the  spectrum  anal yser and  the  
variable  attenuator 2 .  

The  swi tch  is  connected  to  posi tion  D .   

The  output powers  of the  fundamental  s i gnal  and  the  speci fi ed  i n termodu lation  products  are  
measured  us ing  the  spectrum  anal yser.   

Chang ing  the  power l evel  of the  i nput s ignals  us ing  the  variable  attenuator 3 ,  the  above 
procedure  i s  repeated  wi th in  the  speci fied  range.  

The  data  obtained  are  plotted .  

The  stra igh t l ines  of the  fundamental  s ignal  and  the  i n ter-modu lation  products  i n  the  l i near 
reg ion  are  extended .  

The  ou tput power at the  i n tercept poin t of the  two extended  l i nes  i s  the  power at the  i n tercept 
poin t for the  in termodu lation  products,  i . e .  second  order,  th i rd  order etc. ,  under the  speci fi ed  
cond i tions  requ i red  i n  5. 1 2 . 7.  
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5.1 2.7    Specified  cond i tions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– I npu t power 

– Frequencies  

– Range  of i npu t power 

5. 1 3   Magnitude  of the  input  reflection  coefficient  ( i nput return  loss)  ( |S1 1 | )  

5. 1 3. 1    Purpose  

To measure  the  magn i tude  of the  i npu t reflection  coefficien t ( i nput  return  l oss)  under speci fi ed  
cond i tions.  

5. 1 3.2    C i rcu i t  d iagram  

Signal
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meter

Directional
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Device
being

measured
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Power
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Bias supply

A B

IEC   2249/01
 

Figure 4  – Ci rcu i t  for the  measurements  of magni tude  of input/output reflection  
coefficient  ( input/output return  loss)  

NOTE  A network anal yser may be  used  to  measure  the  magn i tude  of the  refl ection  coeffi cien t  ( i npu t/ou tpu t  
retu rn  l oss).  

5. 1 3.3    Principle  of measurement  

I n  th is  measurement,  the  magn i tude  of the  reflection  coefficient i s  expressed  i n  retu rn  l oss,  
wh ich  i s  commonl y i n  use.  Thus,  the  s ign  of the  return  loss  i s  opposi te  to  that of the  
magn i tude  of the  reflection  coefficient  i n  decibels.  

The  i npu t return  l oss  i s  derived  from  the  fol l owing  equation :  

  |S1 1 |  (dB)  =  P1  (dBm)  – P2  (dBm)  (1 7)  

where  

P1  i s  the  measured  power when  the  l i ne  at poin t A is  e i ther short-ci rcu i ted  or made  open-
circu i t;  

P2  i s  the  measured  power when  the  deviced  being  measured  is  i nserted .  

5. 1 3.4    C i rcu i t  description  and  requ irements  

The  purpose  of the  i sol ator i s  to  enable  the  power level  to  the  device  be ing  measured  to  be  
kept constant,  i rrespective  of impedance m ismatches  at  i ts  i npu t.  
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The  i npu t port of the  device  being  measured  i s  connected  to  d i rectional  coupler,  and  other r. f.  
ports  are  connected  to  the  term ination .  

The  d i rectivi ty of the  d i rectional  coupler sha l l  be  sufficient  to  avoid  undue  error i n  the  value  of 
the  return  l oss  of the  device  being  measured .  

5.1 3.5    Precautions  to  be  observed  

As speci fied  i n  5. 1 . 2.  

5.1 3.6    Measurement procedure  

The frequency of the  s ignal  generator i s  ad justed  to  the  speci fied  value.  

Poin ts  A and  B  are  d isconnected .  

The  l ine  at poin t A i s  e i ther short-ci rcu i ted  or made  open-ci rcu i t.  

The  read ing  of the  power meter i s  recorded  as  P1 .  

The  device  be ing  measured  i s  i nserted  between  poin ts  A and  B .  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  is  appl ied .  

The  read ing  of the  power meter i s  again  recorded  as  P2 .  

The  i npu t return  l oss  i s  ca lcu lated  by the  equation  (1 7) .  

5. 1 3.7    Specified  cond i tions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency 

– I npu t power 

5.1 4    Magnitude of the  output reflection  coefficient  (output return  loss)  ( |S22 | )  

The defin i tion  of the  parameter of the  magn i tude  of the  ou tpu t reflection  coefficient  |S22 |  i s  the  
on l y one  for a l l  the  operati ng  cond i ti on  of the  devices;  however,  i t  i s  necessary to  appl y the  
d i fferent measuring  methods  accord ing  to  the  operati ng  cond i ti ons.  Note  that the  value  of |S22 |  
depends  on  the  operating  ou tpu t power l evel .  

The  method  described  i n  5. 1 4 . 1  i s  for the  measurement under the  smal l -s ignal  operating  
cond i ti on ,  whereas  5 . 1 4. 2  is  the  measuring  method  for the  l arge-s ignal  operati ng  cond i ti on .  

5.1 4. 1  Magni tude of the  output reflection  coefficient (output  return  loss)   
under smal l -signal  operating  condi tion  

5. 1 4. 1 . 1   Purpose  

To measure  the  magn i tude  of the  ou tput reflection  coefficien t (ou tpu t return  l oss)  under 
speci fied  smal l -s ignal  cond i tions.  

5.1 4. 1 . 2   Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d i agram  shown  i n  fi gure  4.  

5.1 4. 1 .3   Principle  of measurement  

See  the  princip le  of measurements  i n  5 . 1 3.3 .  

The  ou tpu t return  l oss  i s  derived  from  the  fol l owing  equation :  
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       |S22 |  (dB)  =  P1 (dBm )  – P2  (dBm )   (1 8)  

where  

P1   i s  the  measured  power when  the  l i ne  at poin t A i s  e i ther short-ci rcu i ted  or made open-
ci rcu i t;  

P2   i s  the  measured  power when  the  device  being  measured  i s  i nserted .  

5.1 4. 1 .4   Ci rcu i t  description  and  requ irements  

The purpose  of the  isolator i s  to  enable  the  power level  to  the  device  be ing  measured  to  be  
kept constant  i rrespective  of impedance m ismatches  at  i ts  i npu t.  

The  outpu t port of the  device  being  measured  i s  connected  to  d i rectional  coupler,  and  other 
r. f.  ports  are  connected  to  the  term ination .  

The  d i rectivi ty of the  d i rectional  coupler sha l l  be  sufficient  to  avoid  undue  error i n  va lue  of the  
return  l oss  of the  device  be ing  measured .  

5.1 4. 1 .5   Precautions  to  be  observed  

As speci fied  i n  5. 1 . 2.  

5.1 4. 1 .6   Measurement  procedure  

The frequency of the  s ignal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  value.  

Poin ts  A and  B  are  d isconnected .  

The  l ine  at poin t A i s  e i ther short-ci rcu i ted  or made open-ci rcu i t.  

The  read ing  of the  power meter i s  recorded  as  P1 .  

The  device  be ing  measured  i s  i nserted  between  poin ts  A and  B .  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  is  appl ied .  

The  read ing  of the  power meter i s  again  recorded  as  P2 .  

The  ou tpu t return  l oss  i s  ca lcu lated  by the  equation  (1 8).  

5. 1 4. 1 .7   Speci fied  conditions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency 

– I nput power 

5.1 4.2  Magni tude of the  output reflection  coefficient (output  return  loss)   
under l arge-signal  operating  condition  

5. 1 4.2. 1   Purpose  

To measure  the  magn i tude  of the  ou tpu t reflection  coefficient (ou tpu t retu rn  l oss  |S22 | )  under 
the  speci fi ed  large-s ignal  operation .  
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5.1 4.2.2   Ci rcu i t  d iagram  

Frequency
meter

Signal
generator 1

dB

Power
meter 1

Device
being

measured

A

X

Y

Spectrum
analyser

RF switch

G f

Isolator 1

f

Termination

Variable
attenuator

W

W

Power
meter 2

Bias
supply

Power
meter 3

W

Isolator 2

G fSignal
generator 2

Termination

Termination Termination

IEC   2250/01

 

Figure 5  – Ci rcu i t  for the  measurement of output reflection  coefficient  

5. 1 4.2.3   Principle  of measurement 

See  the  princip le  of measurements  i n  5 . 1 3. 3.  

The  ou tpu t return  l oss  i s  derived  from  fo l lowing  equation :  

    |S22 |  (dB)  =  P1 (dBm )  – P2  (dBm )  (1 9)  

where  

P1   i s  the  value  i nd icated  on  the  spectrum  anal yser when  the  r. f.  swi tch  is  tu rned  to  Y,  i n  dBm;  

P2   i s  the  value  i nd icated  on  the  spectrum  anal yser when  the  r. f.  swi tch  is  tu rned  to  A,  i n  dBm.  

5.1 4.2.4  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

The purposes  of the  i so lators  are  to  enable  the  power l evel  to  the  device  be ing  measured  to  
be  kept constan t i rrespective  of impedance m ismatched  at  i ts  i npu t.  

The  s i gnal  generator 1  suppl ies  speci fied  power to  the  device  being  measured ,  and  the  
generator 2  i s  s ignal  source  to  measure  the  outpu t  reflection  coefficient.  

5.1 4.2.5   Precautions  to  be  observed  

Osci l lation,  which  is  checked  by spectrum  analyser,  should  be el im inated  during  measurement.   
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Harmon ics  or spurious  responses  of the  s i gnal  generators  shou ld  be  reduced  to  be  neg l ig ib le.  

Separate  the  frequency of s i gnal  generator 1  (f1 )  and  generator 2  (f2)  wi th in  the  neg l ig ib le  of 
the  frequency response  of the  device  being  measured .   

5. 1 4.2.6   Measurement procedure  

The frequency of the  s ignal  generator 1  for i npu t s ignal  shou ld  be  set to  the  speci fied  
value  (f1 ) .  

The  frequency of the  s ignal  generator 2  for ou tput reflection  s ignal  shou ld  be  set  to  the  
speci fied  va lue  (f2) .  

The  r. f.  swi tch  i s  tu rned  to  X.  

The  power of s i gnal  generator 2  shou ld  be  ad j usted  20  dB  l ess  than  the  speci fi ed  ou tpu t 
power of the  device  being  measured .  

The  r. f.  swi tch  i s  tu rned  to  Y.  

The  i nd icated  power on  the  spectrum  anal yser shou ld  be  recorded  (P1 ) .  

The  r. f.  swi tch  i s  tu rned  to  A.  

The  b iases  under speci fi ed  cond i tions  are  appl ied .  

The  speci fied  power shou ld  be  appl i ed  to  the  device  being  measured .  

Record  the  i nd icated  power on  the  spectrum  anal yser (P2) .  

The  ou tpu t reflection  coefficien t i s  ca lcu lated  from  equation  (1 9).  

5.1 4.2.7   Speci fied  condi tions  

– Ambient  temperature  or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i tions  

– Frequencies  

– I nput  power 

– Output  power 

5.1 5  Magni tude of the  reverse transmission  coefficient ( i solation)  ( |S1 2 | )  

5. 1 5. 1    Pu rpose  

To measure  the  magn i tude  of the  reverse  transm iss ion  coefficien t ( i so lation)  under speci fied  
cond i ti ons.  
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5. 1 5.2    C i rcu i t  d iagram  
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Figure  6  – Ci rcu i t  for the  measurement of isolation  

NOTE  A network analyser can  a l so  be  used  to  measure  the  magn i tude  of the  i solati on .  

5. 1 5.3    Principle  of measurement  

The ou tpu t port of the  device  be ing  measured  i s  connected  to  the  isolator,  and  the  i nput port 
i s  connected  to  the  term ination .  

The  i nput  power at  poin t  A is  P1  and  ou tput  power at  poin t  B  i s  P2 .  

The  isolation  i s  derived  from  equation  (20)  as  fo l lows:  

  |S1 2 |  (dB)  =  P1  (dBm)  – P2  (dBm)  (20)  

5. 1 5.4    C i rcu i t  description  and  requ irements  

The purpose  of the  i so lator i s  to  enable  the  power level  to  the  device  being  measured  to  be  
kept constant i rrespective  of impedance m ismatches  at  i ts  ou tput ports .  

The  output port of the  device  be ing  measured  is  connected  to  i solator,  and  i nput port i s  
connected  to  the  term ination .  

The  d ynam ic range  of the  power meter shal l  be  large  i n  comparison  to  the  reverse  
transm ission  coefficient  of the  device  under measurement.  

5. 1 5.5    Precautions  to  be  observed  

As speci fied  in  5. 1 . 2.  

5. 1 5.6    Measurement procedure  

The frequency of the  s i gnal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  va lue.  

Poin ts  A and  B  are  connected  wi thout inserting  the  device  being  measured .  

The  read ing  of the  i npu t power i nd icated  by meters  i s  recorded  as  P1 .  

The  device  being  measured  is  then  i nserted  between  poin ts  A and  B.  

The  b ias  under speci fied  cond i tions  i s  appl i ed .  

The  ou tpu t power now recorded  by the  meter i s  noted  as  P2 .  

The  reverse  transm ission  coefficient i s  derived  from  the  equation  (20) .  
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5.1 5.7  Specified  cond itions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency 

– I nput power 

5.1 6  Conversion  coefficient of ampl i tude  modu lation  to  phase  modulation  (α (AM -PM ))  

5. 1 6. 1    Purpose  

To measure  the  convers ion  coefficient  of ampl i tude  modu lation  to  phase  modu lation  under 
speci fied  cond i tions.  

5. 1 6.2  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure  7  – Basic ci rcu i t  for the  measurement of  α (AM-PM)  

NOTE  A network anal yser can  a l so  be  used  to  measure  the  conversion  coeffi cien t  of ampl i tude  modu lation  to  
phase  modu l ation .  

5. 1 6.3  Principle  of measurement 

I n  the  ci rcu i t d iagram  shown  i n  fi gure  7 ,  the  i npu t power P i  i s  derived  from  the  fol lowing  
equation :  

 Pi  =  P1  +  L1  (21 )  

where  

P1  i s  the  va lue  i nd icated  by the  power meter;  

L1  i s  the  ci rcu i t l oss  from  poin t  A to  poin t B  shown  in  figure  7 .  

The  ou tpu t s i gnal -phase  φ0  i n  the  ci rcu i t  d i agram  i s  derived  from  the  fol lowing  equation :  

 φ0  =  φ1  –  φ2  (22)  

where  

φ1 ,  φ2  are  the  phase  d i fferences  from  poin t B  to  poin t C  and  from  poin t D  to  poin t  E  shown  i n  
figure  7  at  the  speci fied  i npu t power P i ,  respective l y.  
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Pi ,  P1  are  expressed  i n  dBm.  L1  i s  expressed  in  decibels .  φ0 ,  φ1 ,  and  φ2  are  expressed  i n  
degrees.  

The  convers ion  coefficien t of ampl i tude  modu lation  to  phase  modu lation  i s  derived  from  
equations  (21 )  and  (22)  as  fol l ows:  

 α(AM–PM)  =  ∆φ0/∆P1  (23)  

where  

∆P1  i s  the  i nput power change accord ing  to  the  modu lation  of variable  attenuator;  

∆φ0  i s  the  s ignal -phase  deviation  correspond ing  to  the  change of i nput  power.  

5.1 6.4  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ i rements  of 5. 2 . 4.  

I t  i s  better that the  th rough-ci rcu i try s i gnal  phase  i s  measured  beforehand  and  the  phase  
sh i fter shown  in  figure  7  ad j usted  to  φ0  =  0  for the  conven ience  of the  deviation  calcu lation ,  
before  instal l i ng  the  device  being  measured .  

5.1 6.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  i n  5. 2 . 5.  

Harmon ics  or spu rious  responses  of the  s ignal  generator and  the  device  being  measured  
shou ld  be  reduced  to  a  neg l ig ib le  l evel .  

5.1 6.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s i gnal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  va lue.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  i s  appl i ed .  

A speci fied  i nput power i s  appl i ed  to  the  device  being  measured .  

Measure  the  s i gnal -phase  φ1  and  φ2 ,  then  calcu late  φ0  accord ing  to  the  equation  (22) .  

By i ncreas ing  i nput  power,  measure  and  calcu late  another φ1 ,  φ2 ,  and  φ0 .  

Convers ion  coefficient:  α(AM-PM)  i s  determ ined  from  the  equation  (23)  at  the  speci fied  i npu t  
power.  

5.1 6.7  Specified  cond i tions  

– Ambient  or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i tions  

– I nput  power 

– Frequency 

– I ncrement of i nput power 

5.1 7  Group delay time  (td(grp))  

5. 1 7. 1  Purpose  

To measure  the  g roup  de lay time under speci fi ed  cond i tions.  
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5. 1 7.2  Ci rcu i t  d iagram  

See  the  ci rcu i t  d i agram  shown  i n  fi gure  7 .  

NOTE  A network analyser can  a l so  be  used  to  measure  the  g roup  delay t ime.  

5. 1 7.3  Principle  of measurement 

I n  the  ci rcu i t d iagram  shown  i n  figure  7 ,  the  ou tput s i gnal -phase  φ0  i s  derived  from  the  
fol lowing  equation :  

 φ0  =  φ1  – φ2   (24)  

where  

φ1 ,  φ2  are  the  phase  d i fferences  from  poin t B  to  poin t C  and  from  poin t D  to  poin t E  at the  
speci fied  i npu t s i gnal  angu lar frequency ω,  respectivel y;  

φ0 ,  φ1  and  φ2  are  expressed  in  rad ians;   

ω  i s  expressed  i n  rad ians/second .  

The  group  delay time is  derived  from  equation  (24)  as  fol lows:  

 td(grp)  =  –∆φ0/∆ω  (25)  
where  

∆ω  i s  the  change  of i npu t s i gnal  angu lar frequency;  

∆φ0  i s  the  s ignal -phase  deviation  correspond ing  to  the  change of i nput  frequency.  

5. 1 7.4  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ irements  i n  5 . 2. 4.  

The  through-circu i try s i gnal  phase  shou ld  be  measured  beforehand  and  the  phase  sh i fter 
shown  i n  fi gure  7  ad justed  to  φ0  =  0  before  i nsta l l i ng  the  device  being  measured .  

5. 1 7.5  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  i n  5. 1 6. 5.  

5. 1 7.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s ignal  generator shou ld  be  ad j usted  to  the  speci fied  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  is  appl i ed .  

A speci fi ed  input  power i s  appl i ed  to  the  device  being  measured .  

Measure  the  s ignal -phase  φ1  and  φ2 ,  then  calcu late  φ0  accord ing  to  equation  (24).  

By i ncreas ing  i nput  frequency,  measure  and  calcu late  another φ1 ,  φ2 ,  and  φ0 .  

Group delay time:  td (g rp)  i s  determ ined  from  the  equation  (25)  at the  speci fied  i npu t angu lar 
frequency.  

5.1 7.7  Specified  condi tions  

– Ambient  or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i tions  

– I nput  power 

– Frequency 
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– I ncrement of input  frequency 

5.1 8  Power added  efficiency (ηadd )  

5. 1 8. 1  Purpose  

To measure  the  power added  efficiency under speci fi ed  cond i ti ons.  

5. 1 8.2  Ci rcu i t  d iagram  

Gf dB

f W

Device being
measured

W

dB

V V

A A

Signal
generator Isolator

Variable
attenuator

Frequency
meter

Power
meter 1

Power
meter 2

Bias
supply 1

Bias
supply 2

Attenuator

A B

C

D

E

Spectrum
analyser

IEC   2253/01
 

Figure  8  – Ci rcu i t  for the  measurement of the  power added  efficiency 

5. 1 8.3  Principle  of measurement 

I n  the  ci rcu i t d iagram  shown  in  figure  8,  i nput power Pi  and  ou tpu t power Po  i n  dBm  are  
derived  from  equations:  

 Pi  =  P1  –  L1  (26)  
 Po  =  P2  +  L2  (27)  

where    

P1  i s  the  va lue  i nd icated  by the  power meter 1 ,  i n  dBm ;  

P2  i s  the  va lue  i nd icated  by the  power meter 2 ,  i n  dBm ;  

L1  i s  the  ( loss  from  poin t A to  poin t B,  i n  dB)  – ( l oss  from  poin t  A to  poin t  C,  i n  dB) ;  

L2  i s  the  loss  from  poin t D  to  poin t E ,  i n  dB.  

Power added  efficiency η add  i s  derived  from  equation :  

 
( )

2211

1 01 0 00011 01 0 io

add
IVIV

/
η

/P/P

⋅+⋅
−

=  (28)  

where  

V1  i s  the  d . c.  vol tage,  in  V,  appl ied  to  the  device  by the  bias  suppl y 1 ;  

I1  i s  the  d . c.  curren t,  i n  A,  suppl ied  to  the  device  by the  bias  supply 1 ;  

V2  i s  the  con trol  d . c.  vol tage,  i n  V,  appl ied  to  the  device  by the  b ias  suppl y 2 ;  

I2  i s  the  con trol  d . c.  cu rrent,  i n  A,  suppl ied  to  the  device  by the  b ias  suppl y 2 .  

NOTE  1  Power added  effi ciency i s  normal l y expressed  as  a  percentage;  i . e.  1 00  ×  η ad d  from  the  equation  (28).  
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NOTE  2  Sometimes  Pi  i s  neg l ected  i n  the  equati on  (28)  because  i t  i s  usual l y much  smal l er than  Po .  

5. 1 8.4  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

Bias  suppl y 2  i s  for the  gain  control  of the  device  be ing  measured .  L 1  and  L2  shou ld  be  
measured  beforehand .  

5.1 8.5  Precautions  to  be  observed  

The outpu t s i gnal  and  osci l lation  shou ld  be  checked  by spectrum  anal yser.  Osci l l ation  shou ld  
be  e l im inated  during  these  measurements.  Harmon ics  or spurious  responses  of the  s i gnal  
generator shou ld  be  reduced  to  be  neg l i g ib le.  

5.1 8.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s ignal  generator i s  ad justed  to  the  speci fied  va lue.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  are  appl ied .  

Output  power  Po  i s  set to  the  speci fi ed  va lue  by ad justing  V2 ,  I2  or i nput power Pi .  

DC  b ias  curren ts  and  vol tages  are  measured .  

The  power added  efficiency ηadd  i s  ca lcu lated  from  equation  (28).  

5. 1 8.7  Specified  cond itions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency 

– Output power 

5.1 9  nth  order harmon ic  d istortion  ratio  (Pn th /P1 )  

5. 1 9. 1  Purpose  

To measure  the  n th  order harmon ic d istortion  ratio  under speci fi ed  cond i tions.  
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5. 1 9.2  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure 9  – Ci rcu i t  for the  measurements  of the  nth  order harmon ic  d istortion  ratio  

5. 1 9.3  Principle  of measurement 

I n  the  ci rcu i t d iagram  shown  i n  fi gure  9 ,  nth  order harmon ic d istortion  ratio  Pn t h /P1  are  derived  
from  Equation  (29) :  

     Pn th /P1   =  Pn th  – P1     (29)  

where  

P1  i s  the  power of the  fundamenta l  frequency measured  by the  spectrum  anal yser i n  dBm ;  

Pn t h  i s  the  power of the  n th  order harmon ic component measured  by the  spectrum  anal yser 
i n  dBm .  

5.1 9.4  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

Bias  suppl y 2  i s  for the  gain  con trol  of the  device  being  measured .  

5.1 9.5  Precautions  to  be  observed  

The ou tpu t s ignal  and  osci l lation  shou ld  be  checked  by spectrum  anal yser.  

Osci l lation  shou ld  be  e l im inated  during  these  measurements.  

Harmon ics  or spurious  responses  of the  s i gnal  generator shou ld  be  reduced  to  be  neg l i g ible.  

5.1 9.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s i gnal  generator i s  ad justed  to  the  speci fied  va lue.  

The  b ias  V1  or I1  under speci fied  cond i tions  is  appl ied .  

Output  power Po  i s  set  to  the  speci fi ed  va lue  by ad justing  V2 ,  I2  or i npu t power Pi .  

The  power of the  fundamental  frequency P1  and  the  power of the  n th  order harmon ic  
component Pn t h  are  measured  by spectrum  anal yser.  
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The  n th  order harmon ic d istortion  ratio  i s  ca lcu lated  from  equation  (29) .   

5.1 9.7  Specified  cond i tions  

−  Ambient or reference-poin t  temperature  

−  B ias  cond i ti ons  

−  Frequency (fundamenta l )  

−  I npu t power 

−  Ou tput power 

5.20  Output noise power (PN  )  

5.20. 1  Purpose  

To measure  the  ou tpu t noise  power under speci fied  cond i ti ons.  

5.20.2  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure 1 0  – Ci rcu i t  d iagram  for the  measurement of the  output  noise  power 

5.20.3  Principle  of measurement 

Output noise  power PN  i s  the  maximum  output noise  power de l i vered  from  the  device  be ing  
measured  wi th in  the  speci fi ed  frequency range  of noise  measurement under the  cond i tion  that 
the  speci fi ed  i nput power of the  speci fied  frequency P i  i s  appl ied  and  speci fied  ou tpu t power 
Po  i s  derived .  

I n  the  ci rcu i t d i agram  shown  in  fi gure  1 0  P i ,  Po ,  and  PN  are  obtained  by fol lowing  equations:  

 Pi  =  P1  –  L1  (30)  

 Po  =  P2  –  L2  (31 )  

 PN  =  P3  – L3  (32)  
where   

P1   i s  the  va lue  i nd icated  by power meter 1 ,  i n  dBm;  

P2   i s  the  va lue  i nd icated  by power meter 2 ,  i n  dBm;  

P3   i s  the  maximum  va lue  measured  by the  spectrum  anal yser i n  the  speci fi ed  frequency 
range  for noise  power measurement;  
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L1   i s  ( the  power at poin t A,  i n  dBm)  −  ( the  power at  poin t B ,  i n  dBm)  for the  fundamenta l  
frequency;  

L2   i s  ( the  power at  poin t C,  i n  dBm)  −  ( the  power at  poin t D ,  i n  dBm)  for the  fundamental  
frequency;  

L3   i s  ( the  power at poin t C,  i n  dBm)  −  ( the  power at  poin t E ,  i n  dBm)  for the  noise  power 
measurement frequency.  

5.20.4  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

The pass  band  of band-pass  fi l ter i s  the  fundamental  frequency band  ( the  frequency band  for 
transm ission)  and  the  stop  band  i s  the  noise  power measurement frequency ( the  frequency 
band  for reception).  I t  shou ld  be  i nserted  to  reduce the  noise  from  the  s ignal  generator.  

ANT-TX path  of duplexer passes  the  fundamental  frequency s i gnal  and  stops  the  noise  power 
measurement frequency s i gnal ,  and  ANT-RX path  passes  the  noise  power measurement  
frequency s ignal  and  s tops  the  fundamental  frequency s i gnal .  The  purpose  of the  duplexer i s  
to  preven t the  spectrum  analyser from  saturation  by the  fundamenta l  frequency s ignal .  

B ias  suppl y 2  i s  for gain  con trol  of the  device  being  measured .  

L1 ,  L2 ,  and  L3  shou ld  be  measured  beforehand .  

5.20.5  Precautions  to  be  observed  

Osci l lation  shou ld  be  e l im inated  during  the  measurement.  Harmon ics  and  spurious  response  
of the  s ignal  generator shou ld  be  reduced  to  neg l ig ib le.  

I n  order to  enhance  the  sensi ti vi ty of the  spectrum  analyser i f necessary,  the  ampl i fi er i s  
i nserted  between  the  duplexer and  the  spectrum  anal yser.  The  noise  from  the  i nserted  
ampl i fi er shou ld  be  neg l i g ib l y smal l .  

5.20.6  Measurement procedure  

The frequency of the  s i gnal  generator i s  ad justed  to  the  speci fied  va lue.  

The  b iases  under speci fi ed  cond i tions  are  appl ied .  

Output  power Po  i s  set  to  the  speci fi ed  value  by ad justing  V2 ,  I2  or i npu t power Pi .  

The  maximum  power i n  the  speci fied  noise  measurement frequency band  is  measured  by the  
spectrum  anal yser.  

The  noise  power PN  i s  ca lcu lated  from  equation  (32)  

5.20.7  Specified  cond itions  

−  Ambient  or reference poin t  temperature  

−  B ias  cond i ti ons  

−  Fundamenta l  frequency 

−  Frequency band  of noise  measurement  

−  I nput  power 

−  Ou tput power 
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5.21  Spurious  in tensi ty under specified  load  VSWR (Psp/Po)  

5.21 . 1  Purpose  

To measure  the  spurious  in tens i ty under speci fied  load  VSWR to  determ ine  the  stabi l i ty under 
speci fied  cond i tions.  

5.21 .2  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure  1 1  – Ci rcu i t  d iagram  for the  measurement of the  spurious  in tensi ty  

5.21 .3  Principle  of measurement 

I n  the  ci rcu i t d i agram  shown  i n  fi gure  1 1 ,  the  ou tpu t power Po  and  the  spurious  output power 
Psp  are  derived  as  fol lows:  

 Po  =  P1  −  L1  (33)  

 Psp  =  P2  −  L2  (34)  

where  P1  i s  the  value  of the  fundamenta l  ou tpu t i nd icated  by the  spectrum  anal yser i n  dBm,  
P2  the  value  of the  spurious  ou tpu t of the  maximum  power,  except harmon ic components ,  
i nd icated  by the  spectrum  anal yser i n  dBm,  and  L1  and  L2  are  the  ci rcu i t l osses  from  poin t D  
to  poin t  E ,  i n  dB,  at  the  frequency of P1 ,  a t  the  frequency of P2 ,  respective ly.  

The  spurious  i n tensi ty Psp/Po  in  dBc is  defi ned  as  fol l ows:  

   Psp/Po  =  Psp  −  Po  (35)  

5.21 .4  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

Bias  suppl y 2  i s  for gain  con trol  of the  device  being  measured .  

The  variable  attenuator 2  shou ld  be  ad justed  to  get the  speci fi ed  l oad  VSWR at poin t D  
beforehand .  

L1  and  L2  shou ld  be  measured  beforehand .  

5.21 .5  Precautions  to  be  observed  

Harmon ics  or spurious  responses  of the  s i gnal  generator shou ld  be  reduced  to  be  neg l i g ible.  
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Osci l lation  wi l l  occur at  the  ou t-of-band  frequency of the  d i rectional  coupler.  

5.21 .6  Measurement procedure  

The  frequency of the  s i gnal  generator i s  ad justed  to  the  speci fied  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti ons  is  appl ied .  

The  specified  i npu t power i s  appl ied .  

By varying  the  phase  of the  phase  sh i fter through  the  speci fied  phase  range,  fi nd  the  
maximum  spurious  ou tpu t.  

Wh i le  keeping  the  phase,  measure  the  power of the  fundamenta l  frequency P1  and  the  power 
of the  spurious  outpu t Psp  with  the  spectrum  anal yser.  

The  spurious  i n tensi ty  i s  ca lcu lated  from  equation  (35).  

5.21 .7  Specified  conditions  

– Ambient or reference poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– I nput  frequency 

– I nput power 

– Load  VSWR 

– Phase  variation  range  of l oad   

5.22  Ad jacent  channel  power ratio  (Padj /Po(mod))  

5. 22. 1  Purpose  

To measure  the  ad j acen t channel  power ratio  under the  speci fi ed  cond i ti ons.  
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5.22.2  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure 1 2  – Ci rcu i t  for the  measurement of the  ad jacent channel  power ratio  

5.22.3  Principle  of measurement 

Under the  cond i tion  that the  modu lated  s i gnal  i s  suppl ied  for the  device  be ing  measured  in  
order to  get the  speci fied  ou tput power (Po) ,  Pad j  i s  the  tota l  ou tput power i n  the  speci fi ed  
bandwid th  at  the  speci fi ed  frequency away from  the  carrier s ignal ,  and  Po(mod)  i s  the  tota l  
ou tpu t power in  the  speci fi ed  bandwid th  at the  carrier s ignal .  Ad jacent channel  power ratio  
Pad j /Po(mod)  i s  the  ratio  of Pad j  to  Po(mod) .  The  ad jacent channels  are  i n  both  the  upper s ide  
band  and  l ower s ide  band  of the  carrier.  The  modu lation  s i gnal  i s  the  carrier s ignal  modu lated  
wi th  the  s tandard  test s i gnal  having  the  same rate  as  the  speci fi ed  code  transm ission  rate.   

Pad j /Po(mod)  i n  dBc i s  g i ven  as  the  fol lowing  equations  in  the  ci rcu i t  of F igure  1 2.  

Po =  P1  +  L1  (36)  

Po(mod)  =  P2  +  L2  (37)  

Pad j  =  P3  +  L2  (38)  

Pad j /Po(mod)  =   Pad j  −  Po(mod)  =  P3  −  P2  (39)  

where  

P1   i s  the  value  i nd icated  by the  power meter 2 ;  

P2   i s  the  value  of tota l  power i n  the  speci fi ed  bandwid th  at the  carrier s ignal  i nd icated  by 
the  spectrum  anal yser;  

P3   i s  the  va lue  of tota l  ou tpu t power i n  the  speci fi ed  channel  bandwid th  at  the  speci fi ed  
frequency that i s  equal  to  the  channel  spacing  away from  the  carrier s ignal  ind icated  by 
the  spectrum  anal yser;   
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L1   i s  the  power at poin t C  i n  dBm ,  less  the  power at  poin t  D  in  dBm ;  

L2   i s  the  power at poin t C  i n  dBm ,  less  the  power at  poin t  E  i n  dBm .  

Po ,  Po(mod) ,  Pad j ,  P1 ,  P2  and  P3  are  expressed  in  dBm ;  

L1  and  L2  are  expressed  i n  dB;  

Pad j /Po(mod)  i s  expressed  i n  dBc.   

5.22.4  Ci rcu i t  description  and  requ irement  

The ci rcu i t  l osses  L1  and  L2  shou ld  be  measured  beforehand .   

5.22.5  Precautions  to  be  observed  

The ou tpu t s ignal  and  osci l lation  shou ld  be  checked  by the  spectrum  anal yser.  Osci l l ation  
shou ld  be  e l im inated  du ring  these  measurements.  Harmon ics  or spurious  responses  of the  
s i gnal  generator shou ld  be  reduced  so  as  to  be  neg l ig ib le.  An  adequate  attenuator shou ld  be  
i nserted  at the  i npu t of the  spectrum  anal yser when  the  output power i s  h igh .  

5.22.6  Measurement procedure  

The  frequency of the  s i gnal  generator shal l  be  set  to  the  speci fi ed  value.  

The  b ias  cond i ti ons  shal l  be  appl ied  to  the  device  be ing  measured .  

An  adequate  input  power shal l  be  appl ied  to  the  device  be ing  measured .  

The  fol l owing  i tems  of the  modu lator are  set to  the  speci fi ed  values  accord ing  to  the  standard  
code  of the  test s i gnal :  modu lation  method ,  s i gnal  transm ission  rate  and  modu lation  
bandwid th .  

The  fo l lowing  i tems  of the  spectrum  anal yser are  set to  the  speci fied  values:  carrier 
frequency,  sweep range,  resolu tion  bandwid th ,  vi deo bandwid th ,  number of sampl i ng  and  
sweep time.   

The  va lue  of P1  i s  measured  at  the  power meter 1 .  

Ou tpu t power of the  device  being  measured  Po  i s  ca lcu lated  from  Equation  (36) .  

By ad justing  the  variable  attenuator,  Po  i s  set  to  the  speci fied  value.  

The  channel  spacing  and  the  channel  bandwid th  are  set to  the  speci fi ed  va lues.  

The  values  of P2  and  P3  are  measured  at the  spectrum  anal yser.  

Po(mod) ,  Pad j  are  calcu lated  from  Equations  (37)  and  (38) .   

Ad jacent channel  power ratio  Pad j /Po(mod)  i s  ca lcu lated  from  Equation  (39) .   

NOTE  The  d i splay of the  spectrum  analyser i s  set  to  maximum  hold  mode.  The  detection  mode  of the  spectrum  
anal yser i s  set  to  pos i ti ve  peak mode.  

5.22.7  Specified  cond i tions  

– Ambient or reference-poin t  temperature  

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency (carrier frequency)  

– Output power 

– Standard  code  of the  test  s i gnal :  
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•  channel  spacing  

•  channel  bandwid th  

•  modu lation  method  

•  s i gnal  transm iss ion  rate  

•  modu lation  bandwid th   

– Spectrum  anal yser:  

•  sweep range  

•  resolu tion  bandwid th  

*  vi deo  bandwid th  of a  spectrum  anal yser 

*  sampl i ng  numbers  of a  spectrum  anal yser 

*  sweep  time of a  spectrum  analyser   

6 Veri fying  methods  

6. 1  Load  mismatch  tolerance (ΨL)  

6. 1 . 1  Purpose   

To veri fy the  l oad  m ismatch  to lerance under speci fi ed  cond i ti ons.  

6.1 .2  Verification  of method  1  (spurious  in tensi ty)  

6. 1 .2 .1  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure 1 3  – Ci rcu i t  for the  veri fication  of load  mismatch   
tolerance in  method  1  

6. 1 . 2 .2  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

The si gnal  generator shal l  be  capable  of operating  wi th in  the  speci fied  frequency band.  The  
s i gnal  generator shal l  have  stable  characteristics  above  noise  fl oor wi th  no  osci l lation  and  no  
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spurious  i n tens i ty.  The  noise  floor shou ld  be  smal l er than  speci fied  l evel  from  the  output  
power.  The  s ignal  generator must generate  speci fied  modu lation  s i gnal .  

The  spectrum  anal yser shal l  be  capable  of operati ng  wi th in  speci fied  frequency range  for 
checking  no  osci l l ation  and  no  spurious  i n tensi ty.  The  spectrum  anal yser shal l  have  a  
speci fied  d ynam ic range.  

The  phase  sh i fter shal l  be  capable  of keeping  the  l oad  VSWR or the  magn i tude  of the  load  
reflection  coefficien t constant.  The  l ine  s tretcher i s  su i table  for th is  purpose.  The  output port  
of the  phase  sh i fter shou ld  be  shorted .  

The  purpose  of the  variable  attenuator i s  to  ad j ust the  load  VSWR to  the  speci fi ed  value.  

6.1 .2 .3  Precautions  to  be  observed   

Noise  floor or spurious  responses  of the  s i gnal  generator shal l  be  reduced  so  as  to  be  
neg l ig ib le  at  the  VSWR and  less  than  the  speci fied  one.  

The  VSWR shal l  be  kept  constan t at  a l l  phase  cond i ti ons  of the  phase  sh i fter.  

6. 1 .2 .4  Test procedure  

The l oad  VSWR is  set to  the  speci fi ed  value  by ad j usting  variable  attenuator.  

The  frequency of the  s i gnal  generator i s  set  to  the  speci fied  va lue.  

The  modu lation  of the  s ignal  generator i s  set  to  the  speci fied  cond i tion .  

The  b ias  under speci fied  cond i ti on  i s  suppl ied .  

The  power l evel  of the  s ignal  generator i s  set  to  the  speci fi ed  value.  

The  phase  ang le  is  swept con tinuous l y by varying  the  l eng th  of the  l i ne  stretcher.  

Veri fication  that there  i s  no  osci l l ation  or spurious  in tens i ty l ess  than  the  speci fied  cond i ti on  i s  
confi rmed  by us ing  the  spectrum  anal yser at  a l l  phase  ang les .  

NOTE  I nstead  of the  l i ne  stretcher,  a  s l i de  screw tuner can  be  used .  An  au tomatic  stub-tuner or an  e l ectron ic  
tuner i s  a l so  used  for conven i ence  to  enabl e  the  speci fi ed  VSWR.  The  demeri t  of the  tuners  i s  that  phase  cond i ti on  
i s  d i screte  and  cannot  be  swept conti nuous ly.  

6. 1 .2 .5  Specified  cond i tions  

– Ambient or reference poin t  temperature  

– Load  VSWR 

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency of the  i npu t s i gnal  

– Modu lation  of the  i npu t s i gnal  

– I nput  power 

– Spurious  



 – 52  – I EC 60747-1 6-1 : 2001 +AMD1 : 2007  
  +AMD2:201 7  CSV © I EC 201 7  

6.1 .3  Verification  of method  2  (no  d iscontinu i ty of the  frequency response)  

6. 1 .3. 1  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure 1 4 – Ci rcu i t  for the  veri fication  of load  mismatch  tolerance in  method  2  

6. 1 .3 .2  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

The network anal yser shal l  be  capable  of operati ng  wi th in  speci fied  frequency-band .   

The  phase  sh i fter shal l  be  capable  of keeping  the  l oad  VSWR or the  magn i tude  of the  load  
reflection  coefficien t constant.  The  l ine  stretcher is  su i table  for th is  purpose.  The  outpu t port  
of the  phase  sh i fter shou ld  be  shorted .  

The  pu rpose  of the  variable  attenuator i s  to  ad j ust the  load  VSWR to  the  speci fi ed  value.  

6.1 .3.3  Precautions  to  be  observed   

The VSWR shal l  be  kept  constan t at  a l l  phase  cond i tions  of the  phase  sh i fter.  

6.1 .3.4  Test procedure  

The l oad  VSWR is  set to  the  speci fied  value  by ad j usti ng  variable  attenuator.  

The  sweep frequency range  of the  network anal yser i s  set to  the  speci fied  value.  

The  power l evel  of the  network anal yser is  set to  the  speci fi ed  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti on  i s  suppl ied .  

The  phase  ang le  is  swept con tinuous l y by varying  the  l eng th  of the  l i ne  stretcher.  

No  d iscontinu i ty of the  frequency response is  confi rmed  by us ing  the  network analyser at a l l  
phase  ang les.  
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6.1 .3.5  Specified  cond itions  

– Ambient  or reference poin t  temperature  

– Load  VSWR 

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency range  of the  i npu t s i gnal  

– I nput  power 

6.2  Source m ismatch  tolerance (ΨS)  

6. 2. 1  Purpose  

To veri fy the  source  m ismatch  to lerance under speci fi ed  cond i ti ons.  

6.2.2  Verification  of method  1  (spurious  in tensi ty)  

6. 2.2 .1  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure 1 5 – Ci rcu i t  for the  veri fication  of source mismatch  tolerance in  method  1  

6. 2.2 .2  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ irements  of 6 . 1 . 2. 2 .  

The  purpose  of the  i solator i s  to  enable  the  power level  to  the  device  being  measured  to  be  
kept constant i rrespective  of impedance  m ismatches  at  i ts  i npu t.  

6.2.2 .3  Precautions  to  be  observed   

See  the  precautions  to  be  observed  of 6 . 1 . 2. 3.  

6.2.2 .4  Test procedure  

The source  VSWR is  set  to  the  speci fied  va lue  by ad j usti ng  variable  attenuator.  
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The  frequency of the  s i gnal  generator i s  set  to  the  speci fied  value.  

The  modu lation  of the  s i gnal  generator i s  set  to  the  speci fied  cond i tion .  

The  b ias  under speci fied  cond i tion  i s  suppl ied .  

The  power l evel  of the  s ignal  generator i s  set  to  the  speci fi ed  value.   

The  phase  ang le  is  swept con tinuousl y by varying  the  l eng th  of the  l i ne  s tretcher.  

Veri fication  that there  is  no  osci l l ation  or spu rious  in tens i ty l ess  than  the  speci fied  cond i tion  is  
confi rmed  by us ing  the  spectrum  anal yser at  a l l  phase  ang les .  

6.2.2 .5  Specified  cond itions  

– Ambient or reference poin t  temperature   

– Source  VSWR 

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency of the  i npu t s i gnal  

– Modu lation  of the  i npu t s i gnal  

– I npu t power 

– Spurious  i n tens i ty 

6.2.3  Veri fying  method  2  (no  d iscontinu i ty of the  frequency response)  

6.2.3. 1  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure 1 6  – Ci rcu i t  for the  veri fication  of source mismatch   
tolerance in  method  2  

6. 2.3.2  Ci rcu i t  description  and  requ irements  

See  the  ci rcu i t  description  and  requ irements  of 6. 1 . 3. 2 .  
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The  purpose  of the  isolator i s  to  enable  the  power level  to  the  device  be ing  measured  to  be  
kept constant i rrespective  of impedance  m ismatches  at  i ts  i npu t.  

6.2.3.3  Precautions  to  be  observed  

See  the  precautions  to  be  observed  of 6 . 1 . 3. 3.  

6.2.3.4  Test procedure  

The source  VSWR is  set  to  the  speci fied  va lue  by ad j usti ng  variable  attenuator.  

The  sweep  frequency range  of the  network anal yser i s  set to  the  speci fied  value.  

The  power l evel  of the  network anal yser is  set to  the  speci fi ed  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti on  i s  suppl ied .   

The  phase  ang le  i s  swept con tinuous l y by varying  the  l eng th  of the  l ine  s tretcher.  

Veri fication  that there  is  no  d iscon tinu i ty of the  frequency response is  confi rmed  by us ing  the  
network anal yser at a l l  phase  ang les.  

6.2.3.5  Specified  cond i tions  

– Ambient  or reference poin t  temperature   

– Source  VSWR 

– B ias  cond i tions  

– Frequency range  of the  i npu t s i gnal  

– I nput  power 

6.3  Load  m ismatch  ruggedness  (ΨR)  

6. 3. 1  Purpose  

To veri fy the  l oad  m ismatch  ruggedness  under speci fi ed  cond i ti ons.  
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6.3.2  Ci rcu i t  d iagram  
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Figure 1 7  – Ci rcu i t  for the  veri fication  of load  mismatch  ruggedness  

6.3.3  Ci rcu i t  description  and  requ i rements  

The  s ignal  generator shal l  be  capable  of operating  wi th in  the  speci fi ed  frequency band .  

The  spectrum  anal yser shal l  be  capable  of operati ng  wi th in  the  speci fi ed  frequency range  to  
ensure  that there  i s  no  osci l lation  or spurious  in tensi ty.  

The  phase  sh i fter shal l  be  capable  of keeping  the  l oad  VSWR or the  magn i tude  of the  load  
reflection  coefficien t constant.  The  l i ne  stretcher is  su i table  for th is  purpose.  The  ou tput port  
of the  phase  sh i fter shou ld  be  shorted .  

The  pu rpose  of the  variable  attenuator i s  to  ad j ust  the  load  VSWR to  the  speci fi ed  va lue.  

6.3.4  Precautions  to  be  observed   

I t  shal l  be  ensured  that no  osci l l ation  ( l ess  than  the  speci fied  one)  occurs  i n  any of the  phase  
cond i ti ons  of the  phase  sh i fter at the  VSWR due  to  the  veri fication  system .  

The  VSWR shal l  be  kept constan t during  a l l  phase  cond i tions  of the  phase  sh i fter.  

6.3.5  Test procedure  

DC and  RF  characteristi cs  are  measured  under speci fied  cond i ti ons  before  the  fol l owing  l oad  
m ismatch  test procedure  i s  carried  ou t.   

The  l oad  VSWR is  set to  the  speci fi ed  va lue  by ad j usti ng  variable  attenuator.  

The  frequency of the  s i gnal  generator i s  set  to  the  speci fied  value.  

The  b ias  under speci fied  cond i ti on  i s  suppl ied .  

The  power l evel  of the  s i gnal  generator i s  set  to  the  speci fi ed  va lue.   
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The  phase  ang le  is  swept con tinuous l y by varying  the  l eng th  of the  l i ne  stretcher.  

The  device  i s  kept i n  operation  during  the  speci fied  operation  time at a l l  phase  ang les .  

DC  and  RF  characteristics  are  measured  under speci fi ed  cond i tions  once  more.   

Load  m ismatch  ruggedness  is  veri fi ed  usi ng  speci fi ed  degradation  cri teria  of DC  and  RF  
characteristics.  

6.3.6  Specified  cond i tions  

– Ambient  or reference poin t  temperature   

– Load  VSWR 

– B ias  cond i ti ons  

– Frequency of the  i npu t s ignal  

– I nput  power 

– Operation  time  

– Degradation  cri teria  of DC and  RF  characteristics  

– Measurement cond i tions  of DC and  RF  characteristics  

 

 

___________  



 – 58  – I EC 60747-1 6-1 : 2001 +AMD1 : 2007  
  +AMD2:201 7  CSV © I EC 201 7  

SOMMAIRE  

AVANT-PROPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64  

1  Domaine  d ’appl ication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66  

2  Références  normatives  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66  

3  Termes  et  défi n i ti ons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67  

4  Valeurs  ass ignées  et  caractéristi ques  essentie l l es  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69  

4. 1  Général i tés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69  

4. 1 . 1  I denti fication  et  types  de  ci rcu i ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69  

4. 2  Description  re lative  à  l ’appl ication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70  

4. 2. 1  Conform i té  au  système et/ou  aux in formations  d ’ i n terface  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70  

4. 2. 2  Schéma de  principe  g lobal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70  

4. 2. 3  Données  de  référence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70  

4. 2. 4  Compatib i l i té  é lectri que  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71  

4. 2. 5  Disposi ti fs  associés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71  

4. 3  Spéci fication  de  l a  fonction  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71  

4. 3. 1  Schéma de  principe  détai l lé  – B locs  fonctionnels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71  

4. 3. 2  I denti fication  et  fonction  des  bornes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71  

4. 3. 3  Description  fonctionnel le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73  

4. 3. 4  Caractéris ti ques  re latives  à  la  fam i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73  

4. 4  Valeurs  l im i tes  (système de  valeurs  ass ignées  maximales  absolues)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73  

4. 4. 1  Valeurs  l im i tes  é lectri ques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73  

4. 4. 2  Températures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74  

4. 5  Cond i tions  de  fonctionnement (dans  la  p l age  de  températures  de  
fonctionnement spéci fiée)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75  

4. 5. 1  Valeurs  pos i ti ves  et/ou  négatives  de  sources  d ’a l imentation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75  

4. 5. 2  Séquences  d ’ i n i tia l i sation  (s ’ i l  y a  l i eu )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75  

4. 5. 3  Tension(s)  d ’en trée  (s ’ i l  y a  l i eu)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75  

4. 5. 4  Courant(s)  de  sortie  (s ’ i l  y a  l i eu )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75  

4. 5. 5  Tension  et/ou  courant  d ’au tre(s)  borne(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75  

4. 5. 6  Eléments  externes  (s ’ i l  y a  l i eu)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75  

4. 5. 7  Plage  de  températures  de  fonctionnement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75  

4. 6  Caractéristiques  é lectriques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75  

4. 6. 1  Caractéristiques  stati ques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75  

4. 6. 2  Caractéristiques  d ynam iques  ou  en  couran t a l ternati f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76  

4. 7  Valeurs  assignées  mécan iques  et  envi ronnementa les ,  caractéristiques  et 
données  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77  

4. 8  I n formations  supplémentai res  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77  

4. 8. 1  Circu i t  équ ivalent d ’entrée  et  de  sortie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77  

4. 8. 2  Protection  i n terne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77  

4. 8. 3  Condensateurs  aux bornes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77  

4. 8. 4  Résistance  therm ique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77  

4. 8. 5  I n terconnexions  à  d ’autres  types  de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77  

4. 8. 6  Effets  de  composant(s)  connecté(s)  en  externe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77  

4. 8. 7  Recommandations  pour tou t ( tous)  d ispos i ti f(s)  associé(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77  

4. 8. 8  Précau tions  de  man ipu lation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77  

4. 8. 9  Données  d ’appl ication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78  

4. 8. 1 0  Autres  i n formations  d ’appl ication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78  



I EC 60747-1 6-1 : 2001 +AMD1 : 2007  – 59  – 
+AMD2:201 7  CSV © I EC 201 7  

4. 8. 1 1  Date  de  publ ication  de  l a  fiche  techn ique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78  

5  Méthodes  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78  

5. 1  Général i tés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78  

5. 1 . 1  Impédances  caractéristiques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78  

5. 1 . 2  Précau tions  générales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78  

5. 1 . 3  Précau tions  de  man ipu lation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78  

5. 1 . 4  Types  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78  

5. 2  Gain  (en  pu issance)  l i néaire  (Gl i n )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78  

5. 2. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78  

5. 2. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79  

5. 2. 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79  

5. 2. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79  

5. 2. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80  

5. 2. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80  

5. 2. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80  

5. 3  Un i form i té  du  gain  (en  pu issance)  l i néai re  (∆G l i n )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80  

5. 3. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80  

5. 3. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80  

5. 3. 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80  

5. 3. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80  

5. 3. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80  

5. 3. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81  

5. 3. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81  

5. 4  Gain  en  pu issance (Gp)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81  

5. 4. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81  

5. 4. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81  

5. 4. 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81  

5. 4. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81  

5. 4. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81  

5. 4. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81  

5. 4. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82  

5. 5  Un i form i té  du  gain  (en  pu issance)  (∆Gp)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82  

5. 5. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82  

5. 5. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82  

5. 5. 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82  

5. 5. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82  

5. 5. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82  

5. 5. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82  

5. 5. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83  

5. 6  Réduction  du  gain  (maximum  d ispon ible)  (∆Gred)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83  

5. 6. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83  

5. 6. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83  

5. 6. 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83  

5. 6. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83  

5. 6. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83  

5. 6. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83  

5. 6. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83  

5. 7  Puissance de  sortie  l im i te  (Po( l tg))  et  u n i form i té  de  l a  pu issance  de  sortie  
l im i te  (∆Po( l tg))  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84  



 – 60  – I EC 60747-1 6-1 : 2001 +AMD1 : 2007  
  +AMD2: 201 7  CSV © I EC 201 7  

5. 7. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84  

5. 7. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84  

5. 7. 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84  

5. 7. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84  

5. 7. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84  

5. 7. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84  

5. 7. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84  

5. 8  Puissance de  sortie  (Po)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85  

5. 8. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85  

5. 8. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85  

5. 8. 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85  

5. 8. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85  

5. 8. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85  

5. 8. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85  

5. 8. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85  

5. 9  Puissance de  sortie  pour une  compress ion  de  gain  de  1  dB  (Po(1 dB))  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85  

5. 9. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85  

5. 9. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85  

5. 9. 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85  

5. 9. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86  

5. 9. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86  

5. 9. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86  

5. 9. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86  

5. 1 0  Facteur de  bru i t  (F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86  

5. 1 0. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86  

5. 1 0. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87  

5. 1 0. 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87  

5. 1 0. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88  

5. 1 0. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88  

5. 1 0. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88  

5. 1 0. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88  

5. 1 1  Distorsion  d ’ in termodu lation  (à  deux tonal i tés)  (Pn/P1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88  

5. 1 1 . 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88  

5. 1 1 . 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89  

5. 1 1 . 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89  

5. 1 1 . 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90  

5. 1 1 . 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90  

5. 1 1 . 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90  

5. 1 1 . 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90  

5. 1 2  Puissance au  poin t  d ’ i n terception  (pour l es  produ i ts  d ’ i n termodu lation)  
(Pn(I P))  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90  

5. 1 2. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90  

5. 1 2. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90  

5. 1 2. 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90  

5. 1 2. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91  

5. 1 2. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91  

5. 1 2. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91  

5. 1 2. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91  



I EC 60747-1 6-1 : 2001 +AMD1 : 2007  – 61  – 
+AMD2:201 7  CSV © I EC 201 7  

5. 1 3  Ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  d ’en trée  (affa ib l issement de  réflexion  
d ’en trée)  ( |S1 1 | )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91  

5. 1 3. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91  

5. 1 3. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92  

5. 1 3. 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92  

5. 1 3. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92  

5. 1 3. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92  

5. 1 3. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92  

5. 1 3. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93  

5. 1 4  Ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  de  sortie  (affa ib l issement de  réflexion  
de  sortie)  ( |S22 | )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93  

5. 1 4. 1  Ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  de  sortie  (affa ib l issement de  
réflexion  de  sortie)  dans  une  cond i tion  de  fonctionnement en  fa ib les  
s ignaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93  

5. 1 4. 2  Ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  de  sortie  (affa ib l issement de  
réflexion  de  sortie)  dans  une  cond i tion  de  fonctionnement en  grands  
s ignaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94  

5. 1 5  Ampl i tude  du  coefficien t de  transm ission  i nverse  ( i solation)  ( |S1 2 | ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96  

5. 1 5. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96  

5. 1 5. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97  

5. 1 5. 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97  

5. 1 5. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97  

5. 1 5. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97  

5. 1 5. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97  

5. 1 5. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98  

5. 1 6  Coefficient  de  convers ion  modu lation  d ’ampl i tude/modu lation  de  phase  
(α(AM-PM))  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98  

5. 1 6. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98  

5. 1 6. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98  

5. 1 6. 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98  

5. 1 6. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99  

5. 1 6. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99  

5. 1 6. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99  

5. 1 6. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99  

5. 1 7  Temps de  retard  de  g roupe  (td(grp))  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99  

5. 1 7. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99  

5. 1 7. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 00  

5. 1 7. 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 00  

5. 1 7. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 00  

5. 1 7. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 00  

5. 1 7. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 00  

5. 1 7. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 00  

5. 1 8  Rendement en  pu issance  aj ou tée  (ηadd)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 01  

5. 1 8. 1  Purpose  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 01  

5. 1 8. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 01  

5. 1 8. 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 01  

5. 1 8. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 02  

5. 1 8. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 02  

5. 1 8. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 02  

5. 1 8. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 02  



 – 62  – I EC 60747-1 6-1 : 2001 +AMD1 : 2007  
  +AMD2: 201 7  CSV © I EC 201 7  

5. 1 9  Taux de  d is tors ion  de  l ’ harmon ique  de  rang  n  (Pn th /P1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 02  

5. 1 9. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 02  

5. 1 9. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 03  

5. 1 9. 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 03  

5. 1 9. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 03  

5. 1 9. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 03  

5. 1 9. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 03  

5. 1 9. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 04  

5. 20  Puissance de  bru i t en  sortie  (PN  )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 04  

5. 20. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 04  

5. 20. 2  Schémas des  ci rcu i ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 04  

5. 20. 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 04  

5. 20. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 05  

5. 20. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 05  

5. 20. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 05  

5. 20. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 05  

5. 21  I n tens i té  paras i te  se lon  l e  ROS de  charge  spéci fiée  (Psp/Po)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 06  

5. 21 . 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 06  

5. 21 . 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 06  

5. 21 . 3  Principe  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 06  

5. 21 . 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 06  

5. 21 . 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 07  

5. 21 . 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 07  

5. 21 . 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 07  

5. 22  Rapport de  pu issance  pour l e  canal  ad j acent  (Pad j/Po(mod))  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 07  

5. 22. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 07  

5. 22. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 08  

5. 22. 3  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 08  

5. 22. 4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 09  

5. 22. 5  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 09  

5. 22. 6  Procédure  de  mesure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 09  

5. 22. 7  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 09  

6  Véri fication  des  méthodes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 0  

6. 1  Tolérance de  charge  non  adaptée  (ΨL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 0  

6. 1 . 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 0  

6. 1 . 2  Véri fication  de  l a  méthode 1  ( I n tens i té  parasi te)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 0  

6. 1 . 3  Véri fication  de  l a  méthode 2  (pas  de  d iscon tinu i té  de  la  réponse  en  
fréquence)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2  

6. 2  Tolérance de  source  non  adaptée  (ΨS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 3  

6. 2. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 3  

6. 2. 2  Véri fication  de  l a  méthode 1  ( i n tens i té  parasi te)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 3  

6. 2. 3  Véri fication  de  l a  méthode 2  (pas  de  d iscon tinu i té  de  la  réponse  en  
fréquence)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 4  

6. 3  Robustesse  de  charge  non  adaptée  (ΨR)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 5  

6. 3. 1  Objecti f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 5  

6. 3. 2  Schéma de  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 6  

6. 3. 3  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 6  

6. 3. 4  Précau tions  à  prendre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 6  

6. 3. 5  Procédure  d 'essai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 6  



I EC 60747-1 6-1 : 2001 +AMD1 : 2007  – 63  – 
+AMD2:201 7  CSV © I EC 201 7  

6. 3. 6  Cond i tions  spéci fi ées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 7  

 

F i gu re  1  – Ci rcu i t pour l es  mesures  du  gain  l i néaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79  

Figure  2  – Ci rcu i t de  base  pour l a  mesure  du  facteur de  bru i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87  

Figure  3  – Ci rcu i t de  base  pour les  mesures  de  l a  d istors ion  d ’ i n termodu lation  à  deux 
fréquences  porteuses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89  

Figure  4  – Ci rcu i t pour l es  mesures  d ’ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  d ’entrée/ de  
sortie  (affa ib l issement de  réflexion  d ’entrée/de  sortie)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92  

Figure  5  – Ci rcu i t pour l a  mesure  du  coefficien t de  réflexion  de  sortie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95  

Figure  6  – Ci rcu i t pour l a  mesure  de  l ’ i solation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97  

Figure  7  – Ci rcu i t de  base  pour l a  mesure  de  α(AM-PM)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98  

Figure  8  – Ci rcu i t pour l a  mesure  du  rendement en  pu issance  a joutée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 01  

Figure  9  – Ci rcu i t pour l es  mesures  du  taux de  d is tors ion  de  l ’harmon ique  de  rang  n  . . . . . . . . . .  1 03  

Figure  1 0  – Schéma du  ci rcu i t  de  mesure  de  l a  pu i ssance  de  bru i t  en  sortie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 04  

Figure  1 1  – Schéma de  ci rcu i t  pour l a  mesure  de  l ’ i n tens i té  parasi te  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 06  

Figure  1 2  – C ircu i t  de  mesure  du  rapport de  pu issance  pour l e  canal  ad jacent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 08  

Figure  1 3  – C ircu i t  de  véri fication  de  la  to lérance de  charge  non  adaptée  dans  l a  
méthode 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 0  

Figure  1 4  – C ircu i t  de  véri fication  de  la  to lérance de  charge  non  adaptée  dans  l a  
méthode 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2  

Figure  1 5  – C ircu i t  de  véri fication  de  la  to lérance de  source  non  adaptée  dans  l a  
méthode 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 3  

Figure  1 6  – C ircu i t  de  véri fication  de  la  to lérance  de  source  non  adaptée  dans  l a  
méthode 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 4  

Figure  1 7  – C ircu i t  de  véri fication  de  la  robustesse  de  charge  non  adaptée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 6  

 

 



 – 64  – I EC 60747-1 6-1 : 2001 +AMD1 : 2007  
  +AMD2: 201 7  CSV © I EC 201 7  

COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  
 

____________ 
 

DISPOSITIFS  À SEMICONDUCTEURS –  
 

Partie  1 6-1 :  Circuits  intégrés  hyperfréquences  –  
Ampl i ficateurs  

 
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ia l e  de  normal i sation  
composée  de  l ' ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pou r 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questions  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  d e  l 'é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati ona les ,  des  Spéci fi cations  techn iques,  d es  Rapports  techn iques,  d es  Spéci fi cati ons  accessib les  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cation (s)  de  l ’ I EC").  Leu r é l aborati on  est  confiée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux travaux desque ls  tou t  Com i té  nationa l  i n téressé  par l e  su jet  trai té  peut  parti ciper.  Les  
organ isati ons  i n ternational es ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti cipen t 
égal ement  aux travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement  avec l 'Organ isati on  I n ternationale  de  Normal i sation  ( I SO),  
selon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi c iel s  d e  l ’ I EC  concernant  l es  q uestions  techn i ques  représenten t,  d ans  l a  mesure  
du  possibl e,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud iés,  étant  d onné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC 
i n téressés  son t représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  rai sonnabl es  sont  en trepri s  afi n  que  l ’ I EC  
s 'assure  de  l 'exacti tude  d u  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC ne  peu t pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encourager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC  dans  l eu rs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Pub l i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  publ i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t être  i nd iquées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC e l l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssen t des  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  d ans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi ven t s ' assurer qu ' i l s  son t  en  possess ion  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  imputée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nationaux de  l ’ I EC,  pour tou t  pré jud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matériel s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte ,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lan t  de  l a  publ i cati on  ou  de  l 'u ti l i sati on  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'attenti on  est  atti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L’ attention  est  atti rée  su r l e  fa i t  q ue  certa ins  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ’ I EC peuvent fai re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r i d en ti fi é  d e  tel s  d roi ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eu r exi stence.  

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ   
Cette  version  consol idée  n ’est pas  une Norme IEC  officiel le,  el le  a  été  préparée par 
commodité  pour l ’u ti l i sateur.  Seu les  les  versions  courantes  de  cette  norme et  de  
son(ses)  amendement(s)  doivent être  considérées  comme l es  documents  officiels .  

Cette  version  consol idée  de  l ’ IEC  60747-1 6-1  porte  le  numéro d 'éd i tion  1 .2 .  E l l e  
comprend  la  première éd i tion  (2001 -1 1 )  [documents  47E/200/FDIS  et  47E/204/RVD] ,  son  
amendement 1  (2007-01 )  [documents  47E/305/FDIS  et 47E/31 7/RVD]  et son  amendement 
2  (201 7-02)  [documents  47E/500/CDV et  47E/51 8/RVC] .  Le  contenu  technique  est  
identique  à  celu i  de  l 'éd i tion  de  base et  à  ses  amendements.  
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Cette  version  Finale  ne  montre pas  les  mod ifications  apportées  au  contenu  techn ique 
par l es  amendements  1  et  2 .  Une version  Redl ine montrant toutes  les  modi fications  est 
d ispon ible  dans  cette  publ ication .  

La Norme I n ternationale  I EC  60747-1 6-1  a  été  établ ie  par le  sous-com i té  47E:  D isposi ti fs  à  
sem iconducteurs  d iscrets,  du  com ité  d ’études  47  de  l ’ I EC:  D isposi ti fs  à  semiconducteurs.  

La  version  française  de  cette  norme n ’a  pas  été  soum ise  au  vote.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D i rectives  I SO/IEC,  Partie  3 .  

Le  com ité  a  décidé  que  l e  contenu  de  l a  publ ication  de  base  et de  ses  amendements  ne  sera  
pas  mod i fié  avant la  date  de  stabi l i té  ind iquée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC sous  
"http: //webstore. iec.ch"  dans  les  données  re lati ves  à  la  publ ication  recherchée.  A cette  date,  
l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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DISPOSITIFS  À SEMICONDUCTEURS –  
 

Partie  1 6-1 :  Circuits  intégrés  hyperfréquences  –  
Ampl i ficateurs  

 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La présente  partie  de  l ’ I EC  60747  fourn i t l a  term inolog ie,  l es  valeurs  ass ignées  et 
caractéristi ques  essentie l les ,  a i nsi  que  les  méthodes  de  mesure  pour des  ampl i ficateurs  de  
pu issance  hyperfréquences  à  ci rcu i ts  in tégrés.   

2  Références  normatives  

Les  documents  normati fs  su ivants  con tiennen t des  d ispos i ti ons  qu i ,  par su i te  de  l a  référence  
qu i  y est fa i te,  consti tuen t des  d ispos i tions  va lables  pour l a  présente  partie  de  l a  Norme 
i n ternationale  I EC 60747.  Pour l es  références  datées,  tou t amendement ou  tou te  révis ion  
portan t sur ces  publ ications  qu i  sera ient publ iés  u l térieurement ne  s ’appl i que  pas.  Cependant,  
l es  parties  prenantes  aux accords  fondés  sur l a  présente  partie  de  l ’ I EC  60747  son t i nvi tées  à  
rechercher la  poss ib i l i té  d 'appl iquer les  éd i ti ons  l es  p lus  récentes  des  documents  normati fs  
i nd iqués  ci -après.  Pour l es  références  non  datées,  l a  dern ière  éd i tion  du  document normati f 
en  référence s ’appl i que.  Les  membres  de  l ’ I EC  et de  l ' I SO  ti ennent  à  j our l ’ état des  normes  
i n ternationales  en  vi gueur.  

I EC 60050-702,  Vocabulaire  Electrotechnique International – Chapitre  702: Oscillations,  
signaux et dispositifs associés  (d ispon ible  à  l 'adresse:  h ttp: //www.electroped ia .org )  

IEC 6061 7,  Symboles graphiques pour schémas  (d ispon ib le  à  l 'adresse  
http : //std . i ec. ch /iec6061 7)  

IEC 60747-1 :  2006 ,  Dispositifs à  semiconducteurs – Partie  1 :  Généralités  

IEC 60747-1 : 2006/AMD1 :201 0   

I EC  60747-4: 2007,  Dispositifs à  semiconducteurs – Dispositifs discrets – Partie 4:  Diodes et 
transistors hyperfréquences  

IEC 60747-4: 2007/AMD1 :201 7  

IEC 60748-2: 1 997 ,  Dispositifs à  semiconducteurs – Circuits intégrés – Partie 2:  Circuits 
intégrés numériques 

IEC 60748-3: 1 986 ,  Dispositifs à  semiconducteurs – Circuits intégrés – Partie 3:  Circuits 
intégrés analogiques  
IEC 60748-3: 1 986/AMD1 : 1 991   
I EC 60748-3: 1 986/AMD2: 1 994  

IEC 60748-4: 1 997 ,  Dispositifs à  semiconducteurs – Circuits intégrés – Partie 4:  Circuits 
intégrés  d'interface 

IEC 61 340-5-1 ,  Electrostatique – Partie 5-1 : Protection des dispositifs électroniques contre 
les phénomènes électrostatiques – Exigences générales  

I EC  TR 61 340-5-2,  Electrostatique – Partie 5-2: Protection des dispositifs électroniques 
contre les phénomènes électrostatiques – Guide d'utilisation  

http://www.electropedia.org/
http://std.iec.ch/iec60617


I EC 60747-1 6-1 : 2001 +AMD1 : 2007  – 67  – 
+AMD2:201 7  CSV © I EC 201 7  

3 Termes et défin i tions   

Pour les  besoins  du  présent document,  l es  termes  et défi n i tions  su ivan ts  s 'appl iquen t.  

3. 1  
gain  (en  pu issance)  l inéai re  Gl i n  
gain  en  pu issance dans  l a  rég ion  l i néai re  de  l a  courbe  de  transfert de  pu issance Po (dBm)  =  
f(Pi )  

NOTE  Dans  cette  rég ion ,  ∆Po  (dBm)  =  ∆P i  (dBm).  

3.2  
un iformité  du  gain  (en  pu issance)  l inéai re  ∆Gl i n  
un i form i té  du  gain  en  pu issance l orsque  l e  poin t de  fonctionnement se  trouve  dans  l a  rég ion  
l inéai re  de  la  courbe  de  transfert  de  pu issance  

3.3  
gain  en  pu issance  Gp ,  G  
rapport de  la  pu issance  de  sortie  sur la  pu issance d ’entrée  

NOTE  Habi tuel l ement  l e  gain  en  pu i ssance  est  exprimé  en  décibel s .  

3.4  
un iformité  du  gain  (en  pu issance)  ∆Gp  
d i fférence  en tre  le  ga in  en  pu issance maximale  et  m in imale  pour une  pu issance  d ’en trée  
spéci fiée  dans  une  p lage  de  fréquences  spéci fi ée  

3.5  
réduction  du  gain  (maximum  d isponible)  ∆Gred  
d i fférence en  décibels  en tre  l es  gains  en  pu issance maximale  et m in imale  pouvant être  
fourn is  par la  commande de  gain   

3.6  Limitation  de  pu issance de  sortie  

3.6. 1  
plage  l im ite  de  pu issance  de  sortie  
plage  dans  l aquel l e  l a  pu issance  de  sortie  est l im i tée  pour augmenter l a  pu i ssance  d ’en trée  

NOTE  Pour l es  spéci fi cations,  l es  l im i tes  de  cette  p l age  son t i nd i quées  par des  va leu rs  l im i tes  i n férieu re  et  
supéri eu re  pou r l a  pu i ssance  d ’en trée.  

3.6.2  
pu issance de  sortie  l im i te  Po(l tg )  
pu issance  de  sortie  dans  l a  p l age  dans  l aquel l e  e l l e  est  l im i tée  

3.6.3  
un i formité  de  l a  pu issance de  sortie  l im ite  ∆Po(l tg )  
d i fférence entre  l a  pu issance de  sortie  maximale  et  m in imale  dans  l a  p lage  l im i te  de  
pu issance  de  sortie :  

∆Po(l tg )  =  Po(l tg ,max)  – Po(l tg ,m in)  

3.7  
d istorsion  d ’ intermodulation   
Pn /P1  
rapport de  la  composante  du  n i ème  ordre  de  l a  pu issance  de  sortie  à  l a  composan te  
fondamentale  de  l a  pu issance  de  sortie  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  « IMDn»  est  encore  d ’ usage  couran t pour l a  d i stors ion  d ’ i n termodu l ation  du  n i èm e  
ord re.  
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SOURCE:  I EC  60747-4: 2007/AMD1 : 201 7,  7 . 2 . 1 9.  

3.8  
pu issance au  point in terception  (pour l es  produits  d ’ in termodu lation)   
Pn(IP)  
l a  pu issance de  sortie  à  l ’ i n tersection  en tre  l es  pu issances  de  sortie  extrapolées  de  l a  
composante  fondamentale  et des  composan tes  d ’ in termodu lation  du  n i ème  ordre,  l orsque  
l ’extrapolation  est effectuée  dans  un  d iagramme représentan t la  pu issance de  sortie  des  
composants  (en  décibels)  en  fonction  de  l a  pu issance  d ’entrée  (en  décibels)  

3.9  
ampl i tude du  coefficient de  réflexion  d ’entrée  
(affaib l issement de  réflexion  d ’entrée)  
|S1 1 |  
vo i r 7. 4. 3 . 1 0. 2 . 2  de  l ’ I EC  60747-4: 2007  

3. 1 0  
ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  de  sortie  
(affaib l issement de  réflexion  de  sortie)  
|S22 |  
vo i r 7. 4. 3 . 1 0. 2 . 2  de  l ’ I EC  60747-4: 2007  

3. 1 1  
ampl i tude  du  coefficien t de  transmission  inverse  
( isolation)  
|S1 2 |  
voi r 3 . 5. 2 . 4  de  l ’ I EC  60747-7  7. 4. 3. 1 0. 2. 2  de  l ’ I EC  60747-4 :2007  

3. 1 2  
coefficient  de  conversion  modu lation  d ’ampl i tude/modulation  de  phase  α(AM-PM)  
quotien t de  

l a  déviation  de  phase  du  s ignal  de  sortie  (en  degrés)  par 

l a  variation  de  pu issance  d ’en trée  (en  décibels)  l e  produ isant  

3. 1 3  
temps  de  retard  de  groupe  td(grp)  
rapport,  en  fonction  de  la  fréquence  angu la i re,  de  la  variation  du  déphasage par 
l ’ in terméd ia i re  de  l ’ampl i ficateur 

NOTE  Habi tuel l ement,  l e  temps  de  retard  de  groupe  est  très  proche  en  val eu r d u  temps  de  retard  en trée/sorti e.  

3. 1 4 
taux de  d istorsion  de  l ’ harmonique  de  rang  n   
Pnth /P1  
rapport de  la  pu issance de  la  composan te  harmon ique  de  rang  n  mesurée  au  port de  sortie  
sur l a  pu issance de  la  fréquence  fondamenta le  mesurée  au  port  de  sortie  

3. 1 5  
pu issance de  bru i t  en  sortie  PN  
pu issance de  bru i t maximale  mesurée  au  port de  sortie  du  d isposi ti f selon  une  l argeur de  
bande  comprise  dans  une  plage  de  fréquences  spéci fiée  pour une  sortie  de  pu issance  
donnée  
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3. 1 6  
in tensi té  parasi te  selon  l e  ROS de  charge spécifiée   
Psp/Po  
rapport de  l a  pu issance  parasi te  maximale  mesurée  au  port de  sortie  du  d ispos i ti f su r l a  
pu issance de  l a  fréquence fondamentale  mesurée  au  port  de  sortie  selon  l e  ROS de  charge  
spéci fiée  

3. 1 7  
pu issance de  sortie  
Po 
pu issance  RF  mesurée  au  port  de  sortie  

SOURCE:  I EC  60747-4:2007/AMD1 : 201 7,  7 . 2 . 2 .  

3. 1 8  
pu issance de  sortie  pour une compression  du  gain  de  1  dB  
Po(1 dB)  
voir 8 . 2. 1 3  de  l ’ I EC 60747-4   

3. 1 9  
facteur de  bru i t  
F 
voir 702-08-57  de  l ’ I EC  60050-702  

3.20  
rendement en  pu issance ajoutée  
ηadd  
voir 8. 2 . 1 5  de  l ’ I EC 60747-4  

3.21  
rapport  de  pu issance pour l e  canal  ad jacent  
Pad j/Po(mod)  

rapport de  l a  pu issance de  sortie  tota le  dans  une  bande  de  fréquences  spéci fi ée  é loignée  de  
l a  fréquence du  s ignal  porteur sur l a  pu issance tota le  dans  une  bande  de  fréquences  
spéci fiée  du  s ignal  porteur,  l orsqu 'un  s ignal  de  modu lation  est appl iqué  

3.22  

tolérance de  charge non  adaptée  
ΨL  
voir 7. 2. 20  de  l ’ I EC 60747-4  

3.23  
tolérance de  source non  adaptée  
ΨS  
voir 7. 2. 21  de  l ’ I EC 60747-4  

3.24 
robustesse de  charge  non  adaptée  
ΨR  
voir 7. 2. 22  de  l ’ I EC 60747-4  

4 Valeurs  assignées  et caractéristiques  essentiel les  

4.1  Général i tés  

4. 1 . 1  Identi fication  et  types  de  ci rcu i ts  

4. 1 . 1 . 1  Désignation  et types  

I l  convien t de  préciser l ’ i nd ication  du  type  (nom  du  d isposi ti f) ,  l a  catégorie  du  ci rcu i t e t l a  
technolog ie  appl i quée.  
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Les  ampl i ficateurs  h yperfréquences  son t d i visés  en  quatre  catégories :  

Type  A:  à  fa ib le  bru i t.  

Type  B :  à  commande  automatique  de  gain .  

Type  C:  l im i teur.  

Type  D:  de  pu issance.  

4.1 . 1 .2  Description  de  l a  fonction  générale  

I l  convient d ’effectuer une  description  générale  de  l a  fonction  exécutée  par l es  ampl i ficateurs  
hyperfréquences  à  ci rcu i ts  i n tégrés  et  des  caractéristi ques  re latives  à  l ’ appl ication .  

4.1 . 1 .3  Technolog ie  de  fabrication  

I l  convien t de  mentionner la  technolog ie  de  fabrication ,  par exemple,  un  ci rcu i t  i n tégré  
monol i th ique  à  sem iconducteurs,  un  ci rcu i t i n tégré  à  couches  m inces,  un  m icro-assemblage.  
I l  convient d ’ y i ncl ure  des  détai ls  re lati fs  aux technolog ies  des  sem iconducteurs,  comme le  
MESFET,  l e  M ISFET,  l e  trans istor b ipola i re  au  s i l icium ,  l e  HBT (trans istor b ipola i re  à  
hétéroj onction) ,  etc.  

4.1 . 1 .4  Identi fication  du  boîtier 

I l  convien t d ’ ind iquer ce  qu i  su i t:  

a)  numéro I EC ou  de  référence  nationale  du  dess in  d ’encombrement,  ou  dess in  de  boîtier 
non  normal isé  comprenant  une  numérotation  des  bornes;  

b)  matériau  principa l  du  boîtier;  par exemple  :  méta l ,  céram ique,  p lastique.  

4. 1 . 1 .5  Appl ication  principale  

I l  convien t de  mentionner,  s i  nécessai re,  l ’ appl ication  principale.  S i  l e  d ispos i ti f présente  des  
appl ications  restricti ves,  i l  convient de  le  mentionner i ci .  

4.2  Description  relative  à  l ’ appl ication  

I l  convient de  donner des  in formations  sur l ’ appl ication  du  ci rcu i t i n tégré  et sur sa  re lation  
avec les  d ispos i ti fs  associés.  

4.2. 1  Conformité  au  système et/ou  aux informations  d ’ in terface  

I l  convient de  mentionner s i  l e  ci rcu i t i n tégré  est  conforme à  un  système  d ’appl ication  et/ou  
une  norme ou  des  recommandations  d ’ i n terface.  

I l  convien t également de  donner des  in formations  déta i l l ées  concernant l es  systèmes  
d ’appl ication ,  équ ipements  et ci rcu i ts ,  te ls  que  l es  réseaux VSAT,  les  récepteurs  satel l i tes  de  
rad iod i ffusion  d i recte,  l es  systèmes  d ’atterrissage  hyperfréquences,  etc.  

4.2.2  Schéma de  principe  g lobal  

I l  convien t,  s i  nécessai re,  de  fourn ir un  schéma de  principe  des  systèmes  appl i qués.  

4.2.3  Données  de  référence  

I l  convient d ’ i nd iquer l es  propriétés  l es  p lus  importan tes  pour permettre  une  comparaison  
en tre  des  types  de  dérivée.  
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4.2.4  Compatibi l i té  é lectrique  

I l  convient de  men tionner s i  l e  ci rcu i t  i n tégré  est compatib le  du  poin t de  vue  é lectrique  avec 
d ’au tres  ci rcu i ts  i n tégrés  particu l iers  ou  fam i l l es  de  ci rcu i ts  i n tégrés  ou  s i  des  i n terfaces  
spécia les  son t nécessaires.   

I l  convient de  fourn i r des  déta i ls  concernant l e  type  de  ci rcu i ts  d ’en trée  et de  sortie ,  par 
exemple,  impédances  d ’en trée/de  sortie ,  b l ocage du  couran t con tinu ,  d rain  ouvert,  e tc.  I l  
convient  de  mentionner,  l e  cas  échéant,  l ’ i n terchangeabi l i té  avec d ’au tres  d ispos i ti fs.  

4.2.5  Disposi ti fs  associés  

I l  convien t,  l e  cas  échéant,  de  men tionner ici  ce  qu i  su i t :  

– d ispos i ti fs  nécessaires  pour un  fonctionnement correct ( l i s te  ind iquant l e  numéro  du  type,  
l e  nom  et l a  fonction) ;  

– d ispos i ti fs  périphériques  avec i n terconnexion  d i recte  ( l i ste  i nd iquant l e  numéro du  type,  le  
nom  et l a  fonction).  

4.3  Spécification  de  l a  fonction  

4.3. 1  Schéma de  principe  détai l l é  – Blocs  fonctionnels  

I l  convien t de  fourn ir un  schéma de  principe  détai l lé  ou  des  i n formations  de  ci rcu i t  
équ ivalentes  re latives  aux ampl i ficateurs  h yperfréquences  à  ci rcu i ts  i n tégrés.  Dans  le  schéma 
de  pri ncipe,  i l  convien t d ’ i nd iquer ce  qu i  su i t:  

1 )  b locs  fonctionnels ;  

2)  i n terconnexions  mutuel les  entre  l es  b locs  fonctionnels ;  

3)  un i tés  fonctionnel l es  ind ividuel les  parm i  l es  b locs  fonctionnels ;  

4)  i n terconnexions  mutuel les  entre  l es  b locs  fonctionnels  ind ividuels;  

5)  fonction  de  chaque  connexion  externe;  

6)  i n terdépendance entre  l es  b locs  fonctionnels  séparés.  

I l  convien t d ’ i den ti fi er,  dans  l e  schéma de  principe,  l a  fonction  de  chaque connexion  externe  
et,  l orsque  aucune  ambigu ïté  n ’est poss ib le,  l es  symboles  et/ou  numéros  des  bornes.  S i  
l ’encapsu lation  présente  des  parties  métal l i ques,  i l  convien t d ’ i nd iquer tou te  connexion  de  
bornes  externes  à  ces  dern ières.  Lorsque  cela  s ’avère  nécessai re,  i l  convien t de  mentionner 
l es  connexions  avec tous  l es  é léments  électriques  externes  associés.  

A ti tre  d ’ i n formations  supplémentai res,  l e  schéma des  ci rcu i ts  é lectriques  peu t être  reprodu i t,  
mais  pas  nécessai rement avec l es  i nd ications  de  valeurs  des  composan ts  de  ci rcu i t.  Le  
symbole  g raph ique  pour l a  fonction  doi t  être  i nd iqué.  Celu i -ci  peu t être  obtenu  dans  un  
cata logue  de  normes  des  symboles  graph iques  ou  conçu  se lon  l es  règ les  de  l ’ I EC 6061 7.  

4.3.2  Identi fication  et  fonction  des  bornes  

I l  convient d ’ i denti fier toutes  les  bornes  sur l e  schéma de  principe  (bornes  d ’al imen tation ,  
bornes  d ’en trée  ou  de  sortie ,  bornes  d ’en trée/de  sortie).  
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I l  convien t d ’ ind iquer l es  fonctions  des  bornes  1 )-4)  dans  un  tableau  comme su i t:   

Numéro de  l a  
borne  

Symbole  de  l a  
borne  

1 )  
Désignation  
de  l a  borne  

2)  Fonction  Fonction  de  l a  borne  

3)  I den ti fi cation  
d ’ entrée/de  sorti e  

4)  Type  de  ci rcu i t  
d ’ entrée/de  sorti e  

      

      

      

 
1 )  Nom  de  l a  borne  
 I l  convien t de  mentionner un  nom  de  borne  pour i nd iquer sa  fonction .  I l  convien t de  

d i fférencier les  bornes  d ’a l imentation ,  l es  bornes  de  terre,  l es  bornes  non  connectées  
(avec l ’abréviation  NC),  e t l es  bornes  non  u ti l i sables  (avec l ’abréviation  NU ).  

2)  Fonction  

 I l  convien t d ’ ind iquer brièvement la  fonction  des  bornes.  

– Chaque fonction  de  bornes  pol yvalentes,  c’est-à-d i re  l es  bornes  qu i  ont des  fonctions  
mu l tip les.  

– Chaque fonction  du  ci rcu i t i n tégré  sélectionnée par des  connexions  de  broches  
mutuel l es,  l a  programmation  et/ou  l ’ appl ication  de  données  de  sélection  de  fonction  
sur l a  broche  de  sélection  de  fonction ,  te l l e  qu ’une  broche de  sélection  de  mode.   

3)  I denti fication  d ’entrée/de  sortie  

 I l  convient de  d i fférencier l es  bornes  d ’en trée,  de  sortie,  d ’en trée/de  sortie ,  et  d ’entrée/de  
sortie  de  mu l tip lexage.  

4)  Type  de  ci rcu i ts  d ’en trée/de  sortie  

 I l  convien t de  d i fférencier les  types  de  ci rcu i ts  d ’entrée  et de  sortie,  par exemple,  les  
impédances  d ’en trée/de  sortie,  avec ou  sans  b locage  du  couran t continu ,  etc.  

5)  Type  de  m ise  à  l a  terre  

 S i  l a  p l aque  de  base  du  boîtier est u ti l i sée  comme m ise  à  l a  terre,  i l  convien t de  l e  
mentionner.  

Exemple:  
 Tension  d ’al imentation  

Amplificateurs 
hyperfréquences 
à circuits intégrés 

NC 

Sortie(s) 

Entrée(s) 

NU 

Terre 
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4.3.3  Description  fonctionnel le  

I l  convien t de  préciser l a  fonction  réal isée  par l e  ci rcu i t,  comprenant l es  i n formations  
su ivantes:  

– fonction  de  base;  

– re lation  avec l es  bornes  externes ;  

– mode de  fonctionnement (par exemple,  méthode de  rég lage,  préférence,  etc. ) ;  

– tra i temen t d ’ in terruption .  

4.3.4  Caractéristiques  relatives  à  la  fami l l e  

Dans  cette  partie,  tou tes  les  descriptions  fonctionnel l es  caractéristiques  de  l a  fam i l le  doivent  
être  mentionnées  (voir l ’ I EC  60748-2 ,  l ’ I EC 60748-3  et  l ’ I EC 60748-4) .  

S ’ i l  existe  des  va leurs  assignées  et caractéristiques,  a ins i  que  des  caractéristiques  
fonctionnel les  pour l a  fam i l l e,  i l  convien t d ’u ti l i ser l a  partie  concernée de  l ’ I EC  60748  (par 
exemple,  pour l es  m icroprocesseurs,  voi r l ’ I EC 60748-2,  chapi tre  I I I ,  section  3).  

NOTE  Pour chaque  nouvel l e  fam i l l e  de  d i spos i ti f,  des  é l éments  spéci fi ques  doiven t être  a jou tés  dans  l a  parti e  
concernée  de  l ’ I EC 60748.  

4.4  Valeurs  l im ites  (système de  valeurs  assignées  maximales  absolues)  

Le  tableau  de  ces  valeurs  contient  l es  i nd ications  su ivantes.  

a)  Toute  i n terdépendance  des  cond i ti ons  de  l im i tation  doi t être  spéci fi ée.  

b)  S i  des  é léments  attachés  et/ou  connectés  en  externe,  par exemple  des  d iss ipateurs  
therm iques,  ont une  i n fluence sur l es  va leurs  ass ignées,  ce l les-ci  doiven t être  prescri tes  
pour l e  ci rcu i t  i n tégré  avec l es  é léments  connectés  et/ou  attachés.  

c)  S i  des  valeurs  l im i tes  sont dépassées  pour la  surcharge  trans i toi re,  l ’ excès  au torisé  et sa  
durée  doivent être  spéci fi és.  

d )  Lorsque  l es  valeurs  m in imale  et maximale  d i ffèren t pendant l a  programmation  du  
d ispos i ti f,  i l  convien t de  l e  mentionner.  

e)  Toutes  l es  tensions  fon t référence à  une  borne  de  référence  spéci fiée  (Vss ,  GND ,  etc. ) .  

f)  Concernant les  articles  su ivants ,  s i  l es  va leurs  maximales  et/ou  m in imales  sont ci tées,  l e  
fabrican t doi t i nd iquer s ’ i l  fai t  référence  à  l ’ampl i tude  absolue  ou  à  l a  va l eur a lgébrique  de  
l a  quanti té.   

g )  Les  va leurs  assignées  doivent couvri r l e  fonctionnement du  ci rcu i t i n tégré  mu l ti fonction  
sur l a  p lage  spéci fique  de  températures  de  fonctionnement.  Lorsque  l es  va leurs  ass ignées  
son t fonction  de  l a  température,  i l  convien t de  l ’ i nd iquer.  

4.4. 1  Valeurs  l im ites  électriques  

l l  convient  d ’ i nd iquer les  valeurs  l im i tes  comme su i t:  
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Paramètres  M in imum  Maximum 

(1 )  Tensions  d ’a l imentati on  +  +  

(2)  Cou rants  d ’a l imentati on  (s ’ i l  y  a  l i eu )   +  

(3)  Tension (s)  d ’ en trée  (s ’ i l  y  a  l i eu )  +  +  

(4)  Tension (s)  de  sorti e  (s ’ i l  y  a  l i eu )  +  +  

(5)  Cou rant(s)  d ’ en trée  (s ’ i l  y  a  l i eu )   +  

(6)  Cou rant(s)  de  sorti e  (s ’ i l  y  a  l i eu )   +  

(7)  Au tre(s)  tension(s )  de  borne  (s ’ i l  y  a  l i eu )  +  +  

(8)  Au tre(s)  cou ran t(s)  d e  borne  (s ’ i l  y  a  l i eu )   +  

(9)  D i fférence  de  tensi on  en tre  l ’ en trée  et  l a  sorti e  
(s ’ i l  y  a  l i eu )  

+  +  

(1 0)  D i ss ipation  de  pu i ssance   +  

 

Les  spéci fications  détai l l ées  peuvent ind iquer ces  valeurs  dans  l e  tab leau  comprenant l a  note  
1  et  l a  note  2 .  

Paramètres  (Note  1 ,  Note  2 )  Symboles  M in imum Maximum Un i té  

     

NOTE  1  S ’ i l  y  a  l i eu ,  sel on  l e  type  de  ci rcu i t  considéré.  

NOTE  2  Pou r une  pl age  de  tension  d ’ al imentati on :  

– va l eu r(s)  l im i te(s)  d e  l a  (des)  tens ion (s)  à  l a  (aux)  borne(s)  d ’ a l imentati on  par rapport  
à  un  poin t  d e  référence  é lectri que  spécial ;  

– l e  cas  échéant,  va leu r l im i te  en tre  des  bornes  d ’ a l imentation  spéci fi ées;  

– l orsque  p l us  d ’ une  sou rce  d ’ al imentation  est  nécessai re,  i l  convi en t  d e  mentionner s i  
l ’ ord re  dans  l equel  ces  sources  sont  appl i q uées  est  s i gn i fi cati f;  s i  c’ est  l e  cas,  i l  
convi ent  d e  mentionner cet  ord re;  

– l orsque  pl us  d ’ une  sou rce  est  requ ise,  i l  peu t  être  nécessai re  de  menti onner l es  
combinaisons  de  val eu rs  assignées  pou r ces  tens ions  d ’ a l imentation  et  cou ran ts .  

 

4.4.2  Températures  

1 )  Température  de  fonctionnement (température  ambian te  ou  températu re  du  poin t de  
référence)  

2)  Température  de  s tockage  

3)  Température  du  canal  ( type  C  et  type  D  un iquement)  

4)  Température  maximale  de  broche de  raccordement (pour l e  soudage).  

Les  spéci fications  déta i l l ées  peuvent i nd iquer ces  va leurs  dans  l e  tableau  comprenant  l a  note.  

Paramètres  (Note)  Symboles  M in imum  Maximum Un i té  

     

NOTE  S ’ i l  y  a  l i eu ,  selon  l e  type  de  ci rcu i t  cons idéré.  
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4.5  Cond itions  de  fonctionnement (dans  la  p lage  de  températures  de  fonctionnement 
spécifiée)  

El les  ne  doivent pas  être  i nspectées  mais  peuvent être  u ti l i sées  pour une  évaluation  de  l a  
qua l i té.  

4.5. 1  Valeurs  posi tives  et/ou  négatives  de  sources  d ’al imentation  

4.5.2  Séquences  d ’ in i tial isation  (s’ i l  y a  l i eu )  

Si  des  séquences  d ’ i n i tia l i sation  sont nécessaires,  i l  convien t de  spéci fier l e  séquencement 
des  sources  d ’a l imentation  et  l a  procédure  d ’ in i tia l isation .  

4.5.3  Tension(s)  d ’entrée  (s ’ i l  y a  l ieu)  

4.5.4  Courant(s)  de  sortie  (s’ i l  y a  l i eu)  

4.5.5  Tension  et/ou  courant d ’autre(s)  borne(s)  

4.5.6  Eléments  externes  (s ’ i l  y a  l i eu)  

4.5.7  Plage de  températures  de  fonctionnement 

4.6  Caractéristiques  électriques  

Les  caractéristi ques  doivent s ’appl iquer sur tou te  l a  pl age  de  températures  de  
fonctionnement,  sauf mention  con trai re.  

Chaque caractéristi que  de  4. 6 . 1  et  4 . 6 . 2  doi t être  mentionnée  

a)  sur l a  p lage  spéci fi ée  de  températures  de  fonctionnement,  ou  

b)  à  une  température  de  25  °C,  et à  des  températures  de  fonctionnement maximales  et 
m in imales .  

4.6. 1  Caractéristiques  statiques  

I l  convien t de  spéci fier l es  paramètres  en  fonction  du  type,  se lon  ce  qu i  est  i nd iqué  ci -
dessous.  

Paramètres  M in imum Typea  Maximum Types  

     A B  C  D  

4. 6. 1 . 1   Cou ran t d ’ a l imentation  +  +  +  +  +  +  +  

4 . 6. 1 . 2   Résistance  therm ique    +    +  +  

a  Optionnel  

 
Les  spéci fications  déta i l l ées  peuvent i nd iquer ces  valeurs  dans  l e  tableau .  

Caractéristiques  Symboles  Condi tions  M in imum Typea  Maximum Un i té  

       

a  Optionnel  
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4.6.2  Caractéristiques  dynamiques  ou  en  courant al ternati f 

I l  convien t de  men tionner chaque caractéristi que  dynam ique  ou  é lectrique  à  couran t a l ternati f 
dans  les  cond i ti ons  é lectri ques  spéci fiées  l es  p l us  défavorables,  par rapport à  l a  p lage  
recommandée  de  tensions  d ’a l imentation ,  se lon  ce  qu i  est  mentionné  en  4 . 5. 1 .  

I l  convien t de  spéci fier l es  paramètres  en  fonction  du  type,  se lon  ce  qu i  est  i nd iqué  ci -
dessous.  

Paramètres  M in imum Maximum Types  

    A B  C  D  

4. 6. 2 . 1  Gain  l i néai re  +   +  +   +  

4 . 6 . 2 . 2  Un i form i té  du  ga in  l i néa i re   +  +  +   +  

4 . 6 . 2 . 3  Gain  en  pu i ssance  +    +   +  

4 . 6 . 2 . 4  Un i form i té  du  ga in  en  pu i ssance   +   +   +  

4 . 6 . 2 . 5  Réduction  d u  gain  +    +    

4 . 6 . 2 . 6  Pu i ssance  de  sorti e  +    +   +  

4 . 6 . 2 . 7  Pu i ssance  de  sorti e  pou r 1  dB  de  compress ion  du  
gain  

+    +   +  

4 . 6 . 2 . 8  Pu i ssance  de  sorti e  l im i te  +  +    +   

4 . 6 . 2 . 9  Un i form i té  de  l a  pu i ssance  de  sorti e  l im i te   +    +   

4 . 6 . 2 . 1 0  D i stors ion  d ’ i n termodu lati on   +    +  +  

4 . 6 . 2 . 1 1  Pu i ssance  au  poi n t  i n tercepti on  +     +  +  

4 . 6 . 2 . 1 2  Facteur de  bru i t   +  +     

4 . 6 . 2 . 1 3  Ampl i tude  du  coeffi cien t  d e  réfl exi on  d ’ en trée  
(affai b l i ssement  de  réfl exion  d ’ en trée)  

+   +  +  +  +  

4 . 6 . 2 . 1 4  Ampl i tude  du  coeffi cien t  d e  réfl exi on  de  sorti e  
(affa i b l i ssement  de  réfl exion  de  sorti e)  

+   +  +   +b  

4 . 6. 2 . 1 5  Ampl i tude  du  coeffi cien t  d e  transm iss ion  i nverse  
( i solati on )  

+   +  +  +  +  

4 . 6. 2 . 1 6  Coeffi cien t  de  conversi on  modu lation  
d ’ampl i tude/modu lati on  de  phase  (s ’ i l  y  a  l i eu )  

 +    +  +  

4 . 6. 2 . 1 7  Temps  de  retard  de  g roupe  (s ’ i l  y  a  l i eu )   +   +  +  +  

4 . 6. 2 . 1 8  Constan te  de  temps  pour l a  commande  de  gain  
au tomatique  

      

4 . 6. 2 . 1 9  Rendement  en  pu i ssance  ajou tée  (s ’ i l  y  a  l i eu )  +      +  

4 . 6. 2 . 20  Taux de  d i stors ion  de  l ’ harmon ique  de  rang  n  (s ’ i l  
y a  l i eu )  (note  2 )  

 +     +  

4 . 6. 2 . 21  Pu i ssance  de  bru i t  en  sorti e  (s ’ i l  y  a  l i eu )   +  
+  

   +  
+  

4 . 6. 2 . 22  I n tens i té  parasi te  selon  l e  ROS  de  charge  
spéci fi ée  (s ’ i l  y  a  l i eu )  (note  2)  

 +     +  

4 . 6. 2 . 23  Rapport  de  pu i ssance  pou r l e  canal  ad j acent  (s ’ i l  
y  a  l i eu )  

 +     +  

4 . 6. 2 . 24  Tolérance  de  charge  non  adaptée  (s ’ i l  y  a  l i eu )   +     +  

4 . 6. 2 . 25  Tolérance  de  source  non  adaptée  (s ’ i l  y  a  l i eu )   +     +  

4 . 6. 2 . 26  Robustesse  de  charge  non  adaptée  (s ’ i l  y a  l i eu )   +     +  

NOTE  1  I l  est  nécessai re,  pour l es  types  B  et  D,  de  sé lectionner soi t  l e  j eu  de  paramètres  de  4 . 6 . 2 . 1 ,  4 . 6 . 2 . 2  et  
4 . 6 . 2 . 7  soi t  cel u i  de  4 . 6. 2 . 3 ,  4 . 6 . 2 . 4  et  4 . 6. 2 . 6.  
NOTE  2  Généralement exprimée  en  dBc.  

a  A l ’ étude.  
b  Optionnel .  Pou r l e  type  D,  i l  est  parfoi s  nécessai re  de  spéci fi er l es  d i sposi ti fs  comme fonctionnant dans  des  

cond i ti ons  de  fonctionnement  en  g rands  s i gnaux au  l i eu  d ’ u n  foncti onnement  en  fai bles  s i gnaux.  B ien  q ue  l a  
défi n i ti on  soi t  l a  même pour l es  deux opérati ons  de  fonctionnement,  i l  convi en t  d ’ u ti l i ser une  méthode  de  
mesure  d i fféren te  pour l e  paramètre  dans  des  cond i ti ons  de  fonctionnement  en  g rands  s i gnaux par rapport  au  
fonctionnement en  fa ibles  s i gnaux.  
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Les  spéci fications  détai l l ées  peuven t i nd iquer ces  valeurs  dans  l e  tab leau .  

Caractéristiques  Symboles  Condi tions  M in imum Typea  Maximum Un i té  

       

a  Optionnel  

 

4. 7  Valeurs  assignées  mécaniques  et envi ronnementales,  caractéristiques  et données  

I l  convien t de  mentionner toutes  valeurs  ass ignées  mécan iques  et envi ronnementales  (voi r 
également les  Paragraphes  5. 1 0  et  5. 1 1  de  l ’ I EC  60747-1 : 2006).  

4.8  Informations  supplémentai res  

S’ i l  y a  l i eu ,  i l  convien t d ’ i nd iquer les  i n formati ons  su ivantes.  

4.8. 1  Ci rcu i t  équ ivalent  d ’entrée  et  de  sortie   

I l  convient d ’ i nd iquer des  in formations  détai l l ées  concernant l e  type  de  ci rcu i ts  d ’entrée  et de  
sortie;  par exemple,  impédances  d ’entrée/de  sortie,  b l ocage du  couran t con tinu ,  d ra in  ouvert;  
etc.  

4.8.2  Protection  i n terne  

I l  convient de  spéci fi er une  mention  i nd iquant s i  l e  ci rcu i t i n tégré  contien t une  protection  
i n terne  contre  les  tensions  ou  l es  champs  é lectriques  stati ques  importants.  

4.8.3  Condensateurs  aux bornes  

Si  des  condensateurs  sont nécessaires  pour l e  b locage du  couran t con ti nu  d ’entrée/de  sortie ,  
i l  convient  de  mentionner ces  dern iers .  

4.8.4  Résistance  thermique   

4. 8.5  In terconnexions  à  d ’ autres  types  de  ci rcu i t  

S’ i l  y a  l i eu ,  i l  convient de  fourn ir des  détai ls  concernant les  i n terconnexions  à  d ’autres  
ci rcu i ts,  par exemple,  un  ci rcu i t de  détection  pour commande au tomatique  de  ga in  (CAG),  des  
ampl i ficateurs  de  détection ,  u n  ampl i ficateur tampon .  

4.8.6  Effets  de  composant(s)  connecté(s)  en  externe  

Des  courbes  ou  données  i nd iquan t l ’effet du  (des)  composant(s)  connecté(s)  en  externe  qu i  
i n fl uencen t l es  caractéristi ques  peuven t être  fourn ies.  

4.8.7  Recommandations  pour tout  (tous)  d isposi ti f(s)  associé(s)  

Par exemple,  i l  convient de  mentionner l e  découplage  de  l a  source  d ’a l imentation  par rapport  
à  un  d ispos i ti f hau te  fréquence.  

4.8.8  Précautions  de  manipu lation  

S’ i l  y a  l i eu ,  i l  convien t de  mentionner l es  précau tions  de  man ipu lation  spéci fi ques  au  ci rcu i t  
(voir également l ’ I EC  61 340-5-1  et l ’ I EC 61 340-5-2).  
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4.8.9  Données  d ’appl ication  

4.8. 1 0  Autres  informations  d ’appl ication  

4.8. 1 1  Date  de  publ ication  de  l a  fiche  techn ique  

5 Méthodes  de mesure  

5.1  Général i tés  

5. 1 . 1  Impédances  caractéristiques  

Les  impédances  caractéristi ques  d ’en trée  et de  sortie  du  système de  mesure,  représentées  
dans  le  ci rcu i t de  cette  norme,  sont de  50  Ω .  S i  e l l es  ne  sont pas  de  50  Ω ,  i l  convient de  
spéci fier leur va leu r.  

5.1 .2  Précautions  générales  

Les  précautions  générales  rapportées  dans  l ’ article  6 . 3,  6 . 4  et 6 . 6  de  l ’ I EC 60747-1 : 2006,   
son t appl icables.  De  p l us,  i l  convien t de  ve i l l er à  u ti l i ser les  a l imentations  con tinues  
stabi l i sées,  et à  découpler en  conséquence  tou tes  les  tensions  d ’al imentation  de  polarisation  
à  l a  fréquence de  mesure.  I l  convient également de  prendre  d es  précau tions  spéciales  
concernan t l ’ impédance de  charge  du  ci rcu i t  d ’essai ,  pour mesurer l a  pu issance  de  sortie .  

Les  n i veaux de  pu issance sont i nd iqués  en  u ti l i san t l ’ un i té  "dBm".  L ’ un i té  "dBm"  exprime un  
décibel  par rapport  à  1  mW.  

5.1 .3  Précautions  de  manipu lation  

Lors  de  l a  man ipu lation  de  d isposi ti fs  sens ib les  à  l ’é l ectrostatique,  l es  précau tions  de  
man ipu lation  i nd iquées  dans  l ’ I EC  61 340-5-1  et  l ’ I EC  61 340-5-2,  doiven t être  observées.  

5.1 .4  Types  

Les  d isposi ti fs  de  cette  norme sont à  l a  fois  des  d ispos i ti fs  de  type  boîtier et puce,  mesurés  
au  moyen  de  supports  d ’essai  appropriés.  

5.2  Gain  (en  pu issance)  l inéai re  (Gl i n )  

5. 2. 1  Objecti f 

Mesurer l e  gain  l inéai re  dans  les  cond i ti ons  spéci fi ées.  
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5.2.2  Schéma de  circu i t  

 

Isolateur 
Atténuateur 
variable 

Coupleur 
d irectif 

Coupleur 
d irectif 

Dispositif 
mesuré 

Générateur 
de signaux 

Wattmètre 1  Al imentation  
de 

polarisation  

Analyseur 
de spectre 

E B C 

A 

D 

Fréquence- 
mètre 

IEC   2246/01  

Wattmètre 2 

 

Figure 1  – Ci rcu i t  pour l es  mesures  du  gain  l inéai re  

5.2.3  Principe de  mesure  

Dans  le  schéma de  la  fi gure  1 ,  l a  pu issance d ’en trée  P i  et  l a  pu issance de  sortie  Po  d u  
d ispos i ti f mesuré  sont  obtenues  au  moyen  des  équations  su ivan tes:  

 Pi  =  P1  +  L1   (1 )  

 Po  =  P2  +  L2  (2)  

dans  l esquel les  P1  et P2  sont l es  valeurs  ind iquées  par l es  wattmètres  1  et  2 ,  respectivement.  

 L1  =  LA – LB  

dans  l esquel l es  LA est l a  perte  du  poin t E  au  poin t A et LB  est l a  perte  du  poin t E  au  poin t B ,  
représentés  respectivement sur l a  fi gure  1 .  

L2  est l a  perte  de  ci rcu i t  du  poin t C  au  poin t D  i nd iquée  su r l a  fi gure  1 .  Pi ,  Po ,  P1  et P2  sont 
exprimés  en  dBm.  L1  et L2  sont exprimés  en  décibels.  

Le  gain  en  pu issance Gp  exprimé en  dB  est obtenu  au  moyen  des  équations  (1 )  et  (2)  comme 
su i t:  

 Gp  =  Po  – P i   (3)  

Le  gain  l i néai re  G l i n  est l e  ga in  en  pu issance  mesuré  dans  l a  rég ion  dans  l aquel l e  l a  variation  
de  la  pu issance  de  sortie  exprimée en  dBm  est iden tique  à  cel le  de  la  pu issance  d ’en trée.  

5.2.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

L’ isolateur a  pour objet de  permettre  de  main ten i r constant le  n i veau  de  pu issance sur le  
d ispos i ti f mesuré  quel l e  que  soi t l a  désadaptation  d ’ impédance à  l ’ en trée.  

I l  convien t de  mesurer au  préalable  les  pertes  de  ci rcu i t L1  et  L2 .  
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5.2.5  Précautions  à  prendre  

I l  convien t d ’é l im iner l es  osci l l ations  re levées  par l ’anal yseur de  spectre  pendan t ces  
mesures.  Les  sorties  doiven t pouvoir supporter l a  pu issance d ’a l imen tation .  

I l  convient de  rédu i re  ces  réponses  paras i tes  et harmon iques  de  man ière  à  ce  qu ’el l es  
deviennent  nég l i geables.  

5.2.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler la  fréquence  du  générateur de  s ignaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

Une  pu issance  d ’en trée  suffisante  est appl i quée  sur l e  d isposi ti f mesuré.  

En  faisant varier l a  pu issance d ’en trée,  confi rmer que  la  variation  de  l a  pu i ssance de  sortie  en  
dBm  est i den tique  à  ce l l e  de  l a  pu issance d ’entrée.  

Le  gain  mesuré  dans  l a  rég ion  où  l a  variation  de  l a  pu issance de  sortie  est i denti que  à  cel l e  
de  la  pu issance  d ’entrée  est  le  ga in  l inéaire  G l i n .  

5.2.7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

5.3  Un i formité  du  gain  (en  pu issance)  l inéai re  (∆Gl i n )  

5.3. 1  Objecti f 

Mesurer l ’ un i form i té  du  ga in  l i néai re  dans  l es  cond i ti ons  spéci fi ées.  

5.3.2  Schéma de  circu i t  

Voi r l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  1 .  

5.3.3  Principe de  mesure  

Voi r l e  principe  de  mesure  en  5. 2. 3 .  

Le  gain  en  pu issance  l inéai re  est obtenu  au  moyen  de  l ’équation  su ivante :  

 ∆Gl i n  =  G l i nmax – Gl i nm in   (4)  

dans  l aquel le  G l i nmax et Gl i nm in  sont l e  gain  l i néai re  maximal  et  le  ga in  l i néaire  m in imal  dans  l a  
bande  de  fréquences  spéci fi ée  à  l a  pu issance  d ’en trée  spéci fi ée,  respectivement.  

5.3.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voir l a  description  et  les  exigences  du  ci rcu i t en  5 . 2 . 4 .  

5.3.5  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre  en  5. 2. 5 .  
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5.3.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler l a  fréquence  du  générateur de  s ignaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

Un  n i veau  de  pu issance d ’entrée  su ffisan t est  appl iqué  sur l e  d isposi ti f mesuré.  

En  faisant varier l e  n i veau  de  la  pu issance  d ’en trée,  confi rmer que  l a  variation  de  l a  
pu issance  de  sortie  en  dBm  est identi que  à  cel l e  de  la  pu issance  d ’entrée.  

Chois i r l e  n iveau  de  pu issance  d ’en trée  approprié  pour mesurer l e  gain  l i néaire.  

Mod i fier l a  fréquence dans  la  bande  de  fréquences  spéci fi ée  avec l e  même n iveau  de 
pu issance  d ’entrée.  

Obten i r l e  ga in  l i néaire  maximal  G l i nmax et le  gain  l i néaire  m in imal  Gl i nm in  dans  l a  bande  de  
fréquences  spéci fiée.  

L ’un i form i té  du  gain  l i néai re  ∆Gl i n  est obtenue  au  moyen  de  l ’ équation  (4).   

5.3.7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Bande de  fréquences  

5.4 Gain  en  pu issance  (Gp)  

5.4. 1  Objecti f 

Mesurer l e  gain  en  pu issance  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

5.4.2  Schéma de  circu i t  

Voir l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  1 .  

5.4.3  Principe  de  mesure  

Voir l e  principe  de  mesure  en  5. 2. 3 .  

5.4.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voir l a  description  et  les  exigences  du  ci rcu i t en  5 . 2 . 4 .  

5.4.5  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre  en  5. 2. 5 .  

5.4.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler la  fréquence  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

La  polarisation  est appl iquée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

La  pu issance  d ’en trée  spéci fiée  Pi  est appl i quée  sur l e  d ispos i ti f mesuré.  

La  pu issance  de  sortie  Po est  mesurée.  
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5.4.7  Cond i tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

– Pu issance d ’entrée  

5.5  Un iformité  du  gain  (en  pu issance)  (∆Gp)  

5.5. 1  Objecti f 

Mesurer l ’ un i form i té  du  ga in  en  pu issance  dans  les  cond i tions  spéci fiées.  

5.5.2  Schéma de  circu i t  

Voi r l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  F igure  1 .  

5.5.3  Principe de  mesure  

Voi r l e  principe  de  mesure  en  5. 2. 3 .  

L ’un i form i té  du  ga in  en  pu issance est  obtenue  au  moyen  de  l ’ équation  su ivan te:  

 ∆Gp  =  Gpmax – Gpm in   (5)  

dans  laquel l e  Gpmax et Gpm in  sont l e  gain  en  pu issance  maximal  et  l e  ga in  en  pu issance  
m in imal  dans  l a  bande  de  fréquences  spéci fi ée  à  la  pu issance d ’entrée  spéci fi ée,  
respectivement.  

5.5.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voir l a  description  et  les  exigences  du  ci rcu i t en  5 . 2 . 4 .  

5.5.5  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre  en  5. 2. 5 .  

5.5.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler la  fréquence  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

La  pu issance  d ’entrée  Pi  est  appl iquée  sur le  d ispos i ti f mesuré.  

La  pu issance  de  sortie  Po est  mesurée.  

Le  gain  en  pu issance  est ca lcu lé  au  moyen  de  l ’ équation  (3) .  

La  fréquence dans  la  bande  de  fréquences  spéci fiée  présen te  une  variation  conti nue  avec l e  
même n iveau  de  pu issance d ’en trée.  

Obten i r l e  ga in  en  pu issance maximal  Gpmax et l e  ga in  en  pu issance m in imal  Gpm in  dans  l a  
bande  de  fréquences  spéci fi ée.  

L ’un i form i té  du  gain  en  pu issance  est obtenue  au  moyen  de  l ’ équation  (5).  



I EC 60747-1 6-1 : 2001 +AMD1 : 2007  – 83  – 
+AMD2: 201 7  CSV © I EC 201 7  

5.5.7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Bande de  fréquences  

– Pu issance d ’entrée  

5.6  Réduction  du  gain  (maximum d ispon ible)  (∆Gred )  

5. 6. 1  Objecti f 

Mesurer la  réduction  du  gain  d ’un  ampl i ficateur à  commande au tomatique  de  gain  (CAG)  dans  
l es  cond i tions  spéci fiées.  

5.6.2  Schéma de  ci rcu i t  

Voi r l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  1 ,  dans  l equel  l ’ a l imentation  de  polarisation  
con tien t une  polarisation  de  la  CAG.  

5.6.3  Principe de  mesure  

Voi r l e  principe  de  mesure  en  5. 2 . 3 .  

5.6.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voi r l a  description  et  l es  exigences  du  ci rcu i t en  5 . 2 . 4 .  

5.6.5  Précautions  à  prendre  

Voir l es  précautions  à  prendre  en  5. 2. 5.  

5.6.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler l a  fréquence  du  générateur de  s ignaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

La  polarisation  CAG  est rég lée  aux valeurs  spéci fiées,  pour donner l e  gain  l i néai re  maximal  
Gl i nmax.  

Une  pu issance d ’en trée  suffisante  est appl i quée  sur l e  d isposi ti f mesuré.  

En  faisant varier l a  pu issance d ’entrée,  confi rmer que  la  variation  de  l a  pu i ssance de  sortie  en  
dBm  est i den tique  à  cel l e  de  l a  pu issance d ’entrée.  

Le  ga in  mesuré  dans  l a  rég ion  où  l a  variation  de  l a  pu issance  de  sortie  est i denti que  à  cel l e  
de  la  pu issance  d ’entrée  est  le  ga in  l inéaire  maximal  Gl i nmax.  

La  polarisation  CAG  est  rég lée  à  l a  va leur spéci fiée,  pour donner l e  ga in  l i néaire  m in imal  
Gl i nm in .  

Le  gain  l i néai re  m in imal  Gl i nm in  est mesuré  en  dB  de  la  même man ière  que  ce  qu i  est ind iqué  
ci -dessus.  

 ∆Gred  =  Gl i nmax – Gl i nm in  (6)  

5.6.7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  
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– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

– La  polarisation  CAG  donnant l e  gain  l i néaire  maximal  et l e  ga in  l i néai re  m in imal  

5.7  Pu issance  de  sortie  l im ite  (Po(l tg ))  et  un i formi té  de  l a  pu issance  de  sortie  l im ite  
 (∆Po(l tg ))  

5. 7. 1  Objecti f 

Mesurer la  pu issance de  sortie  l im i te  et l ’ un i form i té  de  l a  pu issance de  sortie  l im i te  dans  l es  
cond i tions  spéci fiées.  

5.7.2  Schéma de  ci rcu i t  

Voi r l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  1 .  

5.7.3  Principe de  mesure  

Voi r l e  principe de  mesure  en  5. 2. 3 .  

5.7.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voi r l a  description  et  l es  exigences  du  ci rcu i t en  5 . 2 . 4 .  

5.7.5  Précautions  à  prendre  

Voir l es  précautions  à  prendre  en  5. 2. 5.  

5.7.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler l a  fréquence  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fiée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

La  pu issance  d ’entrée  P i  est  appl iquée  sur le  d ispos i ti f mesuré.  

La  pu issance  de  sortie  Po est  mesurée.  

En  faisant varier l a  pu issance d ’en trée  en tre  l es  l im i tes  i n férieure  et supérieure  de  l a  p lage  
l im i te,  trouver l es  pu issances  de  sortie  m in imale  et  maximale  (Po(l tg ,m in)  e t  Po(l tg ,max)) .  

La  pu issance de  sortie  l im i te  (Po(l tg ))  et l ’ un i form i té  de  l a  pu issance de  sortie  l im i te  (∆Po(l tg ))  
son t obtenues  au  moyen  des  équations  su ivantes:  

 Po(l tg )  =  Po(l tg ,max)   (7)  

 ∆Po(l tg )  =  Po(l tg ,max)  – Po(l tg ,m in )   (8)  

5.7.7  Cond i tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

– L im i te  i n férieure  de  la  pl age  l im i te  

– L im i te  supérieure  de  l a  p lage  l im i te  
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5.8  Pu issance  de  sortie  (Po)  

5.8. 1  Objecti f 

Mesurer l a  pu issance  de  sortie  dans  les  cond i ti ons  spéci fi ées.  

5.8.2  Schéma de  circu i t  

Voi r l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  1 .  

5.8.3  Principe de  mesure  

Voi r l e  principe  de  mesure  en  5. 2. 3 .  

5.8.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voi r l a  description  et  les  exigences  du  ci rcu i t en  5 . 2 . 4 .  

5.8.5  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre en  5. 2. 5 .  

5.8.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler la  fréquence  du  générateur de  s ignaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

Les  cond i tions  de  polarisation  spéci fi ées  sont appl i quées.  

La  pu issance  d ’entrée  est appl iquée  avec la  va leur spéci fiée  sur l e  d ispos i ti f mesuré.  

La  pu issance  de  sortie  est mesurée.  

5.8.7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Bande de  fréquences  

– Pu issance d ’entrée  

5.9  Pu issance  de  sortie  pour une compression  de  gain  de  1  dB  (Po(1 dB))  

5. 9. 1  Objecti f 

Mesurer la  pu issance de  sortie  pour une  compression  de  ga in  de  1  dB  dans  l es  cond i tions  
spéci fiées.  

5.9.2  Schéma de  ci rcu i t  

Voi r l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  1 .  

5.9.3  Principe de  mesure  

Voi r l e  principe  de  mesure  en  5. 2. 3 .  

La  pu issance  de  sortie  pour une  compress ion  de  gain  de  1  dB  Po(1 dB) ,  est l a  va leur pour 
l aquel l e  l e  ga in  d im inue  de  1  dB,  par rapport au  gain  l i néaire.  
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5.9.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voi r l a  description  et  l es  exigences  du  ci rcu i t en  5 . 2 . 4 .  

5.9.5  Précautions  à  prendre  

Voir l es  précautions  à  prendre  en  5. 2. 5.  

5.9.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler l a  fréquence  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

Une  pu issance d ’en trée  suffisante  est appl i quée  sur l e  d isposi ti f mesuré.  

En  faisant varier l a  pu issance d ’en trée,  confi rmer que  la  variation  de  l a  pu i ssance de  sortie  en  
décibels  est  i den tique  à  cel le  de  l a  pu issance d ’en trée.  

Le  gain  mesuré  dans  la  rég ion  où  l a  variation  de  la  pu issance de  sortie  en  décibels  est  
i denti que  à  cel l e  de  l a  pu issance d ’en trée  est l e  ga in  l i néai re  Gl i n .  

La  pu issance d ’en trée  est augmentée  j usqu ’à  ce  que  l e  ga in  d im inue  de  1  dB  par rapport au  
gain  l i néai re  Gl i n .  

La  pu issance  de  sortie  est mesurée  au  poin t  de  compress ion  de  gain  de  1  dB.  

5.9.7  Cond i tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

5.1 0  Facteur de bru i t  (F)  

5. 1 0. 1  Objecti f 

Mesurer l e  facteur de  bru i t  dans  l es  cond i tions  spéci fi ées.  
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5.1 0.2  Schéma de  circu i t  

 Générateur 
de signaux 

Fréquence
-mètre 

Décibel- 
mètre Mélangeur 

Amplificateur 
à faible bruit 

Source 
de bruit 

Isolateur 
Dispositif 
mesuré Isolateur 

Al imentation  
de 

polarisation  

A B C 

IEC   2247/01   

Figure  2  – Ci rcu i t  de  base  pour l a  mesure du  facteur de  bru i t  

5. 1 0.3  Principe de  mesure  

Le  facteur de  bru i t  F d u  d ispos i ti f mesuré  est ca lcu lé  au  moyen  de  l ’équation  su ivan te:  
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F1 2  est  l e  facteur de  bru i t g l obal ;  

L1  est  l a  perte  de  ci rcu i t du  poin t  A au  poin t B ;  

F2  est  l e  facteur de  bru i t après  l e  poin t C  au  n i veau  de  l a  sortie;  

Gl i n  est  l e  gain  l i néaire  du  d ispos i ti f mesuré;  

F1 2 ,  F2 ,  G l i n  et L1  sont  exprimés  en  dB.  

La  mesure  du  facteur de  bru i t est réa l isée  en  u ti l i san t l a  méthode de  mesures  chaude et  
froide.  

F1 2 ,  F2  et Gl i n  sont ca lcu lés  comme su i t:  
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dans  l aquel le  

ENR  est  l e  rapport  de  bru i t  excédentaire  de  la  source  de  bru i t exprimée  en  décibels ;  

PN1  et PN2  exprimés  en  watts,  son t l es  pu issances  de  bru i t mesurées  respectivement dans  
l es  états  chaud  et  froid  de  l a  source  de  bru i t;  

PN3 et PN4  exprimés  en  watts,  son t l es  pu issances  de  bru i t mesurées  respectivement dans  
l es  états  chaud  et fro id  de  l a  source  de  bru i t,  dans  l e  cas  où  l e  poin t A est 
d i rectement connecté  au  poin t  C  de  la  fi gu re  2 .  
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La  température  de  l a  mesure  est  290  K.  

5.1 0.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

I l  convien t de  mesurer au  préalable  la  perte  de  ci rcu i t  L 1 .  

5.1 0.5  Précautions  à  prendre  

La tota l i té  du  ci rcu i t  do i t  être  protégée con tre  l es  i n terférences  é lectromagnétiques  et m ise  à  
l a  terre  pour empêcher l ’ i n fluence de  s ignaux paras i tes.  Pour l a  mesure  du  facteur de  bru i t  
dans  la  cond i tion  de  l a  bande  l atéra le  un ique,  l ’ image et l es  au tres  réponses  paras i tes  qu i  
son t produ i tes  par l e  mélangeur requ ièren t une  atten tion  tou te  particu l i ère.  

I l  convient  de  rédu ire  ces  réponses  parasi tes  de  man ière  à  ce  qu ’e l les  deviennent  
nég l igeables.  

5.1 0.6  Procédure  de  mesure  

La  fréquence du  générateur de  s ignaux est a j ustée  à  l a  cond i tion  spéci fi ée.  

Pour mesurer la  con tribu tion  en  bru i t  d u  système de  mesure,  connecter l e  poin t  A au  poin t C  
sur l a  figure  2  sans  l e  d ispos i ti f à  mesurer.  

Les  pu issances  de  bru i t  PN3 et PN4 ,  correspondant respectivement aux sources  de  bru i t  
chaude  et  froide  sont  mesurées.  

Le  d ispos i ti f mesuré  est  i nséré  de  l a  man ière  i nd iquée  sur la  fi gure  2 .  

La  polarisation  est appl iquée  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

Mesurer l es  pu issances  de  bru i t PN1  et PN2 ,  correspondant respectivement aux sources  de  
bru i t chaude et  froide.  

Le  facteur de  bru i t,  en  décibels ,  est  ca lcu lé  au  moyen  de  l ’ équation  (9) .  

NOTE  Rég ler l ’ impédance  d ’ en trée  et  de  sorti e  du  d i spos i ti f mesuré  pou r q u ’e l l es  coïnci den t,  s ’ i l  y  a  l i eu .  

5.1 0.7  Cond i tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

– Bande l atérale  s imple  ou  bande  l atérale  double  

5.1 1  Distorsion  d ’ in termodu lation  (à  deux tonal i tés)  (Pn /P1 )  

5. 1 1 . 1  Objecti f 

Mesurer l a  d is tors ion  d ’ i n termodu lation  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  
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5.1 1 .2  Schéma de  circu i t  
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Figure 3  – Ci rcu i t  de  base  pour l es  mesures  de  l a  d istorsion  
d ’ in termodu lation  à  deux fréquences  porteuses  

5. 1 1 .3  Principe de  mesure  

Dans  l e  schéma de  l a  figure  3 ,  l a  pu issance d ’en trée  Pi  et  l es  pu issances  de  sortie  P1  et Pn  du  
d ispos i ti f mesuré  sont obtenues  au  moyen  des  équations  su ivan tes :  

 Pi  =  Pa  +  L1  (1 3)  

  P1  =  Pb  +  L2  (1 4)  

 Pn  =  Pc +  L2  (1 5)  

dans  l esquel les  

P1  et  Pn   son t respectivement l es  pu issances  du  s ignal  de  l a  composante  
fondamentale  et de  l a  d istors ion  d ’ i n termodu lation ;  

Pa ,  Pb  e t  Pc   son t l es  va leurs  i nd iquées  par l ’ anal yseur de  spectre  correspondant 
respectivement à  Pi ,  P1  e t  Pn :  

L1   est l a  d i fférence en tre  l es  pertes  LA  e t  LB  où  LA  est l a  perte  du  poin t E  au  
poin t A et LB  est l a  perte  du  poin t E  au  poin t B  i nd iquées  sur la  fi gure  3,  
respectivement.  L2  est l a  perte  de  ci rcu i t du  poin t  C  au  poin t D  i nd iquée  
sur l a  figure  3 .  Pi ,  P1 ,  Pn ,  Pa ,  Pb  e t  Pc  son t exprimés  en  dBm.  L1  e t  L2  
son t exprimés  en  décibels.  

La  d is tors ion  d ’ i n termodu lation ,  Pn /P1 ,  qu i  est exprimée  en  dBc,  est obtenue  au  moyen  des  
équations  (1 4)  et  (1 5)  comme su i t:  

 Pn /P1  =  Pn  –  P1  =  Pc  –  Pb  (1 6)  
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5.1 1 .4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voi r l a  description  et  les  exigences  du  ci rcu i t en  5 . 2 . 4 .  

L ’atténuateur variable  3  peu t être  é l im iné.  

5.1 1 .5  Précautions  à  prendre  

Voir l es  précautions  à  prendre  en  5. 2. 5.  

I l  est recommandé de  raccorder l e  port D,  l orsque  l ’ i n terrupteur est connecté  à  l a  pos i tion  A,  
et  vice  versa.  

5.1 1 .6  Procédure  de  mesure  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

L ’ i n terrupteur est  connecté  à  la  posi ti on  A.  

Le  générateur de  s ignaux 1  est acti vé  et l e  s ignal  de  l a  composante  fondamenta le  est 
appl iqué  au  d ispos i ti f mesuré,  avec l e  n i veau  spéci fi é  Pi ,  au  moyen  de  l ’ anal yseur de  spectre  
et  de  l ’ atténuateur variable  1 .  

Le  générateur de  s ignaux 2  est acti vé  et un  au tre  s i gnal  est a j ou té  sur l e  d isposi ti f mesuré,  
avec l e  même n iveau  que  le  s i gnal  de  l a  composante  fondamentale,  au  moyen  de  l ’ anal yseur 
de  spectre  et  de  l ’ atténuateur variable  2 .  

L ’ i n terrupteur est  connecté  à  l a  pos i ti on  D.  

Les  pu issances  de  sortie  Pb  et Pc en  dB  du  s i gnal  de  la  composante  fondamentale  et des  
produ i ts  d ’ i n termodu lation  sont mesurées  au  moyen  de  l ’ anal yseur de  spectre.  

La  d is tors ion  d ’ i n termodu lation  pour la  pu issance  d ’en trée  spéci fiée  Pi  est  obtenue  au  moyen  
des  équations  (1 3)  à  (1 6) .  

5. 1 1 .7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Pu issance d ’entrée  

– Fréquences  

5. 1 2  Pu issance  au  point  d ’ in terception  (pour l es  produits  d ’ in termodu lation )  (Pn(IP))  

5. 1 2. 1  Objecti f 

Mesurer la  pu issance au  poin t d ’ i n terception  pour l es  produ i ts  d ’ in termodu lation  dans  l es  
cond i ti ons  spéci fiées.  

5. 1 2.2  Schéma de  ci rcu i t  

Voi r l e  schéma de  ci rcu i t  en  5. 1 1 . 2.  

5. 1 2.3  Principe de  mesure  

Voi r l e  principe  de  mesure  en  5. 1 1 . 3.  
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5.1 2.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voi r l a  description  et  les  exigences  du  ci rcu i t en  5 . 1 1 . 4 .  

5.1 2.5  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre  en  5. 1 1 . 5.  

5.1 2.6  Procédure  de  mesure  

La  polarisation  est appl iquée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

L ’ i n terrupteur est  connecté  à  l a  pos i tion  A.  

Le  générateur de  s i gnaux 1  est acti vé  et l e  s i gnal  de  l a  composante  fondamentale  est 
appl iqué  au  d ispos i ti f mesuré,  avec l e  n iveau  spéci fié,  au  moyen  de  l ’ analyseur de  spectre  et  
de  l ’atténuateur variable  1 .  

Le  générateur de  s i gnaux 2  est acti vé  et un  au tre  s i gnal  est appl iqué  au  d ispos i ti f mesuré,  
avec l e  même n iveau  que  le  s i gnal  de  l a  composante  fondamenta le,  au  moyen  de  l ’ anal yseur 
de  spectre  et  de  l ’ atténuateur variable  2 .  

L ’ i n terrupteur est  connecté  à  l a  pos i tion  D.  

Les  pu issances  de  sortie  du  s ignal  de  l a  composante  fondamentale  et l es  produ i ts  
d ’ i n termodu lation  spéci fiés  sont mesurés  au  moyen  de  l ’ anal yseur de  spectre.   

Pour changer l e  n i veau  de  pu issance  des  s i gnaux d ’entrée  au  moyen  de  l ’atténuateur variable  
3,  la  procédure  ci -dessus  est renouvelée  dans  la  gamme spéci fiée.  

Les  données  obtenues  son t tracées.  

Les  l i gnes  droi tes  du  s i gnal  de  la  composante  fondamenta le  et  des  produ i ts  d ’ i n termodu lation  
dans  l a  rég ion  l i néaire  sont étendues.  

La  pu issance de  sortie  au  poin t d ’ in terception  des  deux l i gnes  étendues  est la  pu issance au  
poin t d ’ i n terception  pour les  produ i ts  d ’ i n termodu lation ,  c’est-à-d i re  de  deuxième ordre,  de  
trois ième ordre,  etc. ,  dans  l es  cond i tions  spéci fi ées  requ ises  en  5 . 1 2 .7 .  

5.1 2.7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Pu issance  d ’en trée  

– Fréquences  

– P lage  de  pu issance  d ’en trée  

5. 1 3  Ampl i tude  du  coefficient de  réflexion  d ’entrée (affaibl issement de  réflexion  
d ’entrée)  ( |S1 1 | )  

5. 1 3. 1  Objecti f 

Mesurer l ’ ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  d ’entrée  (affaib l issement de  réflexion  d ’en trée)  
dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  
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5. 1 3.2  Schéma de  ci rcu i t  
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Figure 4 – Ci rcu i t  pour l es  mesures  d ’ampl i tude  du  coefficient de  réflexion  d ’entrée/ 
de  sortie  (affaibl issement de  réflexion  d ’entrée/de  sortie)   

NOTE  Un  analyseur de  réseau  peu t  être  u ti l i sé  pou r mesurer l ’ ampl i tude  du  coeffi cien t  d e  réfl exi on  
(affai b l i ssement  de  réfl exion  d ’ en trée/de  sorti e).  

5.1 3.3  Principe de  mesure  

Pour cette  mesure,  l ’ ampl i tude  du  coefficient de  réflexion  est exprimée en  affaib l issement de  
réflexion ,  q u i  est communément u ti l i sé.  Ains i ,  l e  s i gne  de  l ’ affaib l issement de  réflexion  est 
opposé  à  ce lu i  de  l ’ ampl i tude  du  coefficient  de  réflexion  en  décibels.  

L ’affa ib l issement de  réflexion  d ’entrée  est  obtenu  au  moyen  de  l ’équation  su ivante:  

   |S1 1 |  (dB)  =  P1  (dBm)  – P2  (dBm)  (1 7)  

dans  l aquel le  

P1  est l a  pu issance mesurée  l orsque  l a  l i gne  au  poin t A est soi t court-ci rcu i tée  soi t réa l isée  
en  ci rcu i t  ouvert;  

P2  est  l a  pu issance  mesurée  l orsque  l e  d ispos i ti f mesuré  est  i nséré.  

5.1 3.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

L’ isolateur a  pour objet de  permettre  de  main ten ir constant le  n i veau  de  pu issance sur le  
d isposi ti f mesuré  quel l e  que  soi t  l a  désadaptation  d ’ impédance à  l ’ en trée.  

Le  port  d ’en trée  du  d ispos i ti f mesuré  est connecté  au  coupleur d i recti f,  et d ’autres  ports  RF  
son t connectés  à  l a  term inaison .  

La  d i rectivi té  du  coupleu r d i recti f doi t  ê tre  suffisante  pour évi ter une  erreu r excess ive  dans  la  
va leur d ’affaib l issement de  réflexion  du  d ispos i ti f mesuré.   

5.1 3.5  Précautions  à  prendre  

Voir ce  qu i  est  spéci fié  en  5. 1 . 2 .  

5.1 3.6  Procédure  de  mesure  

La  fréquence  du  générateur de  s ignaux  est  rég lée  à  l a  va leur spéci fiée.  

Les  poin ts  A et  B  sont  déconnectés.  

La  l i gne  au  poin t  A est  so i t  court-ci rcu i tée  soi t réal i sée  en  ci rcu i t  ouvert.  
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Le  résu l tat du  wattmètre  est  enreg istré  en  tan t que  P1 .  

Le  d isposi ti f  mesuré  est i nséré  en tre  l es  poin ts  A et  B.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

Le  résu l tat d u  wattmètre  est  à  nouveau  enreg istré  en  tan t que  P2 .  

L ’affa ib l issement de  réflexion  d ’entrée  est  ca lcu lé  par l ’équation  (1 7) .  

5.1 3.7  Cond i tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

– Pu issance d ’entrée  

5.1 4 Ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  de  sortie  (affaibl i ssement de  réflexion  de  
sortie)  ( |S22 | )  

La  défin i ti on  du  paramètre  d ’ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  de  sortie  |S22 |  est  la  seu le  
pour toutes  l es  cond i ti ons  de  fonctionnement des  d ispos i ti fs ;  cependant,  i l  est nécessai re  
d ’appl iquer l es  d i fféren tes  méthodes  de  mesure  selon  les  cond i tions  de  fonctionnement.  A 
noter que  l a  va leur de  |S22 |  dépend  du  n iveau  de  pu issance de  sortie  en  fonctionnement.  

La  méthode  décri te  en  5 . 1 4. 1  est destinée  à  l a  mesure  dans  la  cond i ti on  de  fonctionnement 
en  fa ib les  s i gnaux,  tand is  qu ’en  5. 1 4 . 2  est l a  méthode de  mesure  pour l a  cond i tion  de  
fonctionnement en  grands  s i gnaux.  

5.1 4. 1  Ampl i tude  du  coefficient de  réflexion  de  sortie  (affaibl issement de  réflexion  de  
sortie)  dans  une condi tion  de  fonctionnement  en  faibles  s ignaux 

5. 1 4. 1 . 1  Objecti f 

Mesurer l ’ ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  de  sortie  (affa ib l issement de  réflexion  de  
sortie)  dans  les  cond i ti ons  en  faib les  s ignaux spéci fi ées.  

5.1 4. 1 .2  Schéma de  ci rcu i t  

Voi r l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  4 .  

5.1 4. 1 .3  Principe de  mesure  

Voi r l e  principe  de  mesure en  5. 1 3. 3.  

L ’affa ib l issement de  réflexion  de  sortie  est obtenu  au  moyen  de  l ’équation  su ivante :  

   |S22 |  (dB)  =  P1 (dBm )  – P2  (dBm )   ( 1 8)  

dans  l aquel le  

P1   est la  pu issance mesurée  l orsque  l a  l i gne  au  poin t A est soi t  court-ci rcu i tée  soi t réal isée  
en  ci rcu i t ouvert;  

P2   est  l a  pu issance mesurée  l orsque  l e  d isposi ti f mesuré  est  i nséré.  
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5.1 4. 1 .4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

L’ isolateur a  pour objet de  permettre  de  main ten ir constant l e  n iveau  de  pu issance  sur l e  
d isposi ti f mesuré  quel l e  que  soi t  l a  désadaptation  d ’ impédance à  l ’ en trée.  

Le  port  de  sortie  du  d isposi ti f mesuré  est connecté  au  coupleur d i recti f,  et  d ’au tres  ports  RF  
son t connectés  à  l a  term inaison .  

La  d i rectivi té  du  coupleu r d i recti f doi t  être  suffisante  pour évi ter une  erreur excess ive  dans  la  
va leur d ’affaib l issement de  réflexion  du  d ispos i ti f mesuré.   

5.1 4. 1 .5  Précautions  à  prendre  

Voi r ce  qu i  est  spéci fi é  en  5. 1 . 2 .  

5. 1 4. 1 .6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler la  fréquence  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

Les  poin ts  A et  B  sont  déconnectés.  

La  l igne  au  poin t  A est  soi t  court-ci rcu i tée  soi t  réal i sée  en  ci rcu i t ouvert.  

Le  résu l tat d u  wattmètre  est  enreg istré  en  tant  que  P1 .  

Le  d isposi ti f mesuré  est  i nséré  entre  les  poin ts  A et  B.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

Le  résu l tat d u  wattmètre  est  à  nouveau  enreg istré  en  tan t que  P2 .  

L ’affa ib l issement de  réflexion  de  sortie  est ca lcu lé  par l ’ équation  (1 8).  

5.1 4. 1 .7  Cond i tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

– Pu issance d ’entrée  

5.1 4.2  Ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  de  sortie  (affaibl i ssement de  réflexion  de  
sortie)  dans  une  condition  de  fonctionnement en  grands  signaux 

5. 1 4.2. 1  Objecti f 

Mesurer l ’ ampl i tude  du  coefficien t de  réflexion  de  sortie  (affa ib l issement de  réflexion  de  sortie   
|S22 | )  dans  l a  cond i tion  de  fonctionnement en  grands  s ignaux spéci fiée.  
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5. 1 4.2.2  Schéma de  circu i t  
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Figure 5  – Ci rcu i t  pour l a  mesure du  coefficient  de  réflexion  de  sortie  

5. 1 4.2.3  Principe de  mesure  

Voi r l e  principe  de  mesure  en  5. 1 3. 3.  

L ’affa ib l issement de  réflexion  de  sortie  est obtenu  au  moyen  de  l ’équation  su ivante:  

  |S22 |  (dB)  =  P1 (dBm )  – P2  (dBm )  (1 9)  

dans  l aquel le  

P1   est l a  va leur i nd iquée  su r l ’ anal yseur de  spectre  l orsque  l ’ i n terrupteur r. f.  est pos i ti onné  
sur Y,  exprimée en  dBm ;  

P2   est l a  va leur i nd iquée  su r l ’ anal yseur de  spectre  l orsque  l ’ i n terrupteur r. f.  est pos i tionné  
sur A,  exprimée en  dBm .  

5.1 4.2.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Les  i so lateurs  ont pour objet de  permettre  de  mainten ir constant l e  n iveau  de  pu issance sur l e  
d ispos i ti f mesuré  quel le  que  soi t l a  désadaptation  d ’ impédance à  l ’ en trée.  

Le  générateur de  s ignaux 1  fourn i t une  pu issance spéci fiée  au  d ispos i ti f mesuré,  et  l e  
générateur 2  est une  sou rce  de  s ignal  destinée  à  mesurer le  coefficien t de  réflexion  de  sortie  
.  
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5.1 4.2.5  Précautions  à  prendre  

I l  convien t d ’é l im iner l es  osci l l ations  re levées  par l ’anal yseur de  spectre  pendan t ces  
mesures.   

I l  convien t de  rédu ire  ces  réponses  paras i tes  ou  harmon iques  des  générateurs  de  s i gnaux de  
man ière  à  ce  qu ’e l l es  deviennent nég l igeables.  

Séparer l a  fréquence  du  générateur de  s ignaux 1  (f1 )  et du  générateur 2  (f2)  parm i  l es  
réponses  en  fréquence nég l i geables  du  d isposi ti f mesuré.   

5. 1 4.2.6  Procédure  de  mesure  

I l  convient de  rég ler la  fréquence du  générateur de  s i gnaux 1  pour le  s i gnal  d ’entrée  à  l a  
va leur spéci fi ée  (f1 ) .  

I l  convien t de  rég ler l a  fréquence du  générateur de  s i gnaux 2  pour l e  s ignal  de  réflexion  de  
sortie  à  l a  va leur spéci fi ée  (f2) .  

L ’ i n terrupteur RF  est pos i ti onné  sur X.  

I l  convien t d ’aj uster l a  pu issance du  générateur de  s i gnaux 2  à  20  dB  de  moins  que  l a  
pu issance  de  sortie  spéci fiée  du  d ispos i ti f mesuré.  

L ’ i n terrupteur RF  est pos i tionné  sur Y.  

I l  convien t d ’enreg istrer l a  pu issance  ind iquée  sur l ’ anal yseur de  spectre  (P1 ) .   

L ’ i n terrupteur RF  est pos i ti onné  sur A.  

Les  polarisations  sont  appl iquées  dans  l es  cond i ti ons  spéci fi ées.  

I l  convien t d ’appl iquer l a  pu issance  spéci fiée  sur l e  d ispos i ti f mesuré.  

Enreg istrer l a  pu issance  i nd iquée  sur l ’ anal yseur de  spectre  (P2) .  

Le  coefficien t de  réflexion  de  sortie  est  calcu lé  au  moyen  de  l ’ équation  (1 9).  

5.1 4.2.7  Cond i tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquences  

– Pu issance d ’entrée  

– Pu issance de  sortie  

5.1 5  Ampl i tude  du  coefficien t de  transmission  inverse  (i solation)  ( |S1 2 | )  

5. 1 5. 1  Objecti f 

Mesurer l ’ampl i tude  du  coefficien t de  transm ission  i nverse  ( i solation)  dans  l es  cond i ti ons  
spéci fiées.  
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5. 1 5.2  Schéma de  circu i t  
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Figure 6  – Ci rcu i t  pour l a  mesure de  l ’ i solation  

NOTE  Un  anal yseur de  spectre  peut  égal ement être  u ti l i sé  pour mesurer l ’ ampl i tude  de  l ’ i solation .  

5.1 5.3  Principe de  mesure  

Le  port de  sortie  du  d i spos i ti f mesuré  est connecté  à  l ’ i solateur,  et  l e  port d ’en trée  est  
connecté  à  l a  term inaison .  

La  pu issance  d ’entrée  au  poin t A est P1  et l a  pu issance  de  sortie  au  poin t B  est P2 .  

L ’ isolation  est obtenue  au  moyen  de  l ’ équation  (20)  comme su i t:  

  |S1 2 |  (dB)  =  P1  (dBm)  – P2  (dBm)  (20)  

5.1 5.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

L’ isolateur a  pour objet de  permettre  de  main ten i r constant l e  n iveau  de  pu issance  sur l e  
d ispos i ti f mesuré  quel l es  que  soien t l es  désadaptations  d ’ impédance  aux ports  de  sortie .  

Le  port de  sortie  du  d i sposi ti f mesuré  est connecté  à  l ’ i so lateur,  e t l e  port d ’en trée  est  
connecté  à  l a  term inaison .  

La  p lage  d ynam ique  du  wattmètre  doi t  être  importan te  en  comparaison  du  coefficien t de  
transm ission  i nverse  du  d ispos i ti f mesuré.  

5.1 5.5  Précautions  à  prendre  

Voi r ce  qu i  est  spéci fi é  en  5. 1 . 2 .  

5.1 5.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler la  fréquence  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fiée.  

Les  poin ts  A et  B  sont  connectés  sans  i nsérer l e  d ispos i ti f mesuré.  

Le  résu l tat de  pu issance  d ’entrée  ind iqué  par l es  d isposi ti fs  de  mesure  est  enreg istré  en  tant  
que  P1 .  

Le  d ispos i ti f mesuré  est  ensu i te  i nséré  en tre  l es  poin ts  A et B .  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

La  pu issance  de  sortie  enreg istrée  a lors  par l e  d i spos i ti f de  mesure  est notée  P2 .  
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Le  coefficien t de  transm ission  inverse  est  obtenu  au  moyen  de  l ’équation  (20) .  

5.1 5.7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

– Pu issance  d ’entrée  

5.1 6  Coefficient  de  conversion  modu lation  d ’ampl i tude/modu lation  de  phase  (α (AM -PM ))  

5. 1 6. 1  Objecti f 

Mesurer le  coefficien t de  conversion  modu lation  d ’ampl i tu de/modu lation  de  phase  dans  l es  
cond i ti ons  spéci fiées.  

5.1 6.2  Schéma de  circu i t  
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Figure 7  – Ci rcu i t  de  base  pour l a  mesure  de  α(AM-PM)  

NOTE  Un  anal yseu r de  réseau  peut  égal ement  être  u ti l i sé  pou r mesurer l e  coeffi cien t  de  conversion  modu l ation  
d ’ampl i tude/modu lati on  de  phase.  

5.1 6.3  Principe de  mesure  

Dans  l e  schéma de  ci rcu i t représenté  sur l a  fi gu re  7 ,  l a  pu issance d ’entrée  P i  est obtenue  au  
moyen  de  l ’ équation  su ivan te:  
 Pi  =  P1  +  L1  (21 )  

dans  l aquel le  

P1  est  l a  va leur i nd iquée  par l e  wattmètre ;  

L1  est  l a  perte  de  ci rcu i t  du  poin t  A au  poin t B  représentés  sur l a  figure  7.  

La  phase  du  s ignal  de  sortie  φ0  dans  l e  schéma de  ci rcu i t est obtenue  au  moyen  de  l ’équation  
su ivante:  
 φ0  =  φ1  –  φ2  (22)  

dans  l aquel le  

φ1 ,  φ2  son t respectivement l es  d i fférences  de  phase  du  poin t B  au  poin t C  et du  poin t D  au  
poin t  E  représentés  sur l a  figure  7,  à  la  pu issance  d ’en trée  spéci fi ée  P i .  
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Pi ,  P1  sont exprimés  en  dBm.  L1  est exprimé en  décibels.  φ0 ,  φ1 ,  et φ2  son t exprimés  en  
degrés.  

Le  coefficien t de  conversion  modu l ation  d ’ampl i tude/modu lation  de  phase  est  obtenu  au  
moyen  des  équations  (21 )  et  (22)  comme su i t:  

 α(AM–PM)  =  ∆φ0/∆P1  (23)  

dans  l esquel les  

∆P1  est la  variation  de  pu issance  d ’entrée  se lon  l a  modu lation  de  l ’a tténuateur variable ;  

∆φ0  est la  déviation  de  phase  du  s i gnal  correspondant à  l a  variation  de  pu issance d ’en trée.  

5. 1 6.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voi r l a  description  et  l es  exigences  du  ci rcu i t  en  5 . 2 . 4 .  

I l  est préférable  que  l a  phase  de  s i gnal  à  travers  l es  ci rcu i ts  so i t  mesurée  au  préalable ,  et que  
l e  déphaseur représenté  sur l a  fi gure  7  soi t  rég lé  à  φ0  =  0  pour faci l i ter l e  ca lcu l  de  la  
déviation ,  avant  d ’ i nsta l ler l e  d ispos i ti f à  mesurer.  

5. 1 6.5  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre  en  5. 2. 5.  

I l  convient de  rédu i re  l es  réponses  harmon iques  ou  paras i tes  du  générateur de  s i gnaux et d u  
d ispos i ti f mesuré  à  un  n i veau  nég l i geable.   

5. 1 6.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler l a  fréquence  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

Une  pu issance d ’en trée  spéci fiée  est appl iquée  su r l e  d isposi ti f mesuré.  

Mesurer l a  phase  des  s ignaux φ1  and  φ2,  pu is  calcu ler  φ0  selon  l ’ équation  (22).  

En  augmentan t l a  pu issance  d ’entrée,  mesurer et  ca lcu ler à  nouveau  φ1 ,  φ2 ,  et  φ0 .  

Coefficient de  convers ion :  α(AM-PM)  est déterm iné  par l ’équation  (23)  à  l a  pu issance d ’en trée  
spéci fiée.  

5. 1 6.7  Cond itions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Pu issance d ’entrée  

– Fréquence  

– I ncrément de  la  pu issance d ’en trée  

5. 1 7  Temps  de retard  de  groupe  (td (grp))  

5. 1 7. 1  Objecti f 

Mesurer l e  temps  de  retard  de  groupe dans  l es  cond i tions  spéci fi ées.  
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5. 1 7.2  Schéma de  circu i t  

Voi r l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  7 .  

NOTE  Un  anal yseur de  réseau  peu t également  être  u ti l i sé  pour mesurer l e  temps  de  retard  de  g roupe.  

5.1 7.3  Principe de  mesure  

Dans  l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  figure  7 ,  l a  phase  du  s ignal  de  sortie  φ0  est 
obtenue  au  moyen  de  l ’équation  su ivan te:  

 φ0  =  φ1  – φ2   (24)  

dans  l aquel le  

φ1 ,  φ2sont respectivement les  d i fférences  de  phase  du  poin t B  au  poin t C  et du  poin t D  au  
poin t  E,  à  la  fréquence angu lai re  du  s ignal  d ’entrée  spéci fiée  ω.  

φ0 ,  φ1 ,  et  φ2  sont exprimés  en  rad ians;  

ω  est  exprimé en  rad ians  par seconde.  

Le  temps  de  retard  de  groupe est obtenu  au  moyen  de  l ’équation  (24)  comme su i t:  

 td(grp)  =  –∆φ0/∆ω  (25)  
dans  l aquel le  

∆ω  est  l a  variation  de  l a  fréquence angu la i re  du  s ignal  d ’en trée;  

∆φ0  est la  déviation  de  phase  du  s i gnal  correspondan t à  l a  variation  de  fréquence  d ’en trée.  

5. 1 7.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

Voi r l a  description  et  l es  exigences  du  ci rcu i t  en  5 . 2 . 4 .  

I l  convien t de  mesurer l a  phase  du  s i gnal  à  travers  l e  ci rcu i t  au  préalable  et de  rég ler l e  
déphaseur représenté  su r l a  fi gure  7  à   φ0  =  0,  avan t d ’ instal ler l e  d ispos i ti f à  mesurer.  

5. 1 7.5  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre  en  5. 1 6. 5.  

5. 1 7.6  Procédure  de  mesure  

I l  convien t de  rég ler la  fréquence  du  générateur de  s ignaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

Une  pu issance d ’en trée  spéci fiée  est appl iquée  su r l e  d ispos i ti f mesuré.  

Mesurer l a  phase  des  s i gnaux φ1  et φ2,  pu is  calcu ler  φ0  selon  l ’équation  (24).  

En  augmentan t l a  fréquence  d ’entrée,  mesurer et  ca lcu ler à  nouveau  φ1 ,  φ2 ,  et  φ0 .  

Temps  de  retard  de  groupe:  td (g rp)  est déterm iné  par l ’ équation  (25)  à  l a  fréquence angu la i re  
d ’entrée  spéci fiée.  

5.1 7.7  Cond i tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Pu issance d ’entrée  
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– Fréquence  

– I ncrément de  la  fréquence d ’en trée  

5.1 8  Rendement en  pu issance  ajoutée  (ηadd )  

5. 1 8. 1  Purpose  

Mesurer l e  rendement en  pu issance ajou tée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

5. 1 8.2  Schéma de  circu i t  
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Figure 8  – Ci rcu i t  pour l a  mesure du  rendement en  pu issance ajoutée  

5. 1 8.3  Principe de  mesure  

Dans  l e  schéma de  ci rcu i t  représen té  sur l a  figure  8,  la  pu issance d ’en trée  P i  et l a  pu issance 
de  sortie  Po en  dBm  sont  obtenues  à  parti r des  équations  su ivan tes:  

 Pi  =  P1  –  L1  (26)  
 Po  =  P2  +  L2  (27)  

dans  l esquel les    

P1  est  l a  va leur i nd iquée  par l e  wattmètre  1 ,  en  dBm ;  

P2  est  l a  va leur i nd iquée  par l e  wattmètre  2 ,  en  dBm ;  

L1  est  la  (perte  du  poin t  A au  poin t B,  en  dB)  – (perte  du  poin t A au  poin t C,  en  dB);  

L2  est  la  perte  du  poin t  D  au  poin t E ,  en  dB.  

Le  rendement en  pu issance ajou tée  ηadd  est obtenu  au  moyen  de  l ’ équation :  

 
( )

2211

1 01 0 00011 01 0 io

add
IVIV

/
η

/P/P

⋅+⋅
−

=  (28)  

dans  l aquel le  

V1  est  l a  tension  conti nue,  en  V,  appl iquée  au  d isposi ti f par l ’ a l imentation  de  polarisation  1 ;  

I1  est  l e  couran t conti nu ,  en  A,  fourn i  au  d ispos i ti f par l ’ a l imentation  de  polarisation  1 ;  

V2  est  l a  tens ion  con tinue  de  commande,  en  V,  appl i quée  au  d ispos i ti f par l ’a l imentation  de  
polarisation  2 ;  
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I2  est l e  courant continu  de  commande,  en  A,  fourn i  au  d ispos i ti f par l ’ a l imentation  de  
polarisation  2 .  

NOTE  1  Le  rendement en  pu i ssance  ajou tée  est  normalement  exprimé  en  pou rcentage;  c’ est-à-d i re  1 00  ×  η add  
d ’ après  l ’ équation  (28).  

NOTE  2  Parfo i s ,  l a  val eu r Pi  est nég l i gée  dans  l ’ équati on  (28)  car e l l e  est  général ement  beaucoup  moins  
importan t q ue  Po .  

5.1 8.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

L’a l imentation  de  polarisation  2  est destinée  à  l a  commande  de  gain  du  d ispos i ti f mesuré.  I l  
convient  de  mesurer  L1  e t  L2  au  préalable.  

5. 1 8.5  Précautions  à  prendre  

I l  convien t de  véri fier le  s i gnal  de  sortie  et l ’ osci l l ation  au  moyen  d ’ un  anal yseur de  spectre.   I l  
convient  d ’é l im iner l es  osci l lations  pendant  ces  mesures.  I l  convien t de  rédu ire  l es  réponses  
paras i tes  ou  harmon iques  du  générateur de  s i gnaux de  man ière  à  ce  qu ’e l les  deviennent 
nég l igeables.  

5. 1 8.6  Procédure  de  mesure  

La  fréquence du  générateur de  s ignaux est  rég lée  à  l a  va leur spéci fiée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

La  pu issance de  sortie  Po  est rég lée  à  l a  va leur spéci fiée  en  aj ustant V2 ,  I2  ou  la  pu issance 
d ’entrée  Pi .  

Les  courants  et tens ions  de  polarisation  continus  son t mesurés.  

Le  rendement en  pu issance ajou tée  ηadd  est ca lcu lé  au  moyen  de  l ’équation  (28).  

5.1 8.7  Cond i tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  

– Pu issance de  sortie  

5. 1 9  Taux de  d istorsion  de  l ’ harmonique  de  rang  n  (Pn th /P1 )  

5. 1 9. 1  Objecti f 

Mesurer l e  taux de  d is torsion  de  l ’ harmon ique  de  rang  n  dans  l es  cond i tions  spéci fi ées .  
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5. 1 9.2  Schéma de  ci rcu i t  
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Figure 9  – Ci rcu i t  pour l es  mesures  du  taux de  d istorsion  de  l ’harmonique  de  rang  n  

5. 1 9.3  Principe de  mesure  

Dans  l e  schéma de  ci rcu i t représenté  sur l a  F igure  9 ,  l e  taux de  d istors ion  de  l ’ harmon ique  de  
rang  n   Pn t h /P1  en  dBc est obtenu  au  moyen  de  l ’ équation  (29) :  

 Pn t h /P1  =  Pn t h  −  P1  (29)  

dans  l aquel le  

P1  est l a  pu issance de  la  fréquence fondamentale  mesurée  par l ’ anal yseur de  spectre  en  
dBm ;  

Pn  est l a  pu issance de  l a  composante  harmon ique  de  rang  n  mesurée  par l ’ anal yseur de  
spectre  en  dBm ;  

5.1 9.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

L’al imentation  de  polarisation  2  est  destinée  à  l a  commande de  gain  du  d i spos i ti f mesuré.  

5.1 9.5  Précautions  à  prendre  

I l  convien t de  véri fi er l e  s ignal  de  sortie  et l ’osci l l ation  au  moyen  d ’ un  anal yseur de  spectre.   

I l  convien t d ’él im iner l es  osci l l ations  pendant ces  mesures.  

I l  convien t de  rédu i re  l es  réponses  parasi tes  ou  harmon iques  du  générateur de  s i gnaux de  
man ière  à  ce  qu ’e l l es  deviennent nég l i geables.  

5.1 9.6  Procédure  de  mesure  

La  fréquence  du  générateur de  s ignaux est rég lée  à  la  va leur spéci fiée.  

La  polarisation  V1  ou  I1  est appl iquée  dans  l es  cond i tions  spéci fi ées.  

La  pu issance de  sortie  Po  est rég lée  à  l a  va leur spéci fiée  en  aj ustant V2 ,  I2  ou  la  pu issance 
d ’entrée  Pi .  
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La  pu issance de  la  fréquence fondamentale  P1  et l a  pu issance  de  l a  composante  harmon ique  
de  rang  n,  Pn  son t mesurées  par l ’ anal yseur de  spectre .  

Le  taux de  d istors ion  de  l ’ harmon ique  de  rang  n  est calcu lé  au  moyen  de  l ’ équation  (29).   

5.1 9.7  Cond itions  spécifiées  

−  Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

−  Cond i tions  de  polarisation  

−  Fréquence  (fondamentale)  

−  Pu issance d ’entrée  

−  Pu issance de  sortie  

5.20  Pu issance  de  bru i t  en  sortie  (PN  )  

5.20. 1  Objecti f 

Mesurer l a  pu issance de  bru i t  en  sortie  dans  les  cond i ti ons  spéci fiées.  

5.20.2  Schémas  des  ci rcu i ts  
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Figure 1 0  – Schéma du  ci rcu i t  de  mesure de  l a  pu issance de  bru i t  en  sortie  

5.20.3  Principe de  mesure  

La pu issance de  bru i t  en  sortie  PN  est la  pu issance de  bru i t en  sortie  maximum  fourn ie  par un  
d ispos i ti f mesuré  dans  l a  plage  de  fréquences  spéci fiée  de  l a  mesure  du  bru i t,  à  cond i tion  que  
l a  pu issance d ’entrée  spéci fi ée  de  l a  fréquence spéci fiée  Pi  so i t  appl iquée  et que  l a  pu issance 
de  sortie  spéci fiée  Po  so i t  dédu i te.  

Dans  l e  schéma de  ci rcu i t représen té  sur l a  fi gu re  1 0,  P i ,  Po ,  et  PN  sont  obtenus  au  moyen  
des  équations  su ivantes:  

 Pi  =  P1  –  L1  (30)  

 Po  =  P2  –  L2  (31 )  

 PN  =  P3  – L3  (32)  
dans  l esquel les   

P1   est  l a  va leur i nd iquée  par l e  wattmètre  1 ,  en  dBm ;  
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P2   est  l a  va leur i nd iquée  par l e  wattmètre  2 ,  en  dBm ;  

P3   est l a  va leur maximum  mesurée  par l ’ anal yseur de  spectre  dans  la  p l age  de  fréquences  
spéci fiée  pour l a  mesure  de  la  pu issance  de  bru i t;  

L1   est ( l a  pu issance  au  poin t A,  en  dBm)  −  ( la  pu i ssance  au  poin t  B,  en  dBm)  pour l a  
fréquence fondamenta le ;  

L2   est ( l a  pu issance au  poin t C,  en  dBm)  −  ( la  pu i ssance au  poin t D ,  en  dBm)  pour l a  
fréquence fondamenta le;  

L3   est ( l a  pu issance  au  poin t C,  en  dBm)  −  ( l a  pu i ssance au  poin t E,  en  dBm)  pour l a  
fréquence de  mesure  de  l a  pu issance  de  bru i t;  

5.20.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

La bande passante  du  fi l tre  passe-bande est l a  bande  de  fréquences  fondamentales  ( l a  bande  
de  fréquences  pour l a  transm iss ion)  et la  bande  atténuée est la  fréquence  de  mesure  de  l a  
pu issance de  bru i t ( l a  bande  de  fréquences  pour l a  réception ).  I l  convient de  l ’ i nsérer pour 
rédu i re  l e  bru i t  du  générateur de  s ignaux.  

Le  chem in  ANT-TX du  duplexeur l a isse  passer le  s i gnal  de  fréquence fondamentale  et b loque  
l e  s ignal  de  fréquence pour l a  mesure  de  l a  pu issance de  bru i t,  et l e  chem in  ANT-RX l aisse  
passer l e  s i gnal  de  fréquence pour l a  mesure  de  l a  pu issance de  bru i t  et b loque  l a  fréquence  
fondamentale .  Le  bu t du  duplexeur cons iste  à  préven i r l ’ anal yseur de  spectre  de  l a  saturation  
par le  s ignal  de  fréquence fondamentale.  

L ’a l imentation  de  polarisation  2  est  desti née  à  l a  commande de  gain  du  d i sposi ti f mesuré.  

I l  convien t de  mesurer  L1 ,  L2 ,  e t L3  au  préalable .  

5.20.5  Précautions  à  prendre  

I l  convien t d ’é l im iner l es  osci l l ations  pendant  cette  mesure.  I l  convien t de  rédu ire  l es  
réponses  paras i tes  et harmon iques  de  man ière  à  ce  qu ’e l les  deviennent nég l i geables.  

Pour favoriser l a  sens ibi l i té  de  l ’ anal yseur de  spectre,  s i  nécessai re,  l ’ ampl i ficateur est  inséré  
en tre  le  duplexeur et l ’anal yseur de  spectre.  I l  convient,  su i te  à  l ’ i nsertion  de  l ’ ampl i ficateur,  
d ’obten ir un  bru i t  nég l i gemment fa ible .   

5.20.6  Procédure  de  mesure  

La  fréquence du  générateur de  s ignaux est  rég lée  à  l a  va leur spéci fiée.  

Les  polarisations  sont appl i quées  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

La  pu issance de  sortie  Po  est rég lée  à  l a  valeur spéci fiée  en  aj ustan t V2 ,  I2  ou  la  pu issance 
d ’en trée  Pi .  

La  pu issance  maximum  dans  l a  bande  de  fréquences  de  la  mesure  du  bru i t spéci fiée  est  
mesurée  par l ’anal yseur de  spectre.  

La  pu issance  de  bru i t  PN  est  ca lcu lée  au  moyen  de  l ’ équation  (32) .  

5.20.7  Cond itions  spécifiées  

−  Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

−  Cond i tions  de  polarisation  

−  Fréquence  fondamentale  

−  Bande  de  fréquences  de  l a  mesure  du  bru i t  

−  Pu issance d ’entrée  
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−  Pu issance  de  sortie  

5.21  In tensi té  parasi te  selon  l e  ROS de  charge spécifiée  (Psp/Po)  

5. 21 . 1  Objecti f 

Mesurer l ’ i n tens i té  parasi te  selon  l e  ROS de  charge  spéci fiée  pour déterm iner l a  stabi l i té  
dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

5.21 .2  Schéma de  circu i t  
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Figure 1 1  – Schéma de  ci rcu i t  pour l a  mesure  de  l ’ in tensi té  parasi te  

5.21 .3  Principe de  mesure  

Dans  l e  schéma de  ci rcu i t  représenté  sur l a  fi gure  1 1 ,  l a  pu issance de  sortie  Po  et  l a  
pu issance  de  sortie  parasi te  Psp  sont  obtenues  de  l a  man ière  su ivan te:  

 Po  =  P1  −  L1  (33)  

 Psp  =  P2  −  L2  (34)  

où  P1  est l a  va leur de  l a  sortie  fondamenta le  ind iquée  par l ’anal yseur de  spectre  en  dBm,  P2  
est  l a  va leur de  sortie  parasi te  de  l a  pu issance  maximum ,  à  l ’ exception  des  composantes  
harmon iques,  i nd iquée  par l ’ anal yseur de  spectre  en  dBm ,  et L1  et  L2  son t l es  pertes  de  
ci rcu i t du  poin t D  au  poin t  E ,  en  dB,  à  l a  fréquence  de  P1 ,  à  l a  fréquence de  P2 ,  
respectivement.  

L ’ i n tens i té  parasi te  Psp/Po  en  dBc est  défi n ie  de  la  man ière  su ivan te :  

 Psp/Po  =  Psp  – Po  (35)  

5.21 .4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t  

L’al imen tation  de  polarisation  2  est  desti née  à  l a  commande de  gain  du  d i spos i ti f mesuré.  

I l  convient de  rég ler l ’ atténuateur variable  2  pour obten ir au  préalable  l e  ROS de  charge  
spéci fiée  au  poin t D .  

I l  convien t de  mesurer  L1  e t  L2  au  préalable.  
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5.21 .5  Précautions  à  prendre  

I l  convien t de  rédu ire  l es  réponses  paras i tes  ou  harmon iques  du  générateur de  s ignaux de  
man ière  à  ce  qu ’e l l es  deviennent nég l i geables.  

L ’osci l lation  aura  l i eu  à  l a  fréquence hors  bande  du  coupleur d i recti f.  

5.21 .6  Procédure  de  mesure  

La  fréquence du  générateur de  s ignaux est  rég lée  à  l a  va leur spéci fiée.  

La  polarisation  est appl i quée  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

La  pu issance  d ’entrée  spéci fi ée  est appl i quée.  

Trouver l a  sortie  parasi te  maximum  en  varian t l a  phase  du  déphaseur dans  la  p l age  de  
phases  spéci fiée.  

Tout en  main tenant la  phase,  mesurer l a  pu issance de  la  fréquence fondamentale  P1  et l a  
pu issance  de  sortie  parasi te  Psp  avec l ’anal yseur de  spectre .  

L ’ i n tens i té  parasi te  est calcu lée  au  moyen  de  l ’équation  (35) .  

5.21 .7  Cond i tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– Cond i tions  de  polarisation  

– Fréquence  d ’en trée  

– Pu issance d ’entrée  

– ROS de  la  charge  

– P lage  de  variation  de  phases  de  la  charge  

5.22  Rapport de  pu issance  pour l e  canal  ad jacent  (Padj/Po(mod))  

5. 22. 1  Objecti f 

Mesurer l e  rapport de  pu issance  pour l e  canal  ad j acent dans  l es  cond i tions  spéci fi ées.  
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5.22.2  Schéma de  circu i t  
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Figure 1 2  – Ci rcu i t  de  mesure  du  rapport de  pu issance  pour l e  canal  ad jacent  

5.22.3  Procédure  de  mesure  

A cond i ti on  que  l e  s ignal  modu lé  soi t  fourn i  au  d i spos i ti f mesuré  pour obten ir l a  pu issance de  
sortie  spéci fi ée  (Po) ,  Pad j  est l a  pu issance  de  sortie  tota le  dans  la  l argeur de  bande  spéci fi ée  
à  l a  fréquence spéci fiée  à  d is tance  du  s ignal  porteur,  et  Po(mod)  est l a  pu issance  de  sortie  
tota le  dans  l a  largeur de  bande  spéci fiée  au  n iveau  du  s i gnal  porteur.  Le  rapport de  
pu issance  pour l e  canal  ad jacent Pad j/Po(mod)  est l e  rapport de  Pad j  à Po(mod) .   Les  canaux 
ad j acents  son t à  l a  fo is  dans  l a  bande  l atéra le  supérieure  et l a  bande  l atérale  i n férieure  du  
porteur.  Le  s ignal  de  modu lation  est l e  s ignal  porteur modu lé  au  moyen  du  s i gnal  d ’essai  
normal isé  ayan t  l a  même vi tesse  que  l a  vi tesse  de  transm iss ion  de  code  spéci fi ée.    

Pad j/Po(mod)  en  dBc est donné  par l es  équations  su ivantes  dans  l e  ci rcu i t  de  l a  F igure  1 2 .  

Po  =  P1  +  L1  (36)  

Po(mod)  =  P2  +  L2  

(37)  

Pad j  =  P3  +  L2  

(38)  

Pad j/Po(mod)=   Pad j  −  Po(mod)  =  P3  −  P2  

(39)  

où  

P1   est la  va leur i nd iquée  par l e  wattmètre  2 ;  

P2   est l a  va leu r de  pu issance tota le  dans  l a  l argeur de  bande  spéci fiée  au  n i veau  du  s ignal  
porteur i nd iquée  par l ’anal yseur de  spectre;  
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P3   est l a  va leur de  pu issance de  sortie  tota le  dans  la  l argeur de  bande  du  canal  spéci fi ée,  
à  l a  fréquence spéci fiée,  qu i  est égale  à  l ’ espacement du  canal  par rapport au  s i gnal  
porteur,  i nd iquée  par l ’ anal yseur de  spectre;   

L1   est  la  pu issance au  poin t  C  en  dBm ,  moins  l a  pu issance  au  poin t D  en  dBm;  

L2   est  la  pu issance au  poin t  C  en  dBm ,  moins  l a  pu issance  au  poin t E  en  dBm.  

Po ,  Po(mod) ,  Pad j ,  P1 ,  P2  e t  P3  son t exprimés  en  dBm ;  

L1  e t  L2  son t exprimés  en  décibels.  

Pad j  /Po(mod)  est exprimé en  dBc.  

5.22.4  Description  et  exigences  du  ci rcu i t   

I l  convien t de  mesurer au  préalable  les  pertes  de  ci rcu i t L1  et  L2 .    

5.22.5  Précautions  à  prendre  

I l  convient de  véri fi er l e  s i gnal  de  sortie  et l ’ osci l l ation  au  moyen  de  l ’analyseur de  spectre.  I l  
convient d ’é l im iner l es  osci l lations  pendant ces  mesures.   I l  convien t de  rédu i re  les  réponses  
parasi tes  ou  harmon iques  du  générateur de  s i gnaux de  man ière  à  ce  qu ’e l les  deviennen t 
nég l igeables.  I l  convien t d ’ i nsérer un  atténuateur approprié  à  l ’ entrée  de  l ’ anal yseur de  
spectre  l orsque  l a  pu i ssance  de  sortie  est  é l evée.  

5.22.6  Procédure  de  mesure  

La  fréquence du  générateur de  s ignal  doi t être  rég lée  à  l a  va leur spéci fiée.  

Les  cond i tions  de  polarisation  doiven t être  appl iq uées  au  d isposi ti f mesuré.  

Une pu issance d ’en trée  suffisante  doi t  ê tre  appl iquée  sur l e  d ispos i ti f mesuré.  

Les  é léments  su ivants  son t rég lés  aux valeurs  spéci fiées  se lon  l e  code  normal isé  du  s i gnal  
d ’essai :   méthode de  modu lation ,  vi tesse  de  transm ission  de  s ignaux et l argeur de  bande  de  
modu lation .  

Les  é lémen ts  su ivants  de  l ’anal yseur de  spectre  son t rég lés  aux va leurs  spéci fiées:   
fréquence porteuse,  p lage  de  balayage,  l argeur de  bande  de  résolu tion ,  largeur de  bande  
vi déo,  nombre  d ’échanti l l onnage,  et  temps  de  ba layage.   

La  valeur de  P1  est  mesurée  par l e  wattmètre  1 .  

La  pu issance  de  sortie  du  d isposi ti f mesuré  Po  est ca lcu lée  au  moyen  de  l ’Equation  (36).  

En  aj ustan t l ’ atténuateur variable,  Po  est rég lé  à  la  va leur spéci fiée.  

L ’espacement du  canal  et l a  l argeur de  bande  du  canal  sont rég lés  aux va leurs  spéci fi ées.  

Les  valeurs  de  P2  et  P3  son t mesurées  par l ’ anal yseur de  spectre.  

Po(mod) ,  Pad j  son t ca lcu lées  au  moyen  des  Equations  (37)  et  (38) .   

Le  rapport de  pu issance pour le  canal  ad jacent Pad j/Po(mod)  est ca lcu lé  à  parti r de  
l 'Equation  (39).  

NOTE  L’affi chage  de  l ’ anal yseur de  spectre  est  rég lé  au  mode  de  main ti en  maximal .  Le  mode  de  détection  de  
l ’ analyseur de  spectre  est  rég l é  au  mode  crête  pos i ti ve.  

5.22.7  Cond itions  spécifiées  

–  Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  
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–  Cond i tions  de  polarisation   

–  Fréquence  (fréquence porteuse)  

–  Pu issance de  sortie  

–  Code normal isé  du  s ignal  d ’essai :  

•  espacement du  canal  

•  l argeur de  bande  du  canal  

•  méthode de  modu lation  

•  vi tesse  de  transm ission  de  s i gnaux  

•  l argeur de  bande  de  modu lation   

– Anal yseur de  spectre  

•  p lage  de  balayage  

•  l argeur de  bande  de  résolu tion  

*  l argeur de  bande  vi déo  d ’un  anal yseur de  spectre  

*  nombres  d ’échanti l lonnage  d ’un  anal yseur de  spectre  

*  temps  de  balayage  d ’ un  anal yseur de  spectre   

6 Véri fication  des  méthodes  

6.1  Tolérance de  charge non  adaptée (ΨL)  

6. 1 . 1  Objecti f  

Véri fi er l a  to lérance  de  charge  non  adaptée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

6.1 .2  Vérification  de  la  méthode  1  ( In tensi té  parasi te)  

6.1 .2 . 1  Schéma de ci rcu i t  

 
Générateur 
de signal  

Gf l  

Analyseur 
de spectre  

Atténuateur 
variable  

dB  

Déphaseur ou 
extenseur de l igne  Court-circuit 

Coupleur 
d irectif 

Dispositif mesuré  

A V 

Alimentaion 
électrique 1  

A V 

IEC   1963/06 

Alimentaion 
électrique 2 

 

Figure 1 3  – Ci rcu i t  de  véri fication  de  l a  tolérance  de  charge non  adaptée  
dans  l a  méthode 1  
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6.1 .2 .2  Description  et exigences  du  ci rcu i t  

Le  générateur de  s i gnaux doi t pouvoir fonctionner dans  la  bande  de  fréquences  spéci fiée.   Le  
générateur de  s ignal  doi t  avoir des  caractéristiques  stables  au-dessus  du  bru i t de  fond  sans  
osci l l ation  n i  i n tensi té  paras i te.  Le  bru i t  de  fond  doi t être  in férieur au  n i veau  spéci fié  par 
rapport à  l a  pu issance  de  sortie .   Le  générateur de  s i gnaux doi t générer le  s ignal  de  
modu lation  spéci fié.  

L ’anal yseur de  spectre  doi t pouvoir fonctionner dans  l a  p lage  de  fréquences  spéci fi ée  pour 
véri fier qu ’ i l  n ’ y a  n i  osci l lation  n i  i n tens i té  paras i te.  L’anal yseur de  spectre  doi t avoir une  
p lage  dynam ique  spéci fiée.  

Le  déphaseur doi t  être  en  mesure  de  main ten i r constan ts  l e  ROS  de  l a  charge  ou  l ’ampl i tude  
du  coefficien t de  réflexion  de  l a  charge.  L ’extenseur de  l igne  convien t à  cette  caractéristi que.  
I l  convien t de  court-ci rcu i ter l e  port de  sortie  du  déphaseur.  

Le  bu t de  l ’atténuateur variable  consiste  à  rég ler l e  ROS de  l a  charge  à  l a  va leur spéci fi ée.  

6. 1 .2 .3  Précautions  à  prendre  

I l  convient de  rédu ire  l es  réponses  parasi tes  et le  bru i t  de  fond  du  générateur de  s ignaux de  
man ière  à  ce  qu ’ i l s  deviennent  nég l igeables  au  ROS  i n férieur au  ROS spéci fié.  

Le  ROS  doi t rester constan t pour tou tes  l es  phases  du  déphaseur.  

6.1 .2 .4  Procédure d 'essai  

Rég ler l e  ROS de  la  charge  à  l a  va leur spéci fiée  en  a justan t l ’ atténuateur variable.  

Rég ler l a  fréquence du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

Rég ler l a  modu lation  du  générateur de  s ignaux à  l a  cond i ti on  spéci fiée.  

Appl iquer l a  polarisation  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

Rég ler l e  n i veau  de  pu issance  du  générateur de  s ignaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

Balayer l ’ ang le  de  phase  de  man ière  con tinue  en  faisan t varier l a  l ongueur de  l ’ extenseur de  
l i gne.  

Véri fi er et confi rmer qu ’ i l  n ’ y a  pas  d ’osci l l ation  n i  d ’ in tens i té  paras i te  i n férieures  aux 
cond i ti ons  spéci fiées  au  moyen  de  l ’ anal yseur de  spectre  pour tous  l es  ang les  de  phase.  

NOTE  Au  l i eu  d ’ u ti l i ser l ’ extenseur de  l i g ne,  on  peut  u ti l i ser une  vi s  d ’ accord  mobi l e.   Par commod i té,  un  bras  de  
réactance  au tomatique  peu t également  être  u ti l i sé  pour obten i r l e  ROS  spéci fi é .  Les  bras  de  réactance  présenten t 
l ’ i nconvén ien t  de  ne  pas  permettre  un  bal ayage  con ti nu  en  ra i son  des  phases  d i scrètes.  

6.1 .2 .5  Conditions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– ROS de  la  charge  

– Cond i tions  de  polarisation   

– Fréquence  du  s ignal  d ’en trée  

– Modu lation  du  s ignal  d ’entrée  

– Pu issance d 'en trée  

– Paras i tes  
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6.1 .3  Vérification  de  la  méthode  2  (pas  de  d iscontinu i té  de  l a  réponse en  fréquence)  

6.1 .3. 1  Schéma de ci rcu i t  
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Figure  1 4 – Ci rcu i t  de  véri fication  de  l a  tolérance  de  charge non  adaptée  
dans  l a  méthode 2  

6. 1 .3.2  Description  et exigences  du  ci rcu i t  

L’anal yseur de  réseau  doi t  pouvoir fonctionner dans  l a  bande  de  fréquences  spéci fi ée.    

Le  déphaseur doi t pouvoi r main ten i r constan ts  le  ROS de  l a  charge  ou  l ’ampl i tude  du  
coefficien t de  réflexion  de  l a  charge.  L ’extenseur de  l i gne  convient à  cette  caractéristique.  I l  
convient  de  court-ci rcu i ter l e  port de  sortie  du  déphaseur.  

Le  bu t de  l ’atténuateur variable  cons iste  à  rég ler l e  ROS de  l a  charge  à  l a  va leur spéci fiée.  

6.1 .3.3  Précautions  à  prendre  

Le  ROS  doi t rester constan t pour tou tes  l es  phases  du  déphaseur.  

6.1 .3.4  Procédure d 'essai  

Rég ler l e  ROS de  la  charge  à  l a  va leur spéci fi ée  en  aj ustan t l ’ atténuateur variable.  

Rég ler l a  gamme de  fréquences  balayées  de  l ’anal yseur de  réseau  à  l a  va leur spéci fi ée.  

Rég ler l e  n iveau  de  pu issance  de  l ’ anal yseur de  réseau  à  l a  va leur spéci fiée.  

Appl i quer l a  polarisation  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

Balayer l ’ ang le  de  phase  de  man ière  con tinue  en  faisan t varier la  l ongueur de  l ’ extenseur de  
l igne.  

Confi rmer qu ’ i l  n ’ y a  pas  de  d iscon tinu i té  de  la  réponse  en  fréquence  au  moyen  de  l ’ anal yseur 
de  réseau  pour tous  l es  ang les  de  phase.  
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6. 1 .3.5  Condi tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence  

– ROS de  la  charge  

– Cond i tions  de  polarisation   

– Gamme de  fréquences  du  s i gnal  d ’en trée  

– Pu issance d 'en trée  

6.2  Tolérance de  source  non  adaptée  (ΨS)  

6.2. 1  Objecti f 

Véri fi er l a  to lérance  de  source  non  adaptée  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées.  

6.2.2  Vérification  de  la  méthode  1  ( i n tensité  parasi te)  

6.2.2 . 1  Schéma de  ci rcu i t  
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Figure 1 5 – Ci rcu i t  de  véri fication  de  l a  tolérance  de  source non  adaptée  
dans  l a  méthode 1  

6.2.2 .2  Description  et exigences  du  ci rcu i t  

Voi r l a  description  et  l es  exigences  du  ci rcu i t en  6 . 1 . 2 . 2.  

L ’ i so lateu r a  pour objet de  permettre  de  main ten i r constant le  n i veau  de  pu issance sur le  
d ispos i ti f mesuré  quel le  que  soi t l a  désadaptation  d ’ impédance à  l ’ en trée.  

6.2.2 .3  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre  en  6. 1 . 2 . 3 .  

6.2.2 .4  Procédure d 'essai  

Rég ler l e  ROS de  la  source  à  l a  va leur spéci fiée  en  rég lant  l ’atténuateur variable.  
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Rég ler l a  fréquence du  générateur de  s ignaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

Rég ler l a  modu lation  du  générateur de  s ignaux à  l a  cond i ti on  spéci fiée.  

Appl i quer l a  polarisation  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  

Rég ler l e  n i veau  de  pu issance  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fi ée.   

Balayer l ’ ang le  de  phase  de  man ière  con tinue  en  faisan t varier la  longueur de  l ’ extenseur de  
l igne.  

Véri fier et confi rmer qu ’ i l  n ’ y a  pas  d ’osci l lation ,  n i  d ’ in tens i té  parasi te  i n férieures  aux 
cond i ti ons  spéci fiées  au  moyen  de  l ’ anal yseur de  spectre  pour tous  l es  ang les  de  phase.  

6.2.2 .5  Condi tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence   

– ROS de  la  source  

– Cond i tions  de  polarisation   

–  Fréquence  du  s ignal  d ’en trée  

– Modu lation  du  s i gnal  d ’entrée  

– Pu issance d 'en trée  

– I n tens i té  paras i te  

6.2.3  Véri fication  de  la  méthode  2  (pas  de  d iscontinu i té  de  l a  réponse en  fréquence)  

6. 2.3.1  Schéma de ci rcu i t  
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Figure 1 6  – Ci rcu i t  de  véri fication  de  l a  tolérance  de  source non  adaptée  
dans  l a  méthode 2  
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6.2.3.2  Description  et exigences  du  circu i t  

Voi r l a  description  et  les  exigences  du  ci rcu i t en  6 . 1 . 3 . 2.  

L ’ isolateur a  pour objet de  permettre  de  main ten ir constant l e  n iveau  de  pu issance sur l e  
d isposi ti f mesuré  quel l e  que  soi t  l a  désadaptation  d ’ impédance à  l ’ en trée.  

6.2.3.3  Précautions  à  prendre  

Voi r l es  précautions  à  prendre  en  6. 1 . 3 . 3 .  

6.2.3.4  Procédure d 'essai  

Rég ler l e  ROS de  la  source  à  l a  va leur spéci fi ée  en  rég lant l ’a tténuateur variable.  

Rég ler l a  gamme de  fréquences  balayées  de  l ’anal yseur de  réseau  à  l a  va leur spéci fi ée.  

Rég ler l e  n i veau  de  pu issance  de  l ’ anal yseur de  réseau  à  la  va leur spéci fiée.  

Appl i quer l a  polarisation  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.   

Balayer l ’ ang le  de  phase  de  man ière  con tinue  en  faisan t varier l a  longueur de  l ’ extenseur de  
l i gne.  

Véri fi er et confi rmer qu ’ i l  n ’ y a  pas  de  d iscon tinu i té  de  la  réponse  en  fréquence  au  moyen  de  
l ’anal yseur de  réseau  pour tous  l es  ang les  de  phase.  

6.2.3.5  Condi tions  spécifiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence   

– ROS de  la  source  

– Cond i tions  de  polarisation   

– Gamme de  fréquences  du  s i gnal  d ’en trée  

– Pu issance d 'en trée  

6.3  Robustesse de  charge  non  adaptée  (ΨR)  

6. 3. 1  Objecti f 

Véri fi er l a  robustesse  de  charge  non  adaptée  dans  l es  cond i tions  spéci fi ées.  
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6.3.2  Schéma de  ci rcu i t  
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Figure 1 7  – Ci rcu i t  de  véri fication  de  l a  robustesse  de  charge  non  adaptée  

6.3.3  Description  et exigences  du  ci rcu i t  

Le  générateur de  s ignaux doi t  pouvoir fonctionner dans  l a  bande  de  fréquences  spéci fiée.   

L ’anal yseur de  spectre  doi t  pouvoi r fonctionner dans  l a  p lage  de  fréquences  spéci fi ée  pour 
garanti r qu ’ i l  n ’ y a  n i  osci l lation  n i  i n tens i té  parasi te.  

Le  déphaseur doi t pouvoir main ten ir constan ts  le  ROS de  l a  charge  ou  l ’ampl i tude  du  
coefficien t de  réflexion  de  l a  charge.  L ’extenseur de  l i gne  convient à  cette  caractéristique.  I l  
convient de  court-ci rcu i ter l e  port de  sortie  du  déphaseur.  

Le  bu t de  l ’a tténuateur variable  cons iste  à  rég ler l e  ROS de  l a  charge  à  l a  va leur spéci fi ée.  

6.3.4 Précautions  à  prendre  

I l  doi t être  garanti  qu ’aucune osci l l ation  ( i n férieure  à  l ’ osci l lation  spéci fi ée)  n ’a  l ieu  dans  
aucune  des  phases  du  déphaseur au  ROS  en  ra ison  du  système de  véri fication .  

Le  ROS  doi t rester constan t pour toutes  l es  phases  du  déphaseur.  

6.3.5 Procédure d 'essai  

Mesurer l es  caractéristiques  en  con tinu  et en  RF  dans  l es  cond i tions  spéci fiées  avant que  l a  
procédure  d ’essai  de  charge  non  adaptée  su ivan te  soi t réal isée.   

Rég ler l e  ROS de  la  charge  à  l a  va leur spéci fi ée  en  aj ustan t l ’ atténuateur variable.  

Rég ler l a  fréquence du  générateur de  s ignaux à  l a  va leur spéci fi ée.  

Appl i quer l a  polarisation  dans  l es  cond i tions  spéci fiées.  
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Rég ler l e  n i veau  de  pu issance  du  générateur de  s i gnaux à  l a  va leur spéci fiée.   

Balayer l ’ ang le  de  phase  de  man ière  con tinue  en  faisan t varier l a  longueur de  l ’ extenseur de  
l i gne.  

Le  d ispos i ti f fonctionne  pendant l a  durée  de  fonctionnement spéci fiée  pour tous  l es  ang les  de  
phase.  

Mesurer à  nouveau  l es  caractéristi ques  en  conti nu  et  en  RF  sans  les  cond i ti ons  spéci fiées.   

Véri fi er l a  robustesse  de  charge  non  adaptée  au  moyen  de  cri tères  de  dégradation  spéci fi és  
des  caractéristiques  en  con tinu  et en  RF.  

6.3.6  Conditions  spéci fiées  

– Température  ambiante  ou  température  du  poin t de  référence   

–  ROS de  la  charge  

– Cond i tions  de  polarisation   

–  Fréquence  du  s ignal  d ’en trée  

– Pu issance d 'en trée  

– Durée  de  fonctionnement  

– Cri tères  de  dégradation  des  caractéristiques  en  con tinu  et en  RF  

– Cond i tions  de  mesure  des  caractéristi ques  en  con ti nu  et  en  RF  

 

___________ 
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